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BEGRUNDUNG
1. KONTEXT DES VORSCHLAGS
. Griinde und Ziele des Vorschlags

Halbleiter bilden die Grundlage fiir alle digitalen Technologien, von intelligenten direkt am
Korper tragbaren Gerdten (Wearables) und Autos bis hin zu medizinischen Geréten,
Verteidigungsgiitern und missionskritischer Ausriistung, aber auch fiir die Rechenzentren, die
die Revolution der kiinstlichen Intelligenz (KI) vorantreiben. Seit 2020 hat eine Reihe von
Versorgungsengpissen und von Versuchen, die EU wirtschaftlich zu nétigen, die Fragilitét
des europdischen Halbleiterokosystems und die Anfilligkeit seiner Endanwenderbranchen
deutlich gemacht. Diese Storungen sind auf globale Krisen wie die COVID-19-Pandemie,
einzelne Schocks wie den Nexperia-Fall und das anhaltende strukturelle Missverhéltnis
zwischen Angebot und Nachfrage auf dem Weltmarkt zuriickzufiihren. Zusammen haben
diese Faktoren gezeigt, wie iibermdflige externe Abhédngigkeiten ganze Mirkte schwéichen
konnen.

Gleichzeitig haben zunehmende geopolitische Rivalitdten, einschlieBlich der Spannungen
zwischen China und den USA, und das rasche Aufkommen von KI die strategische
Bedeutung von Halbleitern weiter hervorgehoben. Modernste, aber auch handelsiibliche Chips
sind zunehmend zu einem entscheidenden geopolitischen Vorteil geworden, und entlang der
globalen Halbleiterwertschopfungskette haben sich mehrere Nadelohre offenbart. Dies hat
den Wettlauf um die Kontrolle von Teilen dieser Nadelohre beschleunigt.

Das Wachstum dieser Branche spiegelt ihre geopolitische Bedeutung wider. Halbleiter sind —
nach Erddl und Fahrzeugen — die am dritthdufigsten gehandelte Ware der Welt. Die damit
erzielten weltweiten Umsitze beliefen sich im Jahr 2025 auf 700,9 Mrd. USD!. Es wird
erwartet, dass der Markt bis 2026 einen Wert von iiber 1 Billion USD? iiberschreiten und bis
2030 auf 1,6 Billionen USD anwachsen® wird. Als wichtiger Lieferant und Wegbereiter fiir
fast alle modernen Industriezweige und die sie unterstiitzenden Infrastrukturen hat sich der
Halbleitersektor zu einer strategischen Ressource entwickelt. In einem stirker
transaktionsorientierten und selbstbewussteren globalen Umfeld macht diese Position den
Halbleitersektor auch zu einer potenziellen Quelle geopolitischer Einflussnahme. Regionen,
die selbst iiber keine nennenswerten Fahigkeiten in den Bereichen Entwurf und Fertigung von
Halbleitern verfiigen, laufen daher Gefahr, von Komponenten abhingig zu werden, die
moglicherweise von anderen nur mit Beschrinkungen oder Auflagen geliefert werden.

Das im Februar 2022 vorgeschlagene erste europdische Chip-Gesetz war die erste
strategische Reaktion der EU auf Kkritische Schwachstellen in der globalen
Halbleiterwertschopfungskette, die durch die COVID-19-Pandemie aufgezeigt wurden und
die den weltweiten subventionsgetriebenen Wettbewerb durch Drittlinder verschérfen. Die
EU kam zu dem Schluss, dass ein entschlossenes und koordiniertes Eingreifen
unerliisslich ist, um strukturelle Abhdngigkeiten in ihrem Halbleiterdkosystem anzugehen
und die Industrie zu unterstiitzen. Ohne erhebliche Investitionen in Forschungs- und
Fertigungskapazititen und ohne angemessene Krisenreaktionsmechanismen wiirde Europa

! WSTS Semiconductor Market Forecast Spring 2025, https:/www.wsts.org/76/103/WSTS-
Semiconductor-Market-Forecast-Spring-2025.

2 Global Semiconductor Sales Increase Substantially in February,
https://www.semiconductors.org/global-semiconductor-sales-increase-substantially-in-february/.
3 The next era of semiconductor value creation, McKinsey,

https://www.mckinsey.com/industries/semiconductors/our-insights/the-next-era-of-semiconductor-
value-creation.
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sonst strukturell anfdllig bleiben. Das Chip-Gesetz entstand in einer Zeit, in der das
Augenmerk stark auf dem griinen und digitalen Wandel lag, und vor dem Hintergrund
eines wachsenden europdischen Konsenses iiber die Notwendigkeit, die wirtschaftliche
Wettbewerbsfihigkeit der Region zu stirken und den Riickgang der industriellen
Kapazititen umzukehren. Im Draghi-Bericht vom September 2024 wurden diese Bedenken
spiter genau dargelegt und es wurde dringend eine industrielle Erneuerung gefordert®.

Die Bewertung des europdischen Chip-Gesetzes zeigt, dass es bemerkenswerte Ergebnisse
erbracht hat. Beispielweise

° wurden Infrastrukturen errichtet, darunter Kompetenzzentren, ein erster Ansatz fiir
eine Entwurfsplattform und fiinf hochmoderne Pilotanlagen, die zu den innovativsten
Technologieinfrastrukturen der Welt zdhlen,

o wurden mehr als 52 Mrd. EUR fiir 6ffentliche und private Investitionen in laufende
Produktionsstétten im Rahmen der Saule II gebunden und

o wurde iiber das Européische Halbleitergremium (ESB) im Rahmen der Séule III ein
Koordinierungs- und Krisenreaktionsmechanismus eingerichtet, an dem alle
Mitgliedstaaten und die Kommission beteiligt sind.

Trotz dieser erheblichen Fortschritte und der Stirken der Union in Schliisselsegmenten der
Halbleiterwertschopfungskette, ~wie  der  Produktion  handelsiiblicher = Halbleiter
(Leistungselektronik, Mikrocontroller, Photonik, Sensoren), Fertigungsausriistung und
Werkstoffe, bestehen nach wie vor klare Defizite im Hinblick auf wichtige Féahigkeiten,
die geschlossen werden miissen.

Die EU produziert weniger als 10%° der Halbleiter weltweit und ist bei den
fortgeschrittensten und modernsten Chips unter 5 Nanometern — einschlieBlich KI-Chips —
fast vollstindig von den Vereinigten Staaten und Asien abhingig. Diese strukturellen
Abhingigkeiten erhohen das Risiko von Lieferstorungen und die Gefahr der Ausiibung von
Druck und von systemischen Schocks in Schliisselindustrien der EU — von der Automobil-
und Energieindustrie bis hin zu Luftfahrt, Weltraum und Verteidigung. Insgesamt
veranschaulichen Halbleiter, wie dringlich es geworden ist, dass FEuropa die
Herausforderung der technologischen Souverinitit bewaltigt.

Die technologische Souverdnitit ist zu einer strategischen Notwendigkeit fiir die EU
geworden. Ziel ist es, dafiir zu sorgen, dass Europa weiterhin seinen eigenen Weg wihlen
kann und dafiir tibermédBige Abhdngigkeiten zu verringern und sicherzustellen, dass kritische
digitale Infrastrukturen und Technologien sicher und resilient bleiben und mit den
europdischen Werten im Einklang stehen.

Die Chip-Verordnung 2.0 wird daher zusammen mit anderen Initiativen wie der Verordnung
zur Cloud- und KI-Entwicklung (CADA) Teil des Pakets zur technologischen Souverinitit
sein.

Europas Ansatz fiir technologische Souveranitét fuit auf Offenheit, Partnerschaft und fairem
Wettbewerb. Durch die Stirkung ihrer technologischen Basis kann die EU offen und

4 Die Zukunft der europdischen Wettbewerbsfahigkeit, Teil B, Kapitel3 — Mario Draghi,
https://commission.curopa.eu/topics/competitiveness/draghi-report_de.
3 IDC, Semiconductors market data by feature size, sector and region, CNECT/2022/MVP/0084 —

zweiter Zwischenbericht. Die Wertschopfungskette umfasst geistiges Eigentum, elektronische
Entwurfsautomatisierung (EDA), Sachanlagen, Tragermaterialien, Werkstoffe, Unternehmen ohne
eigene Fertigung, integrierte Gerdtehersteller (IDMs), Fertigungsbetriebe und Montage-, Packaging-
und Priifungsunternehmen (OSAT). Es werden nur die Umsétze von Unternehmen mit Hauptsitz in der
EU beriicksichtigt.
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kooperativ bleiben und gleichzeitig ihre Fahigkeit erhalten, unabhdngig zu handeln und ihre
Interessen, ihre Sicherheit und ihre demokratischen Grundséitze zu schiitzen.

In diesem Zusammenhang sind die beiden wichtigsten Probleme, die mit der Uberarbeitung
des Chip-Gesetzes angegangen werden sollen, die folgenden:

a) ilberméBige Abhdngigkeit von Drittlindern bei Entwurf und Fertigung von
Halbleitern;

b)  unzureichende Krisenvorsorgefiahigkeiten.

Aufbauend auf den im ersten Chip-Gesetz gesetzten Zielen und auf der Grundlage einer
Analyse dieser Herausforderungen und der ihnen zugrunde liegenden Ursachen wurden zwei
iibergeordnete Ziele fiir die Chip-Verordnung 2.0 ermittelt:

1) Steigerung der Wettbewerbsfahigkeit der europdischen
Halbleiterwertschopfungskette zur Verbesserung ihrer technologischen Souverénitit
und Resilienz. Dies bedeutet, dass die notwendigen Voraussetzungen fiir die
Wettbewerbsfihigkeit, technologische Souverinitit und Resilienz der EU im Bereich
der Halbleitertechnologien geschaffen werden miissen, indem i) die industrielle
Einfiihrung von Forschungs- und Innovationsergebnissen beschleunigt, ii) die
Versorgungssicherheit gewéhrleistet und iii) strategische Abhéngigkeiten in Bezug
auf hochmoderne und ausgereifte Halbleitertechnik verringert wird.

2) Bessere Krisenvorsorge zur Gewéhrleistung der Versorgungssicherheit der EU. Dies
bedeutet, dass das Funktionieren des Binnenmarkts verbessert werden soll, indem die
Krisenvorsorge verbessert und ein einheitlicher Rechtsrahmen geschaffen wird, um
die wirtschaftliche Sicherheit der Union zu schiitzen und ihre Unumginglichkeit, ihre
Resilienz und ihren Erfolg im Bereich der Halbleitertechnologien zu erhohen.

Steigerung der Wettbewerbsfihigkeit der europdischen Halbleiterwertschopfungskette zur
Verbesserung ihrer technologischen Souverdnitdt und Resilienz

Da die Abhidngigkeit der EU von der Versorgung mit Halbleitern aus dem Ausland stetig
zunimmt, ist sie anfélliger fiir externen Zwang, einschlieBlich der Mdglichkeit, dass die
Abhidngigkeiten in der Lieferkette als Waffe eingesetzt werden. Ohne eine solide industrielle
Basis fiir den Entwurf und die Fertigung von Halbleitern wére es moglich, dass die EU nicht
in der Lage sein wird, ihr starkes Forschungs- und Innovationsdkosystem in
Produktivitdtssteigerungen und die gro3 angelegte Industrialisierung neuer Technologien
umzusetzen.

Gleichzeitig sind die europdischen Anwenderbranchen mit erheblichen Unsicherheiten in der
Lieferkette konfrontiert, die grofere Lagerbestinde erforderlich machen und Investitionen
dimpfen. Dies wiederum untergrdbt die allgemeine Wettbewerbsfahigkeit der
Fertigungsbranche in der EU. Dariiber hinaus erhdéhen Abhidngigkeiten in
Halbleiterlieferketten geo- und sicherheitspolitische Risiken, insbesondere in Krisenzeiten, in
denen der Zugang zu kritischen Technologien beschrinkt sein kann oder diese in andere
Regionen umgelenkt werden kénnen.

Vor diesem Hintergrund war das wurspriingliche Chip-Gesetz iiberwiegend
angebotsorientiert, aber in der Chip-Verordnung 2.0 wird mehr Gewicht auf
nachfrageseitige Maflnahmen gelegt. Die beiden Dimensionen verstirken sich gegenseitig,
denn die Forderung einer robusten lokalen Nachfrage trdgt zur Stirkung des lokalen
Halbleiterangebots bei. Auf diese Weise tragt die kombinierte Ausweitung von Angebot und
Nachfrage zu einer groBBeren Resilienz der Industrie, kiirzeren und sichereren Lieferketten,
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einer grofleren strategischen Autonomie und einer besseren Abstimmung zwischen den
europdischen Produktionskapazititen und den Bediirfnissen von Schliisselindustrien bei.

Dieser Ansatz steht in engem Zusammenhang mit breiter angelegten EU-Initiativen,
insbesondere dem CADA-Vorschlag, der MaBlnahmen zur Stimulierung der Nachfrage
nach hochmodernen KI-Chips durch den Aufbau neuer Rechenzentren in der gesamten
Union umfasst. Diese MaBlnahmen diirften zu einer zusdtzlichen Nachfrage nach Halbleitern
fiihren, die die Ziele der nun iiberarbeiteten Chip-Verordnung unterstiitzen kann. In der
Mitteilung iiber den Aktionsplan fiir den KI-Kontinent® wird dargelegt, wie die Union im
Rahmen der umfassenderen Bemiihungen zum Aufbau von KI-Gigafabriken strategische
Autonomie bei der Konzeption und Herstellung von KI-Halbleitern erreichen,
Abhéngigkeiten im Bereich kritischer Technologien verringern und die Souverdnitdt bei
hochmodernen Halbleitern stirken will.

Die Starkung der europdischen Halbleiterwertschdpfungskette — auch in Bereichen, die fiir KI
von entscheidender Bedeutung sind — ist unerlésslich, um die strategischen Ziele der Union zu
erreichen. Gleichzeitig miissen nach wie vor unbedingt die Produktionskapazititen Europas
fir handelsiibliche Halbleiter gestirkt werden. Ausgereifte und spezialisierte
Technologieknoten sind fiir die europdischen Industrie6kosysteme wie Automobilindustrie,
Luftfahrt, Verteidigung, Telekommunikation und Cloud-Dienste, in denen die Nachfrage
nach zuverldssigen, anwendungsspezifischen Chips weiter wichst, unverzichtbar. Die
Starkung der Resilienz in diesen Segmenten ist daher iiberaus wichtig, um die industrielle
Basis Europas zu schiitzen und {ibermifBige Abhidngigkeiten zu verringern. Ebenso wichtig ist
es, die Chipentwurfsfihigkeiten in Europa zu verbessern und eine engere Zusammenarbeit
zwischen Entwicklern, Herstellern und Endanwenderbranchen zu férdern, unter anderem
durch Mitgestaltungskonzepte, mit denen sichergestellt wird, dass Halbleiterlosungen fiir
industrielle und strategische Anwendungen optimiert werden.

Aufbauend auf der Notwendigkeit, sowohl Angebot als auch Nachfrage im europdischen
Halbleiterokosystem zu steigern, ist in der Chip-Verordnung 2.0 auch die Einfiihrung
strategischer Projekte zur Stirkung wichtiger Segmente der Halbleiterwertschopfungskette
der Union vorgesehen. Diese Projekte werden mithilfe einer koordinierten Mischung aus
offentlichen und privaten Investitionen priorisiert und unterstiitzt, die eine souverdne und
fortgeschrittene Fertigung, den fortgeschrittenen Chipentwurf und die Resilienz der
Lieferkette umfassen. Dieser Ansatz ergénzt die oben beschriebenen Mallnahmen, verbessert
die grenziiberschreitende Integration entlang der gesamten Wertschopfungskette und triagt zur
Stiarkung der strategischen Autonomie und technologischen Souverénitit Europas bei.

In diesem Zusammenhang und im Rahmen des Koordinierungsinstruments fiir
Wettbewerbsfahigkeit (CCT) wird einem strategischen Projekt fiir fortgeschrittene
Fertigung hochster Vorrang eingerdumt, um die Herstellung von KI-Chips und anderen
Halbleitern zu unterstiitzen. Ziel der Initiative ist es, die die Errichtung der ersten
Halbleiteranlage in der Union, in der die Herstellung von Spitzenknotenchips mit Chiplet-
Integration und fortgeschrittenen 3D-Packaging-Féhigkeiten kombiniert wird. Die
Pilotproduktion konnte fiir den Zeitraum 2030-2033 ins Auge gefasst werden.

Um die Resilienz des Okosystems weiter zu erhdhen, wird der Anwendungsbereich der
Bestimmungen fiir neuartige Initiativen prézisiert. Diese Bestimmungen gelten fiir die
gesamte Halbleiterwertschopfungskette, einschlieBlich auf die Fertigung ausgerichteter
Chipentwurfstitigkeiten, Spezialwerkstoffe, Fertigungsausriistung, Leiterplatten sowie

Mitteilung der Kommission an das Européische Parlament, den Rat, den Europdischen Wirtschafts- und
Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen— Aktionsplan fiir den KI-Kontinent,
COM(2025) 165 final vom 9.4.2025.
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fortgeschrittenes Packaging und Montage. Die Bewertung als neuartig erstreckt sich auch
auf die nationale Kofinanzierung strategischer Projekte in Fillen, in denen strategische
Projekte im Einklang mit den Wettbewerbsvorschriften ebenfalls als neuartige Projekte
eingestuft werden.

In der Chip-Verordnung 2.0 wird eine raschere Industrialisierung von Pilotanlagen
hervorgehoben, wodurch erfolgreiche Pilotfertigungsanlagen in kommerziell tragfihige
Fertigungskapazititen umgewandelt werden. AuBBerdem werden Photonik und photonisch
integrierte Schaltungen in die verstirkte Initiative ,,Chips fiir Europa 2.0 aufgenommen, da
sie Schliisseltechnologien flir ein breites Spektrum strategischer Sektoren sind, darunter
Telekommunikation, Rechenzentren, KI, Gesundheitswesen, Automobilindustrie und
Quantentechnik. Die Initiative ,,Chips fiir Europa* hat ihre entscheidende Rolle bei der
Starkung der Fiithrungsposition der Union in der Halbleiterforschung, -innovation und -
industrie unter Beweis gestellt. Daher ist es unerldsslich, sie fortzufiihren. Durch die
Unterstiitzung  bewdhrter Instrumente wie der Pilotanlagen, des Netzes von
Kompetenzzentren, der Entwurfsplattform und der Tatigkeiten im Bereich Quantenchips soll
die Initiative ,,Chips fiir Europa 2.0 dafiir sorgen, dass Europa seinen Wettbewerbsvorteil
behauptet, die Produktion im kommerziellen Mallstab beschleunigt und den Beitrag der
Halbleitertechnik zu Nachhaltigkeit und technologischer Souverénitit maximiert.

Dartiber hinaus werden ergidnzende nachfrageseitige MaBnahmen ergriffen, um die
Markteinfiihrung européischer Technologien zu beschleunigen. Eine innovationsfordernde
Auftragsvergabe und die Groflen Herausforderungen werden dazu beitragen, friihzeitig
Nachfrage zu erzeugen, Referenzanwendungen zu ermoglichen und eine schnellere
Markteinfithrung der in der Union entwickelten fortgeschrittenen Chips zu erleichtern.
Dariiber hinaus kann bei der Vergabe offentlicher Auftrige, die Halbleiter in Infrastrukturen,
Ausriistungen oder Systemen betreffen, neben Preiserwidgungen auch ein Kriterium in Bezug
auf die Versorgungssicherheit einbezogen werden, wenn solche Technik in wesentlichen
Diensten oder kritischen Infrastrukturen zum Einsatz kommt. Durch die koordinierte
Mobilisierung der offentlichen Nachfrage werden diese MaBnahmen die angebotsseitigen
Instrumente ergénzen, die Einflihrung sicherer Technologien in der gesamten Union fordern
und die Sicherheit und Resilienz nachgelagerter strategischer Sektoren stirken. Im Einklang
mit den Klima-, Umwelt- und Energiezielen der Union sollte der energieeffizienten und
nachhaltigen Produktion und Verwendung von Chips Vorrang eingerdumt werden. Die
Genehmigungsverfahren miissen ebenfalls gestrafft werden, um die industrielle Einfithrung zu
beschleunigen und die internationale Wettbewerbsfahigkeit zu bewahren, und zwar
insbesondere auf der Grundlage des Vorschlags der Kommission fiir eine Verordnung zur
Beschleunigung von Umweltpriifungen. Parallel zur Durchfithrung des derzeitigen Chip-
Gesetzes und im Vorgriff auf die Uberarbeitung des derzeitigen Rechtsakts zur
Cybersicherheit werden im Zuge einer Bewertung der Cybersicherheitsrisiken sowohl
technische Schwachstellen als auch nicht technische Faktoren bewertet, die sich auf die
Cybersicherheit von Halbleitern auswirken und die bei der Vergabe offentlicher Auftrige fiir
bestimmte kritische Sektoren verwendet werden.

Um Anreize fiir eine regionale Fiihrungsposition in der Halbleiterwertschopfungskette zu
schaffen, wird mit diesem Vorschlag fiir Regionen, die einen soliden regionalen Plan fiir
Investitionen in Halbleitertechnik haben, der auf die strategischen Priorititen abgestimmt ist,
ein Giitesiegel fiir européische Halbleiterexzellenzregionen geschaffen. Dazu gehoren der
Ausbau der Halbleiterfertigung, der FuE-Zusammenarbeit, der Kompetenzentwicklung und
nachhaltiger Infrastrukturen. Dies wiirde internationalen Investoren signalisieren, dass die
Region iiber ein Okosystem mit hohem Potenzial fiir das Halbleitergeschift.

Bessere Krisenvorsorge zur Gewdhrleistung der Versorgungssicherheit der EU
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Trotz der im Rahmen der Siule III des ersten Chip-Gesetzes geschaffenen Uberwachungs-
und Krisenreaktionsinstrumente bestehen nach wie vor erhebliche Liicken bei der Féhigkeit
der Union, Halbleiterversorgungskrisen wirksam zu bewiltigen. Der EU fehlen nach wie vor
ausreichend entwickelte Mechanismen, Instrumente und institutionelle Kapazititen, um
Storungen rechtzeitig und auf koordinierte Weise zu antizipieren und zu bewerten.

Um die Vorsorge in der Halbleiterlieferkette zu verbessern, wird die Kommission die
Einrichtung einer Unternehmensplattform fiir die Halbleiterlieferkette (im Folgenden
wPlattform*) unterstiitzen, {iber die Unternechmen wirtschaftlich nicht sensible Informationen
in aggregierter Form austauschen konnen. Dies wird dazu beitragen, ein Modell fiir die
digitale Lieferkette zu schaffen, die Sichtbarkeit struktureller gegenseitiger Abhéngigkeiten
zu erhohen, eine systematische Risikoermittlung zu ermodglichen und die
Widerstandsfihigkeit gegeniiber Storungen zu steigern. Im Falle von Warnungen konnte die
Kommission Informationen von einzelnen Unternehmen und von der Plattform anfordern.
Diese Auskunftsersuchen miissen strikt auf das Notwendige beschriankt und verhéltnismaBig
sein. Unternehmen, die sich an der Plattform beteiligen, werden von der Pflicht zur
Beantwortung von Auskunftsersuchen befreit. Parallel zur Chip-Verordnung 2.0 wird die
Kommission bis zum zweiten Quartal 2027 einen EU-Konzeptentwurf fiir das
Halbleiterkrisenmanagement entwickeln. Der Konzeptentwurf wird klare Verfahren, Rollen
und Zustdndigkeiten in den Vorkrisen- und Krisenphasen festlegen und auf der ersten
Simulationsiibung flir Storungen der Halbleiterlieferkette aufbauen, die 2025 mit den
Mitgliedstaaten durchgefiihrt wurde. Diese Bemiihungen werden mit der Strategie fiir eine
Union der Krisenvorsorge und dem dazugehorigen Aktionsplan im Einklang stehen.

. Kohirenz mit den bestehenden Vorschriften in diesem Bereich

Halbleiter sind entscheidende Voraussetzungen fiir den sauberen und den digitalen Wandel.
Ihre strategische Bedeutung fiir die EU wird durch geopolitische Spannungen, derzeitige
iibermdfige Abhidngigkeiten der Union bei der fortgeschrittenen Fertigung und beim
fortgeschrittenen Entwurf und die zunehmende Instrumentalisierung dieser Abhdngigkeiten
als Waffe durch Drittlinder weiter verstirkt. In diesem Zusammenhang ist die Chip-
Verordnung 2.0 unerlédsslich, um die politischen Priorititen der Kommission zu
verwirklichen, insbesondere im Rahmen von ,,Ein neuer Plan fiir nachhaltigen Wohlstand und
nachhaltige Wettbewerbsfihigkeit in Europa®“ und ,.Eine neue Ara fiir die europidische

Verteidigung und Sicherheit*’.

Wie im Deal fiir eine saubere Industrie®, im Kompass fiir Wettbewerbsfihigkeit der EU’
und in der Gemeinsamen Mitteilung iiber die Stirkung der wirtschaftlichen Sicherheit der
EU'° anerkannt wird, kann der Vorschlag fiir die Chip-Verordnung 2.0 als Reaktion auf die
Notwendigkeit dringender MaBBnahmen im Halbleiterbereich betrachtet werden, mit der die
Zukunft der EU als Wirtschaftsmacht, Investitionsziel und Zentrum der Fertigungsindustrie
gesichert werden soll.

7 Prioritdten der EU-Kommission fiir die Jahre 2024-2029.

Mitteilung der Kommission an das Européische Parlament, den Rat, den Européischen Wirtschafts- und
Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen— Der Deal fiir eine saubere Industrie: Ein
gemeinsamer Fahrplan fiir Wettbewerbsfahigkeit und Dekarbonisierung, COM(2025) 85 final vom
26.2.2025.

Mitteilung der Kommission an das Européische Parlament, den Rat, den Européischen Wirtschafts- und
Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen — Ein Kompass fiir eine wettbewerbsfahige EU,
COM(2025) 30 final vom 29.1.2025.

Gemeinsame Mitteilung an das Europédische Parlament und den Rat— Stirkung der wirtschaftlichen
Sicherheit der EU, JOIN(2025) 977 final vom 3.12.2025.
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Der Vorschlag steht im Einklang mit den allgemeinen Zielvorstellungen, Zielvorgaben und
Wegen fiir einen erfolgreichen digitalen Wandel der EU bis 2030, die die Kommission in
ihrer Mitteilung Der digitale Kompass 2030: der europiische Weg in die digitale Dekade
(,Mitteilung {iber den digitalen Kompass“)!! und dem anschlieBenden Beschluss der
Kommission iiber das Politikprogramm fiir die digitale Dekade'? aufgezeigt hatte, wo die
Halbleiter als ein eigenes Ziel aufgefiihrt wurden. Mit diesem Vorschlag soll die Union mit
den Fahigkeiten ausgestattet werden, die sie bendtigen wird, um dieses fiir 2030 gesetzte Ziel
zu erreichen. Die Uberpriifung des Politikprogramms fiir die digitale Dekade ist fiir Juni 2026
geplant'3.

Dieser Vorschlag trigt zur Umsetzung der Erklirung der Halbleiterkoalition (Semicon
Coalition) bei, die am 29. September 2025 von den jeweiligen Ministerinnen und Ministern
der 27 Mitgliedstaaten unterzeichnet wurde und in der eine verstirkte und zukunftsorientierte
Chip-Verordnung 2.0 gefordert wird, um die Position Europas in der globalen
Halbleiterwertschdpfungskette zu festigen'*

Der Vorschlag teilt auch einige der Ziele der Verordnung zur industriellen
Beschleunigung'®>, mit der ein Rahmen fiir MaBnahmen zur Stirkung der
Wettbewerbsfahigkeit der EU, zur Beschleunigung der Dekarbonisierung der Industrie und
zum Ausbau der strategischen Fertigungskapazitéten festgelegt wird.

Der Vorschlag steht weitgehend im Einklang mit EU-Initiativen, mit denen dhnliche Ziele
verfolgt werden, insbesondere mit dem Programm Digitales Europa, dem Programm
Horizont Europa, der Verordnung iiber kritische Rohstoffe'® sowie dem Europiischen
Fonds fiir regionale Entwicklung, InvestEU und Erasmus+.

Von den oben genannten Initiativen steht der Vorschlag insbesondere im Einklang mit dem
Programm Digitales Europa und dem Programm Horizont Europa, die im derzeitigen
mehrjdhrigen Finanzrahmen als die beiden Finanzierungsgrundlagen der Séule I dienen. Das
Programm  Digitales Europa unterstiitzt  digitale Infrastrukturen, wéhrend {iber
Horizont Europa vorgelagerte Forschung, Pilotprojekte und Demonstration gefordert werden.

Dariiber hinaus ergdnzt der Vorschlag auch die Verordnung tiber kritische Rohstoffe, da mit
beiden die strategische Autonomie in verschiedenen Segmenten der Wertschopfungskette
angestrebt wird: Der Schwerpunkt der Chip-Verordnung liegt auf dem Entwurf und der
Fertigung von Halbleitern, widhrend die Verordnung iiber kritische Rohstoffe auf die
Versorgung mit kritischen Rohstoffen ausgerichtet ist.

Mitteilung der Kommission an das Européische Parlament, den Rat, den Européischen Wirtschafts- und
Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen — Digitaler Kompass 2030: der europdische Weg in
die digitale Dekade, COM(2021) 118 vom 9.3.2021.

12 Beschluss (EU) 2022/2481 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 14. Dezember 2022 iiber
die Aufstellung des Politikprogramms 2030 fiir die digitale Dekade (ABI. L 323 vom 19.12.2022, S. 4).
Umfrage zur Zukunft des Politikprogramms fiir die digitale Dekade eroffnet, https:/digital-
strategy.ec.europa.eu/de/consultations/survey-opens-future-digital-decade-policy-programme.

Semicon Coalition calls for reinforced Chips Act, https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/semicon-
coalition-calls-reinforced-chips-act.

Vorschlag fiir eine Verordnung des Europdischen Parlaments und des Rates zur Schaffung eines
Rahmens von Mafinahmen zur Beschleunigung der Verstirkung der industriellen Kapazititen und der
Dekarbonisierung in strategischen Sektoren sowie zur Anderung der Verordnungen (EU) 2018/1724,
(EU) 2024/1735 und (EU) 2024/3110 (,,Verordnung zur industriellen Beschleunigung®),
COM(2026) 100 vom 4.3.2026.

16 Verordnung (EU) 2024/1252 des Européischen Parlaments und des Rates vom 11. April 2024 zur
Schaffung eines Rahmens zur Gewihrleistung einer sicheren und nachhaltigen Versorgung mit
kritischen Rohstoffen und zur Anderung der Verordnungen (EU) Nr.168/2013, (EU)2018/858,
(EU) 2018/1724 und (EU) 2019/1020 (,,Verordnung iiber kritische Rohstoffe®).
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Die Chip-Verordnung steht im Einklang mit den Bestrebungen der EU fiir strategische
Autonomie, wirtschaftliche Sicherheit und Wettbewerbsfahigkeit. Sie steht im Einklang mit
der Europiischen Strategie fiir wirtschaftliche Sicherheit'’, Ausfuhrkontrollen fiir Giiter
mit doppeltem Verwendungszweck'®, der Verordnung iiber drittstaatliche
Subventionen' und der Plattform fiir strategische Technologien fiir Europa (STEP)>.
Zusammen verringern diese Instrumente strategische Abhéngigkeiten, stirken die
industriellen Kapazititen und wirken Verzerrungen entgegen, die durch drittstaatliche
Subventionen im Binnenmarkt verursacht werden.

Der Vorschlag steht im Einklang mit den europdischen Rechtsvorschriften zur
Cybersicherheit. Bestimmte Kategorien von Chips fallen in den Anwendungsbereich der
Cyberresilienzverordnung?!, und die Investitionen im Rahmen der Chip-Verordnung
werden darauf abzielen, deren Ziele zu fordern, indem auf der Stirke der europdischen
Industrie im Marktsegment fiir sichere Chips aufgebaut wird. Der Vorschlag wird auch die
vorgeschlagene Uberarbeitung des derzeitigen Rechtsakts zur Cybersicherheit insofern
ergénzen, als bei der 6ffentlichen Beschaffung von Halbleitern durch kritische Einrichtungen
eine Dimension der Versorgungssicherheit hinzugefiigt wird.

Im Aktionsplan fiir die europiische Automobilindustrie’?> wurde die Bedeutung der
Halbleiterindustrie fiir eine innovative und digitalisierte Automobilindustrie hervorgehoben.

Die Chip-Verordnung 2.0 erginzt auch andere Initiativen wie die wichtigen Vorhaben von
gemeinsamem europdischem Interesse (IPCEI). Hier steht die Vorbereitung des anstehenden
IPCEI-Kandidaten fiir fortgeschrittene Halbleitertechnik (4Advanced Semiconductor
Technologies, AST)* voll und ganz im Einklang mit dem Geist der neuen Chip-
Verordnung, da es um die industrielle Ersteinfiihrung bahnbrechender Innovationen geht.

Die Chip-Verordnung 2.0 ist so konzipiert, dass sie mit dem derzeitigen mehrjdhrigen
Finanzrahmen (MFR) (2021-2027) und dem néchsten MFR (2028-2034), aber auch mit dem
Européischen Fonds fiir Wettbewerbsfahigkeit (ECF), dem 10. Rahmenprogramm (RP10) und
den nationalen und regionalen Partnerschaftspldnen (NRPPs) vereinbar ist. Thre Architektur
wird ein sofortiges Handeln und eine sofortige Wirkung im Rahmen des derzeitigen MFR
ermdglichen und gleichzeitig Kontinuitdt und Skalierbarkeit im Rahmen des nachsten MFR

Gemeinsame Mitteilung an das Europédische Parlament, den Européischen Rat und den Rat {iber eine
,,Buropdische Strategie fiir wirtschaftliche Sicherheit®, JOIN(2023) 20 final.

Exporting dual-use items — Trade and Economic Security.

19 Verordnung (EU) 2022/2560 des Europiischen Parlaments und des Rates vom 14. Dezember 2022 {iber
den Binnenmarkt verzerrende drittstaatliche Subventionen.

Plattform fiir strategische Technologien fiir Europa, https://strategic-technologies.europa.eu/index_de.

2 Verordnung (EU) 2024/2847 des Europédischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2024 {iber
horizontale Cybersicherheitsanforderungen fiir Produkte mit digitalen Elementen und zur Anderung der
Verordnungen (EU) Nr. 168/2013 und (EU)2019/1020 und der Richtlinie (EU)2020/1828
(,,Cyberresilienz-Verordnung*).

Mitteilung der Kommission an das Européische Parlament, den Rat, den Europdischen Wirtschafts- und
Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen— Aktionsplan fiir die européische
Automobilindustrie, COM(2025) 95, 5.3.2025.

z Der IPCEI-Kandidat AST wird derzeit so konzipiert, dass er auf bestehenden EU-Initiativen,
insbesondere Pilotanlagen und der europdischen Entwurfsplattform, aufbaut und Kontinuitdt und
Beschleunigung gewihrleistet anstatt Doppelarbeit zu verursachen. Aufgrund von Megatrends wie KI,
Automatisierung, Sicherheit und Nachhaltigkeit konnte der IPCEI-Kandidat AST letztlich eine
gemeinsame europdische Antwort auf umwélzende technologische Verdnderungen bieten. Der
Schwerpunkt liegt auf Schliisseltechnologiebereichen wie KI-Chips und -Beschleunigern, photonisch
integrierten Schaltungen, heterogener Integration und fortgeschrittenem Packaging, Sensoren,
Leistungselektronik, energieeffizienten Losungen und sicherer Kommunikation, wobei die gesamte
Halbleiterwertschopfungskette abgedeckt wird, einschlieBlich Schliisseltechnologien wie EDA,
Ausriistung, Priiftechnik, Werkstoffe und Wafer.
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gewihrleisten. Der Vorschlag greift dem Ergebnis des laufenden Gesetzgebungsverfahrens
zum MFR nicht vor.

Dartiber hinaus ldsst die Chip-Verordnung 2.0 die Vorschriften iiber staatliche Beihilfen und
die Wettbewerbsvorschriften, einschlieBlich des FEI-Rahmens und der IPCEI-Mitteilung,
unberiihrt und wahrt deren unterschiedliche Ziele. IPCEIs und der FEI-Rahmen spielen eine
zentrale Rolle bei der Unterstiitzung von Forschung, Entwicklung, Innovation und
industrieller Ersteinfithrung, insbesondere fiir hochinnovative und grenziiberschreitende
Projekte mit starken Ausstrahlungseffekten.

Die MaBnahmen im Rahmen der Chip-Verordnung 2.0 werden auf dieser Architektur
aufbauen, indem der Anwendungsbereich des Rahmens fiir Neuartiges der Saule II weiter
prazisiert und verfeinert wird, um sicherzustellen, dass die gesamte Wertschopfungskette
abgedeckt ist.

. Kohirenz mit der Politik der Union in anderen Bereichen

Der Vorschlag steht im Einklang mit der Wettbewerbs- und Industriestrategie der EU, wie sie
in den Industriestrategien und im Draghi-Bericht zum Ausdruck kommt, und sie ergidnzt den
Rahmen fiir den digitalen und den sauberen Wandel.

Zusammen mit der Verordnung zur Cloud- und KI-Entwicklung (CADA) und einem
Strategischen Fahrplan fiir Digitalisierung und KI im Energiebereich wird dieser
Vorschlag Teil des Pakets zur technologischen Souverinitit sein. Mit dem Paket soll
sichergestellt werden, dass die Union weiterhin in der Lage ist, autonom zu entscheiden,
wirksam zu handeln und globale technologische Entwicklungen zu gestalten, und dass sie
gleichzeitig offen und wettbewerbsfdhig bleibt und fiir internationale Zusammenarbeit und
internationale Regeln eintritt.

Zwischen der Chip-Verordnung, dem vorgeschlagenen Européischen Fonds fiir
Wettbewerbsfihigkeit (ECF)** und dem kiinftigen Rechtsakt iiber Quantentechnologie®
wird eine Koordinierung erforderlich sein. Die Kohédrenz mit dem Rechtsakt iiber
Quantentechnologie wird die Gelegenheit bieten, einen umfassenden europdischen Rahmen
fiir die Quantenpolitik zu schaffen, der Synergien zwischen mehreren Instrumenten optimal
nutzt.

2. RECHTSGRUNDLAGE, SUBSIDIARITAT UND VERHALTNISMABIGKEIT
. Rechtsgrundlage

Wie beim ersten Chip-Gesetz sind die Rechtsgrundlagen fiir die Chip-Verordnung 2.0
Artikel 173 Absatz 3 und Artikel 114 des Vertrags iiber die Arbeitsweise der Europdischen
Union (AEUV). Die Union trdgt mit ihrer Politik und ihren MaBnahmen zur Verwirklichung
der Ziele des Artikels 173 Absatz 1 bei. Gemal Artikel 173 Absatz 1 AEUV sorgen die Union
und die Mitgliedstaaten dafiir, dass die notwendigen Voraussetzungen fiir die
Wettbewerbsfahigkeit der Industrie der Union gewihrleistet sind. Entsprechend einem System
offener und wettbewerbsorientierter Markte zielt diese Tatigkeit auf Folgendes ab: 1)
Erleichterung der Anpassung der Industrie an die strukturellen Verdnderungen, ii) Férderung

24 Vorschlag fiir eine Verordnung des Europdischen Parlaments und des Rates zur Einrichtung des

Européischen Fonds fiir Wettbewerbsfahigkeit (ECF), einschlielich des spezifischen Programms fiir
Forschungs- und Innovationstétigkeiten im Verteidigungsbereich, zur Aufhebung der Verordnungen
(EU) 2021/522, (EU)2021/694, (EU)2021/697 und (EU)2021/783 sowie zur Anderung der
Verordnungen (EU) 2021/696, (EU) 2023/588 und (EU) [EDIP], COM(2025) 555, 16.7.2025.
Kommission bittet um Beitrdge zur Gestaltung der kiinftigen Quantenverordnung, https://digital-
strategy.ec.europa.eu/de/news/commission-invites-contributions-shape-future-eu-quantum-act.

25
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eines fiir die Initiative und Weiterentwicklung der Unternehmen in der gesamten Union,
insbesondere der kleinen und mittleren Unternehmen, giinstigen Umfelds, iii) Férderung eines
fiir die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen gilinstigen Umfelds und iv) Férderung einer
besseren Nutzung des industriellen Potenzials der Politik in den Bereichen Innovation,
Forschung und technologische Entwicklung. Ziel des Artikels 114 AEUV ist die Errichtung
und das Funktionieren des Binnenmarkts durch den Erlass von MaBBnahmen zur Angleichung
der nationalen Vorschriften.

Die Chip-Verordnung 2.0 baut auf den Zielen des aktuellen Chip-Gesetzes auf. Das erste
spezifische Ziel der Chip-Verordnung 2.0, das Saule I zugrunde liegt, besteht darin, in der
Halbleiterindustrie umfangreiche Innovationsfdhigkeiten und angemessene technologische
Féhigkeiten zur Beschleunigung von Innovationen und zur Anpassung daran zu schaffen. In
Bezug auf die SaulenIl und Il zielt die Verordnung darauf ab, die Resilienz und
Versorgungssicherheit der Union im Bereich der Halbleitertechnologien zu erhohen, indem
Investitionen in die fortgeschrittene Halbleiterherstellung unterstiitzt und koordiniert werden
(Séule IT) und eine koordinierte Uberwachung und Krisenreaktion ermdglicht wird (Saule I1T).

Die geeignete Rechtsgrundlage fiir das erste Ziel ist Artikel 173 Absatz 3 AEUV. Im Falle
von Artikel 173 Absatz3 AEUV sollten die ergriffenen MaBnahmen nicht zur
Harmonisierung der nationalen Rechts- und Verwaltungsvorschriften flihren, sondern die
Wettbewerbsfahigkeit und Resilienz der industriellen Basis flir Halbleiter starken. Die Chip-
Verordnung 2.0 zielt darauf ab, die europdischen Halbleitertechnologie- und -
industrielandschaft zu stdrken und resilienter zu machen sowie das Innovationspotenzial des
Halbleiterdokosystems in der gesamten EU zu steigern. Dazu muss die Abhingigkeit von einer
kleinen Zahl von Unternehmen und Regionen auBerhalb der EU verringert und miissen die
Fahigkeiten der EU fiir Entwurf und Herstellung fortgeschrittener Halbleiter ausgebaut
werden. Die Initiative ,,Chips flir FEuropa® (Saulel), die durch die neuen
LegislativmaBnahmen weiterhin unterstiitzt wird, soll dazu beitragen, diese Ziele zu erreichen,
indem die Kluft zwischen der Forschungsexzellenz der EU und deren wirksamer, nachhaltiger
Nutzung durch die Industrie geschlossen wird.

. Subsidiaritit (bei nicht ausschlieBlicher Zustindigkeit)

Die Ziele des Vorschlags konnen von den Mitgliedstaaten nicht allein erreicht werden, da die
Probleme grenziiberschreitender Natur sind und sich nicht auf einzelne Mitgliedstaaten oder
eine Gruppe von Mitgliedstaaten beschrinken. Die vorgeschlagenen Malnahmen
konzentrieren sich auf Bereiche, in denen aufgrund des Ausmales, der Geschwindigkeit und
des Umfangs der erforderlichen Anstrengungen ein Titigwerden auf Unionsebene
nachweislich einen Mehrwert bietet.

Eine umfassende Reaktion auf die Halbleiterkrise erfordert ein rasches und koordiniertes
gemeinsames Tétigwerden verschiedener Interessentrdger in Zusammenarbeit mit den
Mitgliedstaaten. Kein einzelner Mitgliedstaat kann dies allein erreichen. Dariiber hinaus sind
angesichts der Komplexitit des Halbleiterokosystems die Folgen der strukturellen
Abhidngigkeiten und Versorgungsengpisse der Union so weitreichend, dass ein Tatigwerden
der EU am besten geeignet ist, um diese Probleme anzugehen.

Ein Tatigwerden auf Unionsebene ist eindeutig am besten geeignet, um zu einer gemeinsamen
Vision und Umsetzungsstrategie der europdischen Akteure beizutragen. Dies ist entscheidend,
um GroBen- und Verbundvorteile zu erzielen und die kritische Masse zu erreichen, die fiir
Spitzenkapazititen erforderlich ist. Dies wird auch eine Fragmentierung der Bemiihungen,
einen Subventionswettlauf und suboptimale nationale Losungen begrenzen, wenn nicht gar
vermeiden.

DE



DE

Drucksache 415/26 -12 -

In den Bereichen, auf die sich dieser Vorschlag mit seinen drei Sdulen bezieht, ist ein
Tétigwerden der Union erforderlich.

o Was die erste Sdule (Initiative ,,Chips fiir Europa 2.0%) betrifft, so wird die verstérkte
Initiative ,,Chips fiir Europa 2.0 weiterhin die Tatigkeiten der im Rahmen des ersten
Chip-Gesetzes eingerichteten Initiative ,,Chips flir Europa“ unterstiitzen. Dies
bedeutet den grof3 angelegten Aufbau technischer Kapazititen und Innovationen in
der gesamten Union, um die Entwicklung und Einfiihrung hochmoderner Halbleiter-
und Quantentechnik der nichsten Generation zu erméglichen und die chronischen
strukturellen Schwachstellen in Europa bei Entwurf und Produktion anzugehen.
Nach zwei erfolgreichen wichtigen Vorhaben von gemeinsamem europiischem
Interesse (IPCEIs) fiir Mikroelektronik, mit denen grenziiberschreitende innovative
Projekte entlang der gesamten Mikroelektronikwertschopfungskette unterstiitzt
werden, wird derzeit ein mdgliches drittes IPCEI in diesem Bereich konzipiert.
Diese Initiativen sind von strategischer Bedeutung fiir den Sektor. Zum
gegenwartigen Zeitpunkt diirften sie jedoch nicht ausreichen, um fiir den Aufbau
ausreichender Kapazititen in Form von Pilotanlagen und Entwurfsinfrastrukturen zu
sorgen, die allen interessierten Dritten in ganz Europa in groBem Malstab zur
Verfiigung gestellt werden miissen und die die Union in die Lage versetzen werden,
eine grofere Rolle im weltweiten verflochtenen Okosystem zu spielen. Solche
GroBanlagen konnen aufgrund des Umfangs der erforderlichen Investitionen und des
benoétigten Know-hows nur auf Unionsebene bereitgestellt werden.

o In Bezug auf die zweite Séule (Versorgungssicherheit und Nachfrage) konnen
MaBnahmen zur Beschleunigung von Investitionen in die Halbleiterfertigung nur
auf Unionsebene angemessen konzipiert und umgesetzt werden. Dies ist auf den
Umfang der erforderlichen Investitionen zurlickzufiihren und darauf, dass diese
Fertigungsanlagen definitionsgemdl den gesamten Binnenmarkt bedienen, das
gesamte Okosystem stirken und die Versorgungssicherheit in Krisen gewihrleisten
werden. Dariiber hinaus wiirden Mallnahmen im Zuge strategischer Projekte
entwickelt, indem eine Mischung aus Offentlichen und privaten Investitionen mit
hoher privater Beteiligung gefordert wird.

o Im Bereich der dritten Siule (Uberwachung und Krisenreaktion) wird eine verstirkte
Zusammenarbeit auf Unionsebene gewihrleisten, dass die bendtigten
Informationen gesammelt werden und diese auch vergleichbar sind. Gemeinsam
werden die Mitgliedstaaten und die Kommission in der Lage sein, Engpdsse zu
antizipieren, im Falle schwerwiegender Engpisse die Krisenstufe zu aktivieren und
die erforderlichen MaBBnahmen zu ergreifen, um eine solche Krise wirksamer zu
bewiiltigen, als es bei einem Flickenteppich nationaler Maflnahmen der Fall wére.

. VerhiltnismiBigkeit

Der Vorschlag zielt darauf ab, das europdische Halbleiterokosystem durch 1) kurzfristige
Vorsorge- und UberwachungsmaBnahmen zur Erhéhung der Transparenz —der
Halbleiterlieferketten zu starken, ii) mittelfristige Mallnahmen fiir die Versorgungssicherheit
durch Verbesserung der Produktionskapazitéiten fiir Halbleiter in Europa zu treffen und iii)
langerfristige auf eine Fiihrungsposition in den Bereichen Technologie und Innovation
ausgerichtete Mafinahmen zur Schaffung von Entwurfs- und Produktionseinrichtungen fiir
fortgeschrittene und neue Halbleitertechnologien zu ergreifen.

Vor diesem Hintergrund konzentriert sich der Vorschlag auf diejenigen Bestandteile des
Halbleiterokosystems, die am stirksten zur Resilienz der Lieferkette der Union beitragen.
Durch die Fokussierung ausschlieBlich auf das Halbleiterokosystem und nicht auf den

10
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grofBeren Bereich der Elektronikkomponenten und -systeme oder auf Anwendungsbereiche, in
denen Halbleiter und/oder Elektronikkomponenten und -systeme zum Einsatz kommen, sollen
die MaBlnahmen auf eine der derzeit groBten Schwachstellen der Wirtschaft und der
Gesellschaft als Ganzes in Europa beschriankt werden.

Mit der Initiative ,,Chips fiir Europa 2.0 werden die Mechanismen geschaffen, die
erforderlich sind, um die lidngerfristige Wettbewerbs- und Innovationsfdhigkeit der
europdischen Industrie durch 1) Forschungs- und Entwurfskapazititen, ii) Test- und Versuchs-
Pilotanlagen, iii) Kapazititen fiir Quantenchips und photonisch integrierte Schaltungen, iv)
Kompetenzzentren und v) einen Fonds fiir Start-ups, Scale-ups und KMU sicherzustellen.

Im Rahmen der Saule II, die auf die neue Versorgungssicherheit durch Verbesserung der
Produktionskapazitidten der Union fiir Halbleiter abzielt, kann eine Anlage als europdische
Halbleitertechnologieinitiative anerkannt werden. Auf der Grundlage dieser Anerkennung
missen die Mitgliedstaaten flir beschleunigte Genehmigungsverfahren fiir diese
Produktionsstétten und Fertigungsbetriebe sorgen.

Die neuen VorsorgemaBnahmen der Siule III beruhen auf der Uberwachung und dem
Informationsaustausch zwischen den Mitgliedstaaten und der Union, um Stdrungen in der
Lieferkette zu antizipieren. Bei (voraussichtlichen) Stérungen konnen koordinierte
MaBnahmen ergriffen werden, um Lieferengpésse bei Halbleitern und andere Stérungen zu
mindern oder zu verhindern.

. Wahl des Instruments

Eine Verordnung gilt als das am besten geeignete Instrument, da sie es ermoglicht,
Anforderungen festzulegen, die unmittelbar fiir die nationalen Behorden und die betroffenen
Wirtschaftsakteure gelten. Dies wird dazu beitragen, dass die Anforderungen zeitnah und
einheitlich umgesetzt werden, was zu mehr Rechtssicherheit fiihrt und die Kontinuitit zum
ersten Chip-Gesetz gewihrleistet.

Bei dem vorgeschlagenen Rechtsakt handelt es sich um eine Verordnung des Europidischen
Parlaments und des Rates. Dies ist das geeignetste Rechtsinstrument fiir Sédule I des
Vorschlags, mit der die Initiative ,,Chips fiir Europa 2.0“ ins Leben gerufen wird, denn nur
eine Verordnung mit ihren unmittelbar geltenden Rechtsvorschriften kann das MalB3 an
Einheitlichkeit bieten, das fiir die Fortsetzung und Durchfiihrung einer Unionsinitiative zur
Forderung einer Industriebranche im gesamten Binnenmarkt erforderlich ist. Die Wahl einer
Verordnung als Rechtsinstrument fiir Séule II ist durch die Notwendigkeit einer einheitlichen
Anwendung der neuen Vorschriften, insbesondere der Definition von ,europdischen
Halbleitertechnologieinitiativen* und ,,strategischen Projekten®, sowie eines einheitlichen
Verfahrens fiir deren Anerkennung und Forderung gerechtfertigt. Dariiber hinaus stellt eine
Verordnung das geeignetste Instrument fiir Sdule III dar, da dieser Teil einen Mechanismus
vorsieht, mit dem schwerwiegende Storungen der Halbleiterversorgung in der Union
antizipiert und bewdltigt werden sollen. AuBerdem sollte der Mechanismus keine Umsetzung
durch nationale Maflnahmen erfordern und wird unmittelbar anwendbar sein.

3. ERGEBNISSE DER EX-POST-BEWERTUNG, DER KONSULTATION DER
INTERESSENTRAGER UND DER FOLGENABSCHATZUNG
. Ex-post-Bewertung/Eignungspriifungen bestehender Rechtsvorschriften

Gemill Artikel 40 des derzeitigen Chip-Gesetzes legte die Kommission dem Europidischen
Parlament und dem Rat zum 20. September 2026 einen ersten Bericht {iber die Evaluierung
und Uberpriifung der Verordnung vor. Zweck der Evaluierung war es, zu einem kritischen,
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unvoreingenommenen und evidenzbasierten Urteil {iber die Fortschritte des Chip-Gesetzes
und seine Fihigkeit zur Stirkung des Halbleiterdkosystems der Union zu kommen?®.

Die Evaluierung erstreckte sich auf die drei Sdulen des Chip-Gesetzes und
sduleniibergreifende Elemente. Sie betrachtete die Auswirkungen des Chip-Gesetzes auf die
Wirtschaft, die Governance und soziale Faktoren und umfasste eine Folgenabschidtzung zur
Chip-Verordnung 2.0. Es wurden die Kosten und der Nutzen jeder Séule des Chip-Gesetzes
ermittelt und quantifiziert. Ferner wurden die bei der Durchfiihrung der Verordnung
gewonnenen Erkenntnisse dargelegt und anhaltende und neu auftretende Probleme aufgezeigt,
die sich auf die Funktionsweise der Verordnung auswirken. Die Evaluierung erstreckte sich
auf den Zeitraum vom Inkrafttreten des Chip-Gesetzes am 21. September 2023 bis Ende
November 2025.

Die Evaluierung ergab, dass das Chip-Gesetz unverzichtbar fiir die Schaffung eines
europiischen Regulierungs- und Politikrahmens fiir Halbleiter war, der zuvor nicht
bestand und innerhalb kiirzester Zeit eingerichtet wurde. Mit dem Chip-Gesetz wurden
erhebliche offentliche und private Investitionen mobilisiert, modernste Infrastrukturen auf
EU-Ebene eingerichtet und Governance-Mechanismen fiir die Koordinierung und
Krisenvorsorge eingefiihrt. Das Vertrauen der Interessentrdger in die allgemeine strategische
Ausrichtung ist nach wie vor hoch, und das Gesetz wird weithin als notwendige Reaktion auf
geopolitischen, technologischen und wirtschaftlichen Druck betrachtet.

Gleichzeitig ist der Ubergang von einzelnen zu systemweiten Ergebnissen und
Auswirkungen noch nicht abgeschlossen. Die Haupthindernisse sind eher struktureller und
wirtschaftlicher als operativer Natur. Sie stehen im Zusammenhang mit der Féhigkeit der
Union, Innovationen in der Industrie umzusetzen, Scale-ups zu finanzieren, die
Lieferkettenresilienz zu stirken und Erkenntnisse auf Systemebene zu gewinnen.

Das Chip-Gesetz hat entscheidend zum Aufbau von Technologieinfrastrukturen und
Kapazititen fiir die Friihphasenfertigung beigetragen. Die Einrichtung von Pilotanlagen,
Kompetenzzentren und gemeinsamen Infrastrukturen auf EU-Ebene hat ein koordiniertes
Vorgehen ermdglicht. Diese Initiativen verbessern bereits den Zugang zu fortgeschrittenen
Instrumenten und unterstiitzen eine starke grenziiberschreitende Zusammenarbeit. Die
Auswirkungen anderer Komponenten (d.h. Quantenchip-Pilotprojekte und die
Entwurfsplattform) werden erst zu einem spéteren Zeitpunkt sichtbar werden. In jedem Fall
erkennen zahlreiche Interessentrdger den Beitrag des Chip-Gesetzes zur Stirkung der
europdischen Ful-Basis und zur Verbesserung der Koordinierung zwischen den
Mitgliedstaaten an.

Im Gegensatz dazu befinden sich die Fortschritte beim Ausbau der Fertigung und die
daraus resultierende groflere strategische Autonomie noch in einem friihen Stadium,
was zum Teil auf lange Vorlaufzeiten zwischen Investitionsentscheidungen und der
tatsdchlichen Produktion in den Fertigungsstitten zuriickzufiihren ist. Europa ist in kritischen
Segmenten, insbesondere an fortgeschrittenen Technologieknoten, nach wie vor strukturell
von Anbietern aus Drittlindern abhédngig. Die Abwanderung oder Verzogerung groferer

Investitionsprojekte zeigt auch, dass sich die Souverénitit noch nicht wesentlich verbessert
hat.

Bei allen Bewertungskriterien stellt die Kluft zwischen Labor und Fertigung eine grofle
Herausforderung dar. Mit dem Chip-Gesetz ist es bereits gelungen, Technologien auf einen
hoheren Reifegrad anzuheben, und angesichts seines kiirzlichen Inkrafttretens diirften sich in
den kommenden Jahren stabile Wege zur Massenfertigung entwickeln. Zahlreiche Ergebnisse

26 Link zum SWD-Anhang des Evaluierungsberichts.
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sind auf technischer Ebene wirksam und werden die industriellen Kapazititen schaffen, die
erforderlich sind, um dann spéter die Versorgung Europas zu sichern. Die Herausforderung,
vor der die EU steht, ist nicht mehr in erster Linie die Innovationsentwicklung, sondern die
Industrialisierung und Skalierung.

Die Bewertung ergab ferner, dass begrenztes privates Kapital die Expansion europiischer
Halbleiterunternehmen nach wie vor einschrinkt. Mit dem Chip-Gesetz wurden zwar
offentliche Mittel in beispiellosem Umfang mobilisiert, aber private Investitionen
(insbesondere in der Spatphase sowie institutionelle Investitionen) sind im Vergleich zu
konkurrierenden Regionen nach wie vor unzureichend. Die Unterstiitzung von Scale-ups wird
durch strukturelle Merkmale des europidischen Finanzsystems eingeschrinkt, darunter das
Fehlen einer echten Kapitalmarktunion, bestehende Vorschriften fiir Pensionsfonds und
konservative Anlagepraktiken. Dies schwicht die europédische Wertschopfung und schafft
Anreize fiir Scale-ups, den Standort des Unternehmens zu wechseln oder es an Nicht-EU-
Unternehmen zu verkaufen. Das Chip-Gesetz hat die Innovationskapazitét in der Frithphase
verbessert, aber die dem (EIC-Accelerator-Teil des) Chip-Fonds zugewiesenen Mittel wurden
in den ersten beiden Jahren aufgebraucht und haben sich als unzureichend erwiesen.
Gebraucht werden thematische Instrumente mit geduldigem Kapital, um Start-ups im
Halbleiterbereich bei ihrer Expansion zu unterstiitzen, und es miissen umfassendere
MaBnahmen konzipiert werden, um die Voraussetzungen fiir die Entstehung von
Technologieunternehmen mit hohem Potenzial zu schaffen.

Dartiber hinaus ergab die Bewertung, dass die derzeitigen Instrumente zur Bewiltigung von
Schwachstellen im Hinblick auf die Versorgungssicherheit und die wirtschaftliche
Sicherheit auf EU-Ebene niitzlich sind, aber weiter gestirkt werden sollten. Einerseits
wird der Ausbau der Fertigung in erster Linie von Investitionsentscheidungen der Industrie
bestimmt, die durch nationale Finanzierungsrahmen unterstiitzt werden. Schwéchen auf der
Nachfrageseite untergraben die Resilienz weiter. Andererseits beeintrichtigen fragmentierte
Mirkte, geringe Produktionsmengen in Schliisselsektoren und eine begrenzte Koordinierung
der Beschaffung die wirtschaftliche Lebensfihigkeit der europdischen Produktion. Ohne
Nachfragebiindelung und zuverldssige Marktsignale besteht die Gefahr, dass neue
Kapazititen nicht ausreichend genutzt werden.

Die Bewertung kam zu dem Schluss, dass die Einblicke der EU in die
Halbleiterlieferketten der EU und weltweit zu begrenzt sind, um eine starke
Krisenvorsorge zu unterstiitzen. Das ESB hat die Koordinierung erheblich verbessert, und
es wurden Frithwarnmechanismen eingerichtet. Es sollte jedoch ein stérker integrierter Ansatz
fir die Uberwachung von Werkstoffen, Ausriistung, Entwurfswerkzeugen und
nachgeschalteten Anwendern in Betracht gezogen werden. Die Datenerhebung ist nach wie
vor fragmentiert und empfindlich, was die Fahigkeit einschrinkt, Stérungen vorherzusehen.
Die Séule III 1dsst daher eine Betrachtung auf Systemebene nur teilweise zu.

Insgesamt hat das Chip-Gesetz sein urspriingliches Ziel, europidische Kapazititen aufzubauen,
rasch und glaubwiirdig erreicht. Die Wirksamkeit in Bezug auf Autonomie und Resilienz
hingt jedoch davon ab, ob Europa Infrastrukturen nun in industrielle Produktion umwandeln,
Innovationen skalieren und durch Koordinierung gewonnene umsetzbare FErkenntnisse
erzielen kann.

. Konsultation der Interessentriger

Im Einklang mit den Leitlinien fiir eine bessere Rechtsetzung nahm die Kommission eine
umfassende Konsultation der Interessentrdger vor, um mithilfe einer Reihe von Methoden,
konsultierten Parteien und Instrumenten zuverldssige Informationen zu sammeln.
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Die Kommission flihrte mehrere Tatigkeiten durch: eine 6ffentliche Konsultation zwischen
dem 5. September 2025 und dem 28. November 2025 (105 Beitrdge und 39 Positionspapiere
wurden eingereicht); eine Aufforderung zur Stellungnahme fiir die Folgenabschétzung
(209 Beitrage und 85 Positionspapiere wurden eingereicht); eine gezielte Umfrage unter
Interessentrigern (64 Beitrige); Befragungen (mit Befragten, die ein breites, strategisch
ausgewdhltes Spektrum von  Organisationen vertreten und am  europdischen
Halbleiterokosystem beteiligt bzw. davon betroffen sind); 16 thematische Workshops, die
zwischen September und Dezember 2025 unter Beteiligung verschiedener Interessentriger
aus dem gesamten europdischen Halbleiterokosystem durchgefiihrt wurden; sechs
Workshops mit den Mitgliedstaaten, die zwischen Januar und Mirz 2026 durchgefiihrt
wurden.

Die Interessentriger wiesen auf eine iibermidflige Abhéngigkeit von Lieferanten aus
Drittlindern hin, insbesondere bei Hochleistungschips. Zu den groBten Hindernissen fiir die
Entwicklung einer KI-Chip-Wertschopfungskette in der EU gehoren unzureichende
Fertigungskapazititen, begrenzte Investitionsinstrumente, der Mangel an qualifizierten
Arbeitskriften und die schwache Inlandsnachfrage von Hyperscalern und KI-Unternehmen.
Strukturelle Kostennachteile wurden auch in der gesamten Wertschopfungskette festgestellt:
Fabriken mit Sitz in der EU sind im Vergleich zu Wettbewerbern in Ostasien mit héheren
Bau- und Betriebskosten, ldngeren Fristen fiir Genehmigungen, Bau und Inbetriebnahme
sowie geringeren Agglomerationseffekten konfrontiert.

Finanzierungsengpédsse verschdrfen diese Herausforderungen weiter. Ein Mangel an
Risikokapital ~und  Risikofinanzierung  wurde als  grofes  Hindernis  fiir
Chipentwurfsunternehmen ermittelt, gleichzeitig wiesen integrierte Gerdtehersteller und
andere produktionsorientierte Unternehmen auf langwierige Genehmigungsverfahren und
hohe Energiekosten als erhebliche Hindernisse hin. Dariiber hinaus bestehen nach wie vor
systemische Hindernisse in Form von Finanzierungsliicken in der Spétphase, fragmentierter
Governance und Abhingigkeit von Fertigungsbetrieben au3erhalb der EU, die Unternehmen
daran hindern, Prototypen zu kommerziellen Produkten zu skalieren — ein Problem, das durch
die 6ffentliche Konsultation bestitigt wurde.

Beim Fachkriftemangel handelt es sich den Interessentrigern zufolge um ein
bereichstlibergreifendes Problem. Es wurde betont, dass Pipelines fiir Halbleiterkompetenzen
jahrzehntelange Investitionshorizonte erfordern, viele einschldgige Programme jedoch mit
kiirzeren Haushaltszyklen arbeiten, wodurch ihre lidngerfristigen Auswirkungen begrenzt
werden. Die Interessentrdger wiesen auch darauf hin, dass die Koordinierung zwischen der
EU und den nationalen Ebenen verbessert werden konnte.

Die Ergebnisse der 6ffentlichen Konsultation sind im zusammenfassenden Bericht enthalten,
der mit den Antworten auf die Aufforderung zur Stellungnahme auf dem Portal ,,Ihre
Meinung zahlt* verdffentlicht wurde.

. Folgenabschitzung

Im Einklang mit den Leitlinien fiir eine bessere Rechtsetzung stiitzt sich dieser
Legislativvorschlag auf eine Folgenabschétzung, in der das Problem und die Teilprobleme im
Zusammenhang mit der Notwendigkeit analysiert werden, die Wettbewerbsfahigkeit der
Halbleiterokosysteme der EU zu stirken. In der Folgenabschitzung werden mogliche
Politikoptionen zur Bewdltigung der Problemursachen ermittelt und ihre voraussichtlichen
Auswirkungen bewertet. Die Folgenabschitzung wurde so strukturiert, dass sie die
Konsultation der dienststelleniibergreifenden Lenkungsgruppe der Kommission zur Chip-
Verordnung 2.0 widerspiegelt.
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Der Ausschuss fiir Regulierungskontrolle gab am 28. Januar 2026 eine ablehnende
Stellungnahme zur Folgenabschétzung ab. Der Ausschuss empfahl Folgendes:

o Weiterentwicklung der Problemanalyse, einschlieBlich einer umfassenderen
Bewertung der gegenwirtigen und der erforderlichen Fiahigkeiten und
Produktionskapazititen der EU iiber kritische Elemente der
Halbleiterwertschopfungskette hinweg, sowohl fiir ausgereifte als auch fiir modernste
Chips;

o Prézisierung und bessere Definition der Ziele, insbesondere in Bezug auf Grad und
Umfang der angestrebten technologischen Souverinitét fiir verschiedene Arten von
Chips;

o Starkung der Interventionslogik, indem klar aufgezeigt wird, in welchem Verhéltnis
verschiedene MaBnahmen zueinander stehen, einschlieBlich angebots- und
nachfrageseitiger Instrumente, und wie diese gemeinsam dazu beitragen, das
gewiinschte Mal3 an Souverinitét zu erreichen;

o genauere Festlegung der vorgeschlagenen Mallnahmen, damit ihre Auswirkungen
angemessen bewertet werden konnen, einschlieBlich klarerer Informationen iiber die
Gesamtkosten der Intervention, deren Verteilung und die Risiken im Zusammenhang
mit potenziellen Ineffizienzen bei der Mittelzuweisung; und

o Verbesserung der Transparenz in Bezug auf die Unsicherheiten im Zusammenhang
mit dem nichsten MFR und Vorlage einer griindlicheren Analyse der Kohdrenz der
Malnahmen mit bestehenden und kiinftigen politischen Initiativen.

Auf alle obigen Punkte wurde so umfassend wie moglich eingegangen. Nachdem die
iiberarbeitete Folgenabschitzung erneut vorgelegt wurde, gab der Ausschuss am 30. Mérz
2026 eine befiirwortende Stellungnahme mit Vorbehalten ab. Die Vorbehalte des Ausschusses
betrafen folgende Aspekte:

o Die Maflnahme zur Schaffung von Anreizen fiir vertrauenswiirdige Chips ist nicht
ausfiihrlich genug beschrieben, um ihre Auswirkungen angemessen bewerten zu
konnen;

o in dem Bericht wird die Kohdrenz mit bestehenden und kiinftigen politischen

Initiativen und Instrumenten nicht ausreichend analysiert und nicht klar erldutert, wie
das Zusammenspiel zwischen angebots- und nachfrageseitigen MalBnahmen
Synergien gewihrleisten wird;

o die Analyse des Risikos einer ineffizienten Ressourcenzuweisung ist nicht
ausreichend dargelegt.

Die Stellungnahmen des Ausschusses sowie die endgiiltige Folgenabschitzung und ihre
Zusammenfassung werden zusammen mit diesem Vorschlag veroffentlicht.

Die Folgenabschitzung stiitzt sich auf drei spezifische Ziele, mit denen die ermittelten
Problemursachen beseitigt werden sollen. Fiir jedes spezifische Ziel werden drei
Politikoptionen auf der Grundlage der Ebene des politischen Eingreifens, des Umfangs, der
Effizienz und Kohidrenz sowie des Grundsatzes der VerhiltnisméBigkeit und des
Subsidiarititsprinzips dargelegt.

Bei der Politikoption 0 (PO0) wiirde das derzeitige Chip-Gesetz ohne Anderungen weiter
angewandt. Das bestehende FEI-Programm im Rahmen der Sdule I und derselbe Ansatz fiir
die Forderung von Investitionen durch staatliche Beihilfen wiirde beibehalten (unter
Verwendung des Rahmens flir Neuartiges gemif3 den geltenden Vorschriften fiir staatliche
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Beihilfen). Es gibe keine zusitzlichen Haushaltsmittel der Union fiir Sdule II. Im Rahmen der
Sdule IIT wiirde der derzeitige Krisenreaktionsmechanismus beibehalten, der sich (aufer in
einer Krise) auf ein System der freiwilligen Datenerhebung aus dem Privatsektor stiitzt. Diese
Politikoption wiirde keine politischen MaBBnahmen iiber den Anwendungsbereich des derzeit
geltenden Chip-Gesetzes hinaus beinhalten.

Bei der Politikoption 1 (PO1) — dem horizontalen (,,marktféordernden*) politischen
Ansatz — wiirde der Schwerpunkt auf der Verbesserung der allgemeinen Rahmenbedingungen
liegen. Dies wiirde eine verstirkte Unterstiitzung von Forschung, Entwicklung und
Innovation, Investitionen in Kompetenzen und die Schaffung eines giinstigen
Investitionsumfelds umfassen. Fiir die Massenfertigung und den Entwurf, insbesondere
fiir KI-Chips, wiirde keine zusétzliche Finanzierung auf Unionsebene eingefiihrt. Bei
diesem Ansatz wire die EU langfristig darauf angewiesen, Anbieter aus Drittlaindern, die in
der Lage sind, modernste Chips herzustellen, und globale Chipentwurfsunternechmen
anzuziehen.

Die Politikoption 2 (PO2) — der vertikale (,proaktive®) industriepolitische Ansatz —
wiirde auf den horizontalen Maflnahmen aufbauen, diese jedoch durch gezielte finanzielle
Interventionen ergénzen, insbesondere durch strategische Projekte, die im Rahmen des
vorgeschlagenen Européischen Fonds fiir Wettbewerbsfihigkeit gefordert werden konnen.
Dieser Ansatz baut auf europdischen Technologieressourcen auf, die im Rahmen des ersten
Chip-Gesetzes geschaffen wurden, insbesondere Pilotanlagen, und setzt dies durch
industrielle Einfiihrung um. Durch die Schaffung einer klaren auf EU-Ebene angesiedelten
Dimension fiir die Finanzierung von Industrieprojekten und die Ermoglichung
grenziiberschreitender Investitionen in der gesamten Wertschopfungskette wiirde dieser
Ansatz darauf abzielen, die Fragmentierung zu verringern und gleichzeitig die
Wettbewerbsfahigkeit, Resilienz und technologische Souverédnitdt Europas zu stirken. Der
Mehrwert bestiinde in dem Bestreben, so ,,Made in Europe‘-Technologien zu schaffen.

Insgesamt wird PO2 bevorzugt, da sie die wirksamste und verhéltnismaBigste Antwort auf
die festgestellten Probleme bietet, gleichzeitig die Subsidiaritit wahrt und den
Verwaltungsaufwand minimiert. Mit ihr wird auf die Ergebnisse der Bewertung reagiert, in
der eine stirkere Integration von Ful- und industriellen Einfiihrungstéitigkeiten, Wege einer
rascheren Industrialisierung und wirksamere Mechanismen zur Gewinnung von Erkenntnissen
zu Lieferketten gefordert werden.

. Effizienz der Rechtsetzung und Vereinfachung

Die bevorzugte Politikoption (PO2) fiihrt zu einer Vereinfachung, indem ein koordinierter
Rahmen fiir strategische Projekte auf EU-Ebene eingefiihrt wird. Eine einzige Projektpipeline
fir grol angelegte Halbleiterinvestitionen  verhindert die Duplizierung von
Verwaltungsschritten und sich wiederholende Dokumentationspflichten. Durch die
Prizisierung des Anwendungsbereichs der ,,Neuartigkeit werden neuartige Verfahren sowohl
fiir die Mitgliedstaaten als auch fiir die Unternehmen weiter vereinfacht. Dartliber hinaus wird
das Konzept eines Konsortiums fiir eine europédische Chip-Infrastruktur im Rahmen der Chip-
Verordnung 2.0 aus Griinden der Vereinfachung gestrichen, da es nach dem derzeit geltenden
Gesetz nie verwendet wurde. Ein weiterer Effizienzgewinn ergibt sich aus schnelleren und
berechenbareren Genehmigungsverfahren. Die Genehmigungs- und Entwurfsphasen fiir
fortgeschrittene Halbleiteranlagen in der EU sind im Durchschnitt 7,5 Monate langer als in
wichtigen konkurrierenden Rechtsordnungen. Unter der Annahme, dass die Gesamtkosten in
jedem Jahr der Verzogerung um rund 5 % wachsen, bedeutet dies zusétzliche Kosten in Hohe
von rund 3,125 % der Gesamtinvestition. Dies entspriache beispielsweise rund 625 Mio. EUR
fiir eine fortgeschrittene Fertigungsanlage im Wert von 20 Mrd. EUR. Durch die
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Verringerung des wiederholten Austauschs mit den Behorden und die Kliarung der
Genehmigungspfade fiihrt PO2 zu erheblichen impliziten Kosteneinsparungen, die die mit der
Einhaltung der Vorschriften verbundenen Kosten iliberwiegen. Ein weiterer Vorteil der
Vereinfachung besteht darin, dass krisenbedingte Ad-hoc-Auskunftsersuchen durch eine
strukturierte Unternehmensplattform fiir die Halbleiterlieferkette ersetzt werden. Dies
verringert Doppelarbeit und verbessert die Koordinierung zwischen den Mitgliedstaaten.

Im Rahmen des ,,One-in-one-out“-Ansatzes verursacht PO2 einen begrenzten zusétzlichen
Verwaltungsaufwand, der weitgehend durch strukturelle Vereinfachungen ausgeglichen wird.
Neu hinzugefiigte Elemente fiir Unternehmen bestehen in erster Linie in der Offenlegung von
Schwachstellen in der Lieferkette. Der diesbeziigliche Aufwand wird auf bis zu
10 Personentage pro Antrag geschétzt, was etwa 2 783 EUR pro GroBunternehmen ausmacht
und Gesamtkosten von bis zu 1,34 Mio. EUR pro Antrag bei einem umfassenden Szenario
ergibt. Diese Mehrbelastung wird durch gestrichene Elemente in Form von weniger
dringenden und sich {iberschneidenden Datenabrufen bei Krisen, einem gestrafften
Informationsaustausch und einem geringeren internen Uberwachungsaufwand aufgrund der
teilweisen Auslagerung von Marktforschungstétigkeiten an die Plattform ausgeglichen. Fiir
die Unternehmen bedeutet dies einen Netto-Verwaltungsaufwand, der darin besteht, mit der
Beteiligung an der Plattform zu beginnen und Schwachstellen offenzulegen. Dies wird jedoch
weitgehend durch die Versorgungssicherheit ausgeglichen, die dieser Datenaustausch mit sich
bringen wird. Dariiber hinaus werden in der ersten Phase Bewertungen lediglich auf
qualitativer Grundlage vorgenommen, es sei denn, es liegt eine offizielle Krise vor.

o Grundrechte

Artikel 16 der Charta der Grundrechte der Europdischen Union (im Folgenden ,,Charta*) sieht
die Anerkennung der unternehmerischen Freiheit vor. Die Maflnahmen im Rahmen der
Saulen I und II dieses Vorschlags schaffen Innovationskapazititen und férdern die Sicherheit
der Versorgung mit Halbleitern, wodurch die unternehmerische Freiheit im Einklang mit dem
Unionsrecht und den nationalen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten gestirkt werden
kann. Allerdings konnen einige Maflnahmen im Rahmen der Saule III, die erforderlich sind,
um der Tatsache Rechnung =zu tragen, dass schwerwiegende Storungen der
Halbleiterversorgung in der Union die unternehmerische Freiheit und die Vertragsfreiheit, die
durch Artikel 16 der Charta geschiitzt sind, sowie das Eigentumsrecht, das durch Artikel 17
der Charta geschiitzt ist, voriibergehend einschrinken konnen. Jede Einschrinkung jener
Rechte durch diesen Vorschlag wird gemal3 Artikel 52 Absatz 1 der Charta gesetzlich geregelt
sein und den Wesensgehalt jener Rechte und Freiheiten achten sowie den Grundsatz der
VerhiltnisméaBigkeit wahren.

Die Verpflichtung, der Kommission bestimmte Informationen offenzulegen, sofern bestimmte
Bedingungen erfiillt sind, achtet den Wesensgehalt der unternehmerischen Freiheit und
beeintrachtigt diese nicht unverhéltnisméBig (Artikel 16 der Charta). Alle Auskunftsersuchen
entsprechen der dem Gemeinwohl dienenden Zielsetzung der Union, mogliche Maflnahmen
zur Einddmmung einer Krise infolge von Lieferengpéssen bei Halbleitern zu ermitteln. Solche
Auskunftsersuchen sind geeignet und wirksam, um dieses Ziel zu erreichen, weil damit die fiir
die Bewertung der derzeitigen Krise erforderlichen Informationen eingeholt werden. Die
Kommission fordert grundsétzlich Informationen nur von den Vertretungsorganisationen an
und kann lediglich dann zusdtzlich Anfragen an einzelne Unternehmen richten, wenn dies
erforderlich ist. Angesichts der schwerwiegenden wirtschaftlichen und gesellschaftlichen
Folgen von Halbleiterknappheit und der entsprechenden Bedeutung von AbhilfemaBBnahmen
sind Auskunftsersuchen im Hinblick auf das angestrebte Ziel verhdltnisméBig. Dariiber hinaus
werden die Beschrinkungen der unternehmerischen Freiheit und des Eigentumsrechts
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angemessene Garantien vorgesehen. Ein Auskunftsersuchen kann nur in einer Krisensituation
gestellt werden, in der die Kommission mit einem Durchfiihrungsrechtsakt die Krisenstufe
aktiviert hat.

Die Verpflichtung zur Annahme und Priorisierung vorrangiger Auftrdge achtet den
Wesensgehalt der unternehmerischen Freiheit und der Vertragsfreiheit (Artikel 16 der Charta)
sowie des Figentumsrechts (Artikel 17 der Charta) und wahrt den Grundsatz der
VerhiltnismaBigkeit. Diese Verpflichtung entspricht der dem Gemeinwohl dienenden
Zielsetzung der Union, zu gewdhrleisten, dass kritische Sektoren, die infolge der
Halbleiterknappheit von Lieferstorungen betroffen sind, den Betrieb aufrechterhalten. Die
Verpflichtung ist angemessen und wirksam, um dieses Ziel zu erreichen, weil damit
sichergestellt wird, dass die verfiigbaren Ressourcen vorrangig flir die an diese Sektoren
gelieferten Erzeugnisse eingesetzt werden. Keine andere Mafinahme ist so wirksam. In einer
Krisensituation ist es verhdltnisméBig, bestimmte Unternehmen zu verpflichten, bestimmte
Auftrige anzunehmen und vorrangig zu behandeln. Zu diesen Unternechmen gehoren
Halbleiterfertigungsanlagen, die die Anerkennung als ,europdische
Halbleitertechnologieinitiativen” beantragt haben, andere Halbleiterfertigungsanlagen, die
eine solche Moglichkeit als Gegenleistung fiir den Erhalt offentlicher Unterstiitzung
akzeptiert haben, oder Unternehmen entlang der Halbleiterlieferkette, die einem vorrangigen
Auftrag aus einem Drittland unterliegen, soweit die Versorgungssicherheit in kritischen
Sektoren beeintrdchtigt ist. Angemessene Garantien stellen sicher, dass etwaige negative
Auswirkungen der Priorisierungspflicht auf das Recht auf unternehmerische Freiheit, die
Vertragsfreiheit und das FEigentumsrecht nicht auf eine Verletzung dieser Rechte
hinauslaufen. Eine Verpflichtung zur vorrangigen Behandlung bestimmter Auftrige kann nur
in einer Krisensituation auferlegt werden, in der die Kommission mit einem
Durchfiihrungsrechtsakt die Krisenstufe aktiviert hat. Das betreffende Unternehmen kann die
Kommission ersuchen, den vorrangigen Auftrag zu iiberpriifen, wenn es den Auftrag nicht
ausfithren kann oder wenn die Ausfithrung des Auftrags eine unzumutbare wirtschaftliche
Belastung darstellen und eine besondere Hérte mit sich bringen wiirde. Dariiber hinaus ist das
der Verpflichtung unterliegende Unternehmen von jeglicher Haftung fiir Schdden befreit, die
wegen der Verletzung vertraglicher Verpflichtungen aufgrund der Erfiillung der
Verpflichtung entstehen.

4. AUSWIRKUNGEN AUF DEN HAUSHALT

Haushaltsauswirkungen ergeben sich aus der Personalausstattung der
Kommissionsdienststellen und der Unterstiitzung bei der Einrichtung einer
Unternehmensplattform fiir die Halbleiterlieferkette. Der Vorschlag erfordert personelle
Ressourcen fiir die im Vorschlag vorgesehenen Aufgaben, fiir die die Kommission zusténdig
wire. Einige der Aufgaben konnen erfiillt werden, indem vorhandenes Personal, das derzeit
mit dhnlichen Aufgaben befasst ist, z. B. im Zusammenhang mit der Programmiiberwachung,
dem Aufbau von Kontakten mit Interessentragern und der Berichterstattung iiber Tatigkeiten
im Bereich Forschung und Entwicklung und Kapazititsaufbau im Rahmen der Siule I,
umgeschichtet wird. Fiir andere Aufgaben wird zusitzliches Personal benétigt, z. B. fur die
Uberwachung strategischer Projekte, einschlieBlich Uberwachung von Etappenzielen und
Ergebnissen, Konformitétspriifungen (staatliche Beihilfen, Vergabe offentlicher Auftrige),
grenziibergreifende Koordinierung mit den Mitgliedstaaten, administrative (nicht fiskalische)
Aufsicht und Berichterstattung an den Rat/das Parlament. Dariiber hinaus beinhaltet der
Vorschlag zusitzliche Aufgaben im Zusammenhang mit der Unternehmensplattform fiir die
Halbleiterlieferkette, z. B. die Uberwachung der Halbleiterlieferketten, Analyse- und
Krisenvorsorgefunktionen, die Bearbeitung von Auskunftsersuchen (RFIs) und die
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Uberpriifung und Aggregation von Daten in der Vorkrisenphase sowie die
sektoreniibergreifende Koordinierung mit Interessentrdgern aus der Industrie.

Die Unterstiitzung fiir die Einrichtung und den Betrieb einer Unternehmensplattform fiir die
Halbleiterlieferkette erfordert operative Ausgaben in Hoéhe von 70 Mio. EUR. Die
Kommission wiirde die Plattform unterstiitzen.

Weitere Einzelheiten zu den Auswirkungen auf den Haushalt enthélt der diesem Vorschlag
beiliegende Finanz- und Digitalbogen zu Rechtsakten.

Zusitzlich zu den oben genannten Auswirkungen auf den Haushalt konnen operative und
administrative Mittel fiir die Umsetzung der Initiative ,,Chips fiir Europa 2.0 und
strategischer Projekte im MFR 2028-2034 erst zu einem spéteren Zeitpunkt beantragt werden.

S. SONSTIGE ASPEKTE

. Durchfiihrungspline sowie Uberwachungs-, Bewertungs- und
Berichterstattungsmodalitiiten

Die Kommission wird fiir die regelmiBige Uberwachung der Durchfiihrung der MaBnahme
zustindig sein. Dies kann durch externe Studien sowie Daten der Mitgliedstaaten und
Marktdaten unterstiitzt werden. Die Kommission wird eine umfassende Bewertung der
Wirksamkeit, Effizienz, Kohdrenz, VerhiltnismadBigkeit und Subsidiaritdit der Chip-
Verordnung 2.0 durchfiihren. Innerhalb von vier bis fiinf Jahren nach Geltungsbeginn der
Verordnung wird dem Europdischen Parlament, dem Rat, dem Europdischen Wirtschafts- und
Sozialausschuss und dem Ausschuss der Regionen ein Bewertungsbericht mit den
wichtigsten Ergebnissen vorgelegt. Diesem Bericht kann die Kommission gegebenenfalls
Vorschldge zur Verbesserung oder Anpassung der Chip-Verordnung 2.0 beifligen.

Dieser Uberpriifungsmechanismus folgt dem Ansatz, der im Rahmen des ersten Chip-
Gesetzes festgelegt wurde. Er gewéhrleistet Kontinuitit, Vergleichbarkeit der Ergebnisse und
eine langfristige Perspektive der politischen Ergebnisse. Die Kommission wird in enger
Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten die Umsetzung und Anwendung der
Rechtsvorschriften regelméfig iiberwachen und dabei besonders auf die Wirksamkeit der
erlassenen MaBnahmen achten. Die Uberwachungstitigkeiten werden sich auf quantitative
und qualitative Indikatoren auf der Grundlage von Daten stiitzen, die von Interessentrigern
der gesamten Halbleiterwertschopfungskette, den Mitgliedstaaten und den einschldgigen EU-
Einrichtungen bereitgestellt werden. Der Gesamterfolg der Initiative wird anhand von
Belegen fiir eine verbesserte Versorgungssicherheit bewertet. Dazu gehoren Fortschritte im
Hinblick auf einschldgige messbare Aspekte wie den Anteil der EU an der weltweiten
Halbleiterproduktion und Verédnderungen bei der Marktkonzentration. Die Durchfiihrung der
Chip-Verordnung 2.0 und ihrer flankierenden MaBnahmen wird es ermdoglichen, die
spezifischen Ziele, den erwarteten Nutzen und die damit verbundenen Auswirkungen
systematisch zu verfolgen.

Zur Durchfiihrung der Bewertung stellen die Mitgliedstaaten und die zustdndigen nationalen
Behorden der Kommission auf deren Ersuchen erforderliche, sachdienliche Informationen zur
Verfiigung.

. Ausfiihrliche Erliduterung einzelner Bestimmungen des Vorschlags
1.1. Kapitel I — Allgemeine Bestimmungen

In Kapitel I wird der Gegenstand der Verordnung dargelegt. Dariliber hinaus enthilt es die
Begriffsbestimmungen, die in diesem Rechtsinstrument durchweg verwendet werden. Mit der
Verordnung wird die Initiative ,,Chips fiir Europa® (jetzt Initiative ,,Chips fiir Europa 2.0%)
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fortgesetzt und weiterentwickelt. Im Rahmen der Sdulel werden die notwendigen
Voraussetzungen fiir die Stirkung der Kapazititen der Union fiir industrielle Innovation
geschaffen und MaBnahmen zur Ankurbelung der Nachfrage festgelegt. Im Rahmen der
Sdule I werden die Kriterien fiir die Anerkennung und Unterstiitzung europdischer
Halbleitertechnologieinitiativen, bei denen es sich um neuartige Initiativen handelt, und
strategischer Projekte festgelegt, die die Versorgungssicherheit und die Resilienz des
Halbleiterokosystems der Union fordern. Im Rahmen der Saule III werden Mallnahmen zur
Verbesserung des Koordinierungsmechanismus zwischen den Mitgliedstaaten und der
Kommission festgelegt, der urspriinglich mit der Verordnung (EU) 2023/1781 (Chip-Gesetz)
eingerichtet wurde.

1.2. Kapitel II — Initiative ,,Chips fiir Europa 2.0

In Kapitel IT liegt der Schwerpunkt auf der Initiative ,,Chips fiir Europa 2.0, mit der die
Wettbewerbsfahigkeit, Resilienz und Innovationskapazitit der Union gestirkt werden sollen.
Durch Investitionen in die Initiative ,,Chips fiir Europa 2.0 sollte die Union ihre Forschungs-
und Technologieentwicklungen wirksamer in nachfrageorientierte, anwendungsbezogene,
sichere und energieeffiziente Halbleitertechnologien hochster Qualitdt umwandeln kdnnen.
Gleichzeitig sollte die Union ihrer Zulieferindustrie die Moglichkeit bieten, von solchen
Investitionen zu profitieren.

Zu diesem Zweck enthilt dieses Kapitel die allgemeinen Bestimmungen und Ziele der
Initiative ,,Chips flir Europa®, die urspriinglich mit der Verordnung (EU)2023/1781
eingerichtet wurde. Die Initiative ,,Chips fiir Europa 2.0 zielt darauf ab, in der gesamten
Union einen umfassenden Kapazititsaufbau im Bereich der bestehenden hochmodernen
Halbleitertechnologien und der Halbleitertechnologien der nédchsten Generation zu
unterstiitzen. Die Initiative ,,Chips flir Europa 2.0“ hat nun sechs Komponenten: 1)
Entwurfskapazititen fiir integrierte Halbleitertechnik, 2) Pilotanlagen zur Vorbereitung einer
innovativen Produktion sowie Erprobungs- und Versuchseinrichtungen, 3) fortgeschrittene
technologische und ingenieurstechnische Kapazititen zur Beschleunigung der Entwicklung
von Quantenchips, 4) ein Netz der Kompetenzzentren und Kompetenzentwicklung, 5)
Tatigkeiten im Rahmen des ,,Chip-Fonds* fiir den Zugang von Start-ups, Scale-ups und KMU
zu Kapital, und 6) Aufbau und Stdrkung fortgeschrittener Kapazititen fiir den Entwurf, die
Prototypentwicklung und die industrielle Einfiihrung photonisch integrierter Schaltungen in
der gesamten Union. Die Initiative ,,Chips fiir Europa 2.0 legt einen starken Schwerpunkt auf
Industrialisierung und nachfrageférdernde Mallnahmen wie die Grofen Herausforderungen,
das Nachfrageforum und die Nachfragebeschleuniger.

Die Initiative ,,Chips fiir Europa 2.0 soll durch Mittel aus dem Programm Horizont Europa
und dem Programm Digitales Europa im Zuge des derzeitigen MFR, insbesondere des neuen
spezifischen Ziels 6 des Programms Digitales Europa, unterstiitzt und im Einklang mit den
Verordnungen zur Einrichtung dieser Programme und gegebenenfalls deren Nachfolgern
durchgefiihrt werden, unbeschadet der MFR-Verhandlungen.

Die Verordnung sieht einen Verfahrensrahmen vor, um die kombinierte Finanzierung durch
die Mitgliedstaaten, unbeschadet der Vorschriften {iiber staatliche Beihilfen, den
Unionshaushalt und private Investitionen zu erleichtern.

Das Kapitel enthélt auch Bestimmungen iiber die Durchfiihrung. Mit der Umsetzung der
Initiative ,,Chips fiir Europa 2.0 wird in erster Linie auch das Gemeinsame Unternehmen fiir
Chips und gegebenenfalls das gemeinsame Unternehmen oder jede andere &hnliche
Einrichtung oder Initiative betraut, das/die an dessen Stelle tritt und durch Unionsrecht im
Rahmen eines nachfolgenden mehrjdhrigen Finanzrahmens eingerichtet wird. Anhang I
enthdlt die technische Beschreibung der MalBnahmen. Anhang III enthédlt messbare
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Indikatoren fiir die Uberwachung der Durchfiihrung und die Berichterstattung iiber die
Fortschritte bei der Verwirklichung der Ziele der Initiative ,,Chips fiir Europa 2.0“. Der
Kommission wird die Befugnis iibertragen, delegierte Rechtsakte zur Anderung der Liste der
messbaren Indikatoren zu erlassen. Die Initiative ,,Chips fiir Europa 2.0 baut auf den
vorhandenen Starken Europas in der globalen Halbleiterwertschopfungskette auf und verstirkt
Synergien mit MafBlnahmen, die derzeit von der Union und den Mitgliedstaaten unterstiitzt
werden. Um ihre positiven Auswirkungen zu maximieren, sollte die Initiative ,,Chips flir
Europa 2.0 daher die Schaffung von Synergien mit den in Anhang IV beschriebenen
Unionsprogrammen ermoglichen.

1.3. Kapitel III — Versorgungssicherheit und Nachfrage

In Kapitel IIT Abschnitt 1 wird der Rahmen fiir europédische Halbleitertechnologieinitiativen
und strategische Projekte festgelegt. Die Kommission kann Projekte innerhalb der
Halbleiterwertschopfungskette in der Union oder in einem Drittland als strategische Projekte
anerkennen, wenn die Projekte die folgenden Kriterien erfiillen: Sie schaffen einen
erheblichen Mehrwert fiir die EU, indem sie einen wesentlichen Beitrag zu Zielen von
gemeinsamem Unionsinteresse leisten; sie weisen eine klare grenziiberschreitende Dimension
auf; sie tragen zur Verbesserung der Unumganglichkeit, der Resilienz und des Erfolgs der
Halbleiterwertschopfungskette der Union bei; und sie tragen dazu bei, die technologische
Souverinitit und die technologische Fiihrungsposition Europas erheblich zu stérken.

Die Technologiebereiche, die als potenzielle Bereiche fiir die Anerkennung strategischer
Projekte ermittelt wurden, sind in Anhang II aufgefiihrt.

Abschnitt 2 des Kapitels enthdlt Bestimmungen fiir die Beschleunigung von
Genehmigungsverfahren fiir europédische Halbleitertechnologieinitiativen und strategische
Projekte. Ferner wird darin die Nutzung europdischer Unternehmensbrieftaschen als zentrale
Zugangsportale fiir die Einreichung eines einheitlichen Genehmigungsantrags fiir europdische
Halbleitertechnologieinitiativen und strategische Projekte beschrieben.

In Kapitel IIT Abschnitt 3 werden die Ziele des Giitesiegels fiir Halbleiterexzellenzregionen
sowie die Zielvorstellung fiir den Investitionsplan der europidischen Halbleiterregion und
dessen Umfang beschrieben.

Kapitel Il Abschnitt 4 dreht sich um Maflnahmen zur Stirkung der Resilienz der
Lieferketten, insbesondere bei der Vergabe offentlicher Auftrage flir kritische Infrastrukturen
und in bestimmten Wirtschaftszweigen, die als risikoanfdllige Sektoren ermittelt wurden.

1.4. Kapitel IV — Uberwachung und Krisenreaktion

Kapitel IV enthélt einen Mechanismus fiir die koordinierte Uberwachung der
Halbleiterwertschopfungskette und fiir die Reaktion auf Storungen bei der Lieferung von
Halbleitern, die sich auf das reibungslose Funktionieren des Binnenmarkts auswirken.

In Abschnitt 1 wird ein umfassendes System zur strategischen Kartierung des
Halbleitersektors der EU festgelegt, mit dem Schwachstellen, Abhingigkeiten und der
kiinftige Bedarf zur Erhohung der Lieferkettenresilienz ermittelt werden sollen. Die
Kommission muss in Zusammenarbeit mit dem ESB eine eingehende Analyse der kritischen
Aspekte durchfiihren. Dazu gehoren wichtige von Halbleitern abhingende Wirtschaftszweige
und Infrastrukturen (z. B. im Gesundheitswesen, in der Verteidigung und im digitalen Sektor),
Lieferkettensegmente (vom Entwurf bis zur Fertigung und zu Werkstoffen), technologische
Abhéngigkeiten (insbesondere von Drittlindern), der Fachkréiftemangel und potenzielle
Risiken, einschlieBlich solcher, die sich aus unzureichenden Investitionen oder geopolitischen
Storungen ergeben. Bei der Kartierung werden auch die moglichen Auswirkungen von
Kriseninterventionen (z. B. vorrangige Auftrige oder Ausfuhrkontrollen gemi3 den
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Artikeln 41 bis 43) bewertet. Die Ergebnisse werden dem ESB regelméBig als Grundlage fiir
politische Entscheidungen tibermittelt.

Um Risiken proaktiv zu {iberwachen, muss die Kommission auf der Grundlage der
Kartierungsergebnisse eine Liste von Frithwarnindikatoren (z. B. fiir Versorgungsengpisse,
Nachfragespitzen oder geopolitische Spannungen) erstellen und regelméfig aktualisieren. Das
Verfahren beruht in erster Linie auf 6ffentlich zugénglichen Daten und auf nicht vertraulichen
Beitrdgen aus der Industrie. Die Kommission kann jedoch zusitzliche auf freiwillige
Auskiinfte von Halbleiterunternechmen erbitten, wenn Liicken bestehen, und zwar zum Schutz
der Vertraulichkeit iiber standardisierte, sichere Kanéle. Alle erhobenen Daten unterliegen
strengen Vertraulichkeitsvorschriften (Artikel 50), und die Kommission stellt Leitlinien
bereit, um einen kohidrenten und sicheren Informationsaustausch zu gewihrleisten. Der
Rahmen und die Methodik fiir die Kartierung werden ebenfalls regelmaBig tiberpriift, um sie
an sich wandelnde sektorale Herausforderungen anzupassen. SchlieBlich zielt dieses System
darauf ab, Stérungen zu antizipieren, strategische Investitionen zu lenken und die Autonomie
der EU im Halbleiterbereich zu stirken.

In Abschnitt 1 werden auch die Einrichtung und die Ziele der Unternehmensplattform fiir die
Halbleiterlieferkette beschrieben. Die Plattform wird ein digitaler Zwilling der
Halbleiterlieferkette sein, mit dessen Hilfe ihre Transparenz und Resilienz erhoht werden soll.
Der gesetzliche Vertreter der Plattform wird die Kommission iiber gegenwirtige oder zu
erwartende Storungen der Halbleiterlieferkette informieren.

Abschnitt 2 enthélt die Vorschriften fiir die Aktivierung der Halbleiterkrisenstufe sowie die
NotmaBnahmen, die zur Bewiéltigung der Krise ergriffen werden konnen.

Dabei geht es zundchst um die Verpflichtung der zustindigen nationalen Behorden, die
Kommission so bald wie mdglich zu warnen, wenn sie ein Risiko einer schwerwiegenden
Lieferstorung oder eine andere glaubwiirdige Bedrohung der Verfiigbarkeit von Halbleitern
feststellen. Dadurch wird eine priventive Phase ausgelost, in der die Kommission rasch
handeln und eine auBlerordentliche Sitzung des ESB einberufen muss. Zu den Aufgaben des
ESB gehort es, die Schwere der Storung zu bewerten, und zwar unter anderem mithilfe
praventiver Auskunftsersuchen und durch die Erdrterung der Frage, ob ein offizielles
Krisenverfahren eingeleitet werden soll. Dariiber hinaus kann die Kommission Drittlander
konsultieren, um nach gemeinsamen Losungen zu suchen, und die nationalen Behdrden
auffordern, die Krisenvorsorge der wichtigsten Marktteilnehmer zu bewerten.

Wird eine gemeinsame Auftragsvergabe fiir notwendig erachtet, muss sie den EU-
Vorschriften flir die Vergabe offentlicher Auftrage (Richtlinien 2014/23/EU, 2014/24/EU und
2014/25/EU) entsprechen, um Transparenz und Wettbewerb zu bewahren. Die Erhebung von
Informationen ist ein weiteres wichtiges Werkzeug. Die Kommission kann priventive
Auskunftsersuchen an die Unternehmensplattform fiir die Halbleiterlieferkette richten, wobei
Schutzvorkehrungen fiir sensible Geschéftsinformationen zu treffen sind. Die Kommission
kann praventive Auskunftsersuchen auch an einzelne Unternehmen richten, wenn diese nicht
an der Plattform beteiligt sind. Die Antworten werden dem ESB und den betreffenden
Mitgliedstaaten iibermittelt, um eine kollektive Bewusstseinsbildung zu gewihrleisten.

Die Krisenstufe wird in diesem Rahmen nur dann ausgerufen, wenn zwei Bedingungen erfiillt
sind: 1) schwerwiegende Storungen der Lieferkette, die zu erheblichen Versorgungsengpéssen
fihren, und 2) schwerwiegende Auswirkungen auf kritische Sektoren (z. B.
Gesundheitswesen, Verteidigung oder digitale Infrastruktur), die die gesellschaftliche,
wirtschaftliche oder sicherheitspolitische Stabilitdt bedrohen. Nach Anhérung des ESB kann
die Kommission dem Rat, der mit qualifizierter Mehrheit beschlieft, die Aktivierung der
Krisenstufe vorschlagen. Die Krisenstufe dauert bis zu 12 Monate, mit moglichen
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Verldangerungen, wenn dies gerechtfertigt ist, und erfordert eine regelmifige Berichterstattung
an das ESB und das Europdische Parlament. In dieser Phase miissen die Mitgliedstaaten ihre
nationalen Malnahmen iiber das ESB koordinieren, um fragmentierte Reaktionen zu
vermeiden. Nach dem Ende der Krise muss die Kommission die Uberwachung der Lieferkette
innerhalb von sechs Monaten unter Berilicksichtigung der gewonnenen Erkenntnisse
aktualisieren. Die Bestimmungen {iber die Aktivierung der Krisenstufe bleiben entsprechend
der Einigung der beiden gesetzgebenden Organe gegeniiber den Bestimmungen des ersten
Chip-Gesetzes unveriandert und sind weiterhin zweckmafig.

In Abschnitt 3 werden die MaBBnahmen dargelegt, die zur Bewdltigung von Halbleiterkrisen
in der Union erforderlich sind.

Nach Artikel 41 kann die Kommission von Unternehmen der Halbleiterlieferkette
Produktions- und Stérungsdaten anfordern, um die Krise und mogliche Ldsungen zu
bewerten. Solche Ersuchen diirfen nur gestellt werden, wenn dies unbedingt erforderlich ist,
und diirfen die nationale Sicherheit nicht gefahrden.

Artikel 42 ermoglicht es der Kommission, Halbleiterhersteller zu verpflichten, Auftragen fiir
krisenkritische Produkte Vorrang vor bestehenden Vertrdgen einzurdumen.

Mit Artikel 43 wird eine gemeinsame Beschaffung eingefiihrt, bei der die Kommission als
Zentraleinkdufer fiir mehrere Mitgliedstaaten fungiert, die mit schwerwiegenden Engpéssen
konfrontiert sind. Dieser Mechanismus stérkt die Verhandlungsposition und verhindert, dass
EU-Léinder um ein begrenztes Angebot konkurrieren.

Der Kommission wird die Befugnis iibertragen, die Krisenstufe im Wege eines
Durchfiihrungsrechtsakts zu aktivieren, wenn konkrete, ernsthafte und zuverlissige Beweise
fiir eine Halbleiterkrise vorliegen. Eine solche Halbleiterkrise tritt ein, wenn bei der Lieferung
von Halbleitern schwerwiegende Storungen auftreten, die zu erheblichen Engpéssen fiihren,
welche erhebliche negative Auswirkungen auf einen oder mehrere wichtige Sektoren der
Union nach sich ziehen oder die Bereitstellung, Reparatur und Wartung wesentlicher
Produkte verhindern, die von Kkritischen Sektoren verwendet werden. In dem
Durchfiihrungsrechtsakt wird die Dauer der Krisenstufe oder ihre Verldngerung festgelegt.
Vor Ablauf der Krisenstufe muss die Kommission unter Beriicksichtigung der Stellungnahme
des ESB priifen, ob die Krisenstufe verlingert werden sollte. Wéhrend der Krisenstufe wird
das ESB auBlerordentliche Sitzungen abhalten, damit die Mitgliedstaaten eng mit der
Kommission zusammenarbeiten und nationale MalBlnahmen in Bezug auf die
Halbleiterlieferkette koordinieren kénnen.

L.5. Kapitel V — Governance

Kapitel V enthélt den Rahmen fiir den Fortbestand des ESB, das sich aus Vertretern der
Mitgliedstaaten zusammensetzt und dessen Vorsitz die Kommission fiithrt. Das ESB berit die
offentlichen Korperschaften des Gemeinsamen Unternehmens fiir Chips in Bezug auf die
Initiative ,,Chips fiir Europa 2.0 (Sdule I). Es wird die Kommission bei der Bewertung von
Antragen fiir europdische Halbleitertechnologieinitiativen und strategische Projekte beraten
und unterstiitzen (Séule II). Es wird sich mit der Kommission iiber die Fortschritte bei der
Umsetzung des Investitionsplans der Halbleiterregion austauschen, die Ermittlung
spezifischer kritischer Sektoren und Technologien erdrtern und vorbereiten sowie
Uberwachungs- und Krisenreaktionsfragen behandeln (Siule IIT). SchlieBlich unterstiitzt es
die einheitliche Anwendung der vorgeschlagenen Verordnung und erleichtert die
Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten. Das ESB unterstiitzt die Kommission bei der
internationalen Zusammenarbeit und bei strategischen Halbleiterpartnerschaften. Es
koordiniert dariiber hinaus einschldgige Krisenstrukturen, die im Rahmen des Unionsrechts
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eingerichtet wurden, und tauscht mit ihnen Informationen aus. Das ESB tritt in
unterschiedlichen Zusammensetzungen zusammen und hilt gesonderte Sitzungen fiir seine
Aufgaben im Rahmen der Séule I und fiir seine Aufgaben im Rahmen der Saulen II und III
ab. Die Kommission kann stindige oder voriibergehende Untergruppen des ESB einrichten
und Organisationen, die die Interessen der Halbleiterindustrie vertreten, sowie andere
Interessentrdger als Beobachter zu solchen Untergruppen einladen. Das ESB sollte
veranlassen, dass der Lenkungsausschuss der Industrieallianz fiir Halbleiter, der die
Tétigkeiten der Industrieallianz fiir Prozessoren und Halbleitertechnik itibernehmen wird,
eingeladen wird, mindestens einmal jdhrlich aktuelle Informationen vorzulegen.

Auf nationaler Ebene benennen die Mitgliedstaaten eine oder mehrere zustéindige nationale
Behorden und unter anderem eine nationale zentrale Anlaufstelle fiir die Zwecke der
Durchfiihrung der Verordnung.

1.6. Kapitel VI, VII, VIII — Schlussbestimmungen

In Kapitel VI wird die Verpflichtung aller Parteien hervorgehoben, die Vertraulichkeit
sensibler Geschéftsinformationen und Geschiftsgeheimnisse zu wahren. Die Verpflichtung
gilt fiir die Kommission, die zustindigen nationalen Behdrden und andere Behorden der
Mitgliedstaaten sowie fiir alle Vertreter und Sachverstdndigen, die an den Sitzungen des ESB
und des Ausschusses teilnehmen. Das Kapitel enthilt auBerdem Vorschriften fiir wirksame,
verhéltnismifBige und abschreckende Zwangsgelder und GeldbuBlen bei Nichteinhaltung der
Verpflichtungen aus dieser Verordnung, vorbehaltlich angemessener Garantien. Die
Kommission kann Zwangsgelder verhdngen, wenn die betreffenden Unternehmen in einer
Halbleiterkrise bestimmte Auftrige nicht annehmen und diesen keinen Vorrang einrdumen.
AufBlerdem kann die Kommission GeldbuBlen gegen Unternehmen verhdngen, die unrichtige,
unvollstindige oder irrefilhrende Angaben machen oder die Auskiinfte nicht innerhalb der
vorgeschriebenen Frist erteilen.

Kapitel VII  enthédlt Vorschriften und Bedingungen fiir die Ausiibung der
Befugnistibertragung und der Durchfiihrungsbefugnisse. Mit dem Vorschlag wird der
Kommission die Befugnis iibertragen, gegebenenfalls Durchfiihrungsrechtsakte zu erlassen,
um die Festlegung von Verfahren zu ermdglichen und die einheitliche Anwendung der
Verordnung zu gewihrleisten, sowie delegierte Rechtsakte zur Anderung des Anhangs I (der
darin festgelegten Tétigkeiten im Einklang mit den Zielen der Initiative ,,Chips fiir
Europa 2.0°) und des Anhangs III (der messbaren Indikatoren und der Bestimmungen iiber
die Einrichtung eines Uberwachungs- und Bewertungsrahmens zur Erginzung dieser
Verordnung).

Kapitel VIII erlegt der Kommission die Verpflichtung auf, dem Européischen Parlament und
dem Rat regelmiBige Berichte zur Bewertung und Uberpriifung der Verordnung zu
iibermitteln.
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2026/0139 (COD)
Vorschlag fiir eine

VERORDNUNG DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES

iiber einen Rahmen fiir MaBinahmen zur Stirkung des Halbleiterokosystems der Union

und zur Aufhebung der Verordnung (EU) 2023/1781 (Chip-Verordnung 2.0)

(Text von Bedeutung fiir den EWR)

DAS EUROPAISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPAISCHEN UNION —

gestiitzt auf den Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europédischen Union, insbesondere auf

Artikel 173 Absatz 3 und Artikel 114,

auf Vorschlag der Européischen Kommission,

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente,

nach Stellungnahme des Europiischen Wirtschafts- und Sozialausschusses®’,

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen?®,

gemil dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren,

in Erwégung nachstehender Griinde:

(1

2)

Mit der Verordnung (EU) 2023/1781 des Europiischen Parlaments und des Rates* zur
Schaffung eines Rahmens fiir MalBlnahmen zur Stirkung des europdischen
Halbleiterokosystems und zur Anderung der Verordnung (EU)2021/694 (Chip-
Gesetz) wurde ein umfassender Rahmen auf Unionsebene eingerichtet, um das
Halbleiterokosystem zu fordern und so die technischen Kapazititen der Union zu
stirken, ihre Resilienz zu verbessern und die Versorgungssicherheit zu gewihrleisten.

Die Bewertung®? der Verordnung (EU) 2023/1781 hat ergeben, dass die Verordnung
die Mobilisierung erheblicher offentlicher und privater Investitionen, den Aufbau
fortgeschrittener Infrastrukturen und die Einrichtung von Koordinierungs- und
Krisenvorsorgemechanismen ermoglicht und so zu einer besseren Zusammenarbeit
zwischen den Mitgliedstaaten und zum Funktionieren des Binnenmarkts beigetragen
hat. Die Bewertung hat gezeigt, dass die Verordnung (EU) 2023/1781 als Katalysator
fiir ein koordiniertes Vorgehen der Union in Bezug auf Halbleiter gedient hat, indem
sie die Forschungs- und Innovationskapazititen gestiarkt, Zugang zu technologischen
Infrastrukturen ermoglicht, einen Rahmen fiir Fertigungskapazititen sowie einen
Krisen- und Reaktionsmechanismus zur Antizipation potenzieller Stérungen
geschaffen hat. Gleichzeitig wurden bei der Bewertung strukturelle Mingel und

27
28
29

30

ABL C,,S..

ABL C,,S..

Verordnung (EU) 2023/1781 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 13. September 2023 zur
Schaffung eines Rahmens fiir MaBnahmen zur Stirkung des europiischen Halbleiter-Okosystems und
zur Anderung der Verordnung (EU) 2021/694 (Chip-Gesetz) (ABIL. L 229 vom 18.9.2023, S. 1, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1781/0j).

[Verweis auf den veroffentlichen Bewertungsbericht einzufiigen].
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3)

4

)

(6)

(7)

(8)

anhaltende Herausforderungen festgestellt, die die Wirksamkeit der Verordnung bei
der Bewiltigung sich wandelnder industrieller und wirtschaftlicher Bediirfnisse
einschrianken.

Wihrend sich der mit der Verordnung (EU) 2023/1781 geschaffene Rahmen bei der
Forderung von Innovation und Kapazititen in der Frithphase als wirksam erwiesen hat,
befindet sich der Ubergang von der technologischen Entwicklung zur Einfiihrung im
industriellen Mallstab nach wie vor in einem friihen Stadium. Lange
Investitionszyklen, strukturelle Abhéngigkeiten in kritischen Segmenten der
Wertschopfungskette und Sachzwinge bei der Ausweitung der Produktion
beeintriachtigen nach wie vor die Féhigkeit der Union, ein resilientes und
wettbewerbsfahiges Halbleiterokosystem zu schaffen.

Dariiber hinaus hat die Bewertung gezeigt, dass die begrenzte Verfiigbarkeit von
privatem Kapital, insbesondere fiir Finanzierungen in einer spiteren Phase, und
strukturelle Merkmale der Finanzmirkte das Wachstum und die Expansion von
Halbleiterunternehmen in der Union behindern. Gleichzeitig verringern die
Fragmentierung der Nachfrage in den verschiedenen Industriezweigen, die geringe
GroBe des Marktes und die unzureichende Koordinierung zwischen den Kaufern die
geschiftliche Tragfdhigkeit von Investitionen in die Fertigung und bergen die Gefahr
einer unzureichenden Auslastung neu entstehender Kapazititen.

Dariiber hinaus ist der Halbleitersektor zu einem Eckpfeiler der wirtschaftlichen
Stabilitdt, technologischen Souverénitdt und Sicherheit der Union geworden. Die
beschleunigte Integration fortgeschrittener digitaler Technologien, insbesondere
kiinstlicher Intelligenz (KI), hat die weltweite Nachfrage nach Halbleitern erheblich
gesteigert und gleichzeitig den Wettbewerb auf den internationalen Maérkten
intensiviert. Diese Entwicklungen haben strukturelle Schwachstellen in den
Halbleiterlieferketten der Union offenbart, darunter Abhéngigkeiten von wenigen
externen Lieferanten, unzureichende inldndische Produktionskapazititen und
Fragmentierung zwischen den Mitgliedstaaten.

Insbesondere die zunehmende Bedeutung von KI-Anwendungen hat zu einem Anstieg
der Nachfrage nach hochspezialisierten Chips wie fortgeschrittenen Halbleitern fiir
Logik- und Speicheranwendungen gefiihrt, die fiir das Training und den Einsatz
komplexer KI-Modelle unerldsslich sind. Dieser Trend diirfte sich fortsetzen,
bestehende Ungleichgewichte zwischen Angebot und Nachfrage weiter verstarken und
die ohnehin schon fragilen globalen Lieferketten zusitzlich belasten. Gleichzeitig
haben geopolitische Spannungen, Ausfuhrbeschrankungen und Stérungen im
Zusammenhang mit globalen Krisen die Risiken im Zusammenhang mit einer
iibermdfigen Abhingigkeit von der Fertigung in Drittlindern und einer begrenzten
Diversifizierung weiter verdeutlicht.

Angesichts dieser Entwicklungen muss der mit der Verordnung (EU) 2023/1781
geschaffene Rahmen gestirkt und ergiinzt werden, um den Ubergang von der
Innovation zum industriellen Malistab zu unterstiitzen, die Resilienz und die
wirtschaftliche Sicherheit zu stirken und das wirksame Funktionieren des
Binnenmarkts zu gewdhrleisten. Daher sollte die Verordnung (EU) 2023/1781
aufgehoben und durch die vorliegende Verordnung ersetzt werden.

Da die vorliegende Verordnung den mit der Verordnung (EU)2023/1781
geschaffenen Rahmen verstdrkt und ergénzt, ohne dessen grundlegende Ziele zu
andern, bleiben die Rechtsgrundlagen dieses Rahmens unverdndert.
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Daher sollte sich diese Verordnung auch auf Artikel 173 Absatz 3 des Vertrags iiber
die Arbeitsweise der Europdischen Union (AEUV) stiitzen, damit die Union
MaBnahmen zur weiteren Erhaltung und zum Aufbau von Kapazititen und zur
Stiarkung ihres Halbleiterokosystems ergreifen kann. Mit diesen Mallnahmen sollte
keine Harmonisierung nationaler Rechts- und Verwaltungsvorschriften verbunden
sein. Die Union sollte in dieser Hinsicht die Wettbewerbsfahigkeit und Resilienz der
technologischen und industriellen Basis fiir Halbleiter erhohen und gleichzeitig die
Innovationskapazitit des Halbleiterdkosystems in der gesamten Union stirken, die
Abhingigkeit von einigen wenigen Unternechmen in Drittlindern und von einigen
wenigen geografischen Gebieten verringern und ihre Kapazitit zum Entwurf und zur
Herstellung, zum Packaging, zur Wiederverwendung und zum Recycling
fortgeschrittener Halbleiter stirken. Die erstmals mit der Verordnung (EU) 2023/1781
eingerichtete Initiative ,,Chips fiir Europa“ sollte diese Ziele im Rahmen der
vorliegenden Verordnung weiterhin unterstiitzen, indem sie — {iber die SchlieBung der
Kluft zwischen den fortgeschrittenen Forschungs- und Innovationsfahigkeiten der
Union und deren nachhaltiger industrieller Nutzung hinaus — die Anstrengungen
weiter intensiviert und fiir eine wirksame Verwertung dieser Fihigkeiten in Form der
industriellen Produktion und Markteinfiihrung in der Union sorgt. Die Initiative
,Chips fiir Europa 2.0“ sollte weiterhin den Kapazitidtsautbau unterstiitzen, um
Entwurf, Produktion und Systemintegration bei Halbleitertechnologien der néchsten
Generation zu ermdglichen, sowie weiterhin die Zusammenarbeit zwischen wichtigen
Akteuren in der gesamten Union fordern, um die Halbleiterliefer-
und .wertschopfungsketten der Union zu stirken, wichtigen Industriesektoren
behilflich zu sein und neue Mérkte zu schaffen.

Um das wirksame Funktionieren des Binnenmarkts zu gewéhrleisten, sollte diese
Verordnung dariiber hinaus zur Schaffung eines kohirenten Unionsrahmens beitragen,
mit dem Dbestimmte Bedingungen und Koordinierungsmechanismen gemal
Artikel 114 AEUV angeglichen werden. Ein solcher Rahmen ist erforderlich, um
Hindernissen fiir das Funktionieren des Binnenmarkts vorzubeugen, die
Fragmentierung zu verringern und eine kohdrente und wirksame Reaktion auf Risiken
in der Lieferkette zu gewihrleisten und dabei gleichzeitig die Kohédrenz mit dem
Unionsrecht und internationalen Verpflichtungen zu wahren. Dies ist besonders
wichtig, wenn man bedenkt, dass Halbleiter eine Basistechnologie sind, die einem
breiten Spektrum wirtschaftlicher Tétigkeiten und kritischer Infrastrukturen in der
gesamten Union zugrunde liegt. Vor dem Hintergrund erhohter geopolitischer
Spannungen, des strategischen globalen Wettbewerbs und zunehmend wichtiger
Fragen der wirtschaftlichen Sicherheit ist das Halbleiterkosystem zu einem
Schliisselfaktor fiir die Stabilitdt und das Funktionieren des Binnenmarkts geworden.
Der Halbleitersektor ist durch komplexe grenziiberschreitende gegenseitige
Abhidngigkeiten entlang der  Wertschopfungskette — geprdgt, wobei  sich
hochspezialisierte Téatigkeiten auf verschiedene geografische Gebiete konzentrieren,
wihrend die nachgelagerten Anwenderbranchen in der gesamten Union verteilt sind.
Aufgrund dieser Merkmale diirften Storungen, Beschrinkungen oder Verzerrungen,
die sich auf die Halbleiterlieferketten auswirken, erhebliche grenziiberschreitende
Auswirkungen haben und das Funktionieren des Binnenmarkts beeintrachtigen.
Unterschiedliche nationale Maflnahmen zur Bewiltigung solcher Risiken kénnen zu
Fragmentierung fiihren, den  Wettbewerb  verzerren  und  gleichen
Wettbewerbsbedingungen im Binnenmarkt abtrdglich sein, insbesondere angesichts
des integrierten Charakters der Produktions- und Vertriebsnetze. Daher konnen die
Ziele der Gewihrleistung der Resilienz, der Sicherheit und des ordnungsgeméflen
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(11)

(12)

(13)

Funktionierens der Halbleiterlieferketten in der Union von den Mitgliedstaaten allein
nicht ausreichend verwirklicht, aufgrund ihres Umfangs und ihrer
grenziiberschreitenden Auswirkungen stattdessen aber besser auf Unionsebene erreicht
werden.

Die Verwirklichung dieser Ziele sollte weiterhin vom  Européischen
Halbleitergremium unterstiitzt werden, das sich aus Vertretern der Mitgliedstaaten
zusammensetzt und in dem die Kommission den Vorsitz fiihrt, um eine reibungslose,
wirksame und harmonisierte Durchfiihrung der vorliegenden Verordnung, die
Zusammenarbeit und den Informationsaustausch zu erleichtern. Das Européische
Halbleitergremium sollte die Kommission in bestimmten Fragen beraten und
unterstiitzen, unter anderem bei der einheitlichen Durchfiihrung dieser Verordnung,
der Erleichterung der Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten und dem
Informationsaustausch zu Angelegenheiten im Zusammenhang mit dieser Verordnung.
Das Europdische Halbleitergremium sollte die Kommission auch bei der
internationalen Zusammenarbeit im Zusammenhang mit Halbleitern, einschliefSlich
strategischer Halbleiterpartnerschaften, und bei der Erhebung von Informationen
beraten. In Sitzungen konnen verschiedene Untergruppen einbezogen werden.

Angesichts des globalisierten Charakters der Halbleiterlieferkette ist die internationale
Zusammenarbeit mit Drittlindern ein wichtiges Element, um das Halbleiterokosystem
der Union resilient zu machen. Die im Rahmen dieser Verordnung ergriffenen
MalBnahmen sollten die Union auch in die Lage versetzen, als Exzellenzzentrum eine
starkere Rolle in einem besser funktionierenden globalen, durch gegenseitige
Abhidngigkeiten geprdagten Halbleiterokosystem zu spielen. Dabei sollten
gegebenenfalls die Standpunkte der Industrieallianz fiir Halbleiter’!, die die
Tatigkeiten der Industrieallianz fiir Prozessoren und Halbleitertechnik iibernehmen
wird, sowie anderer Interessentrdger beriicksichtigt werden. Im Einklang mit den
internationalen Verpflichtungen kénnten die Union und die Mitgliedstaaten — auch auf
diplomatischer Ebene — mit internationalen strategischen Partnern, die sich einen
Vorsprung in der Halbleiterindustrie verschafft haben, zusammenarbeiten, um nach
Losungen zu suchen, mit denen die Versorgungssicherheit gestirkt und kiinftige
Stérungen der Halbleiterlieferkette, beispielsweise aufgrund von
Ausfuhrbeschrinkungen in Drittlindern, behoben werden konnen und die
Verfiigbarkeit von Rohstoffen und Zwischenprodukten ermittelt werden kann. Die
Kommission und die Mitgliedstaaten sollten ihre auf internationaler Ebene
unternommenen Anstrengungen koordinieren und zwar in erster Linie mit
Unterstiitzung des Europédischen Halbleitergremiums. Dies kann bei Bedarf auch eine
Koordinierung in einschldgigen internationalen Foren, den Abschluss von Investitions-
und Handelsabkommen oder andere diplomatische Bemiihungen oder die
Zusammenarbeit mit einschlagigen Interessentrdgern umfassen.

Die Stiarkung der kritischen Infrastrukturen, der Sicherheit, der industriellen Basis und
der technologischen Fiihrungsposition der Union erfordert einen sicheren und
zuverldssigen Zugang zu modernsten und handelsiiblichen Halbleitertechnologien,
einschlieBlich Prozessoren, Speicher-, Analog-, Leistungs-, Sensor-, Funkfrequenz-
und Konnektivitéitschips, die fiir die Zukunftsfahigkeit strategischer Sektoren wie
Energie, Verteidigung, Automobilindustrie,  Luftfahrt, Telekommunikation,
Gesundheitswesen, Cloud-Computing und industrielle Automatisierung unverzichtbar
sind. Die Union verfiigt liber starke Fahigkeiten in einem breiten Spektrum
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Aufgabenbeschreibung — https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/78326.
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ausgereifter Technologieknoten, auch bei Chips fiir die Automobilindustrie,
energieeffizienten und sicheren Chips, und sollte ihre Wettbewerbsfahigkeit, Resilienz
und strategische Autonomie in der gesamten Halbleiterwertschopfungskette weiter
verstirken.

Die Halbleiterindustrie weist einen erheblichen Investitionsbedarf sowohl fiir
Forschungs-, Entwicklungs- und Innovationstéitigkeiten als auch fiir den Bau
modernster Anlagen fiir die Erprobung und Validierung zur Unterstiitzung der
industriellen Produktion auf. Diese kostenintensiven Merkmale wirken sich
unmittelbar auf die Wettbewerbs- und Innovationsfahigkeit der Union aus und
beeintrichtigen die Versorgungssicherheit und die allgemeine Resilienz ihres
Halbleiterokosystems. Gleichzeitig hédngen die Wettbewerbsfahigkeit und die
Resilienz der Union von der kontinuierlichen Verfligbarkeit und Entwicklung
handelsiiblicher und ausgereifter Halbleitertechnologien ab, einschlieBlich Analog-,
Leistungs-, Sensor- und Konnektivititschips sowie Chips fiir die Automobilindustrie
und Luftfahrt, die in strategischen industriellen Wertschopfungsketten und kritischen
Infrastrukturen nach wie vor unverzichtbar sind. Im derzeitigen Kontext eines
zunehmenden globalen Wettbewerbs, wachsender geopolitischer Spannungen und
struktureller Schwachstellen in der Lieferkette sind Halbleiter zu einer strategischen
Ressource geworden, die die Grundlage fiir die wirtschaftliche Sicherheit, die
technologische Fiihrungsposition und die industrielle Resilienz der Union bildet.
Angesichts der Lehren aus den jiingsten Engpédssen und Storungen der Lieferketten in
der Union und weltweit sowie aus  Ausfuhrbeschrinkungen  oder
Regulierungsmaflnahmen von Drittlindern und der raschen Entwicklung der
technologischen Herausforderungen und der Innovationszyklen, die Auswirkungen auf
die Halbleiterwertschopfungskette haben, ist es erforderlich, durch einen weiteren
Ausbau der Initiative ,,Chips fiir Europa® die bestehenden Stirken der Union zu
festigen, darunter ihre Fiihrungsposition in mehreren Segmenten fiir handelsiibliche
Halbleiter, und damit die Markteinfiihrungsrate, Wettbewerbsfdhigkeit, Resilienz
sowie Forschungs- und Innovationskapazitit zu erhdhen.

Bei der erweiterten Initiative ,,Chips fiir Europa 2.0“ sollten die Erfahrungen
beriicksichtigt werden, die bereits bei der Umsetzung der Initiative ,,Chips fiir Europa“
gesammelt wurden, um diese fortzufiihren und zu verstirken und so verbleibende
strukturelle Schwéchen zu beheben und auf neu entstehende strategische Erfordernisse
zu reagieren. Insbesondere miissen die Anstrengungen intensiviert werden, damit sich
die fortgeschrittenen Forschungs- und Innovationsfahigkeiten der Union wirksam in
der industriellen Einfiihrung, der Ausweitung und der kommerziellen Produktion in
der Union niederschlagen.

Die Mitgliedstaaten tragen die Hauptverantwortung dafiir, eine starke Basis fiir
Industrie, Wettbewerbsfahigkeit, Nachhaltigkeit und Innovation in der Union zu
erhalten. Gleichwohl machen Art und Umfang der Forschungs- und
Innovationsherausforderungen bei Halbleitern eine Zusammenarbeit auf Unionsebene
erforderlich. Um die Union mit den Forschungs- und Innovationskapazititen im
Bereich der Halbleitertechnik auszustatten, die erforderlich sind, um die fiithrende
Rolle ihrer Forschungs- und Industrieinvestitionen aufrechtzuerhalten, und aufbauend
auf den Erfahrungen und Erkenntnissen, die bei der Umsetzung der Initiative ,,Chips
fiir Europa“ gewonnen wurden, ist es erforderlich, diese Kapazititen weiter zu
verstarken und zu erweitern, sodass ihre wirksame industrielle Einfiihrung, ihre
Ausweitung und ihre kommerzielle Produktion in der Union sichergestellt werden
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(17)

(18)

konnen. Dazu sollten die Union und die Mitgliedstaaten ihre Anstrengungen weiter
koordinieren und gemeinsame Investitionen tétigen.

Angesichts des zunehmenden globalen Wettbewerbs, wachsender geopolitischer
Spannungen und des Risikos von Storungen der Halbleiterlieferkette, einschlieBlich
solcher, die sich aus von Drittlindern erlassenen Regulierungsmafinahmen ergeben
und die sich auf den Zugang zu kritischen Halbleitertechnologien und damit
verbundener Inputs auswirken konnen, ist die Stiarkung der Fahigkeit der Union,
solche Technologien in ihrem Hoheitsgebiet zu entwickeln, herzustellen und
einzusetzen, zu einer strategischen Prioritit fir die Wettbewerbsfahigkeit, die
wirtschaftliche Sicherheit und die technologische Souverénitidt der Union geworden,
wie in dem Bericht ,,Die Zukunft der europdischen Wettbewerbsfahigkeit* von Mario
Draghi hervorgehoben wird. Diese Herausforderungen des Halbleiterokosystems der
Union erfordern die Schaffung umfangreicher Kapazititen und gemeinsame
Anstrengungen der Mitgliedstaaten, wobei die Union die Entwicklung und die
Einfiihrung umfassender Kapazititen entlang der gesamten Innovationskette und der
industriellen Wertschopfungskette, einschlielich Pilotanlagen, der Ausweitung der
Fertigung und der kommerziellen Einfithrung, unterstiitzen muss, um so die wirksame
Umsetzung von Forschungsexzellenz in eine industrielle Fiihrungsposition und
nachhaltige Produktionskapazititen in der Union sicherzustellen.

Wie in der Bewertung der Verordnung (EU) 2023/1781 festgestellt wurde, sind die im
Rahmen der in der genannten Verordnung vorgesehenen Initiative ,,Chips fiir Europa“
eingerichteten Instrumente, d. h. die Entwurfsplattform, Pilotanlagen, Pilotprojekte fiir
Quantenchips und die Verbreitung von Fachwissen, die EU-Akademie fiir Chip-
Kompetenzen im Rahmen der Allianzen fiir die branchenspezifische Zusammenarbeit
zur Kompetenzforderung und der Kompetenzpakt sowie Kompetenzen, die dem
gesamten Halbleiter6kosystem zugutekommen, zweckdienlich und sollten im Rahmen
der vorliegenden Verordnung weiterhin unterstiitzt werden. Diese Anstrengungen
sollten auch zu dem iibergeordneten Ziel der Union beitragen, ihre langfristige
Wettbewerbsfahigkeit, Innovationskapazitdt und industrielle Basis zu stirken, unter
anderem durch Synergien mit kiinftigen Programmen der Union zur Unterstiitzung der
Forschung und Innovation und der industriellen Einfiihrung, wie dem vorgeschlagenen
Nachfolgeprogramm von Horizont Europa®?, dem mit der Verordnung (EU) 2021/695
des Europidischen Parlaments und des Rates eingerichteten Rahmenprogramm fiir
Forschung und Innovation®* (Horizont Europa) (RP10) und dem vorgeschlagenen
Europdischen Fonds fiir Wettbewerbsfihigkeit®*, wihrend die Initiative ,,Chips fiir
Europa 2.0 mit allen Bestandteilen und MafBnahmen zu einer moglichst weitgehenden
Ubertragung und Maximierung der Anwendungsvorteile von Halbleitertechnologien
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Vorschlag fiir eine Verordnung des Europdischen Parlaments und des Rates zur Einrichtung von
,,Horizont Europa“, dem Rahmenprogramm fiir Forschung und Innovation, fiir den Zeitraum 2028-2034
sowie iliber dessen Regeln fiir die Beteiligung und die Verbreitung der Ergebnisse und zur Authebung
der Verordnung (EU) 2021/695.

Verordnung (EU) 2021/695 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 28. April 2021 zur
Einrichtung von Horizont Europa, dem Rahmenprogramm fiir Forschung und Innovation, sowie iiber
dessen Regeln fiir die Beteiligung und die Verbreitung der Ergebnisse und zur Aufhebung der
Verordnungen (EU) Nr. 1290/2013 und (EU) Nr. 1291/2013 (ABIL. L 170 vom 12.5.2021, S. 1, ELL:
http://data.europa.eu/eli/reg/2021/695/0j).

Vorschlag fiir eine Verordnung des Europdischen Parlaments und des Rates zur Einrichtung des
Europdischen Fonds fiir Wettbewerbsfahigkeit (ECF), einschlieBlich des spezifischen Programms fiir
Forschungs- und Innovationstétigkeiten im Verteidigungsbereich, zur Aufhebung der Verordnungen
(EU) 2021/522, (EU)2021/694, (EU)2021/697 und (EU)2021/783 sowie zur Anderung der
Verordnungen (EU) 2021/696, (EU) 2023/588 und (EU) [EDIP].
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fiihren sollte, die die Nachhaltigkeitswende entscheidend vorantreiben und neue
Produkte hervorbringen sowie eine effizientere, wirksame, saubere und dauerhafte
Nutzung von Ressourcen bewirken konnen, einschlielich Energie und Materialien,
die fir die Herstellung und die Nutzung von Halbleitern {iber den gesamten
Lebenszyklus erforderlich sind.

Um ihr allgemeines Ziel zu erreichen und sowohl die angebots- als auch die
nachfrageseitigen = Herausforderungen des  derzeitigen  Halbleiterokosystems
anzugehen, sollte die Initiative ,,Chips fiir Europa 2.0* aufbauend auf den Erfahrungen
und Erkenntnissen aus der Durchfiihrung der Verordnung (EU) 2023/1781, die gezeigt
haben, dass die Kapazititen der Union nicht nur in den Bereichen Forschung und
Innovation, sondern auch in Bezug auf die industrielle Einfithrung und die Ausweitung
der Fertigung weiter gestirkt werden miissen, die fiinf im Rahmen der Verordnung
(EU) 2023/1781 festgelegten operativen Ziele weiterhin unterstiitzen und verbessern.
AuBerdem sollte ein neues operatives Ziel eingefiihrt werden, das darauf abzielt, die
Féhigkeiten der Union im Bereich der Photoniktechnologien zu stirken und die
GroBlen Herausforderungen als Instrumente zur Unterstiitzung gro3 angelegter,
sektoriibergreifender Initiativen zur Bewdéltigung grofler technologischer und
industrieller Herausforderungen von strategischer Bedeutung fiir die Union zu
unterstiitzen. Mit der Umsetzung der Initiative ,,Chips fiir Europa 2.0* sollte weiterhin
hauptsdchlich das Gemeinsame Unternehmen fiir Chips und gegebenenfalls das
gemeinsame Unternechmen oder jede andere &dhnliche Einrichtung oder Initiative
betraut werden, die an dessen Stelle tritt und durch Unionsrecht im Rahmen eines
nachfolgenden mehrjahrigen Finanzrahmens eingerichtet wird.

Erstens sollte die Initiative ,,Chips fiir Europa 2.0* die Entwurfskapazitit der Union
stiarken. Zu diesem Zweck sollte sie weiterhin die virtuelle Entwurfsplattform fordern,
die im Rahmen der Initiative ,,Chips fiir Europa“ eingerichtet wurde, um die
Gemeinschaften von Entwurfsbiiros, Start-ups, kleinen und mittleren Unternehmen
(KMU) und Anbieter von intellektuellem FEigentum, Werkzeuganbieter und
Forschungs- und Technologieorganisationen miteinander zu vernetzen, damit auf der
Grundlage einer gemeinsamen Technologieentwicklung virtuelle Prototypldosungen
bereitgestellt werden und so der Ubergang von der Entwurfsphase zur industriellen
Produktion und kommerziellen Einfithrung in der Union erleichtert wird.

Zweitens sollte die Initiative ,,Chips fiir Europa 2.0, um die Grundlage fiir die
Starkung der Versorgungssicherheit und des Halbleiterokosystems der Union zu
schaffen, weiterhin den Ausbau bestechender und die Entwicklung neuer
fortschrittlicher Pilotanlagen unterstiitzen, um die Entwicklung und Einfiihrung von
hochmodernen Halbleitertechnologien und von Halbleitertechnologien der nichsten
Generation zu ermdglichen. Die Pilotanlagen sollten der Industrie eine Mdglichkeit
bieten, Halbleitertechnologien und Systementwurfskonzepte bei mdglichst geringer
Umweltbelastung zu testen, zu erproben und zu validieren, um deren Ubergang zur
Fertigung im industriellen Maf3stab in der Union zu beschleunigen. Investitionen der
Union zusammen mit denen der Mitgliedstaaten und des Privatsektors in Pilotanlagen
sind nach wie vor erforderlich, um anhaltende strukturelle Herausforderungen und
Marktversagen zu bewiltigen, einschlieBlich der unzureichenden Verfligbarkeit von
Test-, Validierungs- und Ausweitungskapazititen fiir die Halbleiterfertigung im
industriellen Maf3stab in der Union, die nach wie vor Innovationen, die industrielle
Einfiihrung und die globale Wettbewerbsfahigkeit behindern.

Drittens sollten zur Beschleunigung der innovativen Entwicklung von Quantenchips
und zugehorigen Halbleitertechnologien, einschlielich  solcher, die auf
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Halbleiterwerkstoffen basieren oder mit Photonik integriert sind, die der Entwicklung
des Halbleitersektors dienen, im Rahmen der Initiative ,,Chips fiir Europa 2.0* auch
MafBnahmen in Bezug auf Entwurfsbibliotheken fiir Quantenchips, Pilotanlagen fiir die
Herstellung von Quantenchips sowie Anlagen fiir die Priifung und Validierung der in
den Pilotanlagen hergestellten Quantenchips unterstiitzt werden, um ihre industrielle
Einfiilhrung zu ermoglichen und die technologische Fiihrungsposition der Union bei
neu entstehenden Halbleitertechnologien zu stiarken.

Viertens sollte die Initiative ,,Chips flir Europa 2.0“ durch den Ausbau bestehender
Zentren oder die Schaffung neuer Anlagen den Mitgliedstaaten weiterhin die
Moglichkeit bieten, mindestens ein Kompetenzzentrum fiir Halbleiter in jedem
Mitgliedstaat zu unterstiitzen, um den Einsatz von Halbleitertechnologien zu férdern,
den Zugang zu Entwurfs- und Pilotanlagen zu ermdglichen und Qualifikationsdefizite
in der gesamten Union zu {iberbriicken.

Fiinftens sind Photonik und photonisch integrierte Schaltungen Schliisseltechnologien
flir ein breites Spektrum strategischer Sektoren, darunter Telekommunikation,
Rechenzentren, kiinstliche Intelligenz, Sensorik, Gesundheitswesen,
Automobilindustrie, Luftfahrt und Quantentechnik. Sie ermdglichen eine sehr schnelle
Dateniibertragung, eine energieeffiziente Datenverarbeitung und fortgeschrittene
Sensorfdhigkeiten und sind daher fiir die technologische Fiihrungsposition, die
Wettbewerbsfahigkeit und die Versorgungssicherheit der Union von entscheidender
Bedeutung. Die Union hat starke Forschungs- und Innovationsfihigkeiten aufgebaut
und ist in mehreren Segmenten der Photonikwertschopfungskette fiihrend. Es sind
jedoch weitere Anstrengungen erforderlich, um die Kapazitidt der Union zu stirken,
photonisch integrierte Schaltungen und zugehorige photonische
Halbleitertechnologien zu entwerfen, entsprechende Prototypen zu entwickeln und
diese dann in groBem MaBstab zu industrialisieren und herzustellen. Um die
technologische Entwicklung im Bereich der Photonik und der photonisch integrierten
Schaltungen voranzubringen, ist es daher erforderlich, die Entwicklung von
Entwurfsbibliotheken =~ und  Entwurfswerkzeugen zu  unterstiitzen, die
Produktionstechnologien und Werkstoffplattformen zu stidrken und Pilotanlagen und
frei zugingliche Fertigungsanlagen fiir mehrere Werkstoffplattformen auszubauen.
Diese MaBnahmen sollten die Entwicklung von Prototypen, die Erprobung,
Validierung und industrielle Einfiihrung, auch durch fortgeschrittene Integrations- und
Packaging-Technologien, erleichtern und dazu beitragen, das Photonikdkosystem der
Union und ihre technologische Souveranitit zu stirken und die industrielle Einfiihrung
innovativer Photoniktechnologien in der gesamten Union zu beschleunigen.

Sechstens sollte die Kommission in enger Zusammenarbeit mit der Europdischen
Investitionsbank-Gruppe und gemeinsam mit anderen Durchfiihrungspartnern wie
nationalen Forderbanken und -instituten weiterhin den ,,Chip-Fonds®, d.h. eine
spezielle Investitionsfazilitdit fiir Halbleiter zur Stirkung des europdischen
Halbleiterokosystems durch Unterstiitzung von Start-ups, Scale-ups und KMU, die
sowohl Eigenkapitalldsungen als auch Fremdkapitalldsungen anbietet, einschlieBlich
einer Mischfinanzierungsfazilitit im Rahmen des mit der Verordnung (EU) 2021/523
des Europiischen Parlaments und des Rates® eingerichteten Fonds ,,InvestEU*, und
gegebenenfalls alle anderen einschldgigen Investitionsprogramme im Rahmen des
Mehrjihrigen Finanzrahmens 2028-2034 unterstiitzen. Die Tétigkeiten im Rahmen des

35

Verordnung (EU) 2021/523 des Europédischen Parlaments und des Rates vom 24. Mirz 2021 zur
Einrichtung des Programms ,InvestEU* und zur Anderung der Verordnung (EU)2015/1017 (ABL
L 107 vom 26.3.2021, S. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/523/0}).
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,Chip-Fonds* sollten die Entwicklung eines dynamischen und resilienten
Halbleiterokosystems unterstiitzen, indem Mdglichkeiten flir eine bessere
Verfiigbarkeit von Mitteln geschaffen werden, um das Wachstum von Start-ups und
KMU sowie Investitionen entlang der gesamten Halbleiterwertschopfungskette — auch
fiir andere Unternechmen der Halbleiterwertschopfungskette — zu unterstiitzen. In
dieser Hinsicht sollten insbesondere Unterstiitzung und klare Anleitung fiir KMU
bereitgestellt werden, um sie beim Antragsverfahren zu unterstiitzen. Es wird erwartet,
dass der Europiische Innovationsrat diesbeziiglich weitere gezielte Unterstilitzung in
Form von Finanzhilfen und Beteiligungsinvestitionen zugunsten marktschaffender
Innovatoren in Bereichen mit hohem Risiko leisten wird.

Um die technologische Fiihrungsposition und die industrielle Wettbewerbsfahigkeit
der Union im Halbleiterbereich weiter zu stirken, ist es angezeigt, das Konzept der
GroBen Herausforderungen als Teil der Initiative ,,Chips fiir Europa 2.0 einzufiihren.
Diese Groflen Herausforderungen sollten auf die Entwicklung, Integration und
industrielle Einfithrung vielversprechender und kritischer Halbleiter- und verwandter
Technologien ausgerichtet werden, die fiir die Union von zentraler Bedeutung sind.
Die GroBBen Herausforderungen sollten fortgeschrittene Forschungs- und
Entwicklungstatigkeiten unterstiitzen, die darauf abzielen, die Voraussetzungen fiir die
nichste Generation von Halbleitertechnologien zu schaffen, einschlieBlich solcher, die
der KI, dem Cloud-Computing, Rechenzentren und Edge-Infrastrukturen zugrunde
liegen, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf der Verbesserung der Energieeffizienz,
der Sicherung von Kapazititen im Bereich der Spitzentechnologien und dem Ausbau
der Fertigungsstirken der Union liegen sollte. Sie sollten auch wichtigen
technologischen = Hindernissen gewidmet sein, einschlieflich Fragen im
Zusammenhang mit Miniaturisierung, Energieeffizienz, Nachhaltigkeit, heterogener
Integration, Sicherheit, Zuverldssigkeit und Herstellbarkeit. Um ihre Wirkung zu
maximieren, sollten die Grolen Herausforderungen zur Stirkung des
Halbleiterokosystems in der gesamten Union beitragen und die Zusammenarbeit
entlang der Halbleiterwertschopfungskette, auch mit einschldgigen vertikalen
Sektoren, fordern. Insbesondere sollten sie die strukturierte Zusammenarbeit zwischen
Halbleiterentwicklern = und  Anwenderbranchen  unterstiitzen, um  einen
Wettbewerbsvorteil bei Anwendungen zu erzielen, die fiir die technologische
Souveranitit und die industrielle Basis der Union unerlésslich sind. Schlie8lich sollten
die GroBlen Herausforderungen iiber bestehende Infrastrukturen, einschlieflich
Pilotanlagen, hinweg die Integration und Abstimmung der Anstrengungen weiter
gewdhrleisten und ihre Ausrichtung auf die industrielle Anwendung fordern. Sie
sollten den Transfer, die Ausreifung und die industrielle Einfiihrung von Technologien
erleichtern, die im Rahmen der Initiative ,,Chips fiir Europa 2.0 entwickelt werden,
einschlieBlich Téatigkeiten in Verbindung mit der Prototypentwicklung, Erprobung,
Validierung, Demonstration, der industriellen Ersteinfiihrung und Integration in
Produktionsumgebungen.

Die Kompetenzzentren sollten dazu beitragen, den Vorsprung der Union in der
Chipforschung, -entwicklung und -innovation sowie bei den Entwurfsfiahigkeiten
aufrechtzuerhalten. Die Forderung des Potenzials und der Fahigkeiten von Menschen
durch  Bildungsmaflnahmen in den Bereichen Mathematik, Informatik,
Naturwissenschaften und Technik bis zur postdoktoralen Ebene ist fiir die
Verwirklichung dieses Ziels von entscheidender Bedeutung. Insbesondere sollten die
Kompetenzzentren Dienstleistungen fiir die Interessentrdger im Halbleiterbereich,
einschlieBlich Start-ups und KMU, erbringen. Beispiele hierfiir sind die Erleichterung
des Zugangs zu Pilotanlagen und zur virtuellen Entwurfsplattform, die Bereitstellung
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von Schulungen und Kompetenzentwicklung, die Unterstiitzung bei der Suche nach
Investoren, die Nutzung vorhandener lokaler Kompetenzen oder die Kontaktaufnahme
zu den einschldgigen vertikalen Strukturen. Die Dienstleistungen sollten offen,
transparent und nicht diskriminierend erbracht werden. Jedes Kompetenzzentrum
sollte an das europdische Netz der Kompetenzzentren fiir Halbleiter angeschlossen
sein, ihm angehoren und als Zugangspunkt zu anderen Knotenpunkten des Netzes
dienen. In diesem Zusammenhang sollten groBBtmogliche Synergien mit bestehenden
dhnlichen Strukturen, wie den Europdischen digitalen Innovationszentren, die im
Rahmen des mit der Verordnung (EU) 2021/694 des Europédischen Parlaments und des
Rates*® eingerichteten Programms Digitales Europa geschaffen wurden, angestrebt
werden. So konnten die Mitgliedstaaten beispielsweise ein bestehendes Europdisches
digitales Innovationszentrum mit Schwerpunkt auf Halbleitern fiir die Zwecke der
vorliegenden Verordnung als Kompetenzzentrum benennen, sofern nicht gegen das
Verbot der Doppelfinanzierung versto3en wird.

Um den Zugang zu technischer Sachkenntnis zu erleichtern und die Verbreitung von
Fachwissen in der gesamten Union sowie die Unterstiitzung verschiedener
Qualifikationsinitiativen sicherzustellen, sollte das im Zuge der Initiative ,,Chips fiir
Europa“ eingerichtete Netz von Kompetenzzentren auch im Rahmen der Initiative
,,Chips fir Europa 2.0* weiter gefordert werden. Zu diesem Zweck sollte das mit der
Verordnung (EU) 2021/2085 des Rates’’ eingerichtete Gemeinsame Unternehmen fiir
Chips das Verfahren fiir die Fortsetzung der Unterstiitzung von Kompetenzzentren
festlegen, einschlieBlich der Auswahlkriterien sowie weiterer Einzelheiten zur
Durchfiihrung der in dieser Verordnung genannten Aufgaben und Funktionen. Die
Kompetenzzentren, die das Netz bilden, sollten vom Gemeinsamen Unternehmen fiir
Chips ausgewdhlt werden wund bei der Festlegung ihrer Organisation,
Zusammensetzung und Arbeitsmethoden {iber weitgehende generelle Autonomie
verfiigen. Thre Organisation, Zusammensetzung und Arbeitsmethoden sollten jedoch
die Ziele dieser Verordnung einhalten und zu ihnen beitragen.

Die von der Union geleistete Arbeit im Bereich Kompetenzen und Bildung ist von
grundlegender Bedeutung fiir das weitere Wachstum des Halbleiterokosystems der
Union. Zu diesem Zweck sollten der Strategieplan fiir die Bildung in MINT-Fiichern?®
und dessen MaBnahmen genutzt werden, und Initiativen wie der Kompetenzpakt®,
Kompetenzakademien’, gemeinsame europiische Studienprogramme®*!, die Initiative
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Verordnung (EU) 2021/694 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2021 zur
Aufstellung des Programms ,,Digitales Europa® und zur Authebung des Beschlusses (EU) 2015/2240
(ABL L 166 vom 11.5.2021, S. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/694/0j).

Verordnung (EU) 2021/2085 des Rates vom 19. November 2021 zur Griindung der gemeinsamen
Unternehmen im Rahmen von ,Horizont Europa®“ und zur Aufhebung der Verordnungen (EQG)
Nr. 219/2007, (EU) Nr. 557/2014, (EU) Nr. 558/2014, (EU) Nr. 559/2014, (EU) Nr. 560/2014, (EU)
Nr. 561/2014 und (EU) Nr. 642/2014 (ABl. L427 vom 30.11.2021, S.17, ELL
http://data.ecuropa.eu/eli/reg/2021/2085/0j).

Mitteilung der Kommission an das Européische Parlament, den Rat, den Européischen Wirtschafts- und
Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen — Ein Strategieplan fiir die Bildung in MINT-
Fachern: Kompetenzen fiir Wettbewerbsfahigkeit und Innovation.
https://pact-for-skills.ec.europa.cu/index_de.
https://digital-strategy.ec.europa.cu/de/news/new-digital-skills-academies-support-eus-technological-
sovereignty-competitiveness-and-preparedness.

Mitteilung der Kommission an das Européische Parlament, den Rat, den Europdischen Wirtschafts- und
Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen iiber ein Konzept fiir einen europiischen
Hochschulabschluss.
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fiir die Portabilitit von Kompetenzen*’ und die europiischen Hochschulallianzen*?
sollten zur Entwicklung spezifischer MaBlnahmen fiir den Halbleitersektor beitragen.
Ebenso sollten Synergien mit Initiativen wie dem EU-Talentpool*, die die
internationale Anwerbung erleichtern, gepriift werden, um Fachkréfte aus Drittstaaten
fiir die Union zu gewinnen.

Der Zugang zu oOffentlich finanzierten Infrastrukturen wie Pilot- und Testanlagen
sowie zu den Kompetenzzentren sollte einem breiten Spektrum von Anwendern
offenstechen und sollte groBen Unternehmen auf transparente Weise, nicht
diskriminierend und zu Marktbedingungen (oder auf Kostenbasis zuziiglich einer
angemessenen Marge) gewidhrt werden, wédhrend KMU und akademische
Einrichtungen bevorzugten Zugang oder Preisnachlédsse erhalten konnen, sodass eine
breitere Beteiligung an der Halbleiterinnovation erleichtert wird sowie die
Entwicklung und Verbreitung industrieller Fdhigkeiten in der gesamten Union
unterstiitzt werden. Dariiber hinaus sollten die Forschungs- und Innovationstétigkeiten
im  Rahmen der Initiative ,,Chips fir  Europa2.0“, einschlieBlich
Technologieinfrastrukturen, auch dem  Verteidigungssektor  zugutekommen,
unbeschadet weiterer Tatigkeiten zur Entwicklung von Verteidigungsgiitern und -
technologien, die im Rahmen der Verordnung (EU) 2025/2643 stattfinden konnen.

Der Erfolg der Initiative ,,Chips fiir Europa 2.0° kann daher nur auf gemeinsamen
Anstrengungen der Mitgliedstaaten und der Union aufbauen, um die betrichtlichen
Kapitalkosten mitzutragen, die Verfiigbarkeit von Ressourcen fiir virtuellen Entwurf,
Tests und Pilotprojekte auszuweiten sowie die Verbreitung von Fachwissen,
Fertigkeiten und Kompetenzen zu unterstiitzen. Angesichts des besonderen Charakters
der betreffenden Maflnahmen sollten die Ziele der Initiative ,,Chips fiir Europa 2.0%,
insbesondere die Tatigkeiten im Rahmen des ,,Chip-Fonds®, gegebenenfalls auch
durch eine Mischfinanzierungsfazilitit im Rahmen des Fonds ,,InvestEU* unterstiitzt
werden. Die Unterstiitzung im Rahmen der Initiative ,,Chips fiir Europa 2.0 sollte
genutzt werden, um Marktversagen oder suboptimale Investitionsbedingungen infolge
der hohen Kapitalintensitit, des hohen Risikos und der komplexen Struktur des
Halbleiterokosystems auf verhidltnismaBige, kosteneffiziente Weise auszugleichen,
wobei die Mallnahmen weder private Finanzierung duplizieren oder verdrangen noch
den Wettbewerb im Binnenmarkt verfialschen sollten. Die Maflnahmen sollten einen
klaren Mehrwert fiir die gesamte Union aufweisen.

Dariiber hinaus sollte die Initiative ,,Chips fiir Europa 2.0 weiterhin auf der soliden
Wissensgrundlage aufbauen und Synergien mit Mallnahmen stiarken, die derzeit von
der Union und den Mitgliedstaaten durch Programme sowie durch Forschungs- und
Innovationsmafinahmen im Bereich der Halbleiter und der Entwicklung von Teilen der
Wertschopfungskette unterstiitzt werden, insbesondere durch Horizont Europa und das
Programm Digitales Europa, mit dem Ziel, die Union als weltweiten Akteur auf dem
Gebiet der Halbleitertechnologie und ihrer Anwendungen zu stirken und im Einklang
mit der Mitteilung der Kommission mit dem Titel ,,Digitaler Kompass 2030: der
europidische Weg in die digitale Dekade**® ihren globalen Anteil an der Fertigung zu
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https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/15892-Fair-labour-mobility-
package-Skills-portability-1-digitalised-cross-border-portability-of-qualifications-and-skills_de.
https://education.ec.curopa.eu/education-levels/higher-education/european-universities-initiative/map.
Verordnung (EU) 2026/1047 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2026 zur
Einrichtung eines EU-Talentpools.

Mitteilung der Kommission an das Européische Parlament, den Rat, den Europdischen Wirtschafts- und
Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen — Digitaler Kompass 2030: der européische Weg in
die digitale Dekade, COM(2021) 118 final vom 9. Mirz 2021.
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steigern. Ferner werden voraussichtlich private Investitionen zur Ergédnzung der Mittel
der Initiative ,,Chips fiir Europa 2.0° mobilisiert, um zum Erreichen der Ziele der
Initiative beizutragen. Ergidnzend zu diesen Tétigkeiten gidbe es im Rahmen der
Initiative ,,Chips fiir Europa 2.0“ auch eine enge Zusammenarbeit mit weiteren
einschldgigen Interessentragern, unter anderem der Industrieallianz fiir Halbleiter.

Die Forschung und Entwicklung (FuE) in der Union ist zunehmend Praktiken
ausgesetzt, die auf die Entwendung von vertraulichen Informationen,
Geschéftsgeheimnissen und geschiitzten Daten abzielen, wie etwa Diebstahl geistigen
Eigentums, erzwungene Technologietransfers und Wirtschaftsspionage. Um negative
Auswirkungen auf die Interessen der Union und die Ziele der Initiative ,,Chips fiir
Europa 2.0 zu verhindern, muss ein Ansatz verfolgt werden, der sicherstellt, dass der
Zugang zu wirtschaftlich sensiblen Informationen oder Ergebnissen — einschlieBlich
Daten und Fachkenntnissen — und deren Nutzung, die Sicherheit und die Ubertragung
des Eigentums an Ergebnissen sowie durch Rechte des geistigen Eigentums geschiitzte
Inhalte, die in Verbindung mit von der Initiative ,,Chips fiir Europa 2.0 unterstiitzten
Tétigkeiten oder als Ergebnis davon generiert werden, geschiitzt werden. Um diesen
Schutz zu gewihrleisten, sollten alle durch die Initiative ,,Chips fiir Europa 2.0*
unterstiitzten und aus den Programmen Horizont Europa und Digitales Europa sowie
deren Nachfolgern im Zuge kiinftiger mehrjdhriger Finanzrahmen finanzierten
MafBnahmen den einschldgigen Bestimmungen dieser Programme entsprechen, zum
Beispiel in Bezug auf die Teilnahme von Einrichtungen mit Sitz in mit dem Programm
assoziierten Drittlaindern, Finanzhilfevereinbarungen, Eigentum und Schutzrechte,
Sicherheit, Nutzung und Verbreitung, Ubertragung und Lizenzierung sowie
Zugangsrechte. Bei der Durchfiihrung dieser Programme konnen bestimmte
Bestimmungen festgelegt werden, insbesondere in Bezug auf die Beschrankungen von
Ubertragungen und Lizenzierungen gemiB Artikel 40 Absatz4 der Verordnung
(EU) 2021/695 und auf die Beschrinkung der Teilnahme von Rechtstrdgern mit Sitz in
bestimmten assoziierten oder sonstigen Drittlindern aufgrund von strategischen
Vermogenswerten, Interessen, der Autonomie oder Sicherheitsgriinden der Union und
ihrer Mitgliedstaaten gemdf3 Artikel 22 Absatz 5 der Verordnung (EU) 2021/695 und
gemél Artikel 12 Absatz 6 der Verordnung (EU) 2021/694. Dariiber hinaus sollten die
Behandlung wirtschaftlich sensibler Informationen, die Sicherheit, die Vertraulichkeit
sowie der Schutz von Geschiftsgeheimnissen und von Rechten des geistigen
Eigentums den  Rechtsvorschriften = der  Union, einschlieBlich ~ der
Richtlinien 2004/48/EG und (EU) 2016/943% des Europiischen Parlaments und des
Rates und dem nationalen Recht unterliegen. Die Kommission und die Mitgliedstaaten
konnen Technologietransfers aufgrund von Sicherheitsinteressen der Union und
nationalen Sicherheitsinteressen im Zusammenhang mit Investitionen in Anlagen, die
in den Anwendungsbereich dieser Verordnung fallen, gemdfl der Verordnung
(EU) 2019/452 des Européischen Parlaments und des Rates schiitzen.

Damit in allen industriellen Wertschopfungsketten vermehrt in der Union entworfene
und/oder in der Union hergestellte Halbleiter verwendet werden, ist es erforderlich,
engere Verbindungen zwischen dem Halbleiterangebot und der nachgelagerten
industriellen Halbleiternachfrage zu fordern und dabei gleichzeitig die Kohdrenz mit
den internationalen Verpflichtungen und den Wettbewerbsvorschriften der Union zu
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Richtlinie (EU) 2016/943 des Européischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2016 iiber den
Schutz vertraulichen Know-hows und vertraulicher Geschéftsinformationen (Geschéftsgeheimnisse) vor
rechtswidrigem Erwerb sowie rechtswidriger Nutzung und Offenlegung (ABI. L 157 vom 15.6.2016,
S. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/943/0j).
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wahren. Insbesondere sollte eine verstirkte Koordinierung zwischen Anbietern und
Anwendern von Halbleitertechnik die Ermittlung der Gesamtnachfrage, die
Entwicklung gemeinsamer technischer Anforderungen und die Entwicklung von
Losungen, die auf die Bediirfnisse der Industrie in der Union zugeschnitten sind,
erleichtern. Eine solche Koordinierung ist besonders wichtig in Schliisselsektoren wie
Cloud-Computing, Automobilindustrie, Luftfahrt, Telekommunikation, Verteidigung
und Robotik, die durch hohe Anforderungen an Leistung, Sicherheit, Zuverladssigkeit
und Energieeffizienz geprédgt sind und in denen Halbleiter eine wichtige grundlegende
Technologie fiir Innovation, digitalen Wandel und strategische Autonomie darstellen.
In diesen Sektoren kann eine frithzeitige Einbeziehung der Anwender schon in der
Entwurfs- und Entwicklungsphase die Zeit bis zur Marktreife erheblich verkiirzen, die
Systemintegration verbessern und sicherstellen, dass Halbleiterlosungen ihren Zweck
erfiillen und auf sich wandelnde Industriestandards und betriebliche Einschrinkungen
abgestimmt sind. Zu diesem Zweck sollte die Kommission in Zusammenarbeit mit den
Mitgliedstaaten und den einschldgigen Interessentrdgern die notwendigen
Voraussetzungen dafiir schaffen, dass die Industrieallianz fiir Halbleiter die
industrielle Kontaktvermittlung, gemeinsame Entwurfstétigkeiten und
Kooperationsinitiativen, auch iiber ein Nachfrageforum, erleichtert, um im Einklang
mit den Wettbewerbsvorschriften der Union und in einer Weise, die mit den
internationalen Verpflichtungen der Union im Einklang steht, eine Briicke zwischen
Angebot und Nachfrage zu schlagen, Innovationsdkosysteme zu fordern und die
Einfiihrung von Halbleiterlosungen in der Union zu beschleunigen. Bei Halbleitern,
die im Verteidigungssektor und in der Weltraumwirtschaft verwendet werden, die
hochspezialisiert sind und in extremen und feindseligen Umgebungen zuverlissig
funktionieren miissen, sollte die Kommission die Téatigkeiten im Rahmen der EU-
Beobachtungsstelle fiir kritische Technologien fiir Weltraum und Verteidigung
weiterhin koordinieren.

In der Weltraumwirtschaft und im Verteidigungssektor werden die Tétigkeiten zur
Ermittlung von Liicken, Schwachstellen und Bediirfnissen im Rahmen der bereits
eingerichteten EU-Beobachtungsstelle fiir kritische Technologien (OCT) fortgesetzt.
Spezifische Technologiefahrpldéne der EU fiir Weltraum und Verteidigung,
einschlieBlich Halbleiter, die auf der OCT Rechnung tragen und Forschung,
Innovation und Industrialisierung abdecken, werden in das Arbeitsprogramm der EU
fiir Weltraum- und Verteidigungsentwicklungstitigkeiten einflieen.

Das Nachfrageforum sollte es potenziellen Anwendern von Halbleitertechnologien
ermOglichen, ihren Bedarf und ihre erwarteten Spezifikationen aus einer aggregierten
oder branchenweiten Perspektive zu formulieren, und gleichzeitig europdische
Halbleitertechnologieinitiativen und strategische Projekte in die Lage versetzen, ihre
technologischen  Féhigkeiten und vorgeschlagenen Ld&sungen vorzustellen.
MafBnahmen im Zuge der Nachfragebeschleunigung sollten Kooperationsplattformen,
Pilotprojekte und Entwurfspartnerschaften erleichtern und die friihzeitige Validierung
und Einfithrung innovativer Halbleiterlosungen in der Union ermdglichen. Sie kdnnen
auch zum Wachstum innovativer Okosysteme beitragen und das Entstehen von
Leitmdrkten in  Schliisselsektoren  begiinstigen und so die industrielle
Wettbewerbsfahigkeit und technologische Souverdnitit der Union stirken. Alle im
Rahmen des Nachfrageforums wund der MalBnahmen im Zuge der
Nachfragebeschleunigung  durchgefiihrten  Tatigkeiten  sollten  in  voller
Ubereinstimmung mit dem Wettbewerbsrecht der Union und anderen einschligigen
Bestimmungen des Unionsrechts durchgefiihrt werden, wobei sicherzustellen ist, dass

37

DE



DE

Drucksache 415/26 -40 -

(37)

(38)

die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen nicht zu Wettbewerbsverzerrungen oder
zum unerwiinschten Austausch wirtschaftlich sensibler Informationen fiihrt.

Um die breite Einfiihrung von Systemen zur Integration fortgeschrittener
Halbleitertechnik in der Union zu fordern, miissen gezielte MalBnahmen zur
Verbesserung der Zusammenarbeit und Innovation unterstiitzt werden. Insbesondere
kann die Erleichterung der Schaffung von Regelungen fiir eine grenziiberschreitende
gemeinsame Beschaffung zwischen offentlichen Auftraggebern oder Vergabestellen
dazu beitragen, die Nachfrage zu biindeln, die Marktfragmentierung zu verringern und
effizientere Investitionen in komplexe und kostspielige Halbleitersysteme zu
ermoglichen. Gleichzeitig ist die Unterstiitzung der Integration und Einfithrung
innovativer Halbleitertechnik unerlésslich, um ihre Verbreitung in Schliisselsektoren,
einschlieBlich digitaler Infrastruktur, kiinstlicher Intelligenz und industrieller
Anwendungen, zu beschleunigen und so die technologische Kapazitit und
Wettbewerbsfahigkeit der Union zu stidrken. Um die wirksame Durchfiihrung solcher
MaBinahmen zu gewihrleisten, sollte die Kommission 6ffentlichen Auftraggebern
technische und rechtliche Leitlinien an die Hand geben. Diese Leitlinien sollten
offentliche Auftraggeber bei der Anwendung von Kriterien fiir Versorgungssicherheit,
Cybersicherheit, Resilienz, Energieeffizienz, Lebenszyklusleistung,
Lieferkettentransparenz und Unionsmehrwert bei der Beschaffung von Systemen mit
innovativen Halbleiterentwiirfen und -losungen im Einklang mit dem geltenden
Unionsrecht und den internationalen Verpflichtungen unterstiitzen. Insbesondere
sollten  vorkommerzielle = Auftragsvergabe, Innovationspartnerschaften  und
gemeinsame Vergabeverfahren gefordert werden, die eine frithzeitige Nachfrage nach
in der Union entwickelter und/oder hergestellter vertrauenswiirdiger Halbleitertechnik
schaffen konnen.

Angesichts ihrer Bedeutung fiir die Gewéhrleistung der Versorgungssicherheit und die
Schaffung  eines  resilienten = Halbleiterokosystems  sollten  europdische
Halbleitertechnologieinitiativen und strategische Projekte als im 6ffentlichen Interesse
liegend betrachtet werden. Die Gewdhrleistung der Sicherheit der Versorgung mit
Halbleitern ist auch fiir die Digitalisierung wichtig, die den griinen Wandel in vielen
anderen Sektoren ermdglicht. Um Investitionen in den Halbleitersektor der Union
anzuziehen und zur Sicherheit der Versorgung mit Halbleitern und zur Resilienz des
Halbleiterokosystems der Union beizutragen, konnen die Mitgliedstaaten
UnterstilitzungsmafBnahmen, einschlieBlich Anreize, anwenden und administrative
Unterstiitzung  in  nationalen = Genehmigungsverfahren  fiir  europédische
Halbleitertechnologieinitiativen vorsehen. Im Mehrjdhrigen Finanzrahmen 2028-2034
konnen Pldne fiir nationale und regionale Partnerschaft vorbehaltlich der
Bestimmungen dieser Pline Teil der Unterstiitzung sein. Die Moglichkeit der
Unterstiitzung durch die Mitgliedstaaten sollte — soweit zutreffend — die Zustiandigkeit
der Kommission im Bereich der staatlichen Beihilfen nach den Artikeln 107
und 108 AEUV unberiihrt lassen. Um die korrekte und effiziente Anwendung der
Vorschriften iiber staatliche Beihilfen sicherzustellen, hat die Kommission in ihrer
Mitteilung mit dem Titel ,,Ein Chip-Gesetz fiir Europa““*’ bereits anerkannt, dass die
Gewihrung staatlicher Beihilfen fiir Halbleiterproduktionsanlagen auf Einzelfallbasis
bewertet werden muss, um die Versorgungssicherheit der Union und die Resilienz der
Lieferkette zu gewéhrleisten und zugleich erhebliche positive Auswirkungen auf die
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Mitteilung der Kommission an das Européische Parlament, den Rat, den Europdischen Wirtschafts- und
Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen — Ein Chip-Gesetz fiir Europa, COM(2022) 45 final
vom 8.2.2022.
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Wirtschaft insgesamt zu erzielen. Dariiber hinaus sollten die Verfahren fiir die
Anerkennung als europdische Halbleitertechnologieinitiativen und fiir die etwaige
Genehmigung staatlicher Beihilfen parallel durchgefiihrt werden, um das
Beschlussverfahren zu beschleunigen. Die Mitgliedstaaten sollten die Einrichtung
europdischer Halbleitertechnologieinitiativen im Einklang mit dem Unionsrecht
unterstiitzen. Bei der Durchfiihrung von Unterstiitzungsmalnahmen fiir européische
Halbleitertechnologieinitiativen sollten die Mitgliedstaaten die Festlegung von
Anforderungen der Nichtdiskriminierung in Bezug auf den Schutz und die Sicherheit
geistigen Eigentums, einschlieBlich Cybersicherheit, und die Vertraulichkeit in
Erwidgung ziehen und kdnnten Gegenmalinahmen empfehlen, um spezifischen Risiken
im Zusammenhang mit Eingriffen, erzwungenen Technologietransfers und Diebstahl
geistigen Eigentums durch Einrichtungen aus Drittlindern entgegenzuwirken.

Um den Aufbau der erforderlichen entsprechenden Entwurfsfahigkeiten zu férdern,
konnen die Mitgliedstaaten solche Tétigkeiten im Einklang mit den Vorschriften iiber
staatliche Beihilfen, einschlieBlich aufgrund des Rahmens fiir staatliche Beihilfen fiir
Forschung, Entwicklung und Innovation*® oder der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der
Kommission®, unterstiitzen.

Um den Aufbau des erforderlichen Fertigungsvermdgens und der entsprechenden
Entwurfsfahigkeit zu unterstiitzen und damit die Versorgungssicherheit in der Union
sicherzustellen und die Resilienz des Halbleiterdkosystems der Union zu stirken, kann
eine Offentliche Unterstiitzung sinnvoll sein, sofern dies nicht zu Verzerrungen im
Binnenmarkt fiihrt. In diesem Zusammenhang ist es notwendig, bestimmte
Bedingungen fiir die Durchfiihrung spezifischer zur Verwirklichung der Ziele dieser
Verordnung beitragender Projekte durch Akteure auf Unionsebene zu harmonisieren
und einen Rahmen fiir die Anerkennung européischer Halbleitertechnologieinitiativen
zu schaffen.

Europdische Halbleitertechnologieinitiativen sollten in der Union neuartige
Féhigkeiten bereitstellen, die zur Unumginglichkeit, zur Resilienz, zum Erfolg, zur
Wettbewerbsfahigkeit und zur Versorgungssicherheit des Halbleiter6kosystem der
Union beitragen. Das Kriterium fiir die Einstufung als ,,neuartige* Initiative ist, dass
mit dieser ein innovatives Element in Bezug auf die Fertigungsprozesse oder das
Endprodukt in den Binnenmarkt eingefiihrt wird, das auf neuen oder bestehenden,
auch ausgereiften und hochmodernen Technologieknoten beruhen konnte. Eine
Initiative, die eine Innovation in Bezug auf den Herstellungsprozess oder das
Endprodukt bietet, die einer in der Union bereits bestehenden oder geplanten
Innovation dhnelt, kann dennoch als neuartig anerkannt werden, wenn nachgewiesen
werden kann, dass die Initiative erforderlich ist, um die Resilienz und
Versorgungssicherheit der Union zu gewihrleisten, indem tlibermifige strategische
Abhingigkeiten von Einfuhren aus Drittlindern verringert werden. Eine solche
Initiative sollte gesondert bewertet werden, wobei beispielsweise einschldgige
Marktanalysen, der Grad der Konzentration der Abhéingigkeiten und das Risiko der
Schaffung von Uberkapazititen zu beriicksichtigen sind.
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Mitteilung der Kommission — Unionsrahmen fiir staatliche Beihilfen zur Foérderung von Forschung,
Entwicklung und Innovation, C(2022) 7388 (ABI. C 414 vom 28.10.2022, S. 1).

Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommission vom 17. Juni 2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit
bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des
Vertrags liber die Arbeitsweise der Europdischen Union (ABI. L 187 vom 26.6.2014, S. 1, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2014/651/0j).
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Einschlagige Innovationselemente  neuartiger  Initiativen = konnten  der
Technologieknoten oder das Tragermaterial sein oder aber Ansitze, die zu
Verbesserungen bei der Rechenleistung oder anderen Leistungsmerkmalen, der
Energieeffizienz, dem Sicherheitsniveau, der Gefahrenabwehr oder der Zuverlissigkeit
sowie bei der Integration neuer Funktionen wie etwa der KI, bei der Speicherkapazitit
oder anderen Funktionen fithren. Die Integration verschiedener Prozesse, die zu
Effizienzsteigerungen flihren, oder die Automatisierung von Packaging und Montage
sind ebenfalls Beispiele fiir Innovation. In Bezug auf Umweltvorteile wiirden
innovative Elemente eine quantifizierbare Verringerung des Energie-, Wasser- oder
Chemikalienverbrauchs oder eine Verbesserung der Recyclingfahigkeit umfassen.

Damit offentliche Investitionen in europdische Halbleitertechnologieinitiativen und
strategische Projekte tatsdchlich zu einer Erhohung der Versorgungssicherheit und der
Resilienz der Union fiihren, sollten Unternechmen, die eine Anerkennung oder
Unterstiitzung im Rahmen dieser Verordnung beantragen, nachweisen, dass sie ihre
Lieferkette so gestalten werden, dass die Abhidngigkeit der Lieferkette von
auslidndischen Unternehmen verringert wird. Diese Informationen sollten, sofern dies
fiir die Téatigkeiten der Initiative relevant ist, die Herkunft der wesentlichen
Halbleiterfertigungsausriistungen und -triger und Angaben zum Umfang umfassen, in
dem aus Griinden der technischen Leistung eine Beschaffung von Unternehmen aus
Drittlindern  erforderlich ist. Im Falle der Front-End- oder Back-End-
Halbleiterfertigung sollten die Unternehmen auch die anderen einschlégigen vor- bzw.
nachgelagerten Front-End- oder Back-End-Fertigungsprozesse angeben, die mit der
Investition innerhalb und auB3erhalb der Union verbunden sind.

Um Investitionen in die Halbleiterfertigung zu erleichtern, sollten die Behorden die
notwendigen grundlegenden Voraussetzungen fiir den nachhaltigen Betrieb solcher
Anlagen berticksichtigen, einschlieBlich des Zugangs zu Energie, Wasser und anderen
kritischen Infrastrukturressourcen. Im Interesse der langfristigen Resilienz und
Nachhaltigkeit des Halbleiterokosystems in der Union sollte dem erwarteten
Ressourcenbedarf ~und den  mit  solchen  Investitionen  verbundenen
Umweltauswirkungen angemessen Rechnung getragen werden.

Bietet eine europdische Halbleitertechnologieinitiative Unternehmen, die vom
Betreiber der Anlage unabhéngig sind, Produktionskapazitit an, so sollte die Initiative
eine angemessene und wirksame funktionale Trennung vornehmen, umsetzen und
aufrechterhalten, um einen Austausch vertraulicher Informationen zwischen der
internen und der externen Produktion zu verhindern. Dies sollte fiir alle Informationen
gelten, die in der Entwurfsphase und im Rahmen der Front-End- oder Back-End-
Fertigungsprozesse erlangt werden.

Um als europidische Halbleitertechnologieinitiative eingestuft zu werden, sollte die
Einrichtung der Initiative durch ein inldndisches Unternehmen mittel- bis langfristig
eine eindeutig positive Auswirkung auf die Halbleiterwertschopfungskette der Union
im  Hinblick darauf haben, die Resilienz, Wettbewerbsfahigkeit und
Innovationsfihigkeit des Halbleiter-Okosystems, einschlieBlich des Wachstums von
Start-ups und KMU, sicherzustellen und zum parallelen griinen und digitalen Wandel
der Union beizutragen, mit Ausstrahlungseffekten iliber das Unternehmen oder den
betreffenden Mitgliedstaat hinaus. Aus denselben Griinden sollte die Beteiligung an
der Unternehmensplattform fiir die Halbleiterlieferkette (im Folgenden ,,Plattform®)
fiir Produktionsanlagen — wie Front-End- und Back-End-Produktionsanlagen, aber
auch fiir andere Produktionsanlagen wie zur Herstellung von Ausriistung, Trigern
oder Werkstoffen fiir die Halbleiterfertigung — verpflichtend sein. Diese Verpflichtung
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dient der Stirkung der Resilienz, Wettbewerbsfahigkeit und Innovation der
Lieferketten des Halbleiterokosystems. Fiir die FEinstufung als europiische
Halbleitertechnologieinitiative  konnen  verschiedene Tétigkeiten inlédndischer
Unternehmen in Betracht gezogen werden, die positive Ausstrahlungseffekte bewirken
sollen, beispielsweise die Gewdhrung des Zugangs zu Fertigungsanlagen gegen eine
marktiibliche Gebiihr, die Bereitstellung von Process Design Kits fiir kleinere
Entwurfsunternehmen oder fiir die virtuelle Entwurfsplattform, die Verbreitung von
Ergebnissen ihrer FuE-Tétigkeiten, die Forschungszusammenarbeit mit européischen
Universitdten und Forschungsinstituten, die Zusammenarbeit mit nationalen Behorden
oder Bildungs- und Berufsbildungseinrichtungen, um zur Kompetenzentwicklung
beizutragen, der Beitrag zu unionsweiten Forschungsprojekten, oder das Angebot
spezieller Unterstiitzungsmoglichkeiten fiir Start-ups und KMU. Auswirkungen, die
sich auf mehrere Mitgliedstaaten erstrecken, auch in Bezug auf Kohésionsziele, sollten
als einer der Indikatoren fiir eindeutig positive Auswirkungen einer europdischen
Halbleitertechnologieinitiative auf die Halbleiterwertschopfungskette in der Union
betrachtet werden.

Um Rechtsklarheit und eine einheitliche Anwendung dieser Verordnung zu
gewihrleisten, miissen die Bedingungen prézisiert werden, unter denen ein
Unternehmen als européische Halbleitertechnologieinitiative anerkannt werden kann.
Die Erfahrungen mit der Umsetzung des Rahmens fiir integrierte Produktionsstétten
und offene EU-Fertigungsbetriebe gemil der Verordnung (EU) 2023/1781 haben
gezeigt, dass bei den Unternehmen und Mitgliedstaaten Unsicherheiten dariiber
entstanden sind, ob der Status einer Halbleitertechnologieanlage vom Erhalt
offentlicher Unterstiitzung abhéngig ist. Daher sollte ausdriicklich klargestellt werden,
dass sich ein Antrag auf einen solchen Status zwar auf eine neuartige Initiative
beziehen sollte, die Gewihrung des Status jedoch nicht davon abhingig gemacht
werden sollte, ob dafiir bereits Unterstiitzung oder administrative Hilfe geleistet wird.
Folglich konnen neuartige Initiativen unabhéngig davon, ob sie Offentliche Mittel
empfangen, den Status einer europdischen Halbleitertechnologieinitiative erhalten,
sofern sie die in dieser Verordnung festgelegten einschligigen Anforderungen
erfiillen.

Es st wichtig, dass europdische Halbleitertechnologieinitiativen nicht der
extraterritorialen Anwendung von Gemeinwohlverpflichtungen unterliegen, die von
Drittlindern auferlegt werden und die ihre Féhigkeit beeintrachtigen konnten, das
Endprodukt ihrer Infrastruktur, Software, Dienste, Anlagen, Vermogenswerte oder
Ressourcen, ihres geistigen Eigentums oder ihrer Fachkenntnisse zu nutzen oder
wiederauszufiihren, das sie zur Erfiillung ihrer Verpflichtungen aus dieser Verordnung
bendtigen, insbesondere derjenigen in Verbindung mit der Versorgungssicherheit.

Angesichts der raschen Entwicklung der Halbleitertechnologien und im Hinblick auf
die Stirkung der kiinftigen industriellen Wettbewerbsfdhigkeit der Union sollten
europdische Halbleitertechnologieinitiativen in der Union in kontinuierliche
Innovation investieren, um konkrete Fortschritte in der Halbleitertechnologie zu
erzielen oder Technologien der ndchsten Generation vorzubereiten. Solche Initiativen
sollten in der Lage sein, neue Entwicklungen zu testen und zu erproben, und zwar
dank ihres bevorzugten Zugangs zu den Pilotanlagen der mit der Verordnung
(EU) 2023/1781 eingerichteten Initiative ,,Chips flir Europa“ und der Initiative ,,Chips
fiir Europa 2.0%, der durch im Schnellverfahren bearbeitete Antrige gewdhrt wird.
Durch einen solchen bevorzugten Zugang sollte der effektive Zugang anderer
interessierter Unternehmen, insbesondere Start-ups und KMU, zu den Pilotanlagen
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unter fairen Bedingungen weder ausgeschlossen noch verhindert werden. Unter
Bertiicksichtigung der Bedeutung qualifizierter Arbeitskréfte fiir die Verwirklichung
der Ziele dieser Verordnung sollten europdische Halbleitertechnologieinitiativen die
Talentpipeline der Union durch die Entwicklung und den Einsatz von Bildungs- und
Qualifizierungsmafnahmen und durch die Ausweitung des Pools an qualifizierten
Arbeitskriften unterstiitzen.

Um ein einheitliches und transparentes Verfahren fiir die Erlangung des Status einer
europdischen Halbleitertechnologieinitiative zu ermdglichen, sollte die Kommission
den Beschluss iiber die Zuerkennung dieses Status jeweils auf Antrag einzelner
Unternehmen oder von Unternehmenskonsortien erlassen. Der Status sollte sowohl fiir
die Errichtung einer neuen Halbleiterfertigungsinitiative als auch fiir die erhebliche
Ausweitung oder innovative Umgestaltung einer bestehenden
Halbleiterfertigungsinitiative gelten. Um der Bedeutung einer koordinierten und
kooperativen Umsetzung der geplanten Anlage Rechnung zu tragen, sollte die
Kommission gegebenenfalls bei ihrer Bewertung die Bereitschaft eines oder mehrerer
Mitgliedstaaten, in dem bzw. denen der Antragsteller seine Initiative einzurichten
beabsichtigt, beriicksichtigen, die Einrichtung dieser Initiative zu unterstiitzen.
Dariiber hinaus konnte die Kommission bei der Bewertung der Tragfihigkeit des
Geschéftsplans die Gesamtergebnisse des Antragstellers sowie das Vorliegen
geeigneter MaBBnahmen zum Schutz geistigen Eigentums und wirtschaftlich sensibler
Informationen beriicksichtigen.

Angesichts der mit der Anerkennung als europdische Halbleitertechnologieinitiative
verbundenen Rechte sollte die Kommission tiberwachen, ob Initiativen, denen dieser
Status zuerkannt wurde, die in dieser Verordnung festgelegten Anforderungen
weiterhin erfiillen. Ist dies nicht mehr der Fall, so sollte die Kommission das Recht
haben, den Status und die damit verbundenen Rechte zu iiberpriifen und diesen Status
erforderlichenfalls aufzuheben. Ein etwaiger Beschluss iiber die Aufhebung dieses
Status sollte nur nach Konsultation des Européischen Halbleitergremiums und mit
ordnungsgemilBer Begriindung angenommen werden. Dementsprechend sollte das
Unternehmen, das eine europdische Halbleitertechnologieinitiative betreibt, die
Moglichkeit haben, proaktiv eine Uberpriifung der Dauer des Status oder der
Durchfiihrungsplidne zu beantragen, wenn unvorhergesehene duflere Umsténde, wie
etwa schwerwiegende Storungen mit unmittelbaren wirtschaftlichen Auswirkungen
auf die anerkannte Initiative, Auswirkungen auf seine Féhigkeit haben konnten, die
anwendbaren Kriterien zu erfiillen.

Um die technologische Souverinitit, die Resilienz, die Unumginglichkeit, die
Wettbewerbsfahigkeit und den Erfolg der Union im Bereich der Halbleitertechnik zu
starken, miissen von inldndischen Unternehmen durchgefiihrte Projekte von
strategischer Bedeutung entlang der gesamten Halbleiterwertschopfungskette ermittelt
und unterstiitzt werden. Unbeschadet des nichsten mehrjdhrigen Finanzrahmens
(2028-2034) sollte strategischen Projekten im Halbleiterbereich Unterstiitzung aus
Programmen, Fonds und Instrumenten der Union im Einklang mit den in den
Verordnungen zur Einrichtung dieser Fonds und Programme festgelegten Zielen
gewdhrt werden. Insbesondere sollte diesen strategischen Projekten das
Wettbewerbsfahigkeitssiegel verliechen werden, wenn sie die in der Verordnung
(EU) 2026/XXX [zur Einrichtung des Europdischen Fonds fiir Wettbewerbsfahigkeit
(ECF)] ([1]) festgelegten Bedingungen als hochwertige Projekte erfiillen, die zum Ziel
des Europdischen Fonds fiir Wettbewerbsfahigkeit beitragen. Strategische Projekte
sollten zu Zielen von gemeinsamem Unionsinteresse beitragen und die Kapazititen der
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Union fiir Entwurf, Herstellung und Integration fortgeschrittener Halbleitertechnik
stairken sowie einen klaren Unionsmehrwert und eine grenziiberschreitende Dimension
aufweisen, insbesondere durch die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten
oder durch eine koordinierte 6ffentliche Unterstiitzung. Sie sollten zur Foérderung der
Resilienz und Robustheit des Halbleiterokosystems der Union beitragen, unter
anderem durch die Beseitigung von Engpéssen, die Starkung der Halbleiterlieferketten
und die Verbesserung der Innovation und industriellen Einfiihrung. Die Beteiligung
innovativer KMU und kleiner Midcap-Unternehmen an strategischen Projekten wird
unterstutzt.

Sowohl strategische Projekte als auch europidische Halbleitertechnologieinitiativen
sollten sich nicht nur auf hochmoderne Halbleiterknoten konzentrieren konnen,
sondern auch auf innovative bestehende und ausgereifte Technologieknoten, wenn
dies erforderlich ist, um die Wettbewerbsfahigkeit, Resilienz  und
Versorgungssicherheit der Union bei strategisch wichtigen Halbleitertechnologien und
industriellen Anwendungen zu erhalten und auszubauen. Damit strategische Projekte
wirksam zur langfristigen Wettbewerbsfahigkeit der Union beitragen, sollten solche
Projekte die Entwicklung oder Einfiihrung kritischer Kapazititen, Technologien oder
Féhigkeiten in der Union unterstiitzen. Dies sollte insbesondere Tétigkeiten umfassen,
die strategische Abhédngigkeiten verringern und die technologische Fiihrungsposition
der Union in Schliisselsegmenten der Halbleiterwertschopfungskette stirken, unter
anderem durch die Ermdéglichung, Férderung oder Sicherung kritischer Technologien
und Fahigkeiten innerhalb der Union.

Werden strategische Projekte iiber mehrere Standorte hinweg umgesetzt, sollten sie
von einem einzigen Konsortium durchgefiihrt werden und als integrierte Einheit
funktionieren, um Kohirenz, Effizienz und eine wirksame Koordinierung der
Tétigkeiten zu gewéhrleisten.

Angesichts des strategischen Charakters des Halbleitersektors und seiner Bedeutung
fiir die Sicherheit sollten fiir die Beteiligung an strategischen Projekten angemessene
Bedingungen gelten. Im Einklang mit Artikel 136 der Verordnung (EU,
Euratom) 2024/2509 des Europiischen Parlaments und des Rates®® wiire es moglich,
die Beteiligung bestimmter Einrichtungen zu beschrinken oder auszuschlieBen, wenn
dies den strategischen Vermdgenswerten, den Interessen, der Autonomie oder der
Sicherheit der Union zuwiderlaufen wiirde. Grundsétzlich sollte die Beteiligung an
strategischen Projekten auf in der Union niedergelassene Rechtstrager beschrankt
werden. Abweichend davon und in hinreichend begriindeten Féllen kann die
Beteiligung jedoch auf in Drittlindern niedergelassene Rechtstrdger ausgeweitet
werden, sofern dies den anwendbaren Bedingungen und Garantien entspricht und den
strategischen Vermogenswerten, den Interessen, der Autonomie oder der Sicherheit
der Union nicht zuwiderléduft.

Um fiir Flexibilitdt zu sorgen und den technologischen Entwicklungen sowie den sich
wandelnden Markterfordernissen Rechnung zu tragen, sollte in dieser Verordnung eine
Liste indikativer Technologiebereiche fiir strategische Projekte festgelegt werden. Der
Kommission sollte die Befugnis iibertragen werden, diese Liste gemal
Artikel 290 AEUV zu édndern, um diese Bereiche angesichts des technologischen
Wandels und der fiir den Halbleitersektor relevanten Marktentwicklungen zu
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Verordnung (EU, Euratom) 2024/2509 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 23. September
2024 tiber die Haushaltsordnung fiir den Gesamthaushaltsplan der Union (ABIL. L, 2024/2509,
26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/0j).
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aktualisieren. Zur Gewihrleistung einer kohdrenten und effizienten Ermittlung und
Auswahl strategischer Projekte sollte die Kommission unter Beriicksichtigung der
Stellungnahme des Europdischen Halbleitergremiums vorrangige Bereiche ermitteln
und eine Liste von Themen fiir mogliche Projekte erstellen. Die Durchfiihrung von
MaBinahmen zur Unterstiitzung solcher Projekte sollte gegebenenfalls iiber das
Gemeinsame Unternehmen fiir Chips im Einklang mit seiner Satzung und seinen
Arbeitsprogrammen erfolgen. Um die Souverdnitit der Union zu stirken und die
Sicherheit der Versorgung mit hochmodernen Halbleitern zu gewéhrleisten, ist es
angezeigt, vorrangig einen offenen Fertigungsbetrieb fiir fortgeschrittene
Halbleiterfertigungsfiahigkeiten in der Union Vorrang einzurichten, der gegebenenfalls
auf der Grundlage des offenen Zugangs fiir verschiedene Nutzer betrieben werden
sollte. Dieses strategische Projekt konnte durch andere strategische Projekte erginzt
werden, z. B. in den Bereichen Speicher, Entwurf und andere Halbleitertechnologien.

Das Gemeinsame Unternehmen fiir Chips sollte im Rahmen seines Arbeitsprogramms
MaBnahmen zur Unterstiitzung strategischer Projekte durchfiihren, unter anderem
durch Aufforderungen zur Einreichung von Vorschligen im Einklang mit seinen
geltenden Vorschriften. Die Vorschldge sollten nach den Verfahren und Kriterien
bewertet werden, die in dem fiir das Gemeinsame Unternehmen fiir Chips geltenden
Rahmen festgelegt sind. Um Effizienz zu gewihrleisten und doppelte Bewertungen zu
vermeiden, sollte sich die Kommission bei der Benennung strategischer Projekte auf
die Ergebnisse der vom Gemeinsamen Unternehmen fiir Chips durchgefiihrten
Bewertung stiitzen. Projekte, die fiir eine Finanzierung durch das Gemeinsame
Unternehmen fiir Chips ausgewdhlt wurden und die in dieser Verordnung festgelegten
Kriterien erfiillen, sollten fiir die Benennung als strategische Projekte in Betracht
kommen.

Die Benennung eines Projekts als strategisches Projekt sollte das Ergebnis von
Finanzierungsbeschliissen im Rahmen des Gemeinsamen Unternehmens flir Chips
unberiihrt lassen. Projekte, die nicht fiir eine Unionsfinanzierung ausgewihlt wurden,
sollten dennoch vorbehaltlich der Zustimmung des Antragstellers den Status eines
strategischen Projekts erhalten konnen, sodass sie die mit dem Status gemdl dieser
Verordnung verbundenen Rechte geniefen konnen und den entsprechenden
Verpflichtungen unterliegen. Zu den Rechten gehoren die Einbeziehung strategischer
Projekte in das Nachfrageforum, der mogliche Erhalt 6ffentlicher und administrativer
Unterstiitzung und der Erhalt eines Status des liberwiegenden 6ffentlichen Interesses
sowie moglicherweise eines Status der hdchsten nationalen Bedeutung, der fiir
Genehmigungsverfahren relevant ist; die Verpflichtungen umfassen diejenigen, die
auch fiir europdische Halbleitertechnologieinitiativen gelten, wie die Beteiligung an
der Unternehmensplattform fiir die Halbleiterlieferkette und die Verpflichtung zur
Annahme vorrangiger Auftridge. Strategische Projekte sollten dieselben Rechte
genieBen und denselben  Verpflichtungen unterliegen wie  europédische
Halbleitertechnologieinitiativen, sofern sie die einschldgigen Anforderungen erfiillen,
damit ein kohdrenter Rechtsrahmen gewahrt bleibt und sie einen moglichst groBen
Beitrag zu den Zielen der Union im Halbleitersektor leisten. Bei einer solchen
Benennung sollte gegebenenfalls auch ihr Status als neuartige Initiative bestdtigt und
die Dauer dieses Status auf der Grundlage der erwarteten Lebensdauer des Projekts
festgelegt werden.

Damit strategische Projekte auch weiterhin die in dieser Verordnung festgelegten
Kriterien erfiillen, sollte die Kommission die Benennung eines Projekts widerrufen
konnen, wenn diese Kriterien nicht mehr erfiillt werden oder die Benennung auf
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unrichtigen Informationen beruhte. Vor dem Erlass eines solchen Beschlusses sollte
die Kommission sicherstellen, dass die betreffenden Unternehmen im Einklang mit
dem Grundsatz der guten Verwaltungspraxis Gelegenheit zur Anhorung erhalten, und
die Stellungnahme des Europdischen Halbleitergremiums beriicksichtigen. Wird die
Benennung eines strategischen Projekts widerrufen, so sollte dieses Projekt alle
Rechte und Pflichten im Zusammenhang mit diesem Status gemal dieser Verordnung
verlieren. Solche Projekte sollten jedoch fiir einen begrenzten Zeitraum spezifischen
Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Versorgungssicherheit unterliegen, sofern
dies in dieser Verordnung vorgesehen ist.

Um eine einfache und rasche Genehmigungserteilung zu gewihrleisten, sollten die
Mitgliedstaaten sicherstellen, dass die Genehmigungsverfahren fiir europdische
Halbleitertechnologieinitiativen und strategische Projekte in einem einheitlichen
Verfahren mit einer einzigen Beantragung organisiert werden. Dariiber hinaus sollten
die Mitgliedstaaten eine zentrale Anlaufstelle benennen, die als einzige Kontaktstelle
fiir das Projekt dient, um eine effiziente, transparente und zeitnahe Bearbeitung der
Antrédge zu erleichtern und zu koordinieren.

Es ist notwendig, dass europdische Halbleitertechnologieinitiativen und strategische
Projekte so schnell wie mdglich eingerichtet werden, wobei der Verwaltungsaufwand
auf ein Minimum zu beschrianken ist. Aus diesem Grund sollten die Mitgliedstaaten
Antrdge im Zusammenhang mit Planung, Bau und Betrieb solcher Anlagen so ziigig
wie moglich bearbeiten. Um die Einfiihrung europdischer
Halbleitertechnologieinitiativen und strategischer Projekte weiter zu beschleunigen,
sollten klare und verbindliche Fristen fiir Genehmigungsverfahren festgelegt werden.
Insbesondere sollte die Gesamtdauer solcher Verfahren den festgelegten Zeitraum von
zwOlf Monaten ab dem Zeitpunkt des Eingangs eines vollstindigen Antrags nicht
iberschreiten, unbeschadet kiirzerer Fristen, die von den Mitgliedstaaten festgelegt
werden.

Angesichts des potenziell grenziiberschreitenden  Charakters  européischer
Halbleitertechnologieinitiativen und strategischer Projekte sollten sich die
Mitgliedstaaten nach besten Kriften um eine wirksame Zusammenarbeit und
Koordinierung auf der Ebene der zustindigen Behorden, auch zwischen benannten
zentralen Anlaufstellen, bemiihen, um kohérente und zeitnahe Entscheidungsprozesse
zu erleichtern.

Die Digitalisierung der Genehmigungsverfahren ist wichtig, um die Transparenz,
Effizienz und Rechtssicherheit zu verbessern. Die Mitgliedstaaten sollten daher auf
nationaler Ebene zentrale Zugangsportale einrichten, die es Antragstellern
ermdglichen, ihre Antrdge in einem vollstindig digitalen Umfeld einzureichen und zu
verwalten. Durch die Nutzung interoperabler digitaler Losungen, einschlieBlich
europdischer Unternehmensbrieftaschen, sollte ein sicherer Datenaustausch, die
Weiterverwendung vorhandener Informationen und die nahtlose Interaktion zwischen
Antragstellern und zustidndigen Behorden erleichtert und gleichzeitig ein hohes Mal3
an Cybersicherheit und Datenintegritit gewihrleistet werden. Um die Transparenz und
Berechenbarkeit fiir die Antragsteller zu verbessern, sollte das zentrale Zugangsportal
aktuelle Informationen iiber den Stand der Antrége, die anwendbaren Verfahren und
Fristen sowie Mitteilungen {iber die von den zustindigen Behorden getroffenen
Entscheidungen bereitstellen.

Ebenso sollten die Mitgliedstaaten zur Unterstiitzung von Investitionsentscheidungen
und zur Verringerung von Informationsasymmetrien einschlégige Informationen tiber
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Genehmigungsverfahren,  Finanzierungsmoglichkeiten,  Dienstleistungen  zur
Unterstiitzung von Unternehmen und geltende regulatorische Anforderungen zentral
und leicht zugénglich online zur Verfligung stellen. Sie sollten auch fiir eine
angemessene Nutzung bestehender Studien, Genehmigungen und Zulassungen im
Zusammenhang mit Planung, Bau und Betrieb europdischer
Halbleitertechnologieinitiativen und strategischer Projekte sorgen, sofern dies mit dem
Unionsrecht und dem nationalen Recht vereinbar ist, um Doppelarbeit in den
Verwaltungsverfahren zu vermeiden und Verzégerungen zu verringern. Angesichts der
strategischen =~ Bedeutung und der zeitlichen  Sensibilitit  européischer
Halbleitertechnologieinitiativen und strategischer Projekte sollten die Mitgliedstaaten
sicherstellen, dass Verwaltungs- und Gerichtsverfahren im Zusammenhang mit der
Genehmigungserteilung als dringend behandelt werden, sofern und soweit dies nach
nationalem Recht vorgesehen ist, wobei die Verteidigungsrechte und die Rechte der
betroffenen Personen und Gemeinschaften uneingeschrankt zu achten sind.

Mit der Verordnung (EU) [202X/XX] vom [...]’! wird ein gemeinsamer Rahmen fiir
die Beschleunigung von Umweltpriifungen geschaffen, um die Einflihrung von
Schliisseltechnologien in der Union anzukurbeln, Abhédngigkeiten zu verringern und
die Wettbewerbsfahigkeit zu stirken. In allen Wirtschaftszweigen sollten die
Verfahren im Zusammenhang mit Umweltpriifungen fiir Pldne, Programme und
Projekte beschleunigt und gestrafft werden, wobei gleichzeitig ein hohes Schutzniveau
fiir die menschliche Gesundheit und die Umwelt aufrechterhalten werden sollte. In
einigen Sektoren konnen jedoch noch schnellere Umweltpriifungen erforderlich sein.
Um die Kohédrenz des Rechtsrahmens fiir Umweltpriifungen zu gewéhrleisten und
gleichzeitig dem zusitzlichen Beschleunigungsbedarf in bestimmten strategischen
Sektoren Rechnung zu tragen, wird mit der Verordnung (EU)[202X/XX] ein
spezielles Instrumentarium bereitgestellt, das auch im Rahmen der vorliegenden
Verordnung genutzt werden sollte. Angesichts der wesentlichen Rolle der
Halbleitertechnik bei der Verwirklichung der Klimaziele der Union durch die
Einfilhrung neuartiger, nachhaltigerer Technologien und Produktionsverfahren, die
Integration von Halbleitern in Netto-Null-Technologien und ihres Beitrags zur
Resilienz und wirtschaftlichen Sicherheit der Union sollten europédische
Halbleitertechnologieinitiativen und strategische Projekte im Sinne der vorliegenden
Verordnung auch als strategische Projekte im Sinne der Verordnung (EU) [202X/XX]
gelten und ihnen sollte daher auch das mit der genannten Verordnung eingefiihrte
spezielle Instrumentarium zugutekommen.

Im Halbleitersektor florieren Unternehmen in spezialisierten lokalen Clustern, die
Investitionen anziehen, Innovationen fordern und resiliente industrielle Okosysteme
entstehen lassen konnen. Regionen und regionale Industriecluster spielen eine
entscheidende Rolle bei der Entwicklung und Erleichterung der Schaffung solcher
Okosysteme. Es sollte ein Giitesiegel fiir europiische Halbleiterexzellenzregionen
eingefiihrt werden, um Regionen in der Union zu ermitteln, anzuerkennen und zu
fordern, die eine langfristige, koordinierte Strategie zur Aufnahme, Anziehung und
Ausweitung von Investitionen 1im Zusammenhang mit Halbleitern und
Halbleiterwertschopfungsketten verfolgen. Internationale Investoren sollten in einer
europdischen Halbleiterexzellenzregion das ideale Umfeld fiir die Entwicklung mit
Halbleitern verbundener Geschifte finden konnen. Ein solches Siegel sollte von der
Kommission auf Antrag regionaler Behorden auf der Grundlage der Kohérenz und
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Vorschlag fiir eine Verordnung des Europédischen Parlaments und des Rates zur Beschleunigung von
Umweltpriifungen, COM(2025) 984 final vom 10.12.2025.
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Glaubwiirdigkeit eines Investitionsplans der Halbleiterregion und des Engagements
der zustindigen Behorden verliehen werden, und der betreffende Mitgliedstaat sollte
dem Antrag zustimmen, um die politische Koordinierung zwischen den verschiedenen
Regierungsebenen sicherzustellen.

Antragstellende Regionen sollten einen Investitionsplan der Halbleiterregion
ausarbeiten. Die in diesem Plan vorgeschlagenen Mafinahmen sollten insbesondere auf
die Rahmenbedingungen zur Stirkung der Halbleiterfertigung, die FuE-
Zusammenarbeit, die Kompetenzentwicklung oder auf nachhaltige Infrastrukturen
ausgerichtet sein und ihre Bereitschaft signalisieren, Halbleiterinvestitionsprojekte in
ihrer Region aufzunehmen.

Sobald einer Region das Siegel verliehen wird, sollte sie in den Genuss bestimmter
Moglichkeiten kommen, darunter auch verstérkter Partnerschaften mit der Industrie
und mit Forschungseinrichtungen, und einer grofleren Attraktivitét fiir internationale
Investoren, die zuverldssige Standorte mit hohem Potenzial suchen. Anerkannte
Regionen sollten sich einem Netz der europidischen Halbleiterexzellenzregionen
anschlielen konnen, das es ihnen ermoglicht, Fachwissen auszutauschen, Allianzen zu
schmieden und ihre Wirkung in der gesamten Union zu verstirken. Gleichzeitig wiirde
die internationale Anerkennung ihrer Strategien ihren Ruf als erstklassige Standorte
fiir Halbleiterinnovationen und -investitionen stirken.

Halbleiter sind wesentliche Komponenten, die in von kritischen Einrichtungen
genutzte Infrastrukturen, Ausriistungen und Systeme eingebettet sind, einschlieBlich
solcher, die unter die Richtlinie (EU) 2022/2555 des Europidischen Parlaments und des
Rates? fallen. Das Funktionieren, die Sicherheit und die Kontinuitit dieser kritischen
Einrichtungen héngen zunehmend von der Verfiigbarkeit, Integritit und
Vertrauenswiirdigkeit der Halbleiterkomponenten und ihrer Lieferanten ab. Um die
Anfilligkeit der Union fiir Lieferkettenschocks und Abhéngigkeiten von wenigen
Lieferanten aus Drittlindern zu verringern, miissen Transparenz und Resilienz bei der
Beschaffung von Halbleitern im Rahmen der Vergabe offentlicher Auftrige fiir
kritische Infrastrukturen und Dienstleistungen gestirkt werden. Die Vergabe
offentlicher Auftrige gemidB den Richtlinien 2014/23/EU%, 2014/24/EU* und
2014/25/EU°® des Europiischen Parlaments und des Rates macht einen erheblichen
Teil der Nachfrage in der Union aus und kann eine strategische Rolle bei der
Forderung zuverldssiger und resilienter Halbleiterlieferketten spielen. Offentliche
Auftraggeber oder Vergabestellen, die kritische Infrastrukturen beschaffen, sollten
Erwiagungen der Versorgungssicherheit in den gesamten Beschaffungsprozess
einbeziehen und auch beriicksichtigen, wie die in die beschafften Ausriistungen oder
Systeme eingebauten Halbleiter wegen ihrer Entwurfs- und Fertigungsmerkmale einen
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Richtlinie (EU) 2022/2555 des Européischen Parlaments und des Rates vom 14. Dezember 2022 iiber
MaBnahmen fiir ein hohes gemeinsames Cybersicherheitsniveau in der Union, zur Anderung der
Verordnung (EU) Nr. 910/2014 und der Richtlinie (EU) 2018/1972 sowie zur Aufhebung der Richtlinie
(EU) 2016/1148 (NIS-2-Richtlinie) (ABL L 333 vom  27.12.2022, S. 80, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2555/0j).

Richtlinie 2014/23/EU des Europiischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 iiber die
Konzessionsvergabe (ABI. L 94 vom 28.3.2014, S. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/23/0j).
Richtlinie 2014/24/EU des Europiischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 iiber die
offentliche Auftragsvergabe und zur Aufhebung der Richtlinie 2004/18/EG (ABI. L 94 vom 28.3.2014,
S. 65, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/24/0j).

Richtlinie 2014/25/EU des Européischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 {iber die
Vergabe von Auftrigen durch Auftraggeber im Bereich der Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung
sowie der Postdienste und zur Aufhebung der Richtlinie 2004/17/EG, (ABIl. L 94 vom 28.3.2014,
S. 243, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/25/0j).
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Mehrwert fir die Resilienz der Halbleiterlieferkette der Union schaffen. Diese
Erwégungen lassen die Rechtsvorschriften der Union zur Cybersicherheit unbertihrt.

Die Aufforderung an oOffentliche Auftraggeber und Vergabestellen, von den
Wirtschaftsteilnehmern eine Erkldrung zur Versorgungssicherheit im Hinblick auf den
Bezug von Halbleitern zu verlangen, wiirde die Transparenz in allen Lieferketten
erhohen und eine fundierte Entscheidungsfindung in Vergabeverfahren ermoglichen,
ohne einen unverhdltnisméfigen Verwaltungsaufwand zu verursachen, und liefe
offentlichen Auftraggebern und Vergabestellen einen Ermessensspielraum im Hinblick
darauf, ob sie eine solche Erkldrung in allen Vergabeverfahren verlangen wollen.
Diese Erkldarung sollte erforderlichenfalls Schliisselelemente enthalten, die eine
Bewertung der Robustheit der Lieferkette ermoglichen, einschlieBlich der Angabe der
beteiligten Unternehmen, der Vielfalt der Lieferanten, des Mehrwerts fiir die Resilienz
der Halbleiterlieferkette der Union, der Strategien zur Erhohung der Resilienz, z. B.
durch Doppelquellenbeschaffung unter Einbeziehung inldndischer Unternehmen, und
der Schwachstellenbewertungen in Bezug auf potenzielle Stérungen sowie
gegebenenfalls einschldgiger Risikobewertungen, die gemdll dieser Verordnung
durchgefiihrt werden. Damit Erwidgungen der Resilienz, der Sicherheit und des
Mehrwerts einer europdischen Lieferkette wirksam in Beschaffungsentscheidungen
einbezogen werden, konnen oOffentliche Auftraggeber und Vergabestellen in den
Auftragsunterlagen Anforderungen an die Versorgungssicherheit im Zusammenhang
mit der Beschaffung von Halbleitern festlegen, die in die Infrastrukturen,
Ausriistungen oder Systeme integriert werden, die Gegenstand des offentlichen
Auftrags sind. Dazu konnen sie technische Spezifikationen, Auswahlkriterien,
Zuschlagskriterien oder Klauseln fiir die Auftragsausfithrung darin aufnehmen.

Der durch die Richtlinien 2014/24/EU, 2014/25/EU und 2009/81/EG geschaffene
Rahmen fiir die Vergabe offentlicher Auftrige enthédlt Bestimmungen, die es
offentlichen Auftraggebern ermdoglichen, Wirtschaftsteilnehmer auszuschlieBen, die
sich im Zusammenhang mit der Teilnahme an einem Vergabeverfahren einer
schwerwiegenden  Tduschung schuldig gemacht, einschldgige  Auskiinfte
zuriickgehalten oder falsche oder irrefithrende Informationen iibermittelt haben. Diese
Bestimmungen gelten weiterhin fiir Vergabeverfahren, die von nationalen 6ffentlichen
Auftraggebern durchgefiihrt werden und unter diese Verordnung fallen.

Da Freihandelsabkommen, Zollunionen und das WTO-Ubereinkommen iiber das
offentliche Beschaffungswesen®® Verpflichtungen in Bezug auf den Zugang zu
offentlichen Auftragen enthalten, sollten in diesem Zusammenhang Unternehmen aus
Drittldndern, die solche internationalen Abkommen mit der Union geschlossen haben,
die diesen Zugang garantieren, als inlidndische Unternehmen betrachtet werden.
Darliber hinaus spiegeln diese internationalen Abkommen sowie strategische
Halbleiterpartnerschaften auch eine gegenseitige Verpflichtung der Union und ihrer
Partner zur Sicherung internationaler Halbleiterlieferketten wider, weshalb
Unternehmen aus diesen Partnerlindern der Union eine Gleichstellung gegeniiber
inlandischen Unternehmen gewéhrt wird.

Fiir die Zwecke dieser Verordnung sollten bei der Beurteilung, ob es sich bei einem
Unternehmen um ein inlidndisches oder gleichgestelltes Unternehmen handelt oder
nicht, die Eigentumsstruktur und die Kontrolle eines solchen Unternehmens
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Protokoll zur Anderung des Ubereinkommens iiber das 6ffentliche Beschaffungswesen (ABI. L 68 vom
7.3.2014, S. 2, ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/2014/115/0j), das am 6 April 2014 in Kraft trat (ABI.
L 89 vom 25.3.2014, S. 5).
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beriicksichtigt werden. Zur Beurteilung der Kontrolle sollten Unternehmen als von
einem Drittland oder einem Rechtstridger eines Drittlands kontrolliert gelten, wenn
dieses Drittland oder dieser Rechtstrager in der Lage ist, direkt oder indirekt einen
bestimmenden Einfluss auf seine strategischen Entscheidungen auszuiiben, und zwar
insbesondere dadurch, dass es/er das Recht oder die Befugnis hat, die Mehrheit der
Mitglieder des Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgans des zu betreffenden
Unternehmens zu bestellen oder abzuberufen; es/er allein durch die Ausiibung seiner
Stimmrechte die Mehrheit der Mitglieder des Verwaltungs-, Leitungs- oder
Aufsichtsorgans des betreffenden Unternehmens fiir das laufende und das
vorhergehende Geschiftsjahr bestellt hat; es/er durch eine Vereinbarung mit anderen
Aktiondren oder Gesellschaftern des betreffenden Unternehmens allein iiber die
Mehrheit der Stimmrechte der Aktiondre oder Gesellschafter dieses Unternehmens
verfiigt; es/er das Recht hat, auf das betreffende Unternehmen aufgrund eines mit ihm
geschlossenen Vertrages oder aufgrund einer in seiner Griindungsurkunde oder
Satzung niedergelegten Bestimmung einen beherrschenden Einfluss auszuiiben, sofern
das Recht, dem das betreffende Unternehmen unterliegt, es zuldsst, dass es solchen
Vertragen oder Bestimmungen unterworfen wird; es/er die Befugnis hat, de facto von
dem Recht zur Ausiibung eines beherrschenden Einflusses iiber das zu bewertende
Unternehmen Gebrauch zu machen, ohne dieses Recht selbst innezuhaben; es/er
Nutzungsrechte an der Gesamtheit oder an Teilen des Vermdgens des betreffenden
Unternechmens hat; es/er die Geschifte des betreffenden Unternehmens auf einer
einheitlichen Grundlage mit Erstellung eines konsolidierten Abschlusses fiihrt; oder
es/er gesamtschuldnerisch fiir die finanziellen Verbindlichkeiten des betreffenden
Unternehmens haftet oder fiir es biirgt.

Die Verordnung (EU) Nr. 654/2014 des Europiischen Parlaments und des Rates’’
ermOglicht es der Union, Zugestindnisse oder sonstige Verpflichtungen aus
internationalen Handelsiibereinkiinften auszusetzen oder zuriickzunehmen, um auf
Verstofe von Drittlindern gegen internationale Handelsregeln zu reagieren, die die
Handelsinteressen der Union beriihren. Jede Ausiibung der Rechte der Union nach der
Verordnung (EU) 2021/167 sollte sich auch in der Auslegung der Definition des
Begriffs ,jinlédndisches Unternehmen“ nach der vorliegenden Verordnung
niederschlagen.

Zusétzlich zu den Herausforderungen im Zusammenhang mit der Sicherheit der
Versorgung mit Halbleitern wird zunehmend auch auf Cybersicherheitsrisiken
aufmerksam gemacht, die mit der Beschaffung kritischer Infrastrukturen,
Ausriistungen oder Systeme von bestimmten Lieferanten verbunden sind. Solche
Cybersicherheitsrisiken sollten nicht in den Anwendungsbereich dieser Erklarung
fallen, die von Wirtschaftsteilnehmern in Vergabeverfahren im Zusammenhang mit
der Bereitstellung oder Nutzung von Halbleitern vorgelegt wird, und unterliegen dem
geltenden Rechtsrahmen der Union fiir die Cybersicherheit. Ungeachtet dessen miissen
die Wirtschaftsteilnehmer die einschldgigen Rechtsvorschriften der Union zur
Cybersicherheit einhalten und im Einklang mit damit handeln.
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Verordnung (EU) Nr. 654/2014 des Europédischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 iiber die
Ausiibung der Rechte der Union in Bezug auf die Anwendung und die Durchsetzung internationaler
Handelsregeln und zur Anderung der Verordnung (EG) Nr.3286/94 des Rates zur Festlegung der
Verfahren der Gemeinschaft im Bereich der gemeinsamen Handelspolitik zur Ausiibung der Rechte der
Gemeinschaft nach internationalen Handelsregeln, insbesondere den im Rahmen der
Welthandelsorganisation vereinbarten Regeln (ABl. L 189 vom 27.6.2014, S.50, ELIL
http://data.europa.eu/eli/reg/2014/654/0j).
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Angesichts der Komplexitit und des sich wandelnden Charakters der
Halbleiterlieferketten sollte die Kommission in Abstimmung mit dem Europdischen
Halbleitergremium und einschldgigen Interessentrigern aus der Industrie
erforderlichenfalls Empfehlungen abgeben, in denen spezifische Infrastrukturen,
Ausriistungen oder Systeme aufgefiihrt werden, fiir die die Lieferkettenresilienz
angesichts potenzieller Risiken in der Lieferkette besonders wichtig ist, und diese
Empfehlungen sollten von o6ffentlichen Auftraggebern und Vergabestellen bei der
Vorbereitung und Durchfiihrung von Vergabeverfahren beriicksichtigt werden, um so
eine einheitliche Umsetzung in der gesamten Union zu unterstiitzen.

Um  Flexibilitit zu wahren und unangemessene Einschrinkungen der
Vergabeverfahren zu vermeiden, sollte es Offentlichen Auftraggebern und
Vergabestellen  gestattet  sein, die = Anforderung in  Bezug  auf
Doppelquellenbeschaffung, an denen inlédndische Unternechmen beteiligt sind, in
hinreichend begriindeten Féllen nicht anzuwenden, unter anderem wenn es an
Wettbewerb mangelt, keine geeigneten Bieter vorhanden sind oder ihre Beauftragung
zu unverhdltnismdfBigen Kosten oder technischen Unvereinbarkeiten fiihren wiirde.
Solche Ausnahmen sollten eng ausgelegt und transparent angewandt werden, damit
die Ziele der Stirkung der Resilienz der Halbleiterlieferkette und der Gewdahrleistung
des Funktionierens kritischer Einrichtungen nicht untergraben werden.

Um die wirksame und kohidrente Anwendung von MaBnahmen zur Stirkung der
Resilienz und Sicherheit der Halbleiterversorgung bei der Vergabe offentlicher
Auftriage sicherzustellen, kann die Kommission Leitlinien herausgeben und die
Koordinierung zwischen den einschldgigen Akteuren erleichtern. Diese Leitlinien
sollten die Verwendung von Empfehlungen zur Ermittlung von Infrastrukturen,
Ausriistungen oder Systemen, flir die eine Halbleiterversorgung durch inlédndische
Unternehmen besonders relevant ist, sowie die Erstellung und Bewertung von
Erkldrungen zur Versorgungssicherheit unterstiitzen, einschlieBlich Elementen im
Zusammenhang mit der Kartierung der Lieferkette, dem Anteil der beteiligten
inlandischen Unternehmen, Resilienzstrategien wie Doppelquellenbeschaffung sowie
Schwachstellen- und Risikobewertungen. Die Leitlinien sollten auch die Anwendung
gemeinsamer Methoden fiir die Bewertung von Lieferkettenrisiken erleichtern,
insbesondere in Sektoren, die groflere Schwachstellen aufweisen, und den Austausch
bewidhrter Verfahren und einschldgiger Informationen fordern, um ein kohirentes
Vorgehen in der gesamten Union zu gewihrleisten und das wirksame Funktionieren
des Binnenmarkts zu unterstiitzen.

Um die Transparenz zu erhéhen und die Sicherheit der Versorgung mit Halbleitern in
kritischen Sektoren zu gewdahrleisten, muss die Moglichkeit weiterer Maflnahmen der
Union vorgesehen werden, sofern die ermittelten Risiken nicht angemessen beseitigt
werden. Kommt die Kommission nach Konsultation des Europdischen
Halbleitergremiums zu dem Schluss, dass die den oOffentlichen Auftraggebern oder
Vergabestellen empfohlenen MaBnahmen zur Bewiltigung dieser Risiken
unzureichend sind, so sollte sie befugt sein, Durchfithrungsbeschliisse dariiber zu
erlassen, welche Behorden von den Wirtschaftsteilnehmern fiir welche Verfahren und
Produkte die Vorlage einer Erklérung zur Versorgungssicherheit verlangen sollen.

In der Halbleiterlieferkette treten Stoérungen auf, die bestimmte nachgelagerte Sektoren
wirtschaftlich schédigen konnen. Kritische Sektoren im Zusammenhang mit der
offentlichen Sicherheit, wie z. B. Energieversorgung, Verteidigung oder offentliche
Verwaltung, aber auch Sektoren, in denen Halbleiter einen grofen Prozentsatz des
Werts des Endprodukts ausmachen, wie die Automobilindustrie, Rechenzentren oder
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die industrielle Automatisierung, sind fiir Storungen in den Halbleiterlieferketten
besonders anfillig. Daher sollte die Kommission die Moglichkeit haben, sie als
risikoanféllige Sektoren einzustufen.

Um klarzustellen, welche Informationen aufgenommen werden miissen, sollte die
Kommission gegebenenfalls methodische Leitlinien fiir die Durchfiihrung von
Risikobewertungen herausgeben, die sich mit der Schaffung einer Strategie fiir die
Doppelquellenbeschaffung, der Kartierung vor- und nachgelagerter Lieferketten sowie
der Schwachstellenanalyse und der Anfilligkeit fiir Lieferstérungen befassen. Zu
diesem Zweck kann die Kommission methodische Empfehlungen fiir die
Durchfiihrung von Risikobewertungen fiir diese Sektoren abgeben.

Um ein hohes MaBB an Resilienz in der Halbleiterlieferkette der Union zu
gewdhrleisten, muss die Mdglichkeit weiterer Mallnahmen der Union vorgesehen
werden, sofern die ermittelten Risiken nicht angemessen beseitigt werden. Kommt die
Kommission nach Konsultation des Europdischen Halbleitergremiums zu dem
Schluss, dass die empfohlenen MaBnahmen zur Bewiltigung dieser Risiken
unzureichend sind, sollte sie befugt sein, Durchfiihrungsbeschliisse zu erlassen, in
denen geeignete Risikominderungsmafinahmen festgelegt werden. Diese Maflnahmen
konnen, sofern dies gerechtfertigt und verhdltnisméBig ist, Anforderungen an die
Diversifizierung der Versorgungsquellen, darunter durch Doppelquellenbeschaffung,
oder den Aufbau strategischer Vorrdte vorsehen. Sie sollten zielgerichtet und
verhéltnismiBig sein und den Besonderheiten der betreffenden Sektoren und
Unternehmen sowie der Notwendigkeit, das Funktionieren des Binnenmarkts zu
bewahren und unnétigen Verwaltungsaufwand zu vermeiden, Rechnung tragen. Die
Bewertung der Risiken fiir die Halbleiterlieferkette sollte auf objektiven und
zuverldssigen Nachweisen beruhen. Zu diesem Zweck sollte die Kommission unter
anderem Offentlich zugéngliche Informationen, im Rahmen von Auskunftsersuchen
erhobene Daten sowie Hinweise auf wiederholte oder anhaltende Storungen der
Lieferkette beriicksichtigen. Durch die Verwendung solcher Nachweise sollte
sichergestellt werden, dass alle ergriffenen MaBBnahmen fundiert, transparent und den
ermittelten Risiken angemessen sind, wobei die Vertraulichkeit sensibler
Geschiftsinformationen zu wahren ist.

Im Interesse der Kontinuitdt der Versorgung und der Zuverldssigkeit sind 6ffentliche
Auftraggeber und Vergabestellen befugt, Risikobewertungen der Halbleiterlieferketten
von Wirtschaftsteilnehmern anzufordern, die an 6ffentlichen Vergabeverfahren oder
anderen Offentlichen Finanzierungsverfahren teilnehmen, die risikoanfillige Sektoren
betreffen.

Das Ziel einer strategischen Kartierung des Halbleitersektors sollte darin bestehen,
eine Analyse der Stirken und Schwichen der Union in den globalen
Halbleitersektoren vorzulegen, um eine Grundlage fiir Mallnahmen zur
Gewihrleistung der Versorgungssicherheit und Resilienz des Halbleiterdkosystems
der Union zu schaffen. Zu diesem Zweck sollten bei der strategischen Kartierung
Faktoren wie etwa Schliisselprodukte und kritische Infrastrukturen im Binnenmarkt,
die von der Versorgung mit Halbleitern abhdngen, wesentliche Anwenderbranchen
und deren derzeitiger und erwarteter Bedarf, Schliisselsegmente der Halbleiter-
Lieferkette der Union, technologische Merkmale, Abhingigkeiten von Technologien
und Anbietern aus Drittlindern sowie Engpésse des Halbleitersektors der Union, der
derzeitige und erwartete Bedarf an Kompetenzen und der Zugang zu qualifizierten
Arbeitskriften aufbauend auf der Arbeit der im Rahmen der Union der Kompetenzen
eingerichteten Europdischen Beobachtungsstelle fiir Kompetenzen und gegebenenfalls
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die potenziellen Auswirkungen der Maflnahmen des Notfallinstrumentariums ermittelt
werden. Die strategische Kartierung sollte auf 6ffentlich und kommerziell verfiigbaren
Daten beruhen.

Um Vorsorge im Hinblick auf kiinftige Stérungen in den verschiedenen Stufen der
Halbleiterwertschopfungskette in der Union und des Handels innerhalb der Union zu
treffen, sollte die Kommission mit Unterstiitzung des Europdischen
Halbleitergremiums und auf der Grundlage der Ergebnisse der strategischen
Kartierung eine Liste von Frithwarnindikatoren ermitteln und erarbeiten. Solche
Indikatoren konnten sich beziehen auf atypische Verlangerungen der Vorlaufzeit, auf
die Verfiigbarkeit von Rohstoffen, Zwischenprodukten und Humankapital, die fiir die
Fertigung von Halbleitern ben6tigt werden, oder von geeigneter Fertigungsausriistung,
auf die prognostizierte Nachfrage nach Halbleitern auf dem Unionsmarkt und den
Weltmarkten, auf Preissteigerungen, die {iber die normalen Preisschwankungen
hinausgehen, auf Auswirkungen von Unfillen, Angriffen, Naturkatastrophen oder
anderen schwerwiegenden Ereignissen, auf Auswirkungen von handelspolitischen
MaBnahmen, Zollen, Ausfuhrbeschrinkungen, Handelshemmnissen und anderen
handelsbezogenen =~ MaBnahmen  sowie  auf die  Auswirkungen  von
UnternehmensschlieBungen, Standortverlagerungen oder Ubernahmen wichtiger
Marktakteure. Die Uberwachungstitigkeiten der Kommission sollten sich auf diese
Frithwarnindikatoren konzentrieren.

Aufgrund der komplexen, sich rasch weiterentwickelnden und miteinander
verflochtenen Halbleiterwertschopfungsketten, an denen verschiedene Akteure
beteiligt sind, ist ein koordinierter Ansatz fiir die Uberwachung erforderlich, um die
Féhigkeit zur Minderung von Risiken zu verbessern, die die Versorgung mit
Halbleitern nachteilig beeinflussen konnen, und um das Verstindnis der Dynamik der
Halbleiterwertschopfungskette zu verbessern. Die Kommission sollte die
Halbleiterwertschopfungskette  in  Abstimmung mit dem  Europiischen
Halbleitergremium tiberwachen und dabei den Schwerpunkt auf Friihwarnindikatoren
legen und bewihrte Verfahren fiir die Risikominderung und mehr Transparenz in der
Halbleiterwertschopfungskette  ermitteln, sodass dies keinen iibermédfigen
Verwaltungsaufwand fiir Unternehmen, insbesondere kleine Midcaps und KMU,
darstellt. Einschlidgige Erkenntnisse, einschlieBlich Informationen einschldgiger
Interessentrager und Industrieverbédnde, sollten dem Européischen Halbleitergremium
tibermittelt werden, um einen regelmiBigen Informationsaustausch mit dem Gremium
und die Einbeziehung der Informationen in eine Ubersicht fiir die Uberwachung der
Halbleiterwertschopfungsketten zu ermoglichen.

Die Unternehmensplattform fiir die Halbleiterlieferkette (im Folgenden ,,Plattform*)
sollte ein digitaler Zwilling der Halbleiterlieferkette sein, um die Transparenz der
Lieferkette zu erhohen und die Unternehmen besser zu informieren, um so ihre
Resilienz zu erhdhen. Es sollte sich um eine von der Industrie geleitete Mafinahme
handeln, die den beteiligten Unternehmen zugutekommt, indem sie ihre
Widerstandsfahigkeit gegeniiber Storungen der Halbleiterlieferkette verbessert und
thre Marktforschungskosten senkt. Die Ergebnisse aus der Plattform sind ein
Mehrwert, der den Unternehmen Anreize bieten soll, sich der Plattform anzuschliefSen
und hochwertige Eingabedaten bereitzustellen. Zu diesen Ergebnissen konnen
Anleitungen eines unabhdngigen Dritten auf der Grundlage von Marktanalysen, aber
auch aggregierte Erkenntnisse iiber Risiken in der Halbleiterlieferkette, Ergebnisse
von Stresstests der Halbleiterlieferkette, Frithwarnungen und Anleitungen fiir
proaktive MaBnahmen gehdren, deren alleiniger Zweck darin besteht, die
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Risikominderung in der Halbleiterlieferkette zu verbessern. Die Beteiligung an der
Plattform sollte Unternehmen dazu anregen, proaktiv Maflnahmen zu ergreifen, um
ihre Lieferkettenresilienz ohne Eingreifen des offentlichen Sektors zu verbessern. Fiir
die Kommission wiirde ein proaktiver und resilienter Privatsektor dafiir sorgen, dass
das Risiko der Aktivierung der Krisenstufe wund des Einsatzes des
Notfallinstrumentariums sinkt.

Die Kommission sollte im Wege einer Aufforderung zur Einreichung von Vorschldgen
die Anschubfinanzierung fiir die Plattform bereitstellen, ihre Einrichtung unterstiitzen
und die Einrichtungskosten decken. In der Aufforderung sollten lediglich
Mindestanforderungen festgelegt werden, ohne dass bestimmte technische Losungen
oder genaue Anforderungen an die Datenerhebung vorgeschrieben werden. Es sollte
dem Begiinstigten der Aufforderung zur Einreichung von Vorschligen und den
beteiligten Unternechmen obliegen, ein Finanzierungsmodell auf der Grundlage eines
Geschéftsszenarios umzusetzen, sodass sich die Plattform mittelfristig selbst tragen
kann. Der Wert und die Niitzlichkeit dieser Art von Plattform ldsst sich am Erfolg
dhnlicher Initiativen messen, die bereits auf regionaler oder internationaler Ebene oder
in anderen Sektoren bestehen.

Die Plattform sollte so konzipiert werden, dass die grofitmogliche Vertraulichkeit
wirtschaftlich sensibler Informationen und die Einhaltung des Wettbewerbsrechts der
Union [durch die Plattform] gewihrleistet sind. Insbesondere sollte die Plattform
angemessene Vorkehrungen treffen, um den Informationsaustausch zwischen den
beteiligten Unternehmen strikt auf das zur Erreichung der in dieser Verordnung
festgelegten Ziele objektiv erforderliche und verhéltnismiflige Mall zu beschrinken
und einen wettbewerbswidrigen Austausch wirtschaftlich sensibler Informationen
zwischen Wettbewerbern zu verhindern. Insofern sollten die beteiligten Unternehmen
nur Zugang zu ihren eigenen Daten und zu anonymisierten aggregierten Berichten
haben.

Sitzungen, Diskussionen oder Informationsaustausche zwischen beteiligten
Unternehmen im Rahmen der Plattform sollten auf das zur Erreichung der Ziele der
Plattform unerldssliche Mal} beschrinkt und angemessen dokumentiert werden. Der
Austausch wirtschaftlich sensibler Informationen zwischen den Beteiligten —
einschlieBlich Informationen {iber aktuelle oder kiinftige Preise, Kosten,
Gewinnspannen,  Verkaufsmengen,  Produktionsmengen,  Kapazititen  oder
Marktanteile einzelner Unternehmen — sollte ausgeschlossen sein®®. Die Plattform
sollte so arbeiten, dass die Unabhédngigkeit der beteiligten Unternechmen bei ihrer
geschiftlichen Entscheidungsfindung gewahrt bleibt. Die beteiligten Unternehmen
sollten weiterhin dafiir verantwortlich sein, dass sie die Wettbewerbsvorschriften der
Union und der Mitgliedstaaten, einschlieBlich des Artikels 101 AEUV, einhalten.

Die Plattform sollte die Beteiligung der wichtigsten Halbleiter-Endanwendersektoren
auf der Grundlage des erheblichen Mehrwerts, den diese Beteiligung mit sich bringen
wird, nachdriicklich fordern. Die Vorteile fiir die beteiligten Unternehmen des
Endanwendersektors konnten darin bestehen, dass sie sich zunehmend ihrer eigenen
Risiken in der Halbleiterlieferkette bewusst werden und so in die Lage versetzt
werden, proaktive Mallnahmen zur Verwaltung der Halbleiterlieferkette zu ergreifen.
Die Liste der wichtigsten Halbleiter-Endanwendersektoren sollte die derzeitigen
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Weitere Informationen siehe Kapitel 6 der Leitlinien zur Anwendbarkeit von Artikel 101 des Vertrags
iiber die Arbeitsweise der Européischen Union auf Vereinbarungen iiber horizontale Zusammenarbeit
(,,Horizontale Leitlinien®).
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Sektoren abbilden, die Halbleiter kaufen, um ihre Produkte entweder direkt oder
indirekt mit solchen Komponenten herzustellen. Anbieter von
Fertigungsdienstleistungen im Elektronikbereich und Héndler sollten aufgrund ihrer
wichtigen Rolle im Halbleiterokosystem der Union ebenfalls in die Liste
aufgenommen werden.

Aus Sicht des oOffentlichen Sektors und zur Gewidhrleistung eines raschen
Informationsflusses im Falle von Storungen der Lieferkette sollten die zustindigen
nationalen Behorden der Mitgliedstaaten eine aktualisierte Kontaktliste der in ihrem
Hoheitsgebiet niedergelassenen einschldgigen Unternehmen fiihren, die entlang der
Halbleiterlieferkette tdtig sind. Diese Kontaktliste sollte es ermdglichen, geeignete
Adressaten fiir Ersuchen um freiwillige Auskunft zu ermitteln. Die Liste sollte nicht
erschopfend sein miissen und sollte so verwendet werden, dass die geltenden
Vertraulichkeitsvorschriften vollstindig eingehalten werden.

Eine Reihe von Unternehmen, die Halbleiterdienstleistungen oder -waren anbieten,
sind angesichts der Zahl der Unternehmen in der Union, die auf ihre Produkte
angewiesen sind, ihres Anteils am Unions- oder Weltmarkt, ihrer Bedeutung fiir die
Gewihrleistung eines ausreichenden Angebots oder der moglichen Auswirkungen
einer Storung der Versorgung mit ihren Produkten oder Dienstleistungen als fiir eine
wirksame Halbleiterlieferkette im Halbleiter6kosystem der Union von wesentlicher
Bedeutung einzuschétzen. Die Mitgliedstaaten sollten diese wichtigen Marktakteure in
ihren Hoheitsgebieten in Zusammenarbeit mit der Kommission ermitteln und eine
entsprechende aktualisierte Liste fiihren. Im Rahmen der Uberwachung sollten die
Mitgliedstaaten insbesondere die Integritit der von wichtigen Marktakteuren
durchgefiihrten Téatigkeiten beriicksichtigen. Solche Aspekte konnten dem
Europdischen Halbleitergremium von dem betreffenden Mitgliedstaat zur Kenntnis
gebracht werden.

Um die Antizipation potenzieller Engpdsse zu ermdglichen, sollten die zustindigen
nationalen Behorden die Kommission warnen, wenn sie Kenntnis von einem Risiko
einer schwerwiegenden Storung der Versorgung mit Halbleitern erlangen oder iiber
konkrete und =zuverldssige Informationen {iiber das FEintreten eines anderen
einschldgigen Risikofaktors oder Ereignisses verfligen. Um ein koordiniertes
Vorgehen sicherzustellen, sollte die Kommission in Féllen, in denen sie von einem
Risiko einer schwerwiegenden Stérung der Versorgung mit Halbleitern erfihrt oder
iiber konkrete und zuverldssige Informationen iiber das Eintreten eines anderen
einschldgigen Risikofaktors oder Ereignisses verfligt, und zwar aufgrund einer
Warnung oder von internationalen Partnern, eine aufBerordentliche Sitzung des
Europdischen Halbleitergremiums einberufen, um die Schwere der Stérungen und ein
mogliches Einleiten des Verfahrens zur Aktivierung der Krisenstufe zu erdrtern und zu
prifen, ob es angemessen, notwendig und verhidltnismédBig sein konnte, dass die
Mitgliedstaaten als PriventivmaBnahme eine koordinierte gemeinsame Beschaffung
durchfiihren, sowie in einen Dialog mit Interessentrigern zu treten, um diese
Praventivmallnahmen zu ermitteln, vorzubereiten und gegebenenfalls zu koordinieren.
Das Européische Halbleitergremium und die Kommission sollten im Rahmen dieses
Dialogs die Ansichten von Interessentrigern der Halbleiterwertschopfungskette
beriicksichtigen. Das Europdische Halbleitergremium sollte die Kommission in der
Frage beraten, ob ein praventives Auskunftsersuchen an die Plattform gerichtet werden
sollte. Die Kommission sollte einschlidgige Drittlinder konsultieren und mit ihnen
zusammenarbeiten, um Storungen der Halbleiterlieferkette unter Einhaltung der
internationalen Verpflichtungen gemeinsam zu bewdéltigen.
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Nach der Beratung durch das Européische Halbleitergremium sollte die Kommission
Auskunftsersuchen an Unternehmen und die Plattform richten konnen. Wie die
Erfahrungen mit mehreren Stérungen der Lieferkette in der Vergangenheit und die
Schwierigkeiten bei der Beschaffung der fiir die Bewdltigung dieser Stérungen
erforderlichen Informationen gezeigt haben, besteht der Zweck priventiver
Auskunftsersuchen in der Warnstufe darin, Storungen der Lieferkette angemessen zu
bewaltigen, bevor die Krisenstufe aktiviert wird, und Beitrdge fiir eine genaue
Bewertung einer moglichen Halbleiterkrise zu liefern.

Bei Unternehmen, die sich aktiv an der Plattform beteiligen, sollte davon ausgegangen
werden, dass sie ihrer Verpflichtung zur Informationsweitergabe an die Kommission
im Falle von Storungen der Lieferkette nachgekommen sind, und sie sollten daher vor
der Krisenstufe kein direktes Auskunftsersuchen erhalten. Durch ihre aktive
Beteiligung an der Plattform zeigen diese Unternehmen ein starkes Engagement dafiir,
die Risikominderung in der Halbleiterlieferkette aktiv zu verbessern. Unternehmen,
die sich aktiv an der Plattform beteiligen, sollten daher vor dem potenziellen
zusitzlichen  Verwaltungsaufwand, der durch die Beantwortung von
Auskunftsersuchen der Kommission entsteht, geschiitzt werden. Die Kommission
sollte dem Europdischen Halbleitergremium vor der Krisenstufe unverziiglich die
wichtigsten Ergebnisse der Antworten auf Auskunftsersuchen iibermitteln. Um die an
der Plattform beteiligten Unternehmen vor ungebiihrlicher Einflussnahme aus dem
Ausland abzuschirmen und Geschiftsgeheimnisse zu schiitzen, sollte es der Plattform
unbeschadet ihrer Verpflichtungen nach Unionsrecht oder nationalem Recht untersagt
sein, andere Auskunftsersuchen als die der Kommission zu beantworten.

Die Halbleiterkrisenstufe sollte aktiviert werden, wenn konkrete, schwerwiegende und
zuverldssige Belege fiir eine solche Krise vorliegen. Eine Halbleiterkrise tritt ein,
wenn schwerwiegende Storungen der Versorgung mit Halbleitern oder
schwerwiegende Hemmnisse fiir den Handel mit Halbleitern in der Union bestehen,
die zu erheblichen Versorgungsengpissen bei Halbleitern, Zwischenprodukten oder
Rohstoffen oder verarbeiteten Werkstoffen fiihren, und wenn diese erheblichen
Versorgungsengpédsse die Bereitstellung, Reparatur und Wartung wesentlicher
Produkte, die von kritischen Sektoren verwendet werden, z. B. medizinischer und
diagnostischer Ausriistung, in einem Ausmal} verhindern, dass das Funktionieren der
kritischen Sektoren aufgrund ihrer Auswirkungen auf Gesellschaft, Wirtschaft und
Sicherheit der Union ernsthaft beeintrichtigt wiirde.

Um eine flexible und wirksame Reaktion auf eine solche Halbleiterkrise
sicherzustellen, sollte die Kommission in Féllen, in denen sie Kenntnis von einer
potenziellen Halbleiterkrise erlangt, bewerten, ob die Bedingungen fiir die Aktivierung
der Krisenstufe erfiillt sind. Ergibt diese Bewertung konkrete, schwerwiegende und
zuverldssige Belege fiir eine Halbleiterkrise, so sollte die Kommission dem Rat unter
Beriicksichtigung der Stellungnahme des Europdischen Halbleitergremiums einen
Vorschlag zur Aktivierung der Krisenstufe fiir einen im Voraus festgelegten Zeitraum
von hochstens zwolf Monaten vorlegen konnen. Die Kommission sollte bewerten, ob
die Krisenstufe verldngert oder vorzeitig beendet werden muss, und ein
entsprechendes Verfahren einleiten, sofern eine solche Notwendigkeit festgestellt
wird, wobei die Stellungnahme des Europdischen Halbleitergremiums zu
berticksichtigen ist.

Die Synergien zwischen den gemill Kapitel VII der Verordnung (EU) 2025/2643
eingerichteten Mechanismen fiir die Versorgungssicherheit und der vorliegenden
Verordnung sollten dem Verteidigungssektor der Union die erforderliche Flexibilitét
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und den erforderlichen Handlungsspielraum bieten, um zu reagieren und die
Versorgungssicherheit zu gewihrleisten. Insbesondere sollte die Kommission, durch
thre Moglichkeit, im Rahmen dieser Verordnung und des Kapitels VII der Verordnung
(EU) 2025/2643 die Verteidigungsproduktion nach den Bestimmungen beider
Verordnungen iiber vorrangige Auftrdge zu priorisieren, darauf hinwirken,
Lieferkettenstorungen im Verteidigungssektor in Krisenzeiten zu minimieren.

Aufgrund des sensiblen Charakters der Aktivierung der Krisenstufe und der moglichen
MaBnahmen, die daraufhin ergriffen werden konnen, einschlieBlich der erheblichen
Auswirkungen, die solche Maflnahmen auf private Unternehmen in der Union haben
konnten, sollte dem Rat die Befugnis tibertragen werden, in einer Halbleiterkrise einen
Durchfiihrungsrechtsakt {iber die Aktivierung, Verlingerung und Beendigung der
Krisenstufe zu erlassen.

Wihrend der Krisenstufe sind eine enge Zusammenarbeit zwischen der Kommission
und den Mitgliedstaaten und die Koordinierung aller nationalen Mafinahmen, die in
Bezug auf die Halbleiterlieferkette ergriffen werden, unerldsslich, um Stérungen mit
der erforderlichen Kohirenz, Resilienz und Wirksamkeit zu bewiltigen. Zu diesem
Zweck sollte das Europidische Halbleitergremium bei Bedarf auferordentliche
Sitzungen abhalten. Alle MaBnahmen, die ergriffen werden, sollten strikt auf die
Dauer der Krisenstufe beschrinkt sein.

Fiir eine rasche, effiziente und koordinierte Reaktion der Union auf eine
Halbleiterkrise ist es erforderlich, der Kommission und den Mitgliedstaaten durch das
Européische Halbleitergremium zeitnahe und aktuelle Informationen iiber den Verlauf
der operativen Situation zur Verfligung zu stellen und sicherzustellen, dass wirksame
MafBnahmen ergriffen werden kdnnen, um die Versorgung der betroffenen kritischen
Sektoren mit Halbleitern zu sichern. Bei Aktivierung der Krisenstufe sollten geeignete,
wirksame und verhiltnismidBige MaBnahmen ermittelt und durchgefiihrt werden,
unbeschadet einer etwaigen Fortsetzung der internationalen Zusammenarbeit mit
einschldgigen Partnern im Hinblick auf die Abmilderung der sich wandelnden
Krisensituation. Gegebenenfalls sollte die Kommission Unternechmen entlang der
Halbleiterlieferkette um Auskunft ersuchen. Dariiber hinaus sollte die Kommission,
sofern erforderlich und verhidltnisméBig, europdische Halbleitertechnologieinitiativen
dazu verpflichten konnen, einen Auftrag zur Herstellung krisenrelevanter Produkte
anzunehmen und vorrangig zu behandeln, und die Rolle einer zentralen
Beschaffungsstelle iibernehmen konnen, wenn sie von den Mitgliedstaaten damit
beauftragt wird. Die Kommission sollte diese Maflnahmen auf bestimmte kritische
Sektoren beschrianken. Das Europdische Halbleitergremium kann ebenfalls geeignete
und wirksame MaBlnahmen bewerten und diesbeziiglich beraten. Des Weiteren kann
das Europdische Halbleitergremium in Bezug auf die Notwendigkeit der Einfiihrung
von SchutzmaBnahmen gemédll der Verordnung (EU)2015/479 des Europiischen
Parlaments und des Rates® beraten. Der Einsatz aller NotmaBnahmen sollte
verhéltnismaBig und auf das zur Bewiltigung der Halbleiterkrise im besten Interesse
der Union erforderliche MaB beschrinkt sein. Die Kommission sollte das Européische
Parlament und den Rat regelmédBig iiber die ergriffenen MaBnahmen und die
entsprechenden Griinde unterrichten. Die Kommission kann nach Konsultation des
Europdischen Halbleitergremiums weitere Leitlinien fiir die Durchfiihrung und den
Einsatz der NotmafBnahmen herausgeben.
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Eine Reihe von Sektoren ist fiir das reibungslose Funktionieren des Binnenmarkts von
kritischer Bedeutung. Fiir die Zwecke dieser Verordnung sollten diese kritischen
Sektoren in einem Anhang dieser Verordnung aufgefiihrt werden. Diese Liste sollte
sich auf die Sektoren und Teilsektoren des Anhangs der Richtlinie (EU) 2022/2557
des Europiischen Parlaments und des Rates®® beschrinken, unter Hinzufiigung der
Sektoren Verteidigung und Sicherheit aufgrund ihrer wichtigen Rolle bei der
Gewihrleistung wesentlicher gesellschaftlicher Funktionen. Bestimmte Mallnahmen
sollten nur ergriffen werden, um die Versorgung kritischer Sektoren zu sichern. Die
Kommission kann die NotmafBnahmen auf bestimmte dieser Sektoren oder auf
bestimmte Teile davon beschrinken, wenn die Halbleiterkrise deren Betrieb stort oder
zu storen droht.

Der Zweck der Auskunftsersuchen an in der Union niedergelassene Unternehmen
entlang der Halbleiterlieferkette in der Krisenstufe ist die Ermdglichung genauer
Bewertungen der Halbleiterkrise oder die Ermittlung und Vorbereitung moglicher
Gegen- oder NotmaBnahmen auf Unions- oder nationaler Ebene. Dies kann
Informationen tiiber das Produktionsvermogen, die Produktionskapazitit und die
derzeitigen Hauptstorungen und Engpédsse betreffen. Dies konnte die folgenden
Aspekte einschlieBen: den typischen und aktuellen Bestand an krisenrelevanten
Produkten in den Produktionsanlagen in der Union und in Produktionsanlagen in
Drittlindern, in denen diese Unternehmen tétig sind, mit denen sie Vertrage schlieBen
oder von denen sie Lieferungen beziehen; die typische und aktuelle durchschnittliche
Vorlaufzeit fiir die géingigsten hergestellten Produkte; die erwartete
Produktionsleistung fiir die folgenden drei Monate fiir jede Produktionsanlage in der
Union oder Griinde, die die Ausschopfung von Produktionskapazitit verhindern.
Solche Informationen sollten sich auf das beschrianken, was erforderlich ist, um die
Art der Halbleiterkrise oder mogliche Gegen- oder NotmaB3inahmen auf Unions- und
nationaler Ebene zu bewerten. Auskunftsersuchen sollten nicht zur Bereitstellung von
Informationen fiihren, deren Offenlegung den nationalen Sicherheitsinteressen der
Mitgliedstaaten zuwiderlduft. Die konkreten Auskiinfte, die eingeholt werden sollen,
konnen auf der Grundlage vorheriger Antworten auf vor der Krise gestellte
Auskunftsersuchen oder einer Stellungnahme einer reprasentativen Zahl einschlagiger
Unternehmen im Rahmen einer freiwilligen Konsultation in Zusammenarbeit mit dem
Europdischen Halbleitergremium erarbeitet werden. Jedes Ersuchen sollte
verhéltnisméBig sein, den legitimen Zielen des Unternehmens sowie den Kosten und
dem Aufwand der Bereitstellung der Daten Rechnung tragen und angemessene Fristen
fiir die Bereitstellung der verlangten Informationen setzen. Unternehmen sollten
verpflichtet sein, dem Ersuchen nachzukommen, und konnen mit Sanktionen belegt
werden, wenn sie dem Ersuchen nicht nachkommen oder unrichtige Informationen
bereitstellen. Alle erlangten Informationen sollten ausschlieBlich fiir die Zwecke dieser
Verordnung verwendet werden und Vertraulichkeitsvorschriften unterliegen. Um eine
umfassende Einbeziehung der Mitgliedstaaten, in denen das Unternehmen seine
Produktionsstétte hat, zu gewihrleisten, sollte die Kommission der zustindigen
nationalen Behorde unverziiglich eine Kopie des Auskunftsersuchens iibermitteln und
die erlangten Informationen an die zusténdige nationale Behdrde auf deren Ersuchen
auf sicherem Wege weitergeben. Erhélt ein Unternehmen im Zusammenhang mit
seinen Halbleitertétigkeiten von einem Drittland ein Auskunftsersuchen, so sollte es
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die Kommission unterrichten, damit die Kommission bewerten kann, ob ein
Auskunftsersuchen durch die Kommission gerechtfertigt ist.

Als letztes Mittel, um sicherzustellen, dass kritische Sektoren in Krisenzeiten
weiterhin tétig sein konnen, und nur dann, wenn dies fiir diesen Zweck erforderlich
und verhidltnisméBig ist, konnten europdische Halbleitertechnologieinitiativen von der
Kommission dazu verpflichtet werden, Auftrige iiber krisenrelevante Produkte
anzunehmen und vorrangig zu behandeln. Potenzielle Begiinstigte vorrangiger
Auftriage sollten Einrichtungen aus kritischen Sektoren, deren Tétigkeiten aufgrund
des Engpasses gestort sind oder gestort zu werden drohen, oder Unternehmen, die
diese kritischen Sektoren beliefern, sein. Um sicherzustellen, dass vorrangige Auftriage
nur im Bedarfsfall verwendet werden, sollten sie auf Begiinstigte beschrinkt werden,
die nach Durchfithrung von Risikominderungsmaf3nahmen nicht in der Lage waren,
die Auswirkungen des Engpasses zu verhindern, z. B. durch ihre Vergabeverfahren,
und durch andere Mittel abzufedern, z.B. durch die Nutzung bestehender
Lagerbestinde. Die Verpflichtung zur Annahme und vorrangigen Behandlung von
Auftragen fiir krisenrelevante Produkte kann auch auf strategische Projekte und
Halbleiterfertigungsanlagen ausgeweitet werden, die diese Moglichkeit im Rahmen
des Erhalts oOffentlicher Unterstiitzung akzeptiert haben, wenn diese oOffentliche
Unterstiitzung darauf abzielt, die Fahigkeit zur Steigerung der Produktionskapazitit zu
fordern. Der Beschluss iiber einen vorrangigen Auftrag sollte im Einklang mit allen in
der Union fiir die Umstdnde des Falls geltenden rechtlichen Verpflichtungen gefasst
werden. Die Verpflichtung zur vorrangigen Behandlung sollte jeder anderen
Erfiillungsverpflichtung nach privatem oder 6ffentlichem Recht vorgehen, wobei den
legitimen Zielen des betreffenden Unternehmens sowie den Kosten und dem Aufwand
jeder Anderung der Produktionsreihenfolge Rechnung getragen werden sollte. Jeder
vorrangige Auftrag sollte zu einem fairen und angemessenen Preis vergeben werden.
Die Berechnung dieses Preises kann auf der Grundlage der durchschnittlichen
Marktpreise der vergangenen Jahre erfolgen, vorbehaltlich einer Begriindung jeder
Erhohung, z.B. unter Beriicksichtigung der Inflation oder eines Anstiegs der
Energiekosten. Unternehmen, die ihrer Verpflichtung zur Erfiillung vorrangiger
Auftrage nicht nachkommen, konnen mit Sanktionen belegt werden.

In Bezug auf Anlagen, die einen vorrangigen Auftrag ausfithren, kann es fiir die
Kommission, unterstiitzt durch das Europdische Halbleitergremium, und die
Mitgliedstaaten von Vorteil sein, sich iiber bewdhrte Verfahren fiir die Ausfiihrung
solcher Auftrage, einschlieBlich bewahrter Verwaltungsverfahren, auszutauschen.

Das betreffende Unternehmen sollte verpflichtet sein, einen vorrangigen Auftrag
anzunehmen und vorrangig zu behandeln. Um sicherzustellen, dass vorrangige
Auftriage auf die Kapazititen und das Produktionsportfolio einer Anlage abgestimmt
sind, sollte die Kommission der betreffenden Anlage Gelegenheit geben, sich zur
Durchfiihrbarkeit und zu den Einzelheiten des vorrangigen Auftrags zu duflern. Die
Kommission sollte den vorrangigen Auftrag nicht erteilen, wenn die Anlage den
Auftrag auch bei vorrangiger Behandlung nicht erfiillen kann, sei es aufgrund
unzureichenden Produktionsvermdgens, aufgrund unzureichender
Produktionskapazitéit oder aus technischen Griinden, oder wenn das Produkt oder die
Dienstleistung von der Anlage nicht bereitgestellt bzw. erbracht wird oder weil dies
eine unzumutbare wirtschaftliche Belastung und eine besondere Hirte fiir das
Unternechmen darstellen wiirde, einschlieBlich eines erheblichen Risikos im
Zusammenhang mit der Betriebskontinuitit.
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Um einen transparenten und klaren Rahmen fiir die Durchfiihrung vorrangiger
Auftrage zu gewihrleisten, sollte der Kommission die Befugnis iibertragen werden,
einen Durchfiihrungsrechtsakt zu erlassen, in dem die praktischen und operativen
Modalitidten fiir die Durchfithrung vorrangiger Auftrige festgelegt werden. Dieser
Durchfiihrungsrechtsakt sollte Vorkehrungen enthalten, mit denen sichergestellt wird,
dass vorrangige Auftrige im Einklang mit den Grundsédtzen der Notwendigkeit und
VerhiltnisméaBigkeit durchgefiihrt werden, z. B. einen Mechanismus, der bestehende
Auftriage beriicksichtigt, und einen Mechanismus, mit dem sichergestellt wird, dass
das Volumen vorrangiger Auftriage das erforderliche Mal3 nicht liberschreitet.

Unter dem auBergewohnlichen Umstand, dass ein entlang der Halbleiterlieferkette in
der Union titiges Unternehmen von einem Drittland ein Ersuchen zur Erfiillung eines
vorrangigen Auftrags erhilt, sollte das Unternehmen die Kommission iiber dieses
Ersuchen unterrichten, damit bewertet werden kann, ob die Kommission — falls
erhebliche Auswirkungen auf die Versorgungssicherheit in kritischen Sektoren
bestehen und die anderen Anforderungen der Notwendigkeit, VerhdltnisméBigkeit und
RechtmafBigkeit unter den Umstinden des Falls erfiillt sind— ebenfalls eine
Verpflichtung zur Erfiillung vorrangiger Auftriage auferlegen sollte.

Angesichts der Bedeutung, die der Gewihrleistung der Versorgungssicherheit in
kritischen Sektoren, die wesentliche gesellschaftliche Funktionen wahrnehmen,
zukommt, sollte die Einhaltung der Verpflichtung zur Erflillung vorrangiger Auftrige
keine Haftung fiir Schdden gegeniiber Dritten aufgrund etwaiger Verstofe gegen
vertragliche Pflichten nach sich ziehen, die sich aus der notwendigen voriibergehenden
Anderung der Betriebsabliufe des betreffenden Herstellers ergeben konnen, begrenzt
auf das AusmaB, in dem der Versto3 gegen vertragliche Pflichten fiir die Einhaltung
der vorgeschriebenen Rangfolge erforderlich war. Unternehmen, die moglicherweise
in den Anwendungsbereich vorrangiger Auftrige fallen, sollten diese Moglichkeit in
den Bedingungen ihrer Geschiftsvertrige vorwegnehmen. Unbeschadet der
Anwendbarkeit anderer Bestimmungen sollte die Haftung fiir fehlerhafte Produkte
gemiB der Richtlinie 85/374/EWG des Rates®! von diesem Haftungsausschluss
unberiihrt bleiben. Im Einklang mit Artikel 52 Absatz 1 der Charta der Grundrechte
der Europdischen Union (im Folgenden ,,Charta®) achtet die Verpflichtung zur
vorrangigen  Herstellung  bestimmter  Produkte den  Wesensgehalt  der
unternehmerischen Freiheit und der Vertragsfreiheit gemill Artikel 16 sowie des
Eigentumsrechts geméf Artikel 17 der Charta und beeintrdchtigt sie nicht
unverhéltnismaBig.

Bei Aktivierung der Krisenstufe und zur Gewihrleistung der Versorgungssicherheit in
kritischen Sektoren, die wesentliche gesellschaftliche Funktionen wahrnehmen,
konnen zwei oder mehr Mitgliedstaaten der Kommission das Mandat erteilen, die
Nachfrage zu biindeln und bei der Vergabe oOffentlicher Auftrige im o6ffentlichen
Interesse im Einklang mit den geltenden Vorschriften und Verfahren der Union in
threm Namen zu handeln, um dadurch eine Hebelwirkung fiir die Kaufkraft der
Kommission zu erzielen. Die gemeinsame Beschaffung sollte nur zur Behebung von
Storungen der Halbleiterlieferkette wihrend einer Krise genutzt werden. Mit dem
Mandat kann die Kommission ermichtigt werden, Vereinbarungen {iiber die
Beschaffung krisenrelevanter Produkte fiir bestimmte kritische Sektoren zu schlie3en.
Die Kommission sollte in Abstimmung mit dem Européischen Halbleitergremium den
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Nutzen, die Notwendigkeit und die VerhidltnismaBigkeit jedes Antrags bewerten.
Beabsichtigt die Kommission, dem Antrag nicht nachzukommen, so sollte sie die
betreffenden Mitgliedstaaten und das Européische Halbleitergremium unterrichten und
die Griinde fiir ihre Ablehnung nennen. Die Einzelheiten des Verfahrens sollten in
einer Vereinbarung zwischen der Kommission und den teilnehmenden Mitgliedstaaten
festgelegt werden, in welcher die Griinde fiir die Verwendung des Mechanismus der
gemeinsamen Beschaffung und der einzugehenden Verbindlichkeiten angegeben sind.
Diese Vereinbarung kann die Zahl der zu schlieBenden Vertrdge und die Bedingungen
fiir die gemeinsame Beschaffung, wie etwa Preise, Lieferfristen, Mengen und Opt-in-
oder Opt-out-Klauseln, umfassen. Die gemeinsame Beschaffung kann zur
Unterzeichnung eines einzigen Vertrags, der den Bedarf aller Mitgliedstaaten deckt,
oder mehrerer Vertridge, die jeweils den Bedarf eines oder mehrerer Mitgliedstaaten
decken, fiihren. Dariiber hinaus sollten die teilnehmenden Mitgliedstaaten das Recht
haben, Vertreter zu benennen, die das Vergabeverfahren und die Aushandlung der
Kaufvereinbarungen anleitend und beratend begleiten. Fiir die Einfiihrung, die
Verwendung oder den Weiterverkauf der erworbenen Produkte sollten die
teilnehmenden Mitgliedstaaten zustdndig bleiben.

Wihrend einer Krise infolge von Versorgungsengpissen bei Halbleitern konnte es
notwendig werden, dass die Union SchutzmalBnahmen in Betracht zieht. Das
Européische Halbleitergremium sollte Stellung nehmen kénnen, um die Kommission
bei ihrer Bewertung der Frage zu unterstiitzen, ob die Marktlage einen erheblichen
Mangel an lebenswichtigen Giitern geméf der Verordnung (EU) 2015/479 darstellt.

Der institutionelle = Rahmen  fiir = Expertengruppen, einschlieflich  der
Transparenzvorschriften fiir das Gremium und seine Untergruppen, sollte unbeschadet
dieser Verordnung fiir das Europdische Halbleitergremium gelten. Das Européische
Halbleitergremium sollte die Kommission in Bezug auf die Entwicklung einer
umfassenden Halbleiterpolitik und zu spezifischen technischen Fragen beraten und
unterstiitzen. Diese Fragen konnen Folgendes umfassen: die Beratung des Rates der
offentlichen Korperschaften des Gemeinsamen Unternehmens flir Chips in Bezug auf
die Initiative ,,Chips fiir Europa 2.0*; den Austausch von Informationen iiber die
Funktionsweise europdischer Halbleitertechnologieinitiativen und strategischer
Projekte; die Erorterung und Vorbereitung der Ermittlung spezifischer Sektoren und
Technologien mit potenziell hoher sozialer Wirkung und grofler Bedeutung fiir die
Sicherheit, flir die eine Zertifizierung vertrauenswiirdiger Produkte notig ist, sowie
eine koordinierte Uberwachung und Krisenreaktion. Ferner sollte das Europiische
Halbleitergremium die einheitliche Anwendung dieser Verordnung sicherstellen sowie
die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten und den Informationsaustausch
tiber Fragen im Zusammenhang mit dieser Verordnung erleichtern. Das Europiische
Halbleitergremium sollte auch einen Gedankenaustausch mit der Kommission iiber die
besten Wege, einen wirksamen Schutz und eine wirksame Durchsetzung von Rechten
des geistigen Eigentums, vertraulichen Informationen und Geschiftsgeheimnissen
unter gebilihrender Einbeziehung von Interessentrigern in Bezug auf den
Halbleitersektor sicherzustellen, fiihren. Das Europidische Halbleitergremium sollte die
Kommission in Fragen der internationalen Zusammenarbeit im Einklang mit
internationalen Verpflichtungen unterstiitzen. Es sollte unbeschadet der Vorrechte des
Europdischen Parlaments und des Rates gemiB den Vertrigen als Forum fiir die
Koordinierung der nationalen Halbleiterpolitik und einschlidgiger Investitionen, das
internationale Engagement und die Verbesserung der Zusammenarbeit entlang der
globalen Halbleiterwertschopfungskette dienen, wobei der Schwerpunkt insbesondere
auf Programmen fiir Forschung, Entwicklung und Innovation (FEI) sowie auf
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Kompetenzaustauschprogrammen liegen sollte. Zu diesem Zweck sollte das
Europdische Halbleitergremium die Standpunkte der Industrieallianz fiir Halbleiter
und anderer Interessentrdger berilicksichtigen. Darliber hinaus sollte sich das
Européische Halbleitergremium mit anderen Krisenreaktions- und
Krisenvorsorgestrukturen der Union abstimmen sowie mit ihnen zusammenarbeiten
und Informationen austauschen, um ein kohérentes und koordiniertes Vorgehen der
Union in Bezug auf Krisenreaktions- und Krisenvorsorgemallnahmen fiir
Halbleiterkrisen sicherzustellen.

Den Vorsitz im Europdischen Halbleitergremium sollte ein Vertreter der Kommission
filhren. Jeder Mitgliedstaat sollte einen hochrangigen Vertreter im Européischen
Halbleitergremium und einen Stellvertreter benennen. Sie konnten auch bis zu drei
fachliche Vertreter in Bezug auf verschiedene Aufgaben des FEuropiischen
Halbleitergremiums benennen, z. B. je nachdem, welcher Teil dieser Verordnung in
den Sitzungen des Europdischen Halbleitergremiums erdrtert wird. Die
Mitgliedstaaten sollten sich bemiihen, eine wirksame und effiziente Zusammenarbeit
im Europidischen Halbleitergremium zu gewihrleisten. Die Mitgliedstaaten sollten
eine zentrale Anlaufstelle benennen, um einen zuverldssigen und zeitnahen Austausch
von Informationen iiber die Arbeit des Europdischen Halbleitergremiums
sicherzustellen. Um wichtige Ratschlige zu den Tétigkeiten des Europiischen
Halbleitergremiums  einzuholen und eine angemessene Beteiligung von
Interessentragern zu ermoglichen, sollte der Vorsitz Untergruppen einsetzen konnen
und befugt sein, Arbeitsvereinbarungen zu treffen, indem er Experten und Beobachter
zur Teilnahme an den Sitzungen auf Ad-hoc-Basis einlddt, oder Interessentrager,
insbesondere Organisationen, die die Interessen der Halbleiterindustrie der Union
vertreten, wie etwa die Industrieallianz fiir Halbleiter, als Beobachter in die
Untergruppen einzuladen.

Der Vorsitz sollte den Austausch zwischen dem Europdischen Halbleitergremium und
anderen Organen, Einrichtungen und sonstigen Stellen und Experten- und
Beratungsgruppen der Union fordern konnen. Angesichts der Bedeutung der
Versorgung mit Halbleitern fiir andere Sektoren und des sich daraus ergebenden
Koordinierungsbedarfs sollte der Vorsitz sicherstellen, dass andere Organe und
Einrichtungen der Union als Beobachter an den Sitzungen des FEuropiischen
Halbleitergremiums teilnehmen, sofern dies im Zusammenhang mit dem mit dieser
Verordnung eingerichteten Uberwachungs- und Krisenreaktionsmechanismus relevant
und angemessen ist.

Den Mitgliedstaaten sollte bei der Anwendung und Durchsetzung dieser Verordnung
eine Schliisselrolle zukommen. In diesem Zusammenhang sollte jeder Mitgliedstaat
eine oder mehrere fiir die wirksame Durchfilhrung dieser Verordnung zustindige
nationale Behorden benennen und sicherstellen, dass diese Behorden iiber
angemessene Befugnisse und Ressourcen verfiigen. Die Mitgliedstaaten konnen eine
oder mehrere bereits bestehende Behdrden benennen. Um die Organisationseffizienz
in den Mitgliedstaaten zu erhohen und eine offizielle Anlaufstelle fiir die
Offentlichkeit und andere Partner auf Ebene der Union und der Mitgliedstaaten,
einschlieBlich der Kommission und des Europidischen Halbleitergremiums,
einzurichten, sollte jeder Mitgliedstaat innerhalb einer der von ithm geméal dieser
Verordnung als zustindig benannten Behorden eine nationale zentrale Anlaufstelle
benennen, die fiir die Koordinierung von Fragen im Zusammenhang mit dieser
Verordnung und die grenziibergreifende Zusammenarbeit mit den zustdndigen
Behorden anderer Mitgliedstaaten zustdndig ist.
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Die Union sollte sich bemiihen, strategische Halbleiterpartnerschaften mit bestehenden
oder aufstrebenden internationalen Partnern zu  schlieBen, um  die
Versorgungssicherheit der Union wund die Zusammenarbeit entlang der
Halbleiterwertschopfungskette zu verbessern. Diese Partnerschaften sollten auch
darauf abzielen, den in der Union bestechenden Mangel an Fachwissen und
Kompetenzen im Halbleiterbereich zu beheben, indem neue Talente fiir die Union
gewonnen, mobilisiert und gehalten werden. Bei Partnern, mit denen die Union im
Rahmen einer Digitalpartnerschaft, eines Handels- und Technologierates oder eines
Digitaldialogs im Halbleiterbereich zusammenarbeitet, sollte die strategische
Halbleiterpartnerschaft die in diesen Foren vereinbarte politische Steuerung und die
dort vereinbarten Priorititen widerspiegeln.

Um einen kohdrenten Rahmen fiir den Abschluss kiinftiger strategischer
Halbleiterpartnerschaften zu entwickeln und 2zu gewdhrleisten, sollten die
Mitgliedstaaten und die Kommission im Rahmen ihres Zusammenwirkens im
Europdischen Halbleitergremium unter anderem erortern, ob die bestehenden
Partnerschaften die angestrebten Ziele erreichen, welche Partner Prioritdt fiir neue
Partnerschaften haben, welchen Inhalt diese Partnerschaften haben und welche
Kohirenz und potenziellen Synergieeffekte mit anderen Rahmen der Kommission fiir
internationale Zusammenarbeit und mit der bilateralen Zusammenarbeit der
Mitgliedstaaten mit den betreffenden internationalen strategischen Partnern bestehen.
Dies sollte unbeschadet der Vorrechte des Rates gemédll den Vertrdgen erfolgen. Die
Union sollte im FEinklang mit ihrer Global-Gateway-Strategie®> und ihrer
internationalen Digitalstrategie®® fiir beide Seiten vorteilhafte Partnerschaften mit
aufstrebenden Mairkten und Entwicklungsldndern anstreben, die zur Diversifizierung
ihrer Halbleiterlieferkette beitragen und diesen internationalen strategischen Partnern
einen Mehrwert bringen.

Um die strategische Autonomie und die Fiihrungsposition der Union im Bereich der
Halbleitertechnik zu stdarken, sollte die Industrieallianz fiir Prozessoren und
Halbleitertechnik aufgelost werden, und ihre Tatigkeiten sollten von der mit dieser
Verordnung eingerichteten Industrieallianz fiir Halbleiter (im Folgenden ,,Allianz‘)
unter Aufsicht der Kommission iibernommen werden. Alle Mitglieder und Teilnehmer
der bestehenden Industrieallianz fiir Prozessoren und Halbleitertechnik sollten
automatisch ~ Mitglieder und  Teilnehmer der Allianz  werden.  Die
Aufgabenbeschreibung, in der die Arbeitsweise, die Aufgaben und die
Zusammensetzung der Allianz im Einzelnen festgelegt sind, sollte klarheitshalber auf
einer Website der Kommission verdffentlicht werden®. Die Allianz sollte
Interessentrager aus der gesamten Wertschopfungskette, einschlieBlich Industrie,
KMU, Forschungseinrichtungen, Wissenschaft und wichtige Anwendersektoren,
zusammenbringen, um kritische Liicken in den Fihigkeiten der Union zu ermitteln und
die technologischen und industriellen Fortschritte voranzutreiben, die zur Steigerung
der Wettbewerbsfahigkeit erforderlich sind. Durch die Forderung von Zusammenarbeit
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Europdische Kommission: Generaldirektion fiir internationale Partnerschaften, The Global Gateway
strategy, Amt fiir Veroffentlichungen der Européischen Union, 2025,
https://data.europa.eu/doi/10.2841/5607451.

Europdische Kommission: Generaldirektion Kommunikationsnetze, Inhalte und Technologien, An
international digital strategy for the FEuropean Union, Europdische Kommission, 2025,
https://data.europa.cu/doi/10.2759/4019528.

Européische Kommission: Generaldirektion Kommunikationsnetze, Inhalte und Technologien, Alliance
on Processors and Semiconductors Technologies, https://digital-
strategy.ec.europa.eu/en/policies/alliance-processors-and-semiconductor-technologies.
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und Innovation sollte die Allianz dazu beitragen, Abhédngigkeiten zu verringern, die
Resilienz der Lieferketten zu stirken und die Expansion kleinerer Akteure in der
Union zu unterstiitzen. Um die Kohdrenz mit der Halbleiterstrategie und den
Priorititen der Union zu gewéhrleisten und eine reibungslose und wirksame
Durchfiihrung dieser Verordnung zu erleichtern, sollte der Lenkungsausschuss der
Allianz einen regelmédfigen Dialog mit dem Europdischen Halbleitergremium fiihren,
wiéhrend seine Arbeitsgruppen auf Anfrage aktuelle Informationen vorlegen kénnen.
Diese strukturierte Téatigkeit sollte es dem Ausschuss ermdglichen, Erkenntnisse der
Industrie in politische Entscheidungen zu integrieren und sicherzustellen, dass die
Offentlichen und privaten Anstrengungen zur Forderung der technologischen
Souverénitit der Union aufeinander abgestimmt bleiben.

Zur Gewibhrleistung einer vertrauensvollen und konstruktiven Zusammenarbeit der
zustindigen Behorden auf Unions- und nationaler Ebene sollten alle an der
Anwendung dieser Verordnung beteiligten Parteien die Vertraulichkeit der im Rahmen
der Durchfiihrung ihrer Tatigkeiten erlangten Informationen und Daten wahren, um
insbesondere Rechte des geistigen Eigentums, sensible Geschéftsinformationen und
Geschéftsgeheimnisse zu schiitzen. Alle Informationen, die im Rahmen der
Bewerbung auf Anerkennung als europidische Halbleitertechnologieinitiative oder im
Rahmen von Auskunftsersuchen oder Mitteilungspflichten gemil3 dieser Verordnung
erlangt werden, sollten ausschlieBlich fiir die Zwecke dieser Verordnung verwendet
werden und gemdl Artikel 339 AEUV sowie den internen Vorschriften der
Kommission iiber den sicheren Umgang mit Daten, insbesondere dem Beschluss (EU,
Euratom) 2015/443 der Kommission®, unter das Berufsgeheimnis fallen. Die
Kommission und die zustindigen nationalen Behorden, ihre Beamten, ihre
Bediensteten und sonstige Personen, die unter Aufsicht dieser Behorden tétig sind,
sowie Beamte und Bedienstete anderer Behorden der Mitgliedstaaten sollten die
Vertraulichkeit der bei der Durchfiihrung ihrer Aufgaben und Tétigkeiten erlangten
Informationen gewéhrleisten. Dies sollte auch fiir das Europédische Halbleitergremium
und den Halbleiterausschuss gelten. Die Kommission sollte gegebenenfalls
Durchfiihrungsrechtsakte erlassen konnen, um die praktischen Modalitdten der
Behandlung vertraulicher Informationen im Rahmen der Einholung von Informationen
festzulegen.

Die Einhaltung der in dieser Verordnung festgelegten Verpflichtungen sollte mittels
GeldbuBBen und Zwangsgeldern durchsetzbar sein. Zu diesem Zweck sollten
angemessene Geldbulen flir die Missachtung von Auskunftsersuchen und
Mitteilungspflichten gemél dieser Verordnung festgelegt werden, wobei die
unterschiedliche Schwere der Missachtung beider Pflichten zu beriicksichtigen ist und
fiir KMU andere Hochstbetrége gelten sollten. Auflerdem sollten Zwangsgelder fiir die
Missachtung der Verpflichtung zur Annahme und Erfiillung vorrangiger Auftrige
festgelegt werden, die verhéltnisméBig sein und das Preisniveau auf dem Markt
wihrend der letzten 90 Tage widerspiegeln sollten, wobei fiir KMU andere
Hochstbetrdge gelten sollten. Zusidtzlich zu den Verjahrungsfristen fiir die
Durchsetzung von Sanktionen sollten auch Verjahrungsfristen fiir die Verhdngung von
GeldbuBBen und Zwangsgeldern gelten. Dariiber hinaus sollte die Kommission dem
betreffenden Unternehmen oder den entsprechenden Unternehmensverbdnden
Anspruch auf rechtliches Gehor einrdumen.
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Beschluss (EU, Euratom) 2015/443 der Kommission vom 13. Méirz 2015 iiber Sicherheit in der
Kommission (ABI. L 72 vom 17.3.2015, S. 41, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/443/0j).
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Um dem technologischen Wandel und den Marktentwicklungen Rechnung zu tragen,
die fiir den Halbleitersektor von Bedeutung sind, und um die wirksame Durchfiihrung
und Bewertung der Initiative ,,Chips fiir Europa 2.0“ sicherzustellen, sollte der
Kommission die Befugnis tlibertragen werden, gemil3 Artikel 290 AEUV Rechtsakte
zur Anderung dieser Verordnung beziiglich der MaBnahmen, die durch die Initiative
,»Chips fiir Europa 2.0 unterstiitzt werden, zu erlassen und zwar in einer Weise, die
mit den Zielen der Initiative im Einklang steht, sowie beziiglich der messbaren
Indikatoren fur die Uberwachung der Durchfiihrung der Initiative ,,Chips fiir
Europa 2.0“ und zur Berichterstattung iiber deren Fortschritte bei der Verwirklichung
ihrer Ziele und um diese Verordnung durch die Festlegung des Verfahrens fiir die
Anwendung und der Anforderungen und der Bedingungen fiir die Gewéhrung, die
Uberwachung und den Entzug des Giitesiegels fiir Exzellenzzentren fiir Entwurf zu
ergidnzen. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer
Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von
Sachverstidndigen, durchfiihrt und dass diese Konsultationen mit den Grundsétzen in
Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 iiber
bessere Rechtsetzung®® niedergelegt wurden. Um insbesondere eine gleichberechtigte
Beteiligung an der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu gewihrleisten, erhalten
das Europdische Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die
Sachverstindigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverstidndigen haben systematisch
Zugang zu den Sitzungen der Sachverstindigengruppen der Kommission, die mit der
Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte befasst sind.

Unbeschadet des Haushaltsverfahrens und ihrer Verwaltungsautonomie sollte die
Kommission die Ressourcen optimal nutzen, um sicherzustellen, dass sie ihre
Aufgaben und Befugnisse gemal} dieser Verordnung wirksam wahrnehmen kann.

Da das Ziel der vorliegenden Verordnung, ndmlich die Schaffung eines Rahmens fiir
die Starkung des Halbleiterokosystems auf Unionsebene, von den Mitgliedstaaten
nicht ausreichend verwirklicht werden kann und vielmehr wegen des Umfangs und der
Wirkungen der Mallnahme auf Unionsebene besser zu verwirklichen ist, kann die
Union im Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags iiber die Europdische Union
verankerten Subsidiaritdtsprinzip titig werden. Entsprechend dem in demselben
Artikel genannten Grundsatz der VerhiltnismaBigkeit geht diese Verordnung nicht
iiber das zur Verwirklichung dieses Ziels erforderliche Mal} hinaus.

Die Verordnung (EU) 2023/1781 sollte daher aufgehoben werden —

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

(1)

Kapitel 1
Allgemeine Bestimmungen

Artikel 1
Gegenstand

Diese Verordnung schafft einen Rahmen fiir die Starkung des Halbleiterokosystems
und fiir die Bewaltigung und Vermeidung von Abhéngigkeiten, die die Sicherheit der
Versorgung mit Halbleitern auf Unionsebene gefahrden konnen, insbesondere durch
folgende Mallnahmen:
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a)  Fortfilhrung und Weiterentwicklung der Initiative ,,Chips fiir Europa®, die
urspriinglich mit der Verordnung (EU) 2023/1781 eingerichtet wurde und in
der vorliegenden Verordnung als Initiative ,,Chips fiir Europa 2.0 bezeichnet
wird;

b)  Festlegung der Kriterien fiir die Anerkennung und Unterstiitzung européischer
Halbleitertechnologieinitiativen, bei denen es sich um neuartige Initiativen
handelt, und strategischer Projekte, die die Unumgénglichkeit, die Resilienz
und den Erfolg des Halbleiterdkosystems der Union fordern;

c)  Verbesserung des wurspriinglich mit der Verordnung (EU)2023/1781
eingerichteten Koordinierungsmechanismus zwischen den Mitgliedstaaten und
der Kommission, der die Kartierung und Uberwachung des Halbleitersektors
der Union, die Krisenpriavention und Reaktion auf Versorgungsengpisse bei
Halbleitern und gegebenenfalls Auskunftsersuchen an und Konsultationen mit
Interessentrdgern aus der Halbleiterlieferkette betrifft.

Das erste allgemeine Ziel der vorliegenden Verordnung besteht darin, die
notwendigen Voraussetzungen fiir die Wettbewerbs- und Innovationskapazitit der
Union im Bereich der Halbleitertechnik zu schaffen und die Anpassung der Branche
an strukturelle Verdnderungen sicherzustellen.

Das zweite allgemeine Ziel, das eigenstdndig ist und das in Absatz 2 festgelegte erste
allgemeine Ziel erginzt, besteht darin, die Krisenvorsorge zur Gewihrleistung der
Versorgungssicherheit der EU und dadurch das Funktionieren des Binnenmarkts zu
verbessern, indem ein einheitlicher Unionsrechtsrahmen festgelegt wird, der die
Union im Bereich der Halbleitertechnik unumginglicher, resilienter und
erfolgreicher macht.

Diese Verordnung gilt unbeschadet der besonderen Beschaffungsverfahren und
Einstufungsstandards, die nach Maligabe der Verordnung (EU)2025/2643 im
Verteidigungssektor gelten.

Artikel 2
Begriffsbestimmungen

Fiir die Zwecke dieser Verordnung gelten folgende Begriffsbestimmungen:

1.

,Halbleiter* bezeichnet eines der Folgenden:

a) einen einfachen Werkstoff oder Verbundwerkstoff, einschlieBlich
fortgeschrittener Werkstoffe, dessen elektrische Leitfdhigkeit verdndert werden
kann,

b) eine Komponente, die aus mehreren Schichten halbleitender, isolierender und
leitender Werkstoffe besteht, welche nach einem vorgegebenen Muster
festgelegt sind und genau definierte elektronische und/oder photonische
Funktionen ausfiihren sollen;

,Chip*“ bezeichnet ein elektronisches Gerdt, das auf einem einzigen Stiick
Halbleiterwerkstoff verschiedene Funktionselemente enthélt, typischerweise in Form
von Speicher-, Logik-, Prozessor-, Optoelektronik- und Analoggeriten;

,Quantenchip* bezeichnet ein Gerit, mit dem Informationen auf der Ebene einzelner
Quantensysteme verarbeitet werden, wobei der Integrationsgrad der Komponenten
auf einem einzigen Chip je nach verwendeter Quantenplattform, einschlieBlich
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10.

Plattformen fiir Quanteninformatik, -kommunikation, -sensorik oder -metrologie,
variiert;

,» Technologieknoten* bezeichnet einen spezifischen Halbleiterfertigungsprozess und
seine Entwurfsregeln;

,Halbleiterlieferkette* bezeichnet das System der Tatigkeiten, Organisationen,
Akteure, Technologien, Informationen, Ressourcen und Dienstleistungen, die mit der
Herstellung von Halbleitern verbunden sind, einschlieBlich Rohstoffen und
verarbeiteten Werkstoffen, wie etwa Gase, Halbleiterfertigungsausriistung, Entwurf,
samt der damit verbundenen Softwareentwicklung, Fertigung, Montage, Priifung und
Packaging;

,Halbleiterwertschopfungskette* bezeichnet die Reihe der Tétigkeiten im
Zusammenhang mit einem Halbleiterprodukt von der Konzeption bis zur
Endverwendung, einschlieBlich Rohstoffen und verarbeiteten Werkstoffen, wie etwa
Gase, Halbleiterfertigungsausriistung, Forschung, Entwicklung und Innovation,
Entwurf, samt der damit verbundenen Softwareentwicklung, Fertigung, Priifung,
Montage und Packaging bis hin zur Einbettung und Integration in Endprodukte und
zu Verfahren am Ende der Lebensdauer wie Wiederverwendung, Zerlegung und
Recycling;

,Pilotanlage* bezeichnet eine Test- und Versuchseinrichtung, die sich mit héheren
Technologie-Reifegraden bis hin zur industriellen Einfiihrung befasst, um Produkte,
Ausriistungen, Prozesse oder Systeme zu testen, zu demonstrieren, zu validieren und
zu kalibrieren;

,.kleine und mittlere Unternehmen® oder ,, KMU* bezeichnet kleine oder mittlere
Unternehmen im Sinne des Anhangs der Empfehlung 2003/361/EG der
Kommission®’;

,kleines Midcap-Unternehmen® (,kleines Midcap™) bezeichnet ein kleines
Unternehmen mit mittlerer Kapitalisierung im Sinne des Anhangs der
Empfehlung 2025/1099/EG;

,heuartige Initiative® bezeichnet eine der folgenden Initiativen, die in der Union
Innovationen in Bezug auf den Fertigungsprozess oder das Endprodukt
hervorbringen, soweit in der Union solche Innovationen noch nicht ausreichend
vorhanden sind oder ihre Umsetzung noch nicht konkret geplant ist, um die Resilienz
und Versorgungssicherheit der Union zu gewéhrleisten, einschlieBlich Innovationen,
die Verbesserungen der Rechenleistung oder des Niveaus der Sicherheit und
Gefahrenabwehr oder der Zuverldssigkeit, der Energieeffizienz und Umweltbilanz
oder des Technologieknotens oder Triagermaterials oder im Hinblick auf die
Einfiihrung von Produktionsprozessen, die Effizienzsteigerungen ermdglichen,
betreffen oder die Recyclingfiahigkeit verbessern oder die Produktionsinputs
verringern:

a)  eine neue oder erheblich modernisierte Halbleiterfertigungsanlage,

b) eine neue oder erheblich modernisierte Anlage oder ein neuer oder erheblich
modernisierter Prozess flir die Herstellung von Ausriistung,
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c) eine neue oder erheblich modernisierte Anlage oder ein neuer oder erheblich
modernisierter Prozess fiir die Herstellung von Schliisselkomponenten fiir
solche Ausriistungen oder fiir die sonstige Herstellung von Inputs, die
iiberwiegend in der Halbleiterfertigung verwendet werden, wie z. B. von
Werkstoffen,

d) eine neue oder erheblich modernisierte Anlage fiir die Elektronikfertigung oder
-integration,

e) neue, fertigungszentrierte Chipentwurfstatigkeiten;

nfertigungszentrierte Chipentwurfstatigkeiten bezeichnet die Ausarbeitung von
Fertigungsentwiirfen, die Ko-Optimierung des Entwurfsprozesses und die endgiiltige
Produktionsiibergabe (Tape-out), d. h. die Phase, in der ein Chipentwurf in Form
eines physischen Prototyps zur Validierung vor der Massenfertigung freigegeben
wird;

,Halbleitertechnologien der ndchsten Generation* bezeichnet Halbleitertechnologien,
die tiiber den aktuellen Stand der Technik hinausgehen, da sie erhebliche
Verbesserungen der Funktionsleistung, der Rechenleistung oder der Energieeffizienz
sowie andere erhebliche Energie- und Umweltvorteile bieten;

,hochmoderne Halbleitertechnologien bezeichnet den aktuellen Stand der
Innovation bei Chips und Halbleitertechnologien zum Zeitpunkt der Durchfiihrung
von Projekten;

,Halbleiterfertigung bezeichnet jede der Stufen der Herstellung und Verarbeitung
von Halbleiterwafern, einschlieBlich Entwurf, Tragermaterial, Front-End und Back-
End, die erforderlich sind, um ein fertiges Halbleiterprodukt zu liefern;

,Front-End* bezeichnet die gesamte Verarbeitung eines Halbleiterwafers;

,Back-End“ bezeichnet das Packaging, die Montage und die Priifung eines
Halbleiterprodukts;

,Elektronikfertigung und -integration bezeichnet die Fertigung oder Integration von
Leiterplatten, von fortgeschrittenen Packaging-Trigern sowie die
Elektronikverarbeitung in Bezug auf Montage, Priifung oder Systemintegration von
Halbleitern oder halbleitergestiitzten Produkten;

,,Halbleiteranwender* bezeichnet ein Unternehmen, das Produkte herstellt, in die
Halbleiter eingebaut sind;

,wichtige Marktakteure® bezeichnet Unternehmen in der Halbleiterlieferkette der
Union, deren zuverldssiges Funktionieren fiir die Versorgung mit Halbleitern von
wesentlicher Bedeutung ist;

,kritischer Sektor* bezeichnet einen der in Anhang V genannten Sektoren;

,krisenrelevantes Produkt® bezeichnet eines der folgenden Produkte, die von einer
Halbleiterkrise betroffen und fiir die Gewéhrleistung wesentlicher Funktionen eines
kritischen Sektors bedeutsam sind:

a)  Halbleiter oder Chips, die entweder unmittelbar in kritischen Sektoren
eingesetzt werden oder die zur Herstellung von in kritischen Sektoren
benutzten Geriten verwendet werden,

b)  Zwischenprodukte, die fiir die Herstellung von Halbleitern oder Chips
erforderlich sind,
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

c) Rohstoffe und verarbeitete Werkstoffe, die fiir die Herstellung von Halbleitern
oder Chips oder Zwischenprodukten erforderlich sind,

,Produktionsvermogen* bezeichnet die Fahigkeit einer Fertigungsanlage, bestimmte
Arten von Produkten zu fertigen;

,Produktionskapazitit“ bezeichnet den hdchsten mdglichen Output einer
Fertigungsanlage;

,Geschéftsgeheimnis® bezeichnet ein Geschiftsgeheimnis im Sinne des Artikels 2
Nummer 1 der Richtlinie (EU) 2016/943;

,Genehmigungsverfahren bezeichnet ein Verfahren, das alle einschlagigen
Genehmigungen fiir den Bau, die Ausweitung, die Umwandlung und den Betrieb von
industriellen Fertigungsprojekten abdeckt, einschlielich Baugenehmigungen,
chemikalienbezogene Genehmigungen und Netzanschlussgenehmigungen im Sinne
des Artikels 1 [des Vorschlags fiir eine Richtlinie zur Anderung der Richtlinien
(EU) 2018/2001, (EU)2019/944 und (EU)2024/1788 im Hinblick auf die
Beschleunigung  der  Genehmigungsverfahren]  sowie  erforderlichenfalls
Umweltpriifungen und -genehmigungen, und das alle Antréige und Verfahren von der
Bestitigung der Vollstindigkeit des Antrags bis zur Mitteilung der umfassenden
Entscheidung iiber das Ergebnis des Verfahrens umfasst;

LAuftrag® bezeichnet Offentliche Auftrige im Sinne des Artikels 2 Absatz 1
Nummer 5 der Richtlinie 2014/24/EU, Liefer-, Bau- und Dienstleistungsauftrige im
Sinne des Artikels 2 Nummer 1 der Richtlinie 2014/25/EU des Européischen
Parlaments und des Rates [FuBnote einfiigen] und Konzessionsvertrige im Sinne des
Artikels 5 Nummer 1 der Richtlinie 2014/23/EU des Europdischen Parlaments und
des Rates;

Loffentlicher Auftraggeber* bezeichnet einen 6ffentlichen Auftraggeber im Sinne des
Artikels 6 der Richtlinie 2014/23/EU, des Artikels2 Absatz1 Nummer 1 der
Richtlinie 2014/24/EU und des Artikels 3 der Richtlinie 2014/25/EU;

,vVergabestelle bezeichnet einen Auftraggeber im Sinne des Artikels 7 der
Richtlinie 2014/23/EU und des Artikels 4 der Richtlinie 2014/25/EU;

,sichere Verarbeitungsumgebung™ bezeichnet die physische oder virtuelle
Umgebung und die organisatorischen Mittel, mit denen die Einhaltung der
Anforderungen des Unionsrechts, darunter der Verordnung (EU)2016/679 des
Europdischen Parlaments und des Rates®®, insbesondere im Hinblick auf die Rechte
der betroffenen Personen, der Kkartellrechtlichen Vorschriften, der Rechte des
geistigen Eigentums und der geschéftlichen und statistischen Vertraulichkeit, der
Integritdit und der Verfiigbarkeit, sowie des geltenden Unionsrechts und des
nationalen Rechts gewihrleistet wird und die es der Einrichtung, die die sichere
Verarbeitungsumgebung bereitstellt, ermoglichen, alle Datenverarbeitungsvorgénge
zu bestimmen und zu beaufsichtigen, darunter auch das Anzeigen, Speichern,
Herunterladen und Exportieren von Daten und das Berechnen abgeleiteter Daten
mithilfe von Rechenalgorithmen;
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31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.
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»gesetzlicher Vertreter bezeichnet eine natiirliche oder juristische Person, die in der
Union ansissig oder niedergelassen ist und benannt wurde, um im Namen der gemé&f
Artikel 34 dieser Verordnung eingerichteten Plattform zu handeln;

,inldndisches Unternchmen‘ bezeichnet

a) jedes Unternehmen in der Halbleiterwertschopfungskette, das seinen Sitz in der
Union hat und im Eigentum und unter der Kontrolle eines Unionsunternehmens
steht,

b) jedes Unternechmen in der Halbleiterwertschopfungskette, das eines der
folgenden Kriterien erfiillt, unabhingig davon, ob es seinen Sitz in der Union
hat:

c) es steht im Eigentum und unter der Kontrolle eines Unionsunternehmens und
hat seinen Sitz au8erhalb der Union,

d) es steht im Eigentum und unter der Kontrolle eines Unternehmens mit Sitz in
einem Drittland oder Gebiet, mit dem die Union ein Abkommen zur Errichtung
einer Freihandelszone, einer Zollunion oder einer strategischen
Halbleiterpartnerschaft gemafl Artikel 49 geschlossen hat,

e) es steht im Eigentum und unter der Kontrolle eines Unternehmens mit Sitz in
einem Unterzeichnerstaat des WTO-Ubereinkommens {iber das oOffentliche
Beschaffungswesen;

,2Bigentum® bedeutet, dass Eigentumsanteile von mindestens 50 % der juristischen
Person, Stelle oder Organisation gehalten werden, oder dass eine
Mehrheitsbeteiligung daran vorliegt;

,,Kontrolle” bezeichnet die Kontrolle im Sinne des Artikels 2 Nummer 6 der
Verordnung (EU) 2021/697;

,,Unionsunternehmen‘ bezeichnet ein Unternehmen, das nach den Rechtsvorschriften
eines Mitgliedstaats niedergelassen ist;

,strategische Halbleiterpartnerschaft* bezeichnet eine zwischen der Union und einem
Drittland oder Gebiet eingegangene Verpflichtung, die Zusammenarbeit in Bezug auf
die Halbleiterwertschopfungskette zu verstirken, die mittels eines nicht
verbindlichen Instruments durchgefiihrt wird, in dem konkrete MaBBnahmen von
beiderseitigem Interesse festgelegt werden;

,strategisches Projekt* bezeichnet ein Projekt, das einen erheblichen Mehrwert fiir
die Union erbringt, indem es einen wesentlichen Beitrag zu Zielen von
gemeinsamem Unionsinteresse leistet, das eine klare grenziiberschreitende
Dimension aufweist, insbesondere durch technische Zusammenarbeit oder
offentliche Unterstiitzung, an der mehr als ein Mitgliedstaat beteiligt ist, und das zur
Starkung der Unumgénglichkeit, der Resilienz und des Erfolgs der
Halbleiterwertschopfungskette der Union und der technologischen Souverénitit und
technologischen Fiihrungsposition der Union beitrdgt, indem es kritische
Kapazititen, Technologien oder Féhigkeiten innerhalb der Union ermoglicht,
voranbringt oder sichert, unter anderem durch die Verringerung strategischer
Abhingigkeiten;

,Gemeinsames Unternehmen fiir Chips® bezeichnet das mit der Verordnung
(EU) 2021/2085 des Rates gegriindete gemeinsame Unternehmen und gegebenenfalls
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(1)

2)

(1)

jede Nachfolgeeinrichtung oder -initiative, die nach Unionsrecht im Zuge eines
nachfolgenden mehrjéhrigen Finanzrahmens gegriindet wird.

Kapitel 11
Initiative ,,Chips fiir Europa 2.0

Artikel 3
Initiative ,, Chips fiir Europa 2.0

Die Initiative ,,Chips flir Europa 2.0 wird fiir die Laufzeit des durch die Verordnung
(EU, Euratom) 2020/2093 des Rates®® festgelegten Mehrjihrigen Finanzrahmens
2021-2027 unterstiitzt.

Die Initiative ,,Chips fiir Europa 2.0 wird mit Mitteln aus dem Programm
Horizont Europa und dem Programm Digitales Europa gemif3 den Verordnungen
(EU) 2021/694 und (EU) 2021/695 sowie mit nationalen und privaten Mitteln
unterstutzt.

Artikel 4
Ziel der Initiative ,, Chips fiir Europa 2.0

Das allgemeine Ziel der Initiative ,,Chips fiir Europa 2.0 besteht darin, einen grof3
angelegten technologischen Kapazititsautbau zu erreichen und damit verbundene
Forschungs- und Innovationstitigkeiten in der gesamten
Halbleiterwertschopfungskette der Union zu unterstiitzen, um so

a) die technologische Souverdnitdt, die wirtschaftliche Sicherheit, die Resilienz,
den Erfolg, die Unumginglichkeit und die industrielle Wettbewerbsfihigkeit
der Union zu stirken, indem fiir den Transfer und die industrielle Ubernahme
der im Rahmen der Initiative ,Chips flir Europa2.0“ entwickelten
Technologien gesorgt wird;

b) die Unionsnachfrage nach Halbleitern anzuregen, unter anderem durch
Vergabeverfahren, die im Einklang mit dem Unionsrecht und den
internationalen Verpflichtungen der Union die Ubernahme und Integration in
der Union entworfener, entwickelter oder gefertigter Halbleitertechnologien, -
komponenten und -systeme fordern;

c) die Innovation, Entwicklung und Einfiihrung hochmoderner
Halbleitertechnologien zu ermdglichen, einschlieBlich  Photonik als
bereichstlibergreifender und grundlegender Technologie, insbesondere solcher,
die fiir kiinstliche Intelligenz (KI), einschlieBlich Edge-KI, und fiir wichtige
Anwendungsbereiche wie Gesundheit, Energie, industrielle Automatisierung,
Robotik, Verkehr, Verteidigung, Automobil- und Luftfahrtsysteme sowie fiir
Rechenzentren und Cloud-Infrastrukturen von entscheidender Bedeutung sind;

d) einen Beitrag zur Verwirklichung des 6kologischen und digitalen Wandels zu
leisten, insbesondere durch die Verringerung der Energie-, Umwelt- und
Klimaauswirkungen elektronischer —Systeme, die Verbesserung der
Nachhaltigkeit von Chips der néchsten Generation und die Stirkung der
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Prozesse der Kreislaufwirtschaft, durch einen Beitrag zu hochwertigen
Arbeitspldtzen innerhalb des Halbleiterokosystems und durch die
Beriicksichtigung der Grundsdtze der konzeptionsintegrierten Sicherheit, die
Schutz vor Cybersicherheitsbedrohungen bieten.

Die Initiative ,,Chips fiir Europa 2.0* hat die folgenden sechs operativen Ziele:

a)  operatives Ziel 1: Unterstiitzung fortgeschrittener Entwurfskapazititen fiir
Halbleitertechnik;

b)  operatives Ziel 2: Ausbau bestehender und Entwicklung neuer fortgeschrittener
Pilotanlagen in der gesamten Union, um die Entwicklung und industrielle
Einflihrung von hochmodernen Halbleitertechnologien und
Halbleitertechnologien der ndchsten Generation sowie von Pilot-
Testumgebungen zur Validierung und Demonstration der Integration und
Nutzung solcher Technologien in  wichtigen Anwendungen und
Anwenderbranchen zu ermdglichen;

c) operatives Ziel 3:  Autbau  fortgeschrittener  technologischer  und
ingenieurstechnischer Kapazititen zur Beschleunigung der innovativen
Entwicklung hochmoderner Quantenchips und dazugehoriger
Halbleitertechnologien;

d) operatives Ziel4: Unterstiitzung eines unionsweiten Netzes von
Kompetenzzentren durch den Ausbau bestehender oder die Schaffung neuer
Anlagen;

e) operatives Ziel 5: Aufbau und Stirkung fortgeschrittener Kapazititen fiir den
Entwurf, die Prototypentwicklung und die industrielle Einfiihrung photonisch
integrierter Schaltungen und anderer Photoniktechnologien in der gesamten
Union;

f)  operatives Ziel 6: Durchfiihrung von Tétigkeiten, die gemeinsam als ,,Chip-
Fonds*“-Tétigkeiten zu bezeichnen sind, um den Zugang zu Finanzmitteln zu
erleichtern, unter anderem durch die Bereitstellung klarer Leitlinien,
insbesondere flir Start-ups, Scale-ups, KMU und kleine Midcaps in der
Halbleiterwertschopfungskette,  durch ~ Finanzierungsinstrumente  und
Investitionsfordermechanismen  zur  Unterstiitzung der  Eigenkapital-,
Fremdkapital- oder Mischfinanzierung im Rahmen des Accelerators des
Europdischen Innovationsrats, des Fonds ,,InvestEU*“ und gegebenenfalls
anderer Unionsinstrumente und von deren Nachfolgern im Zuge des
Mehrjihrigen Finanzrahmens 2028-2034.

Die Initiative ,Chips fliir Europa2.0“ unterstiitzt gro3  angelegte,
sektoreniibergreifende Initiativen zur Bewiltigung groBler technologischer und
industrieller Herausforderungen, die fiir die Union von strategischer Bedeutung sind
(im Folgenden ,,Gro3e Herausforderungen®).

Zur Verwirklichung der Ziele der Initiative ,,Chips fiir Europa 2.0“ kdnnen auch
Tatigkeiten zum Kapazitdtsaufbau und damit verbundene Forschungs- und
Innovationstitigkeiten —durchgefiihrt werden. Im Zuge des Mehrjdhrigen
Finanzrahmens 2021-2027 werden alle Tatigkeiten zum Kapazititsaufbau aus dem
Programm Digitales Europa und die damit verbundenen Forschungs- und
Innovationstitigkeiten aus dem Programm Horizont Europa finanziert.
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Artikel 5
Operative Ziele der Initiative ,, Chips fiir Europa 2.0

Die Initiative ,,Chips fiir Europa 2.0 wird Folgendes tun:

a)

b)

im Rahmen ihres operativen Ziels 1:

i)

Pflege und Ausbau einer unionsweit verfiigbaren virtuellen
Entwurfsplattform, die eine breite Palette von neuen und bestehenden
Entwurfseinrichtungen, -werkzeugen und -diensten umfasst und
insbesondere Hochschulen, Start-ups, Scale-ups und KMU den Zugang
dazu erleichtert, um das Wachstum und die Expansion von Unternehmen
ohne eigene Fertigungsanlagen in der Union zu steigern,

Ausbau der Entwurfsfahigkeiten der Union, auch im Hinblick auf
Photonik und Quantentechnik, durch die Forderung innovativer
Entwicklungen in den Bereichen fortgeschrittener Chipentwurf und
fortgeschrittene Chiparchitekturen und zu diesem Zweck Unterstiitzung
ehrgeiziger strategischer Entwurfsprojekte, die fiir die strategische
Autonomie und die Wettbewerbsfdhigkeit der Union von grofler
Bedeutung sind;

im Rahmen ihres operativen Ziels 2:

i)

iii)

v)

Starkung der Fihigkeiten im Bereich der Chipproduktionstechnologien
der nichsten Generation und der Halbleiterfertigungsausriistung durch
die Einbeziehung von Forschungs- und Innovationstitigkeiten und die
Vorbereitung der Entwicklung kiinftiger Technologieknoten und
Halbleiterfertigungsprozesse,

Unterstiitzung von Innovationen in groBem Mafstab durch Zugang zu
neuen oder bestehenden Pilotanlagen fiir Erprobung, Tests,
Prozesssteuerung, Endpriifung der Geriteeigenschaften, Erprobung und
Validierung neuer Technologien und Entwurfskonzepte zur Integration
von Schliisselfunktionen,

Unterstiitzung von Innovationen durch Zugang zu neuen oder erweiterten
Pilot-Testumgebungen, in denen verschiedene innovative Technologien
oder Produkte kombiniert und integriert werden, um neue Geréte flir
wichtige Anwendungen und Anwenderbranchen vor ihrer vollstindigen
Einfilhrung im industriellen MafBlstab zu entwickeln und zu validieren,
um Risiken zu ermitteln, die Leistung zu validieren und die
Durchfiihrbarkeit unter realen Bedingungen sicherzustellen,

Unterstiitzung  europdischer  Halbleitertechnologieinitiativen — durch
bevorzugten Zugang zu neuen oder bestehenden Pilotanlagen sowie
Sicherstellung des effektiven Zugangs zu neuen Pilotanlagen und Pilot-
Testumgebungen unter fairen Bedingungen fiir ein breites Spektrum von
Nutzern des Halbleiterokosystems der Union,

Vorbereitung auf den Transfer und die industrielle Einfiihrung der im
Rahmen dieses operativen Ziels entwickelten Technologien;

im Rahmen ihres operativen Ziels 3:

)

Unterstiitzung der Entwicklung neuer oder bestehender Pilotanlagen,
Reinrdume und Fertigungsbetriebe fiir die Prototypentwicklung und die

72

DE



DE

d)

iii)

-75 - Drucksache 415/26

Herstellung  von  Quantenchips  fir die  Integration  von
Quantenschaltungen und Steuerelektronik,

Entwicklung von Anlagen fiir die Priifung und Validierung
fortgeschrittener Quantenchips, die in den Pilotanlagen hergestellt
werden, um den Kreis des Innovations-Feedbacks zwischen Entwicklern,
Herstellern und Nutzern von Quantenkomponenten zu schlief3en,

Entwicklung innovativer Entwurfsbibliotheken flir Quantenchips in
engem Zusammenhang mit dem operativen Ziel 1;

im Rahmen ihres operativen Ziels 4:

)

Starkung der Kapazititen und Bereitstellung eines breiten Spektrums an
Sachkenntnis fiir Interessentrdger, einschlieflich als Endnutzer
auftretender Start-ups, Scale-ups und KMU, und Erleichterung des
Zugangs zu den in diesem Artikel genannten Kapazititen und Anlagen
und deren effektiver Nutzung,

Bewiltigung des Mangels und Ungleichgewichts bei Kenntnissen und
Kompetenzen durch Anwerbung, Mobilisierung und Bindung neuer
Talente in den Bereichen Forschung, Entwurf und Herstellung,
einschlieBlich Umschulung und Weiterbildung von Arbeitskriften;

im Rahmen ihres operativen Ziels 5:

)

iii)

1v)

Starkung der Fdhigkeiten in den Bereichen Produktionstechnologien,
Halbleiterfertigungsausriistung und Werkstoffplattformen fiir photonisch
integrierte Schaltungen durch die Einbeziehung von Forschungs- und
Innovationstétigkeiten,

Starkung bestehender und Entwicklung neuer Pilotanlagen und frei
zugéanglicher Halbleiterfertigungsanlagen fiir die Prototypentwicklung fiir
photonisch integrierte Schaltungen und deren Herstellung und fiir
zugehorige Photoniktechnologien,

Entwicklung und  Pflege @ von  Entwurfsbibliotheken = und
Entwurfsautomatisierungswerkzeugen  fiir  photonisch  integrierte
Schaltungen und zugehorige Photoniktechnologien und Methoden fiir
ihre Integration in Module, die in der gesamten Union zu offenen und
diskriminierungsfreien Bedingungen zur Verfiigung stehen,

Vorbereitung auf den Transfer und die industrielle Einfiihrung der im
Rahmen dieses operativen Ziels entwickelten Technologien;

im Rahmen ihres operativen Ziels 6:

)

Unterstiitzung von Start-ups und Scale-ups in der gesamten
Halbleiterwertschopfungskette beim Zugang zu Finanzmitteln in allen
Wachstumsphasen, mit dem besonderen Schwerpunkt auf der SchlieBung
der Finanzierungsliicke, die sie daran hindert, die fiir den weltweiten
Wettbewerb erforderliche Gré3enordnung zu erreichen,

Beschleunigung und Verbesserung des Zugangs zu Investitionen in die
Halbleiterwertschopfungskette, insbesondere durch die Mobilisierung
von Risiko- und Wachstumskapital, und ErschlieBung von sowohl
offentlichen als auch privaten Finanzmitteln bei gleichzeitiger Steigerung
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der Unumginglichkeit, der Resilienz und des Erfolgs des
Halbleiterdkosystems in der Union.

Die Verwirklichung dieser Ziele erfolgt gegebenenfalls im Einklang mit der technischen
Beschreibung in Anhang I.

(1)

2)

Artikel 6
Europdisches Netz der Kompetenzzentren fiir Halbleiter

Fiir die Zwecke des operativen Ziels 4 der Initiative ,,Chips fiir Europa 2.0* wird das
mit der Verordnung (EU)2023/1781 eingerichtete europdische Netz der
Kompetenzzentren fiir Halbleiter, Systemintegration und Entwurf (im Folgenden
,Netz*) unterstiitzt. Das Netz setzt sich aus den vom Gemeinsamen Unternehmen fiir
Chips gemil} Absatz 3 ausgewidhlten Kompetenzzentren zusammen.

Die Kompetenzzentren fithren zum Nutzen der Unionsindustrie und in enger
Zusammenarbeit mit ihr, insbesondere KMU und Midcap-Unternehmen, sowie
Forschungs- und Technologieorganisationen, Hochschulen, dem 6ffentlichen Sektor
und anderen einschlagigen Interessentragern entlang der
Halbleiterwertschopfungskette alle oder einige der folgenden Tétigkeiten durch:

a)  Gewihrleistung der Abstimmung zwischen den  Titigkeiten des
Kompetenzzentrums und gegebenenfalls der Halbleiterstrategie des
Mitgliedstaats, in dem das Kompetenzzentrum niedergelassen ist;

b)  Sensibilisierung und Bereitstellung des notigen Fachwissens, der Sachkenntnis
und der Kompetenzen fiir die Interessentrdger, um ihnen zu helfen, die
Entwicklung von neuen Halbleitertechnologien, Halbleiterfertigung,
Ausriistung, Entwurfsoptionen und Systemkonzepten sowie die Integration
neuer Halbleitertechnologien unter effektiver Nutzung der Infrastruktur und
anderer verfligbarer Ressourcen des Netzes zu beschleunigen;

c) Bereitstellung des  Zugangs zu  Entwurfsdienstleistungen  und
Entwurfswerkzeugen im Rahmen des operativen Ziels 1 der Initiative ,,Chips
fiir Europa 2.0“ sowie zu den Pilotanlagen, die im Rahmen des operativen
Ziels 2 der Initiative ,,Chips fiir Europa 2.0* unterstiitzt werden;

d)  Sensibilisierung und Bereitstellung von Sachkenntnis, Fachwissen und
Dienstleistungen bzw. Gewdhrung des Zugangs dazu, einschlieBlich
Systementwurfsreife, —neuen und  bestehenden  Pilotanlagen  und
UnterstiitzungsmafBnahmen, die fiir den Aufbau von im Rahmen der Initiative
,Chips flir Europa2.0“ unterstiitzten Fertigkeiten und Kompetenzen
erforderlich sind;

e)  Erleichterung des Transfers von Sachkenntnis und Fachwissen zwischen
Mitgliedstaaten und Regionen zur Forderung des Austauschs von
Kompetenzen, Kenntnissen und bewidhrten Verfahren sowie zur Forderung
gemeinsamer Programme;

f)  Entwicklung und  Verwaltung  besonderer = Weiterbildungs-  und
Umschulungsmafinahmen zu Halbleitertechnologien und ihren Anwendungen,
um die Entwicklung des Talentpools zu unterstiitzen und die Zahl der
Studierenden und die Qualitdit der Ausbildung in den einschlidgigen
Studienfichern an Schulen und Universititen in der Union bis zum
Promotionsniveau zu erhohen;
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g)  Erleichterung der Verbindungen zwischen Studierenden  und
Halbleiterunternehmen in der gesamten Union unter besonderer
Beriicksichtigung der Beteiligung von Frauen und unterreprasentierten
Gruppen und aufbauend auf bestehenden Initiativen zur Forderung der
allgemeinen und/oder beruflichen Bildung und der Mobilitit von Studierenden
und Arbeitskriften innerhalb und von auBlerhalb der Union.

Die Mitgliedstaaten benennen infrage kommende Kompetenzzentren entsprechend
thren nationalen Verfahren sowie administrativen und institutionellen Strukturen in
einem offenen und wettbewerblichen Verfahren.

Im Arbeitsprogramm des Gemeinsamen Unternehmens fiir Chips wird das Verfahren
fiir die Unterstiitzung der Kompetenzzentren, die das Netz bilden, festgelegt,
einschlieBlich der Auswahlkriterien sowie weiterer Einzelheiten zur Durchfiihrung
der in diesem Artikel genannten Aufgaben und Funktionen.

Das Gemeinsame Unternehmen fiir Chips wihlt die Kompetenzzentren, die das Netz
bilden, aus.

Die Mitgliedstaaten und die Kommission maximieren die Synergien mit bestehenden
Kompetenzzentren, die im Rahmen anderer Initiativen der Union eingerichtet
wurden, wie etwa den in der Verordnung (EU) 2021/694 genannten européischen
digitalen Innovationszentren.

Die Kompetenzzentren legen ihre Organisation, Zusammensetzung und Arbeitsweise
weitgehend nach eigenem Ermessen fest. Die Organisation, Zusammensetzung und
Arbeitsweise der Kompetenzzentren entsprechen den Zielen und Vorgaben dieser
Verordnung und der Initiative ,,Chips fiir Europa 2.0 und tragen zu ihnen bei.

Artikel 7
Grofle Herausforderungen

GroBe Herausforderungen dienen der Entwicklung, der Integration und der
Gewiéhrleistung der industriellen Einfiihrung vielversprechender und kritischer
Halbleitertechnik und verwandter Technik, die fiir die Union von zentraler
Bedeutung sind, und werden gegebenenfalls im Einklang mit der technischen
Beschreibung in Anhang [ umgesetzt.

Die Initiative ,,Chips fiir Europa 2.0 unterstiitzt die Groflen Herausforderungen
durch Folgendes:

a)  Forderung fortgeschrittener Forschungs- und Entwicklungstitigkeiten, die es
ermoglichen werden, bei der nidchsten Generation von KI-Chips eine
Fiihrungsrolle zu iibernehmen, Cloud-, Rechenzentrums- und Edge-KI-
Infrastrukturen dauerhaft mit beispiellosen Energieeffizienzniveaus zu
betreiben, die Unionskapazititen im Bereich der Spitzentechnologien zu
sichern und die Stirken der Union im Bereich der Halbleiterfertigung
auszubauen;

b) Bewiltigung groBer Hindernisse bei der Weiterentwicklung der
Halbleitertechnik wie Miniaturisierung, Energieeffizienz, Nachhaltigkeit,
heterogene Integration, Sicherheit und Zuverlissigkeit sowie Herstellbarkeit;

c)  Erweiterung des Halbleiterokosystems durch eine enge Zusammenarbeit mit
vertikalen Marktsektoren,;
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d) Erzielung eines Wettbewerbsvorteils bei bestimmten Anwendungen, die fiir die
technologische Souveridnitit und die industrielle Wettbewerbsfdhigkeit der
Union von entscheidender Bedeutung sind, durch eine strukturierte
Zusammenarbeit zwischen Halbleiterentwicklern und Anwenderbranchen;

e) Integration der Bemiihungen mehrerer Pilotanlagen und deren Ausrichtung auf
eine industrielle Anwendung durch hohere Energieeffizienz und
fortgeschrittene Halbleiterfahigkeiten;

f)  Gewidhrleistung des Transfers und der industriellen Einfiihrung von
Technologien, die im Rahmen der Initiative ,,Chips flir Europa 2.0 entwickelt
werden, einschlieBlich Téatigkeiten, die auf technologische Ausreifung,
Einstufung, Prototypentwicklung, Demonstration, industrielle Ersteinfiihrung
und Uberfiihrung in Produktionsumgebungen abzielen.

Die Groflen Herausforderungen werden in Abstimmung mit den Groflen
Herausforderungen gemiB der Verordnung (EU) XXXX/XXXX [Verordnung zur
Cloud- und KI-Entwicklung (CADA)] sowie mit den Initiativen des mit der
Verordnung (EU) 2021/1173 des Rates’® gegriindeten Gemeinsamen Unternehmens
fiir europdisches Hochleistungsrechnen umgesetzt.

Artikel 8
Nachfragebeschleuniger

Die Kommission und die Mitgliedstaaten fordern die Einfiihrung von in der Union
entworfenen oder hergestellten Halbleitern insbesondere auf Schliisselmérkten wie
Cloud-Computing, Automobilindustrie, Luftfahrt, Telekommunikation, Verteidigung
und gegebenenfalls auf anderen Markten.

Die Nachfragebeschleuniger werden von der Industrieallianz fiir Halbleiter
umgesetzt.

Die Kommission kann in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten und einschldgigen
Interessentragern aus der Industrie und im Einklang mit den Wettbewerbsregeln

a) potenzielle Anwender, insbesondere Abnehmer von Halbleitertechnik, bei der
Erorterung der Anforderungen und technologischen Spezifikationen der
Halbleiterprodukte, die ihre Industrie voraussichtlich bendtigen wird,
unterstiitzen;

b) die Entwicklung gemeinsamer technischer Fahrpline ermdglichen sowie
Mitgestaltungstitigkeiten zwischen Halbleiterherstellern mit Sitz in der Union
und nachgeschalteten industriellen Anwendern unterstiitzen und anregen,
darunter auch mit Systemintegratoren und Ausriistungsherstellern, damit
Halbleiterkomponenten entwickelt werden, die auf industrielle Anwendungen
in der Union zugeschnitten sind;

c)  Kooperationsplattformen, Pilotprojekte oder Entwicklungspartnerschaften
erleichtern, die eine friihzeitige Einbeziehung industrieller Anwender in die
Konzeption innovativer, in der Union entwickelter Halbleitertechnik
ermdglichen.
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Artikel 9
Nachfrageforum

(1) Die Kommission richtet ein Nachfrageforum ein, um die Présentation von
Halbleitertechnik, insbesondere durch europdische Halbleitertechnologieinitiativen
und strategische Projekte sowie durch integrierte Produktionsstitten und offene EU-
Fertigungsbetriebe, die gemél der Verordnung (EU) 2023/1781 anerkannt sind, im
Einklang mit den Wettbewerbsregeln zu erleichtern.

(2) Das Nachfrageforum wird von der Industrieallianz fiir Halbleiter umgesetzt.

Artikel 10
Innovationsférdernde Chip-Beschaffung

Zur Unterstiitzung von  Offentlichen  Auftraggebern oder Vergabestellen und
Wirtschaftsteilnehmern, die als Beschaffungsstellen bei Auftragsvergabe, Integration,
Einstufung und Ersteinfiihrung von Systemen, die Halbleiter enthalten, auftreten, ergreift das
Gemeinsame Unternehmen fiir Chips die folgenden Maflnahmen:

a)  Unterstlitzung der Schaffung von Regelungen fiir eine grenziiberschreitende
gemeinsame Beschaffung zwischen Offentlichen Auftraggebern oder
Vergabestellen, soweit zutreffend,

b)  Unterstiitzung der Integration und Einfiihrung innovativer Halbleitertechnik.

Artikel 11
Synergien mit anderen Programmen

Die Initiative ,,Chips fiir Europa 2.0“ wird in Synergie mit Unionsprogrammen gemaéf
Anhang IV durchgefiihrt. Die Kommission stellt sicher, dass die Erreichung der in Artikel 4
genannten Ziele der Initiative ,,Chips flir Europa 2.0“ nicht behindert wird, wenn sie den
komplementiren Charakter der Initiative ,,Chips fiir Europa 2.0* mit Unionsprogrammen zur
Geltung bringt.

Artikel 12
Durchfiihrung

(1) Die operativen Ziele 1 bis 5 der Initiative ,,Chips fiir Europa 2.0° und die GroBen
Herausforderungen werden dem Gemeinsamen Unternehmen fiir Chips iibertragen
und durch in seinem Arbeitsprogramm festgelegte MaBBnahmen durchgefiihrt.

(2) Um dem technologischen Wandel und den Marktentwicklungen, die fiir den
Halbleitersektor bedeutsam sind, Rechnung zu tragen, wird der Kommission die
Befugnis iibertragen, gemdll Artikel 55 delegierte Rechtsakte zu erlassen, um
Anhang I hinsichtlich der dort festgelegten MaBBnahmen auf eine Weise, die mit den
in Artikel 4 festgelegten Zielen der Initiative ,,Chips fiir Europa 2.0 im Einklang
steht, zu dndern.

3) Um die wirksame Durchfiihrung und Bewertung der Initiative ,,Chips fiir
Europa 2.0 sicherzustellen und dem technologischen Wandel und den
Marktentwicklungen gerecht zu werden, wird der Kommission die Befugnis
iibertragen, delegierte Rechtsakte gemidB3 Artikel 55 zu erlassen, um Anhang III
hinsichtlich der messbaren Indikatoren fiir die Uberwachung der Durchfiihrung und
die Berichterstattung {iber Fortschritte der Initiative ,,Chips fiir Europa 2.0* bei der
Verwirklichung ihrer in Artikel 4 festgelegten Ziele zu dndern.
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Um die wirksame Durchfiihrung, Uberwachung und Bewertung der Initiative ,,Chips
fiir Europa 2.0“ sicherzustellen, enthdlt der jdhrliche Tatigkeitsbericht des
Gemeinsamen Unternechmens fiir Chips Angaben iiber Angelegenheiten im
Zusammenhang mit den operativen Zielen1 bis5 der Initiative ,,Chips fiir
Europa 2.0“ und den Grof3en Herausforderungen auf der Grundlage der in Anhang II1
festgelegten messbaren Indikatoren.

Die Kommission unterrichtet das Europdische Halbleitergremium regelméfig iiber
die Fortschritte bei der Durchfiihrung des operativen Ziels 6 der Initiative ,,Chips fiir
Europa 2.0%.

Kapitel 111

Versorgungssicherheit und Nachfrage

ABSCHNITT 1
HALBLEITERFERTIGUNGSFAHIGKEITEN

) Artikel 13
Offentliches Interesse und offentliche Unterstiitzung

Europdische Halbleitertechnologieinitiativen und strategische Projekte werden als
Beitrag zur Sicherheit der Versorgung mit Halbleitern und zur Resilienz des
Halbleiterokosystems der Union und daher als im Interesse der Union liegend
betrachtet.

Im Interesse der Versorgungssicherheit und der Resilienz des Halbleiterokosystems
der Union konnen die Mitgliedstaaten unbeschadet der Artikel 107 und 108 AEUV
zugunsten  strategischer Projekte im  Einklang mit der Verordnung
(EU) XXXX/XXXX [Europdischer Fonds fiir Wettbewerbsfihigkeit] und anderen
einschldagigen Rechtsvorschriften der Union sowie zugunsten europdischer
Halbleitertechnologieinitiativen ~ UnterstiitzungsmaBnahmen  anwenden  und
administrative Unterstiitzung leisten.

Dariiber hinaus kann die Kommission Unterstiitzungsmaflnahmen, darunter unter
anderem auch Finanzhilfen, auf strategische Projekte im FEinklang mit der
Verordnung (EU) XXXX/XXXX [Europdischer Fonds fiir Wettbewerbsfahigkeit]
und anderen einschldgigen Rechtsvorschriften der Union anwenden.

Artikel 14
Europdische Halbleitertechnologieinitiativen

Europdische Halbleitertechnologieinitiativen werden von inlédndischen Unternehmen
durchgefiihrt.

Europédische Halbleitertechnologieinitiativen miissen nachweisen, dass sie ihre
Lieferkette so gestalten werden, dass die Abhidngigkeit der Lieferkette von
auslédndischen Unternehmen verringert und die Versorgungssicherheit der Union
gestérkt wird.
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Europdische Halbleitertechnologieinitiativen sind neuartige Initiativen, die zur
Unumginglichkeit, zur Resilienz, zum Erfolg und zur Versorgungssicherheit des
Halbleiterokosystem der Union beitragen.

Zum Zeitpunkt der Einreichung eines Antrags gemél Artikel 15 Absatz 1 muss eine
europdische Halbleitertechnologieinitiative die Voraussetzungen flir die Einstufung
als neuartige Initiative erfiillen.

Um den Status einer europdischen Halbleitertechnologieinitiative zu beantragen,
brauchen neuartige Initiativen keine UnterstiitzungsmaBBnahmen in Anspruch zu
nehmen oder administrative Unterstiitzung gemal3 Artikel 13 zu erhalten.

Eine europdische Halbleitertechnologieinitiative muss folgende Anforderungen
erfiillen:

a)  ihre Einrichtung hat auf die Halbleiterwertschopfungskette der Union und die
Endmérkte der Union im Hinblick darauf, die Unumginglichkeit, die Resilienz
und den Erfolg des Halbleiterokosystems und das Wachstum von Start-ups und
KMU sicherzustellen und zum griinen und digitalen Wandel der Union sowie
gegebenenfalls zum Geschéftsmodell der Anlage beizutragen, mittel- bis
langfristig eindeutig positive Auswirkungen mit Ausstrahlungseffekten tiber
sich selbst oder den bzw. die betreffenden Mitgliedstaat(en) hinaus, wobei
insbesondere berlicksichtigt wird, inwieweit die Initiative von ihrer Anlage
unabhingigen Unternehmen Produktionskapazitit im Front-End- oder Back-
End-Bereich oder beidem anbietet, sofern eine ausreichende Nachfrage besteht;

b) sie bietet Gewihr dafiir, dass sie nicht der extraterritorialen Anwendung
gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen von Drittlindern in einer Weise
unterworfen ist, die die Féhigkeit des Unternehmens, seinen in Artikel 43
Absatz 1 festgelegten Verpflichtungen nachzukommen, untergraben konnte,
und sie verpflichtet sich, die Kommission zu unterrichten, wenn eine solche
Verpflichtung entstehen sollte;

c) sie investiert in der Union in kontinuierliche Innovation, um Kkonkrete
Fortschritte im Bereich der Halbleitertechnologie zu erzielen oder
Halbleitertechnologien der nidchsten Generation vorzubereiten;

d) sie unterstiitzt die Talentpipeline der Union durch die Entwicklung und den
Einsatz von Bildungs- und Qualifizierungsmalnahmen und durch die
Ausweitung des Pools an qualifizierten Arbeitskréften;

e) falls es sich um eine Produktionsanlage handelt, beteiligt sie sich an der in
Artikel 34 genannten Unternehmensplattform fiir die Halbleiterlieferkette.

Fir die Zwecke von Investitionen in kontinuierliche Innovation gemiB3 Absatz 6
Buchstabe ¢ des vorliegenden Artikels erhalten europdische
Halbleitertechnologieinitiativen bevorzugten Zugang zu den gemdl Artikel 5
Buchstabe b eingerichteten Pilotanlagen. Durch einen solchen bevorzugten Zugang
wird der effektive Zugang anderer interessierter Unternehmen, insbesondere Start-
ups und KMU, zu den Pilotanlagen unter fairen Bedingungen weder ausgeschlossen
noch verhindert.

Bietet eine europdische Halbleitertechnologieinitiative anderen Unternehmen, die
von der Initiative unabhéngig sind, Produktionskapazitit an, so nimmt die Initiative
eine angemessene und wirksame funktionale Trennung der Entwurfs- und
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Halbleiterfertigungsprozesse vor und erhélt diese aufrecht, um den Schutz der in
jeder Stufe erhaltenen Informationen sicherzustellen.

Artikel 15

Beantragung der Anerkennung als europdische Halbleitertechnologieinitiative

Jedes Unternehmen oder Unternehmenskonsortium kann bei der Kommission die
Gewihrung des Status einer europédischen Halbleitertechnologieinitiative beantragen.

Die Kommission priift den Antrag unter Beriicksichtigung der Stellungnahme des
Européischen Halbleitergremiums in einem fairen und transparenten Verfahren auf
der Grundlage aller folgenden Aspekte:

a)  Einhaltung der in Artikel 14 Absatz 2 festgelegten Kriterien und Ubernahme
der Verpflichtung, die in Artikel 14 Absatz 6 festgelegten Anforderungen
einzuhalten;

b)  Geschéftsplan mit einer Bewertung der finanziellen und technischen
Tragfdhigkeit des Projekts unter Beriicksichtigung seiner gesamten
Lebensdauer, einschlieflich Informationen iiber etwaige geplante Offentliche
Unterstuitzung;

c) nachgewiesene Erfahrung des Antragstellers mit dem Betrieb &hnlicher
Anlagen;

d) Vorlage eines geeigneten Nachweises fiir die Bereitschaft des Mitgliedstaats
bzw. der Mitgliedstaaten, in dem bzw. denen der Antragsteller seine Anlage
anzusiedeln gedenkt, die Einrichtung einer solchen Initiative zu unterstiitzen;

e) Vorliegen  geeigneter  politischer = MalBnahmen  und  geeigneter
Lizenzvereinbarungen, einschlief8lich technischer Schutz- und
Durchfiihrungsmafinahmen, die den Schutz von nicht offengelegten
Informationen und Rechten des geistigen Eigentums sicherstellen sollen,
insbesondere um die unbefugte Offenlegung von Geschéftsgeheimnissen oder
die Preisgabe sensibler aufkommender Technologien zu verhindern.

Die Kommission stellt Leitlinien zu den nach Unterabsatz 1 erforderlichen
Informationen und deren jeweiligem Format bereit.

Die Kommission bearbeitet die Antrdge, erldsst ihre Beschliisse und benachrichtigt
die Antragsteller innerhalb von drei Monaten nach Eingang eines vollstindigen
Antrags. Ist die Kommission der Auffassung, dass die im Antrag enthaltenen
Informationen unvollstindig sind, so gibt sie dem Antragsteller Gelegenheit, die zur
Vervollstindigung des Antrags erforderlichen zusidtzlichen Informationen
unverziiglich nachzureichen. In dem Beschluss der Kommission wird die
Geltungsdauer des Status auf der Grundlage der voraussichtlichen Lebensdauer des
Projekts festgelegt.

Die Kommission iiberwacht die Fortschritte bei der Einrichtung und dem Betrieb der
europdischen Halbleitertechnologieinitiativen und unterrichtet das Europdische
Halbleitergremium regelméaBig.

Der Betreiber der Initiative kann die Kommission ersuchen, die Dauer des Status zu
iiberpriifen oder seine Durchfiihrungspldne im Hinblick auf die Einhaltung der
Anforderungen geméall Artikel 14 Absatz6 zu é&dndern, wenn er eine solche
Uberpriifung aufgrund unvorhergesehener #uBerer Umstinde fiir hinreichend

80

DE



DE

(6)

(7

(®)

(1)

-83- Drucksache 415/26

gerechtfertigt hilt. Auf der Grundlage einer solchen Uberpriifung kann die
Kommission die Dauer des geméll Absatz 3 des vorliegenden Artikels gewiéhrten
Status dndern oder die Anderung der Durchfiihrungspléne akzeptieren.

Stellt die Kommission fest, dass eine Initiative die in Artikel 14 Absatz 6
festgelegten Anforderungen nicht mehr erfiillt, so gibt sie dem Betreiber der
europdischen Halbleitertechnologieinitiative Gelegenheit, Stellung zu nehmen und
geeignete Mallnahmen vorzuschlagen.

Die Kommission kann einen Beschluss iiber die Anerkennung des Status einer
europdischen Halbleitertechnologieinitiative autheben, wenn die Anerkennung auf
einem Antrag beruhte, der unrichtige Informationen enthielt, oder wenn die
europdische Halbleitertechnologieinitiative trotz des Abschlusses des Verfahrens
nach Absatz 5 des vorliegenden Artikels die in Artikel 14 Absatz 6 festgelegten
Anforderungen nicht erfiillt. Bevor die Kommission einen solchen Beschluss erlésst,
konsultiert sie das Européische Halbleitergremium, nachdem sie ihm die Griinde fiir
die vorgeschlagene Aufhebung mitgeteilt hat. Ein Beschluss iiber die Aufthebung des
Status einer europdischen Halbleitertechnologieinitiative wird ordnungsgemal
begriindet und kann vom Betreiber angefochten werden.

Initiativen, deren Status als europdische Halbleitertechnologieinitiative geméaf
Absatz 7 des vorliegenden Artikels aufgehoben wurde, verlieren alle mit der
Anerkennung dieses Status verbundenen Rechte, die sich aus dieser Verordnung
ergeben. Diese Initiativen unterliegen jedoch wihrend eines Zeitraums, der
demjenigen entspricht, der zum Zeitpunkt der Gewéhrung des Status gemaf3 Absatz 3
des vorliegenden Artikels urspriinglich festgelegt war, oder — im Fall einer
Uberpriifung des Status — wihrend der gemiB Absatz 5 des vorliegenden Artikels
anzuwendenden Dauer weiterhin der in Artikel 42 Absatz 1 festgelegten
Verpflichtung.

Artikel 16
Strategische Projekte

Die Kommission erkennt Halbleiterprojekte, die alle folgenden Anforderungen
erfiillen, als strategische Projekte an:

a) es erbringt einen erheblichen Mehrwert fiir die Union, indem es einen
wesentlichen Beitrag zu Zielen von gemeinsamem Unionsinteresse leistet;

b) das strategische Projekt wird von inldndischen Unternehmen durchgefiihrt;

c) strategische Projekte miissen nachweisen, dass sie ihre Lieferkette so gestalten
werden, dass die Abhédngigkeit der Lieferkette von auslédndischen Unternehmen
verringert und die Versorgungssicherheit der Union gestarkt wird;

d) es weist eine eindeutige grenziiberschreitende Dimension auf, insbesondere
durch technische Zusammenarbeit oder 6ffentliche Unterstiitzung, an denen
mehrere Mitgliedstaaten beteiligt sind;

e) es tragt zur Resilienz und Robustheit der Halbleiterwertschopfungskette der
Union bei;

f) es trigt zur Stirkung der technologischen Souverdnitit und der
technologischen Fiihrungsposition der Union bei, indem es kritische
Kapazititen, Technologien oder Fihigkeiten innerhalb der Union ermdglicht,
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voranbringt oder sichert, unter anderem durch die Verringerung strategischer
Abhidngigkeiten.

Strategische Projekte mit mehreren Standorten werden von einem einzigen
Konsortium betrieben und bilden eine integrierte rechtliche und technische Einheit.

Die Beteiligung an strategischen Projekten ist auf Rechtstrager aus der Union
beschrénkt.

Abweichend von Absatz 3 ist die Beteiligung von in Drittlindern niedergelassenen
Rechtstridgern zuldssig, sofern diese Beteiligung mit den in Absatz 1 genannten
Bedingungen vereinbar ist, und eine solche Beteiligung unterliegt den einschlagigen
sicherheitsbezogenen Bedingungen der anwendbaren Unionsprogramme.

Artikel 17
Festlegung vorrangiger Bereiche fiir strategische Projekte

Eine technische Beschreibung der vorrangigen Bereiche fiir potenzielle strategische
Projekte in bestimmten indikativen Technologiebereichen ist in Anhang II enthalten.
Zur Aktualisierung der in Anhang Il aufgefiihrten technischen Beschreibungen und
indikativen Technologiebereiche, um dem technologischen Wandel und den fiir den
Halbleitersektor relevanten Marktentwicklungen Rechnung zu tragen, wird der
Kommission die Befugnis tibertragen, gemél Artikel 55 delegierte Rechtsakte zur
Anderung des Anhangs II zu erlassen.

Die Kommission entscheidet unter Beriicksichtigung der Stellungnahme des
Europdischen Halbleitergremiums anhand der in Artikel 16 Absatz 1 festgelegten
Kriterien und der in Anhang II genannten indikativen Technologiebereiche iiber die
vorrangigen Bereiche fiir potenzielle strategische Projekte.

Artikel 18
Benennung strategischer Projekte

Die Durchfiihrung von Mallnahmen zur Unterstiitzung potenzieller strategischer
Projekte wird dem Gemeinsamen Unternehmen fiir Chips iibertragen und im Wege
von Mallnahmen durchgefiihrt, die in seinem Arbeitsprogramm festgelegt sind.

Die Kommission benennt unter Berilicksichtigung der Stellungnahme des
Europédischen Halbleitergremiums durch einen Beschluss die fiir eine Finanzierung
durch das Gemeinsame Unternehmen fiir Chips ausgewihlten Vorschlige als
strategische Projekte, die die in Artikel 16 Absatz 1 genannten Kriterien erfiillen und
die ihre Benennung beantragt haben.

Vorbehaltlich der Zustimmung der Antragsteller konnen auch Vorschldge, die nicht
fiir eine Finanzierung durch das Gemeinsame Unternehmen fiir Chips ausgewahlt
wurden, als strategische Projekte benannt werden, wenn sie die in der Aufforderung
zur Einreichung von Vorschldgen festgelegten Bewertungsanforderungen erfiillen
und die in Artikel 16 Absatz 1 festgelegten Kriterien erfiillen. Die Moglichkeit einer
solchen Benennung muss in den Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlagen
und den damit verbundenen Antragsverfahren klar angegeben sein, und die
Benennung sollte von dem Projekt beantragt werden.

In dem Beschluss der Kommission wird angegeben, ob ein strategisches Projekt als
neuartige Initiative im Sinne dieser Verordnung einzustufen ist, und die
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Geltungsdauer des Status einer neuartigen Initiative wird auf der Grundlage der
voraussichtlichen Lebensdauer des Projekts festgelegt.

Projekte, die als strategische Projekte benannt sind, genieBen die Rechte und
unterliegen den Verpflichtungen, die gemiB dieser Verordnung fiir europidische
Halbleitertechnologieinitiativen gelten, wenn sie die Anforderungen des Artikels 14
Absatz 6 erfiillen.

Das strategische Projekt kann die Kommission ersuchen, die Dauer des Status eines
strategischen Projekts zu {iberpriifen oder die Durchfiihrungspline des Betreibers im
Hinblick auf die Einhaltung der Anforderungen gemil Artikel 16 Absatz 1 zu
dndern, wenn der Betreiber eine solche Uberpriifung aufgrund unvorhergesehener
duBerer Umstidnde fiir hinreichend gerechtfertigt hélt. Auf der Grundlage einer
solchen Uberpriifung kann die Kommission die Dauer des gewihrten Status eines
strategischen Projekts #ndern oder die Anderung der Durchfiihrungspline
akzeptieren.

Unbeschadet einer etwaigen Aussetzung oder Kiindigung von
Finanzierungsvereinbarungen zwischen dem Betreiber, der das strategische Projekt
durchfiihrt, und dem Gemeinsamen Unternehmen fiir Chips kann die Kommission
unter Beriicksichtigung der Stellungnahme des Europdischen Halbleitergremiums die
Benennung dieses Projekts durch einen Beschluss widerrufen, wenn sie feststellt,
dass ein als strategisches Projekt benanntes Projekt die in Artikel 16 festgelegten
Kriterien nicht mehr erfiillt, oder wenn seine Benennung auf einem Antrag beruht,
der unrichtige Informationen enthélt, die die Einhaltung dieser Kriterien betreffen.

Bevor die Kommission einen Beschluss geméll Absatz 6 dieses Artikels erlésst, teilt
sie dem Betreiber, der das strategische Projekt durchfiihrt, die Griinde fiir den
vorgesehenen Widerruf mit und gibt ihm Gelegenheit, innerhalb einer angemessenen
Frist dazu Stellung zu nehmen. Die Kommission trigt dieser Stellungnahme
gebilhrend Rechnung. Ein Beschluss iiber den Widerruf des Status eines
strategischen Projekts wird ordnungsgemaf begriindet und kann angefochten werden.

Projekte, deren Benennung als strategisches Projekt widerrufen wurde, verlieren alle
Rechte und Pflichten im Zusammenhang mit dem Status eines strategischen Projekts
gemal dieser Verordnung. Diese Projekte unterliegen jedoch wihrend einer Dauer,
die der bei der Gewédhrung des Status urspriinglich vorgesehenen Dauer entspricht,
weiterhin der Verpflichtung nach Artikel 43 Absatz 1.

Artikel 19
Fortgeschrittene Halbleiterfertigung

Um die Souveridnitit der Union zu stirken und die Versorgungssicherheit bei
Halbleitern zu gewéhrleisten, behandelt die Kommission im Einklang mit Artikel 17
Absatz 1 ein strategisches Projekt fiir einen in der Union ansidssigen offenen
Fertigungsbetrieb fiir die fortgeschrittene Halbleiterfertigung mit hdchster Prioritat.

Der in Absatz1 genannte offene Fertigungsbetrieb flir die fortgeschrittene
Halbleiterfertigung bildet eine Anlage oder ein koordiniertes Netz von Anlagen mit
mehreren Standorten im Gebiet der Union, die bzw. das die Fertigung und das
Packaging fortgeschrittener Halbleitertechnik auf dem Stand der Technik der
industriellen Produktion beherrscht.

Der offene Fertigungsbetrieb fiir die fortgeschrittene Halbleiterfertigung
berticksichtigt die Anforderungen und Ziele potenzieller Abnehmer geméal3 Artikel 8.

83

DE



DE

Drucksache 415/26 - 86 -

(1)

)

(1)

2)

©)

4

Artikel 20
Koordinierung der Finanzierung

Die Kommission kann, gegebenenfalls in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten,
MaBnahmen durchfiihren, um zusidtzliche Privatinvestitionen fiir europdische
Halbleitertechnologieinitiativen und strategische Projekte zu gewinnen. Unbeschadet
der Artikel 107 und 108 AEUV und in Synergie mit Unionsprogrammen kann zu
solchen Titigkeiten auch die Bereitstellung und Koordinierung von Unterstiitzung
fiir europdische Halbleitertechnologieinitiativen und strategische Projekte gehoren,
die Schwierigkeiten beim Zugang zu Finanzmitteln haben.

Das Europdische Halbleitergremium leistet auf Ersuchen einer europédischen
Halbleitertechnologieinitiative oder eines strategischen Projekts Beratung in Bezug
auf die Finanzierung der Initiative oder des Projekts, wobei es neben der bereits
gesicherten Finanzierung zumindest die folgenden Elemente berticksichtigt:

a)  zusdtzliche oOffentliche und private Finanzierungsquellen, einschlieBlich
Eigenkapital;

b)  Unterstiitzung mit Mitteln der Europidischen Investitionsbank oder anderer
Finanzinstitute;

c) bestehende Instrumente und Programme der Mitgliedstaaten, darunter auch
Exportkreditagenturen und nationale Férderbanken und -institute;

d)  einschldgige Forder- und Finanzierungsprogramme der Union.

ABSCHNITT 2
GENEHMIGUNGSVERFAHREN

Artikel 21
Beschleunigung von Genehmigungsverfahren

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Verwaltungsantrige in Bezug auf Planung,
Bau und Betrieb europdischer Halbleitertechnologieinitiativen und strategischer
Projekte effizient, transparent und zeitnah bearbeitet werden.

Das Genehmigungsverfahren fiir europdische Halbleitertechnologieinitiativen oder
strategische Projekte darf eine Dauer von zwdlf Monaten ab dem Zeitpunkt des
Vorliegens eines vollstindigen Antrags bei der zentralen Anlaufstelle nicht
iiberschreiten.

Die in Absatz 2 festgelegte Frist ldsst etwaige von den Mitgliedstaaten festgelegte
kiirzere Fristen unberiihrt.

Sofern ein solcher Status im nationalen Recht vorgesehen ist, erhalten europiische
Halbleitertechnologieinitiativen und strategische Projekte den Status der hdchsten
nationalen Bedeutung und werden in Genehmigungsverfahren entsprechend
behandelt. Dieser Absatz gilt nur, wenn ein solcher Status im nationalen Recht
vorgesehen ist, und verpflichtet die Mitgliedstaaten nicht, einen solchen Status
einzufiihren.
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Artikel 22
Zentrale Anlaufstelle fiir Genehmigungsverfahren

Die Mitgliedstaaten benennen eine zentrale Anlaufstelle, die fiir die Zentralisierung
und Koordinierung der Beantragung europdischer Halbleitertechnologieinitiativen
und strategischer Projekte gemall diesem Artikel zustidndig ist.

Die Mitgliedstaaten schaffen ein einheitliches Genehmigungsverfahren mit einer
einzigen Beantragung bei der gemél Artikel 22 Absatz 1 benannten zentralen
Anlaufstelle, die alle Genehmigungen bearbeitet, die fiir europdische
Halbleitertechnologieinitiativen und strategische Projekte erforderlich sind.

Die zentrale Anlaufstelle dient als einzige Kontaktstelle fiir die europiische
Halbleitertechnologieinitiative oder das strategische Projekt.

Spétestens 45 Tage nach Eingang des einheitlichen Genehmigungsantrags bestatigt
die benannte zentrale Anlaufstelle entweder, dass der Antrag vollstindig ist, oder sie
fordert die zur Bearbeitung des Antrags erforderlichen fehlenden Informationen an.

Wird der Antrag nach Ubermittlung der fehlenden Informationen weiterhin als
unvollstindig betrachtet, so kann die zentrale Anlaufstelle innerhalb von 30 Tagen
nach Ubermittlung der fehlenden Informationen die Informationen, die weiterhin
fehlen, ein zweites Mal anfordern. Die zentrale Anlaufstelle darf keine Informationen
in Bereichen anfordern, die nicht Gegenstand der ersten Anforderung zusitzlicher
Informationen sind, und sie darf zuséitzliche Informationen nur insoweit anfordern,
wie dies zur Ergdnzung der fehlenden Informationen erforderlich ist.

Sind fiir die Errichtung einer europdischen Halbleitertechnologieinitiative Beschliisse
in zwei oder mehr Mitgliedstaaten erforderlich, so unternehmen die betreffenden
zentralen Anlaufstellen alle erforderlichen Schritte fiir eine effiziente und wirksame
Zusammenarbeit und Koordinierung untereinander.

Artikel 23
Erleichterung des Verwaltungs- und Genehmigungsverfahrens

Européische Halbleitertechnologieinitiativen und strategische Projekte im Sinne
dieser Verordnung gelten fiir die Zwecke des Artikels 14 Absatz 1 [des Vorschlags
fiir eine Verordnung zur Beschleunigung von Umweltpriifungen] als strategische
Projekte, die zu Resilienz und Dekarbonisierung oder Ressourceneffizienz beitragen.
Es gelten die Nummern 1, 2 und 3 des Anhangs der genannten Verordnung.

Unbeschadet [des Vorschlags fiir eine Verordnung zur Beschleunigung von
Umweltpriifungen] sorgen die Mitgliedstaaten dafiir, dass alle Studien und alle
Genehmigungen oder Zulassungen, die im Zusammenhang mit Planung, Bau und
Betrieb europiischer Halbleitertechnologieinitiativen und mit strategischen Projekten
durchgefiihrt bzw. erteilt wurden, beriicksichtigt werden und dass keine doppelten
Studien, Genehmigungen oder Zulassungen erforderlich sind, sofern nicht nach
Unionsrecht oder nationalem Recht etwas anderes vorgeschrieben ist.

Artikel 24

Verwendung europdischer Unternehmensbrieftaschen durch das zentrale Zugangsportal

Die Mitgliedstaaten richten auf nationaler Ebene ein zentrales Zugangsportal fiir die
Einreichung des in  Artikel 22 ~ Absatz2  genannten  einheitlichen
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Genehmigungsantrags fiir europdische Halbleitertechnologieinitiativen und
strategische Projekte ein.

Das zentrale Zugangsportal weist die Genehmigungsantrige automatisch der
zustidndigen Behorde zu, informiert den Antragsteller iiber sdmtliche Schritte des
Genehmigungsverfahrens, den Stand des Verfahrens und die Entscheidungen der
zustidndigen Behorden und geben dem Antragsteller die Mdglichkeit, die Einhaltung
der geltenden Fristen zu iiberpriifen.

Das zentrale Zugangsportal verwendet die gemiB [dem Vorschlag fiir eine
Verordnung iiber die Einrichtung europdischer Unternehmensbrieftaschen]
eingerichteten europdischen Unternehmensbrieftaschen.

Durch die Verwendung européischer Unternehmensbrieftaschen ermoglicht das
zentrale Zugangsportal Folgendes:

a) Interoperabilitit und automatisierten Datenaustausch zwischen den
einschlidgigen Behorden;

b)  Weiterverwendung von Daten und Dokumenten, die sich bereits im Besitz
einschldgiger Behorden befinden;

c) ein hohes MaB3 an Cybersicherheit und Informationsintegritét;
d)  Transparenz und Rechenschaftspflicht im Genehmigungsverfahren.

Bei der Einrichtung zentraler Zugangsportale nutzen die Mitgliedstaaten
gegebenenfalls bestehende digitale Infrastrukturen, Kataloge und Bausteine der
Union, die durch das Unionsrecht festgelegt sind.

Die in Artikel 22 dieser Verordnung genannte benannte zentrale Anlaufstelle hat zur
Wahrnehmung ihrer Aufgaben Zugang zu allen im gemeinsamen Zugangsportal
verfiigbaren einschldgigen Daten und Informationen.

Artikel 25
Online-Zugdnglichkeit von Informationen

Die Mitgliedstaaten gewédhren online, zentral und in leichter Weise Zugang zu
folgenden Informationen iber Prozesse, die fiir europdische
Halbleitertechnologieinitiativen und strategische Projekte von Belang sind:

a) die in Artikel 24 genannten europdischen Unternehmensbrieftaschen,

b) das Genehmigungsverfahren, einschlieBlich Informationen {iber die Beilegung
von Streitigkeiten,

c¢)  Finanzierungs- und Investitionsdienstleistungen,
d) Finanzierungsmdglichkeiten auf Ebene der Union oder der Mitgliedstaaten,

e) Dienstleistungen zur Unterstiitzung von Unternehmen, darunter u. a.
Korperschaftsteuererklarungen, lokale Steuervorschriften oder Arbeitsrecht.

Die Kommission verweist auf ihrer Website in zentralisierter und leicht zuginglicher
Weise auf die von den Mitgliedstaaten bereitgestellten Informationen, um einen
umfassenden und klaren Uberblick iiber alle einschligigen Informationen je
Mitgliedstaat zu gewéhrleisten.
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ABSCHNITT 3
EUROPAISCHE HALBLEITEREXZELLENZREGIONEN

Artikel 26
Giitesiegel fiir europdische Halbleiterexzellenzregionen

Die  Kommission kann  beschlieBen, das  Giitesiegel , Europdische
Halbleiterexzellenzregion® im Wege eines Durchfiihrungsrechtsakts zu verleihen.
Das Siegel kann auf Antrag einer regionalen Behorde mit ausdriicklicher
Zustimmung des betreffenden Mitgliedstaats verliechen werden.

Der Antrag muss einen Investitionsplan der Halbleiterregion enthalten, aus dem eine
gemeinsame strategische Zielsetzung aller einschlidgigen Behorden hervorgeht.

Unbeschadet der fiir Programme und Instrumente der Union geltenden Vorschriften
kann das Giitesiegel fiir europédische Halbleiterexzellenzregionen bei der Bewertung
und Auswahl von Vorhaben, die im Rahmen von Finanzierungsprogrammen der
Union vorgeschlagen werden, beriicksichtigt werden.

Artikel 27
Investitionsplan der europdischen Halbleiterregion

Der Investitionsplan der europdischen Halbleiterregion geméll Artikel 26 Absatz 2
enthdlt eine Beschreibung der Region, einschlieBlich des geografischen
Anwendungsbereichs, und zumindest die folgenden Elemente:

a)  strategische Zielsetzung und Anwendungsbereich:

i)  Bewertung des bestehenden industriellen und Halbleiterokosystems in
der Region, einschlieBlich bestehender Halbleiterfertigungsanlagen,
relevante Endanwendersektoren, ihre Position in den
Halbleiterwertschopfungsketten unter besonderer Beriicksichtigung ihrer
Alleinstellungsmerkmale und ihres potenziellen Beitrags zur Resilienz
und zum Wachstum in der européischen Halbleiterwertschopfungskette,

il) eine strategische Zielsetzung fiir die Entwicklung der Region im
Halbleiterbereich in den ndchsten zehn Jahren, gegebenenfalls
einschlieBlich der Umgestaltung bestehender Industrietdtigkeiten oder
ihrer Verkniipfung mit Tatigkeiten im Halbleiterbereich;

b)  Verfiligbarkeit und Weiterentwicklung der grundlegenden Voraussetzungen und
Infrastrukturen in der betreffenden Region:

i)  eine Beschreibung der Maflnahmen zur Gewihrleistung des Zugangs zu
ausreichender, zuverldssiger und sauberer Energie, einschlieBlich
Netzkapazititen und Dekarbonisierungspfaden, im Einklang mit dem im
Europiischen Klimagesetz festgelegten Ziel der Klimaneutralitit,

ii)  eine Beschreibung der Verfiigbarkeit geeigneter Flichen und Anlagen fiir
Tatigkeiten im Zusammenhang mit der Halbleiterwertschopfungskette,
einschlieBlich  Flichenwidmung, Flachennutzungsplanung ~ und
Industriestandorten,
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eine  Beschreibung der  Verkehrs-, = Kommunikations-  und
Wasserinfrastrukturen, die fiir die Tatigkeiten im Zusammenhang mit der
Halbleiterwertschopfungskette in der Region von Belang sind,

eine  Beschreibung der MaBnahmen zur Vereinfachung und
Beschleunigung der Genehmigungs-, Lizenzierungs- und
Verwaltungsverfahren, einschlielich der Anbindung an die in Artikel 22
genannte zentrale Anlaufstelle;

Unterstlitzung von Innovations- und Forschungstétigkeiten in der betreffenden
Region:

)

eine Beschreibung der Forschungs- und Innovationstétigkeiten und ihrer
weiteren Unterstiitzung im Hinblick auf die
Halbleiterwertschopfungskette in der Region, einschlieflich Synergien
mit Forschungs- und Innovationsprogrammen der Mitgliedstaaten und
der Union,

eine Beschreibung der Zusammenarbeit mit Hochschulen, Forschungs-
und  Technologieorganisationen,  gegebenenfalls  einschlieBlich
Verbindungen zu den Titigkeiten von Pilotanlagen gemilB3 Artikel 5
Buchstabe b und zu Kompetenzzentren gemif Artikel 6;

Unterstiitzung von Bildung, Kompetenzen und Arbeitskriften sowie deren
Weiterentwicklung in der betreffenden Region:

i)

ii)

iii)

eine  Beschreibung der MalBnahmen zur Gewihrleistung der
Verfligbarkeit qualifizierter Arbeitskréfte fiir die Halbleiterbranche auf
allen Ebenen, unter Ausnutzung von Synergien mit den Vorteilen des
Kompetenzpakts’!,

eine  Beschreibung der Partnerschaften zwischen Industrie,
Bildungsanbietern und Behdrden im Halbleiterbereich,

eine Beschreibung der MafBlnahmen zur Anwerbung, Bindung und
Weiterbildung von Talenten in der Halbleiterbranche, gegebenenfalls
auch internationaler Talente;

Steigerung der Attraktivitit fiir Industrie und Investitionen sowie deren
Weiterentwicklung in der betreffenden Region:

i)

ii)

eine Beschreibung der MaBBnahmen, mit denen private Investitionen, die
fiir die Halbleiterwertschopfungskette wichtig sind, angezogen und
gehalten werden sollen,

eine Beschreibung der Mallnahmen zur Integration kleiner und mittlerer
Unternehmen und kleiner Midcap-Unternehmen in das regionale
Okosystem.

Artikel 28

Bewertung der Antrdige auf das Giitesiegel fiir europdische Halbleiterexzellenzregionen

Die Kommission bewertet Antrdge auf das Giitesiegel fiir europdische
Halbleiterexzellenzregionen anhand der Kohdrenz und Glaubwiirdigkeit des

71

Mitteilung der Kommission an das Européische Parlament, den Rat, den Europdischen Wirtschafts- und
Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen — Europidische Kompetenzagenda fiir nachhaltige
Wettbewerbsfahigkeit, soziale Gerechtigkeit und Resilienz, COM(2020) 274 final.
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Investitionsplans der Halbleiterregion und des Umfangs der Mitwirkung der
zustindigen Behdrden.

Die Kommission bearbeitet die Antrdge, erldsst ihren in Artikel 26 Absatz 1
genannten Beschluss und teilt dies der Region, dem betreffenden Mitgliedstaat und
dem Europiischen Halbleitergremium innerhalb von drei Monaten nach Eingang
eines vollstdndigen Antrags mit.

Ist die Kommission der Auffassung, dass die im Antrag enthaltenen Informationen
unvollstindig sind, so teilt sie dies der betreffenden regionalen Behdrde und dem
betreffenden Mitgliedstaat unverziiglich mit und gibt ihnen Gelegenheit, die zur
Vervollstindigung des Antrags erforderlichen zusidtzlichen Informationen
nachzureichen.

In dem in Artikel 26 Absatz 1 genannten Beschluss der Kommission wird die
Geltungsdauer des Giitesiegels fiir europdische Halbleiterexzellenzregionen auf der
Grundlage der Bewertung des vorgelegten Investitionsplans der Halbleiterregion
festgelegt.

Die regionale Behorde und der betreffende Mitgliedstaat iiberwachen die Fortschritte
bei der Umsetzung des Investitionsplans der Halbleiterregion und unterrichten die
Kommission und das Europidische Halbleitergremium mindestens einmal jdhrlich
dartiber.

Eine Zusammenfassung des Investitionsplans der Halbleiterregion, die keine
wirtschaftlich sensiblen Informationen enthéilt und die Investitionen anziehen soll,
wird auf beiden folgenden Wegen 6ffentlich zugénglich gemacht:

a)  auf einer Website der Kommission,

b) auf einer Website des betreffenden Mitgliedstaats, der betreffenden Region
und/oder der betreffenden zustindigen Behorden.

Artikel 29
Netz der europdischen Halbleiterexzellenzregionen

Es wird ein Netz der europdischen Halbleiterexzellenzregionen (im Folgenden
,Netz*) eingerichtet.

Das Netz organisiert seine Arbeit selbststindig. Es kann seine eigenen
Arbeitsmethoden festlegen, einschlieBlich der Organisation von Sitzungen, der
Ernennung eines turnusmifig unter den teilnehmenden Regionen wechselnden
Vorsitzes und der Annahme informeller Vereinbarungen zur Erleichterung der
Zusammenarbeit und des Informationsaustauschs.

Das Netz bringt Regionen zusammen, denen gemill Artikel 26 das Gitesiegel fiir
europdische Halbleiterexzellenzregionen verliechen wurde.

Das Netz verfolgt folgende Ziele:

a)  Erleichterung der Zusammenarbeit und des Austauschs bewéhrter Verfahren
zwischen europdischen Halbleiterexzellenzregionen;

b) Forderung des Netzes und seiner Titigkeiten in Mitglieds- und anderen
Regionen durch Offentlichkeitsarbeit sowie Kommunikations- und
VerbreitungsmafBnahmen, um die Sichtbarkeit und Beteiligung zu erhéhen;
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c) Forderung von Synergien und Komplementarititen zwischen regionalen
Halbleiterokosystemen in der gesamten Union, auch in verschiedenen
Segmenten der Halbleiterwertschopfungskette;

d) Steigerung der Sichtbarkeit und  Attraktivitit der europdischen
Halbleiterexzellenzregionen fiir private Investitionen und internationale
Partnerschaften.

Die Kommission kann die Arbeit des Netzes erleichtern und Sitzungen, Workshops
oder andere Tatigkeiten organisieren, um den Informationsaustausch und die
Zusammenarbeit zwischen den teilnehmenden Regionen zu unterstiitzen.

ABSCHNITT 4
RESILIENZ IN DEN LIEFERKETTEN

Artikel 30
Vergabe offentlicher Auftrdge

Bei Vergabeverfahren, die in den Anwendungsbereich der Richtlinien 2014/23/EU,
2014/24/EU oder 2014/25/EU fallen und die am oder nach dem [OP: bitte Datum
einfiigen = ein Jahr nach dem Inkrafttreten] eingeleitet werden und Infrastrukturen,
Ausriistungen oder Systeme in Sektoren mit hoher Kritikalitdt gemd Anhang I der
Richtlinie (EU) 2022/2555 oder in anderen kritischen Sektoren gemédll Anhang II der
genannten Richtlinie betreffen, konnen 6ffentliche Auftraggeber und Vergabestellen
von den Wirtschaftsteilnehmern verlangen, dass sie zusammen mit ihren
Angebotsunterlagen eine Erkldarung zur Versorgungssicherheit im Hinblick auf den
Bezug der in die Infrastrukturen, Ausriistungen und Systeme eingebauten Halbleiter
einreichen.

Die in Absatz 1 genannte Erklarung enthilt Folgendes:

a)  einen Uberblick iiber die Unternehmen, die an der Lieferung der in das Produkt
eingebauten Halbleiter beteiligt sind, einschlieBlich des Anteils inldndischer
Unternehmen;

b)  den Mehrwert fiir die Union, der durch den Beitrag des Angebots zur Starkung
der europdischen Halbleiterlieferkette nachgewiesen wird, z. B. durch die
Einbeziechung neuartiger Initiativen und strategischer Projekte als Anbieter
bzw. Lieferanten,;

c) die Resilienz- und Diversifizierungsstrategie des Bieters fiir die
Halbleiterlieferkette, z. B. seine Strategie fiir die Doppelquellenbeschaffung
mit zumindest einem inléndischen Unternehmen, soweit dies moglich und
angemessen ist;

d)  Empfehlungen oder Verpflichtungen geméf Artikel 31, soweit zutreffend,

e) die gemdB  Artikel 32  durchgefiihrte = Risikobewertung  fiir  die
Versorgungssicherheit, soweit zutreffend.

Wird von Wirtschaftsteilnehmern eine Erkldarung zur Versorgungssicherheit verlangt,
so konnen offentliche Auftraggeber und Vergabestellen in den Auftragsunterlagen
Anforderungen an die Versorgungssicherheit beziiglich der Beschaffung von
Halbleitern festlegen, die in die Infrastrukturen, Ausriistungen oder Systeme, die
Gegenstand des offentlichen Auftrags sind, eingebaut sind. Dazu konnen 6ffentliche
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Auftraggeber und Vergabestellen technische Spezifikationen, Auswahlkriterien,
Zuschlagskriterien oder Klauseln fiir die Auftragsausfithrung darin aufnehmen.

Die Anforderungen nach Absatz 3
a)  sind an den Auftragsgegenstand gekniipft,

b) rdumen dem Offentlichen Auftraggeber oder der Vergabestelle keine
uneingeschrinkte Wahlfreiheit ein;

c) sind in den Auftragsunterlagen oder in der Auftragsbekanntmachung
ausdriicklich angegeben;

d) sind Nebenbedingungen und nicht entscheidend fiir die Auftragsvergabe;
e) stehen im Einklang mit den internationalen Verpflichtungen der Union.

Offentliche Auftraggeber und Vergabestellen {ibermitteln ihrer zustéindigen
nationalen Behorde gemidf3 Artikel 48 dieser Verordnung die Liste der inlédndischen
Unternehmen, die in den von den Wirtschaftsteilnehmern abgegebenen Erkldrungen
zur Versorgungssicherheit aufgefiihrt sind.

Die gemil3 Artikel 48 dieser Verordnung zustidndige nationale Behdrde erstellt eine
iiberpriifte Liste aller inldndischen Unternehmen, die in Verfahren zur Vergabe
offentlicher Auftrage in dem Mitgliedstaat festgestellt wurden. Die Listen kénnen
unter Einhaltung der erforderlichen Vertraulichkeitsanforderungen gemil3 Artikel 50
teilweise oder vollstdndig zwischen den Mitgliedstaaten ausgetauscht werden.

Artikel 31
Weitere Mafinahmen in Bezug auf die Vergabe offentlicher Auftrdge

Stellt die Kommission im Rahmen der gemdll Artikel 35 durchgefiihrten
Uberwachung ein potenzielles Lieferkettenrisiko fest, so kann sie nach Konsultation
des Europdischen Halbleitergremiums fiir die in Artikel 30 Absatz 1 genannten
Vergabeverfahren Empfehlungen an 6ffentliche Auftraggeber und Vergabestellen im
Hinblick auf die Versorgung mit Halbleitern durch inldndische Unternehmen richten.

Stellt die Kommission fest, dass die in Absatz 1 genannten Lieferkettenrisiken
fortbestehen, so kann sie nach Konsultation des Europdischen Halbleitergremiums
und unter Beriicksichtigung der Grundsidtze der Notwendigkeit und der
VerhiltnisméaBigkeit einen Durchfiihrungsbeschluss erlassen, in dem bestimmt wird,
fiir welche der in Artikel 30 genannten Infrastrukturen, Ausriistungen oder Systeme
die offentlichen Auftraggeber oder Auftraggeber von Wirtschaftsteilnehmern eine
Erklarung zur Versorgungssicherheit verlangen miissen.

Offentliche  Auftraggeber und Vergabestellen konnen beschlieBen, die
Anforderungen des in Absatz2 des vorliegenden Artikels genannten
Durchfiihrungsbeschlusses nicht anzuwenden, wenn eine der folgenden Bedingungen
erfullt ist:

a) die benodtigten Produkte oder Dienstleistungen konnen nur von bestimmten
Wirtschaftsteilnehmern geliefert werden, es gibt keine verniinftige Alternative
oder Ersatzlosung und der fehlende Wettbewerb ist nicht das Ergebnis einer
kiinstlichen Einschrankung der Parameter des Auftragsvergabeverfahrens;

b) es wurden keine geeigneten Angebote oder keine geeigneten Teilnahmeantrige
eingereicht, auch nicht bei einem dhnlichen fritheren
Auftragsvergabeverfahren, das von demselben offentlichen Auftraggeber oder
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derselben Vergabestelle in den zwei Jahren vor Beginn des geplanten neuen
Vergabeverfahrens eingeleitet wurde;

c) unter Berlicksichtigung der nach Artikel 31 Absatz 2 Buchstabe d erklarten
Elemente wiirde ihre Anwendung den Offentlichen Auftraggeber oder die
Vergabestelle dazu verpflichten, Waren, Dienstleistungen oder Bauleistungen
zu erwerben, die unverhdltnismiBig hohe Kosten verursachen oder zu
technischer Inkompatibilitit bei Betrieb und Wartung fiihren wiirden.

d) Fir die Zwecke des Buchstaben c konnen oOffentliche Auftraggeber und
Vergabestellen Kostenunterschiede, die auf der Grundlage von objektiven und
transparenten Daten auf iiber 25 % geschitzt werden, als unverhdltnismaBig
betrachten.

Artikel 32
Risikoanfillige Sektoren

Nach Konsultation des Européischen Halbleitergremiums und auf der Grundlage von
Nachweisen fiir Risiken in der Lieferkette kann die Kommission im Wege eines
Durchfiihrungsbeschlusses einen oder mehrere der in Anhang V oder Anhang VI
aufgefiihrten Sektoren oder deren Teilsektoren als risikoanfallig einstufen.

Die Kommission kann methodische Leitlinien fiir die Durchfiihrung von
Risikobewertungen fiir die Versorgungssicherheit herausgeben und mogliche
RisikominderungsmafBnahmen fiir die als risikoanfdllig eingestuften Sektoren
empfehlen. Diese Leitlinien betreffen Folgendes:

a)  Strategie fiir die Doppelquellenbeschaffung mit zumindest einem inldndischen
Unternehmen;

b)  Kartierung der vor- und nachgelagerten Lieferkette;
c)  Schwachstellenanalyse und Anfiélligkeit fiir Lieferstérungen.

Die in Absatz 2 genannten Risikobewertungen fiir die Versorgungssicherheit konnen
von Offentlichen Auftraggebern oder Vergabestellen im Zuge der in Artikel 30
Absatz 1 genannten Vergabeverfahren angefordert werden.

Kommt die Kommission nach Konsultation des Europdischen Halbleitergremiums zu
dem Schluss, dass die empfohlenen RisikominderungsmaBBnahmen nach Absatz 2,
die zur Gewihrleistung der Versorgungssicherheit bei Halbleitern oder Halbleiter
enthaltenden Produkten erforderlich sind, von dem als risikoanfillig eingestuften
Sektor nicht angemessen umgesetzt werden, so kann sie einen
Durchfiihrungsrechtsakt tiber spezifische Risikominderungsmafinahmen erlassen, die
Sektoren oder Teilsektoren fiir bestimmte Halbleiterprodukte ergreifen miissen,
insbesondere RisikominderungsmaBBnahmen in Bezug auf

a)  die Durchfiihrung einer Risikobewertung,
b) die Beschaffung von Halbleitern,

c) die Doppelquellenbeschaffung,

d)  den Aufbau von Lagerbestinden,

e) eine Diversifizierung der Lieferquellen fiir Halbleiter oder zugehorige
Komponenten.
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Nach Erlass eines Durchfiihrungsrechtsakts geméll Absatz 4 kann die Kommission
auf der Grundlage von Nachweisen fiir die ermittelten Lieferkettenrisiken, die
bewiltigt worden sind, und nach Konsultation des Europédischen Halbleitergremiums
die Benennung als risikoanfdllig widerrufen.

Die Kommission stiitzt ihre nach diesem Artikel durchgefiihrten Priifungen auf
Nachweise, darunter auf offentlich zugingliche Informationen, auf Informationen,
die im Rahmen von Auskunftsersuchen geméf3 Artikel 38 eingeholt werden, oder auf
ein wiederholtes Auftreten von Lieferkettenstorungen.

KAPITEL IV
Uberwachung und Krisenreaktion

ABSCHNITT 1
UBERWACHUNG

Artikel 33
Strategische Kartierung des Halbleitersektors der Union

Die Kommission fiihrt in Zusammenarbeit mit dem Europdischen Halbleitergremium
eine strategische Kartierung des Halbleitersektors der Union durch. Die strategische
Kartierung enthilt eine Analyse der Stirken und Schwichen der Union im globalen
Halbleitersektor und ermittelt Faktoren wie etwa

a)  Schliisselprodukte und kritische Infrastrukturen im Binnenmarkt, die von der
Versorgung mit Halbleitern abhéngig sind;

b)  wesentliche Anwenderbranchen in der Union und ihre derzeitigen und
erwarteten Erfordernisse und Abhingigkeiten, einschlieBlich einer Analyse der
moglichen Risiken fiir die Versorgungssicherheit, auch im Zusammenhang mit
unzureichenden Investitionen;

c)  Schliisselsegmente der Halbleiterlieferkette der Union, einschlieBlich Entwurf,
Software  fiir den  Entwurf, @ Werkstoffe,  Fertigungsausriistung,
Halbleiterfertigung und ausgelagerter Back-End-Fertigung;

d) die technologischen Merkmale, die Abhingigkeiten von Technologien und
Anbietern aus Drittlindern sowie Engpésse des Halbleitersektors der Union,
einschlieBlich des Zugangs zu Inputs;

e) aktueller und erwarteter Bedarf an Kompetenzen und effektivem Zugang zu
qualifizierten Arbeitskraften im Halbleitersektor;

f)  gegebenenfalls die potenziellen Auswirkungen der in den Artikeln 41, 42
und 43 genannten KrisenmaBBnahmen auf den Halbleitersektor.

Die Kommission unterrichtet das Europidische Halbleitergremium regelméBig iiber
die aggregierten Ergebnisse der strategischen Kartierung.

Die Kommission erstellt auf der Grundlage der Ergebnisse der gemifl Absatz 1
durchgefiihrten strategischen Kartierung und nach Konsultation des Europdischen
Halbleitergremiums eine Liste von Frithwarnindikatoren. Die Kommission iiberpriift
die Liste der Frilhwarnindikatoren nach Konsultation des Europidischen
Halbleitergremiums regelmaBig.
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Die = Kommission entwickelt nach  Konsultation des  Europdischen
Halbleitergremiums einen Rahmen und eine Methodik fiir eine strategische
Kartierung des Halbleitersektors. Erforderlichenfalls aktualisiert die Kommission
den Rahmen und die Methodik.

Die strategische Kartierung stiitzt sich insbesondere auf 6ffentlich und gewerblich
verfligbare Daten und einschldgige nicht vertrauliche Informationen von
Unternehmen, auf das Ergebnis dhnlicher Analysen sowie auf die gemall Artikel 57
Absatz 1 durchgefiihrten Bewertungen. In Féllen, in denen dies nicht ausreicht, um
die strategische Kartierung geméll Absatz 1 durchzufiihren, kann die Kommission
nach  Konsultation = des  Europdischen = Halbleitergremiums  freiwillige
Auskunftsersuchen an Akteure entlang der Halbleiterwertschopfungskette in der
Union richten. Die Kommission verwendet fiir die Zwecke solcher
Auskunftsersuchen die in Artikel 50 genannten standardisierten und sicheren Mittel
fiir die Erhebung und Verarbeitung von Informationen.

Alle gemill dem vorliegenden Artikel erlangten Informationen werden im Einklang
mit den in Artikel 50 festgelegten Vertraulichkeitspflichten behandelt.

Die Kommission nimmt nach Konsultation des Europdischen Halbleitergremiums
Leitlinien fiir die Bereitstellung von Informationen gemi3 Absatz5 an.
Erforderlichenfalls aktualisiert die Kommission diese Leitlinien.

Artikel 34
Unternehmensplattform fiir die Halbleiterlieferkette

Die Kommission sorgt fiir die Einrichtung der Unternehmensplattform fiir die
Halbleiterlieferkette (im Folgenden ,Plattform®), die als digitaler Zwilling der
Halbleiterlieferkette dient, um deren Transparenz und Resilienz zu erhohen. Die
Plattform soll zumindest

a)  Marktinformationen und aggregierte Daten erheben und als Beobachtungsstelle
fir den Halbleitermarkt dienen;

b)  Daten von beteiligten Unternehmen in einem interoperablen Format erfassen;

c) den beteiligten Unternehmen aggregierte Erkenntnisse iiber Risiken in der
Halbleiterlieferkette und Schwachstellen entlang der
Halbleiterwertschopfungskette bereitstellen, ohne dass solche Erkenntnisse
einzelnen Unternehmen zuzuordnen sind;

d) Unternehmen, die entlang der Halbleiterlieferkette titig sind, und
Halbleiteranwender einbeziehen, insbesondere in den in Anhang VI genannten
Sektoren;

e) inder Lage sein, Stresstests der Halbleiterlieferkette durchzufiihren;

f)  Friihwarnungen und Leitlinien fiir proaktive Maflnahmen fiir die beteiligten
Unternehmen herausgeben, um das Risiko in ihrer Halbleiterlieferkette zu
verringern;

g) Indikatoren zur Bewertung der Resilienz der europdischen Halbleiterlieferkette
entwickeln und als Dashboard-Ubersicht darstellen;

h) eine sichere Verarbeitungsumgebung bieten.

Die Beteiligung an der Plattform steht nur inldndischen Unternehmen offen.
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Der gesetzliche Vertreter der Plattform unterrichtet die Kommission unverziiglich
iiber gegenwirtige oder zu erwartende Storungen der Halbleiterlieferkette.

) Artikel 35
Uberwachung und Antizipation

Die Kommission fiihrt in Abstimmung mit dem Europdischen Halbleitergremium
eine regelmiBige Uberwachung der Halbleiterwertschopfungskette durch, um
Faktoren zu ermitteln, die die Versorgung mit Halbleitern oder den Handel mit
Halbleitern storen, beeintrdchtigen oder nachteilig beeinflussen konnen. Fiir die
Zwecke dieser Verordnung umfasst die Uberwachung folgende Titigkeiten:

a)  Uberwachung der gemif Artikel 33 ermittelten Frithwarnindikatoren,

b)  Uberwachung der Integritit der von den gemiB Artikel 36 ermittelten
wichtigen Marktakteuren durchgefiihrten Tatigkeiten durch die Mitgliedstaaten
und Berichterstattung der Mitgliedstaaten iliber erhebliche Ereignisse, die den
regelméBigen Ablauf dieser Tétigkeiten behindern konnten,

c)  Ermittlung bewidhrter Verfahren fiir die praventive Risikominderung und mehr
Transparenz im Halbleitersektor.

Die Kommission legt nach Konsultation des Europdischen Halbleitergremiums die
Haufigkeit der Uberwachung auf der Grundlage des Bedarfs des Halbleitersektors
fest.

Die Kommission koordiniert die Tétigkeiten im Zusammenhang mit der
Uberwachung des Halbleitersektors auf der Grundlage von Informationen, die gemif
Artikel 33 oder Artikel 34 Absatz3 oder aus anderen Quellen wie etwa von
internationalen Partner erhoben wurden.

Die Kommission ersucht wichtige Marktakteure, eine reprisentative Gruppe von
Halbleiteranwendern aus den kritischen Sektoren, représentative Organisationen der
Halbleiterwertschopfungskette und andere einschligige Interessentrdger, auf
freiwilliger Basis Informationen fiir die Zwecke der Durchfiihrung von
Uberwachungstitigkeiten gemilB Absatz 1 Buchstabe a bereitzustellen.

Die Kommission achtet besonders auf KMU und Midcap-Unternehmen, um den mit
der Informationserhebung verbundenen Verwaltungsaufwand so gering wie moglich
zu halten.

Fir die Zwecke des Absatzes1 Unterabsatz1 Buchstabeb konnen die
Mitgliedstaaten wichtige Marktakteure auf freiwilliger Basis um Informationen
ersuchen, sofern dies erforderlich und verhdltnismaBig ist.

Fiir die Zwecke des Absatzes 3 erstellen und fithren die gemal3 Artikel 48 benannten
zustidndigen nationalen Behorden, eine Kontaktliste aller in ihrem Hoheitsgebiet
niedergelassenen einschldgigen Unternehmen, die entlang der Halbleiterlieferkette
tatig sind. Diese Liste wird der Kommission iibermittelt. Die Kommission legt ein
standardisiertes Format fiir die Kontaktliste fest, um die Interoperabilitit zu
gewihrleisten.

Alle nach dem vorliegenden Artikel erlangten Informationen werden gemaéal
Artikel 50 behandelt.

Auf der Grundlage der im Rahmen der Tatigkeiten geméll Absatz 1 erhobenen
Informationen legt die Kommission dem Europdischen Halbleitergremium einen
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Bericht iiber die aggregierten FErgebnisse in Form regelmiBiger aktueller
Informationen vor. Das Europdische Halbleitergremium tritt zusammen, um die
Ergebnisse der Uberwachung zu bewerten. Die Kommission 14dt reprisentative
Organisationen des Halbleitersektors zu diesen Sitzungen ein. Gegebenenfalls kann
die Kommission wichtige Marktakteure, Halbleiteranwender aus den kritischen
Sektoren, Behorden oder reprisentative Organisationen von Partnerdrittlaindern
sowie Experten aus Wissenschaft und Zivilgesellschaft zu diesen Sitzungen einladen.

Artikel 36
Wichtige Marktakteure

Die Mitgliedstaaten ermitteln in Zusammenarbeit mit der Kommission gemif3 Artikel 35 in
ithrem Hoheitsgebiet niedergelassene wichtige Marktakteure entlang der Halbleiterlieferkette
und berticksichtigen dabei Folgendes:

(1)

)

a) die Zahl der Unionsunternehmen, die von der von einem Marktakteur
bereitgestellten Dienstleistung oder Ware abhingen;

b) den Marktanteil eines Marktakteurs auf dem Unions- oder Weltmarkt fiir
solche Dienstleistungen oder Waren,;

c) die Bedeutung eines Marktakteurs fiir die Aufrechterhaltung einer
ausreichenden Versorgung mit einer Dienstleistung oder Ware in der Union
unter Beriicksichtigung der Verfiigbarkeit alternativer Mittel fiir die
Bereitstellung der Dienstleistung oder Ware;

d) die Auswirkungen einer Stérung der Versorgung mit der vom Marktakteur
bereitgestellten Dienstleistung oder Ware auf die Halbleiterlieferkette der
Union und die davon abhingigen Mérkte.

ABSCHNITT 2
WARNUNGEN UND AKTIVIERUNG DER KRISENSTUFE

Artikel 37
Warnungen und Prdventivmafinahmen

Erlangt eine geméall Artikel 48 benannte zustdndige nationale Behdrde Kenntnis vom
Risiko einer schwerwiegenden Stoérung der Versorgung mit Halbleitern oder verfiigt
sie iiber konkrete und zuverldssige Informationen iiber das Eintreten eines anderen
einschldgigen Risikofaktors oder Ereignisses, so warnt sie unverziiglich die
Kommission.

Erlangt die Kommission Kenntnis vom Risiko einer schwerwiegenden Stérung der
Versorgung mit Halbleitern oder verfiigt sie iiber konkrete und zuverldssige
Informationen iiber das Eintreten eines anderen einschlidgigen Risikofaktors oder
Ereignisses, einschlieBlich auf der Grundlage von Frithwarnindikatoren, aufgrund
einer Warnung geméll Absatz 1 oder von internationalen Partnern, so fiihrt sie
unverziiglich die folgenden PraventivmafBnahmen durch:

a)  Einberufung einer aullerordentlichen  Sitzung des  Europdischen
Halbleitergremiums, um folgende MaBBnahmen zu koordinieren:

1) Erorterung der Schwere der Storung der Versorgung mit Halbleitern,
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i1)  Erorterung, ob die Einleitung des in Artikel 39 genannten Verfahrens
erforderlich und verhéltnismafBig sein konnte,

ii1)  Erdrterung, ob es angemessen, erforderlich und verhéltnismaBig ist, dass
die Mitgliedstaaten als Pridventivmalnahme gemeinsam Halbleiter,
Zwischenprodukte oder Rohstoffe beschaffen (im Folgenden
»gemeinsame Beschaffung®),

iv)  Aufnahme eines Dialogs mit Interessentragern der
Halbleiterwertschopfungskette, um Priventivmafnahmen zu ermitteln,
vorzubereiten und gegebenenfalls zu koordinieren,

v)  Beratung der Kommission in der Frage, ob ein Auskunftsersuchen an die
Plattform gemal3 Artikel 38 gerichtet werden soll;

b) im Namen der Union durchgefiihrte Konsultation einschldgiger Drittlinder
oder Zusammenarbeit mit diesen im Namen der Union, um unter Einhaltung
internationaler Verpflichtungen kooperative Ldosungen zur Bewdéltigung von
Storungen der Lieferkette zu finden; dazu kann gegebenenfalls die
Durchfiihrung der Koordinierung in einschldgigen internationalen Foren
gehoren,;

c)  Ersuchen an die gemdf3 Artikel 48 benannten zustindigen nationalen Behorden,
den Stand der Vorsorge der wichtigen Marktakteure zu bewerten.

Jede gemeinsame Beschaffung, die im Anschluss an die in Absatz 2 Buchstabe a
Ziffer iii genannte Erdrterung durchgefithrt wird, wird von den Mitgliedstaaten
gemill den in den Artikeln 38 und 39 der Richtlinie 2014/24/EU und in den
Artikeln 56  und 57 der Richtlinie 2014/25/EU  festgelegten =~ Vorschriften
durchgefiihrt.

Artikel 38
Prdventive Informationsbeschaffung

Um das Risiko einer schwerwiegenden Storung der Versorgung mit Halbleitern zu
bewerten, kann die Kommission nach Konsultation des Européischen
Halbleitergremiums auf der in Artikel 37 Absatz2 Buchstabea genannten
auBlerordentlichen Sitzung Auskunftsersuchen an die Plattform oder an einzelne in
der Halbleiterwertschopfungskette titige Unternehmen richten, die Dienstleistungen
in der Union erbringen oder Produkte auf dem Unionsmarkt anbieten, wenn sie nicht
an der Plattform beteiligt sind.

Bevor die Kommission ein Auskunftsersuchen stellt, kann sie eine freiwillige
Konsultation einer reprasentativen Zahl einschldagiger Unternehmen durchfiihren, um
den angemessenen und verhéltnismiBigen Inhalt eines solchen Ersuchens zu
ermitteln.

Ein Auskunftsersuchen an ein einzelnes Unternehmen enthélt die Rechtsgrundlage
und den Zweck des Ersuchens, wird auf das erforderliche Mindestmal} beschriankt
und muss in Bezug auf die Menge der Daten und die Hiufigkeit des Zugangs zu den
angeforderten Daten verhiltnismiBig sein. Darin wird die Frist fiir die Ubermittlung
der Informationen gesetzt, und es wird auf die mdglichen Sanktionen gemél
Artikel 51 fir die Bereitstellung unrichtiger, unvollstindiger oder irrefiihrender
Informationen hingewiesen. Daten werden anonymisiert und gegebenenfalls
aggregiert. Ergeht ein Auskunftsersuchen nach Absatz 5 an ein Unionsunternehmen,
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so unterrichtet die Kommission den Mitgliedstaat, in dem das betreffende
Unternehmen niedergelassen ist, iiber dieses Ersuchen.

Ein Auskunftsersuchen an den gesetzlichen Vertreter der Plattform enthilt dessen
Rechtsgrundlage und Zweck, wird auf das erforderliche Mindestmal3 beschrinkt,
muss in Bezug auf die Menge der Daten und die Haufigkeit des Zugangs zu den
angeforderten Daten verhdltnismaBig sein und beriicksichtigt die Ziele der Plattform.
Darin wird die Frist fiir die Ubermittlung der Informationen gesetzt und es wird auf
mogliche Sanktionen gemidf3 Artikel 51 hingewiesen.

Die Inhaber der Unternehmen oder ihre Vertreter und im Fall von juristischen
Personen oder Vereinigungen ohne Rechtspersonlichkeit die nach Gesetz oder
Satzung zur Vertretung berufenen Personen stellen die verlangten Informationen im
Namen des betreffenden =~ Unternehmens bzw. der  betreffenden
Unternehmensvereinigung bereit.

Die Kommission legt dem Europdischen Halbleitergremium aggregierte
Informationen aus den Antworten auf die Auskunftsersuchen vor.

Der gesetzliche Vertreter der Plattform beantwortet keine Auskunftsersuchen, die
nicht von der Kommission gestellt werden, es sei denn, er ist nach Unionsrecht oder
nationalem Recht dazu rechtlich verpflichtet.

Alle nach dem vorliegenden Artikel erlangten Informationen werden gemaéal
Artikel 50 behandelt.

Artikel 39
Aktivierung der Krisenstufe

Eine Halbleiterkrise gilt als eingetreten, wenn die beiden folgenden Bedingungen
erfiillt sind:

a) es bestehen schwerwiegende Stérungen in der Halbleiterlieferkette oder
schwerwiegende Hemmnisse fiir den Handel mit Halbleitern in der Union, die
zu erheblichen Versorgungsengpissen bei Halbleitern, Zwischenprodukten
oder Rohstoffen oder verarbeiteten Werkstoffen fiihren,

b) solche erheblichen Versorgungsengpédsse verhindern die Bereitstellung,
Reparatur oder Wartung wesentlicher Produkte, die von kritischen Sektoren
verwendet werden, in einem Ausmal}, in dem das Funktionieren der kritischen
Sektoren aufgrund ihrer Auswirkungen auf Gesellschaft, Wirtschaft und
Sicherheit der Union ernsthaft beeintrachtigt wiirde.

Erlangt die Kommission gemif3 Artikel 37 Absatz 2 Kenntnis von einer potenziellen
Halbleiterkrise, so bewertet sie, ob die Bedingungen des Absatzes 1 erfiillt sind. Bei
dieser Bewertung werden die potenziellen positiven und negativen Auswirkungen
und Folgen der Krisenstufe auf die Halbleiterindustrie und kritische Sektoren der
Union berticksichtigt. Ergibt diese Bewertung konkrete und zuverldssige Belege, so
kann die Kommission dem Rat nach Konsultation des Europdischen
Halbleitergremiums vorschlagen, die Krisenstufe zu aktivieren.

Der Rat kann die Krisenstufe mit qualifizierter Mehrheit im Wege -eines
Durchfiihrungsrechtsakts aktivieren. Die Geltungsdauer der Krisenstufe wird in dem
Durchfiihrungsrechtsakt festgelegt und betriagt hochstens zwolf Monate.
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Die Kommission berichtet dem FEuropdischen Halbleitergremium und dem
Européischen Parlament regelmaBig und jedenfalls mindestens alle drei Monate iiber
den Stand der Krise.

Vor Ablauf der Geltungsdauer, fiir die die Krisenstufe aktiviert wurde, bewertet die
Kommission, ob es angemessen ist, die Krisenstufe zu verldngern. Ergibt eine solche
Bewertung konkrete und zuverldssige Belege dafiir, dass die Bedingungen fiir die
Aktivierung der Krisenstufe noch erfiillt sind, so kann die Kommission dem Rat nach
Konsultation des Europdischen Halbleitergremiums vorschlagen, die Krisenstufe zu
verldangern.

Der Rat kann die Krisenstufe mit qualifizierter Mehrheit im Wege -eines
Durchfiihrungsrechtsakts verldngern. Die Geltungsdauer der Verldngerung ist
begrenzt und wird in dem Durchfiihrungsrechtsakt festgelegt.

Die Kommission kann vorschlagen, die Krisenstufe einmal oder 6fter zu verlédngern,
wenn dies hinreichend gerechtfertigt ist.

Wiéhrend der Krisenstufe bewertet die Kommission nach Konsultation des
Européischen Halbleitergremiums die Angemessenheit einer vorzeitigen Beendigung
der Krisenstufe. Wenn die Bewertung dies ergibt, kann die Kommission dem Rat
vorschlagen, die Krisenstufe zu beenden.

Der Rat kann die Krisenstufe im Wege eines Durchfiihrungsrechtsakts beenden.

Wihrend der Krisenstufe beruft die Kommission erforderlichenfalls auf Antrag eines
Mitgliedstaats oder von sich aus auBlerordentliche Sitzungen des Europdischen
Halbleitergremiums ein.

Die Mitgliedstaaten arbeiten eng mit der Kommission zusammen, unterrichten
zeitnah {ber alle nationalen MaBnahmen, die im Rahmen des Europiischen
Halbleitergremiums in Bezug auf die Halbleiterlieferkette ergriffen werden, und
koordinieren diese.

Mit Ablauf der Geltungsdauer, fiir die die Krisenstufe aktiviert wurde, oder im Fall
ihrer vorzeitigen Beendigung gemél Absatz 5 endet umgehend die Anwendung der
gemal den Artikeln 41, 42 und 43 ergriffenen Malnahmen.

Die Kommission aktualisiert die Kartierung und die Uberwachung der
Halbleiterwertschopfungsketten  gemdl den  Artikeln33  und 35  unter
Beriicksichtigung der Erfahrungen aus der Krise spitestens sechs Monate nach
Ablauf der Geltungsdauer der Krisenstufe.

ABSCHNITT 3
REAKTION AUF ENGPASSE

Artikel 40
Notfallinstrumentarium

Wird die Krisenstufe gemi3 Artikel 39 aktiviert und ist dies zur Bewiltigung der
Halbleiterkrise in der Union erforderlich, so kann die Kommission die in Artikel 41,
42 oder 43 vorgesechene Maflnahme unter den dort festgelegten Bedingungen
ergreifen.

Die Kommission beschrinkt die Anwendung der in den Artikeln 42 und 43
vorgesehenen Mallnahmen nach Konsultation des Europdischen Halbleitergremiums
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auf die kritischen Sektoren, deren Betrieb aufgrund der Halbleiterkrise von
Storungen betroffen oder bedroht ist. Die Anwendung der in Absatz 1 genannten
MaBnahmen muss verhdltnismédfig und auf das Mall beschrinkt sein, das zur
Bewiltigung schwerwiegender Stérungen mit Auswirkungen auf kritische Sektoren
in der Union erforderlich ist, und im besten Interesse der Union liegen. Bei der
Anwendung dieser Maflnahmen wird vermieden, insbesondere KMU und kleinen
Midcaps einen unverhiltnisméfBigen Verwaltungsaufwand aufzuerlegen.

Wird die Krisenstufe gemil Artikel 39 aktiviert und ist dies zur Bewdltigung der
Halbleiterkrise in der Union geeignet, so kann das Européische Halbleitergremium

a) geeignete und wirksame NotfallmaBBnahmen bewerten und diesbeziiglich
beraten;

b) die erwarteten Auswirkungen einer moglichen Einfilhrung von
Schutzmallnahmen auf den Halbleitersektor der Union bewerten, wobei es
berticksichtigt, ob die Marktlage einem erheblichen Mangel an lebenswichtigen
Giitern gemdfl der Verordnung (EU)2015/479 entspricht, und eine
Stellungnahme an die Kommission abgeben.

Die Kommission unterrichtet das Europdische Parlament und den Rat regelmaBig
iiber alle gemél Absatz 1 ergriffenen Maflnahmen und erldutert die Griinde fiir ihren
Beschluss.

Die Kommission kann nach Konsultation des Europidischen Halbleitergremiums
Leitlinien fir die Durchfiihrung und die Anwendung der NotfallmaBBnahmen
herausgeben.

Artikel 41
Informationsbeschaffung in der Krisenstufe

Wird die Krisenstufe geméll Artikel 39 aktiviert, so kann die Kommission alle
entlang der Halbleiterlieferkette titigen Unternehmen auffordern, Informationen iiber
ihr Produktionsvermodgen, ihre Produktionskapazititen und ihre derzeitigen
Hauptstorungen bereitzustellen. Die verlangten Informationen werden auf das
beschrinkt, was erforderlich ist, um die Art der Halbleiterkrise zu bewerten oder
mogliche Gegen- oder NotfallmaBnahmen auf Unions- oder nationaler Ebene zu
ermitteln und zu bewerten. Die Auskunftsersuchen diirfen nicht zur Bereitstellung
von Informationen fithren, deren Offenlegung den nationalen Sicherheitsinteressen
der Mitgliedstaaten zuwiderlaufen wiirde.

Bevor die Kommission ein Auskunftsersuchen stellt, kann sie eine freiwillige
Konsultation einer reprasentativen Zahl einschldagiger Unternehmen durchfiihren, um
den angemessenen und verhéltnismiBigen Inhalt eines solchen Ersuchens zu
ermitteln. Die Kommission erarbeitet das Auskunftsersuchen in Zusammenarbeit mit
dem Europidischen Halbleitergremium.

Die Kommission verwendet die sicheren Mittel und behandelt alle erlangten
Informationen gemél Artikel 50, um das Auskunftsersuchen zu stellen. Zu diesem
Zweck iibermitteln die gemal3 Artikel 48 benannten zustdndigen nationalen Behorden
der Kommission die gemil3 Artikel 35 Absatz 4 erstellte Kontaktliste.

Die Kommission leitet eine Kopie des Auskunftsersuchens unverziiglich an die
gemil Artikel 48 benannte zustdndige nationale Behorde des Mitgliedstaats weiter,
in dessen Hoheitsgebiet sich die Produktionsstétte des betreffenden Unternehmens
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befindet. Auf Verlangen der zustindigen nationalen Behorde iibermittelt die
Kommission die von dem betreffenden Unternehmen erlangten Informationen im
Einklang mit dem Unionsrecht.

Das Auskunftsersuchen enthélt dessen Rechtsgrundlage, wird auf das erforderliche
Mindestmal} beschriankt, muss im Hinblick auf die Granularitdt und den Umfang der
Daten sowie die Héaufigkeit des Zugangs zu den angeforderten Daten
verhéltnismifBig sein und beriicksichtigt die legitimen Ziele des Unternehmens sowie
die Kosten und den Aufwand, die fiir die Bereitstellung der Daten erforderlich sind;
es enthélt die Frist, innerhalb derer die Informationen bereitzustellen sind. Aullerdem
wird darin auf die in Artikel 51 vorgesehenen Sanktionen hingewiesen.

Die Inhaber der Unternehmen oder ihre Vertreter und im Fall von juristischen
Personen oder Vereinigungen ohne Rechtspersonlichkeit die nach Gesetz oder
Satzung zur Vertretung berufenen Personen stellen die verlangten Informationen im
Namen des betreffenden =~ Unternehmens bzw. der  betreffenden
Unternehmensvereinigung bereit.

Stellt ein Unternehmen auf ein Ersuchen nach dem vorliegenden Artikel unrichtige,
unvollstindige oder irrefiihrende Informationen bereit oder stellt es die
Informationen nicht innerhalb der gesetzten Frist bereit, so werden gemaf3 Artikel 51
festgesetzte Geldbuflen verhédngt, es sei denn, das Unternehmen hat die verlangten
Informationen aus hinreichend gerechtfertigten Griinden nicht bereitgestellt.

Erhélt ein Unionsunternehmen oder ein Tochterunternehmen, das im Eigentum und
unter der Kontrolle dieses Unternehmens steht, ein Auskunftsersuchen von einem
Drittland im Zusammenhang mit seinen Halbleitertdtigkeiten, so {ibermittelt es der
Kommission unverziiglich die von dem Drittland verlangten und die von ihm an das
Drittland {ibermittelten Informationen. Die Kommission unterrichtet das Europdische
Halbleitergremium iiber das Vorliegen eines solchen Ersuchens aus einem Drittland
und tiber die von dem Unternehmen {ibermittelten Informationen.

Artikel 42
Vorrangige Auftrige

Wird die Krisenstufe gemél Artikel 39 aktiviert, so kann die Kommission
europdische Halbleitertechnologieinitiativen und strategische Projekte dazu
verpflichten, einen Auftrag {iber krisenrelevante Produkte anzunehmen und
vorrangig zu behandeln (im Folgenden ,vorrangiger Auftrag®). Eine solche
Verpflichtung geht jeder anderen Erfiillungsverpflichtung nach privatem oder
offentlichem Recht vor.

Gegebenenfalls  kann  die  Verpflichtung  nach  Absatz 1 anderen
Halbleiterunternehmen auferlegt werden, die diese Moglichkeit im Rahmen des
Erhalts 6ffentlicher Unterstiitzung akzeptiert haben.

Unterliegt ein in der Union niedergelassenes Halbleiterunternehmen einer
MaBnahme zur Erflillung eines vorrangigen Auftrags gegeniiber einem Drittland, so
unterrichtet es die Kommission. Wirkt sich diese Verpflichtung erheblich auf den
Betrieb bestimmter kritischer Sektoren aus, so kann die Kommission das
Unternehmen, sofern erforderlich und verhéltnismaBig, dazu verpflichten, Auftrige
iiber krisenrelevante Produkte gemdl den Absdtzen 5, 6 und 7 anzunehmen und
vorrangig zu behandeln.

101

DE



DE

Drucksache 415/26 -104 -

(4)

)

(6)

(7

(8)

(1)

Vorrangige Auftrige sind Begiinstigten vorbehalten, bei denen es sich um
Halbleiteranwender aus kritischen Sektoren oder um Unternehmen, die kritische
Sektoren beliefern, handelt, deren Tatigkeiten gestort sind oder gestort zu werden
drohen und die nach Durchfiihrung geeigneter Risikominderungsmaf3nahmen nicht in
der Lage waren, die Auswirkungen des Engpasses durch andere Mittel zu vermeiden
und abzufedern. Die Kommission kann einen Begiinstigten auffordern,
entsprechende Nachweise vorzulegen.

Die Verpflichtungen nach den Absédtzen 1, 2 und 3 werden von der Kommission als
letztes Mittel durch einen Beschluss auferlegt. Die Kommission fasst diesen
Beschluss nach Konsultation des Europdischen Halbleitergremiums und unter
Beachtung aller in der Union fiir die Umstdnde des Falls geltenden rechtlichen
Verpflichtungen, einschlieflich der Grundsitze der Notwendigkeit und
VerhiltnismaBigkeit. Der Beschluss trigt insbesondere den legitimen Zielen des
betreffenden Unternehmens sowie den Kosten, dem Aufwand und den technischen
Anpassungen Rechnung, die fiir jede Anderung der Produktionsreihenfolge
erforderlich sind. In ihrem Beschluss nennt die Kommission die Rechtsgrundlage des
vorrangigen Auftrags, setzt die Frist fiir die Erfiillung des Auftrags, legt
gegebenenfalls das Produkt und die Menge fest und weist gegebenenfalls auf die in
Artikel 51 fiir die Missachtung dieser Verpflichtung vorgesehenen Sanktionen hin.
Der vorrangige Auftrag wird zu einem fairen und angemessenen Preis vergeben.

Vor der Erteilung vorrangiger Auftrige gemiall Absatz 1 gibt die Kommission dem
vorgesehenen Empfinger eines vorrangigen Auftrags Gelegenheit, sich zur
Durchfiihrbarkeit und zu den Einzelheiten des Auftrags zu dulern. Die Kommission
erteilt den vorrangigen Auftrag nicht, wenn

a) das Unternehmen wegen unzureichenden Produktionsvermogens oder wegen
unzureichender Produktionskapazitit oder aus technischen Griinden nicht in
der Lage ist, den vorrangigen Auftrag zu erfiillen, selbst wenn es diesen
Auftrag vorrangig behandelt;

b) die Annahme des Auftrags eine unzumutbare wirtschaftliche Belastung und
eine besondere Hirte fiir das Unternchmen darstellen wiirde, einschlieBlich
erheblicher Risiken im Zusammenhang mit der Betriebskontinuitit.

Ist ein Unternehmen verpflichtet, einen vorrangigen Auftrag anzunehmen und
vorrangig zu behandeln, so haftet es nicht fiir etwaige Verstoe gegen vertragliche
Pflichten, die erforderlich sind, um die vorrangigen Auftrige zu erfiillen. Die
Haftungsbefreiung gilt nur insoweit, als der Versto3 gegen vertragliche Pflichten fiir
die Einhaltung der vorgeschriebenen Rangfolge erforderlich war.

Die Kommission erldsst einen Durchfiihrungsrechtsakt zur Festlegung der
praktischen und operativen Modalititen fiir die Funktionsweise vorrangiger
Auftrage. Dieser Durchfiihrungsrechtsakt wird gemiB3 dem in Artikel 55 Absatz 6
genannten Priifverfahren erlassen.

Artikel 43
Gemeinsame Beschaffung

Wird die Krisenstufe gemil Artikel 39 aktiviert, so kann die Kommission auf Antrag
von zwei oder mehr Mitgliedstaaten als zentrale Beschaffungsstelle im Namen aller
zur Teilnahme bereiten Mitgliedstaaten (im  Folgenden ,teilnehmende
Mitgliedstaaten*) bei der Vergabe ihrer offentlichen Auftrage iiber krisenrelevante
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Produkte fiir kritische Sektoren titig werden (im Folgenden ,,gemeinsame
Beschaffung®). Die Teilnahme an der gemeinsamen Beschaffung ldsst andere
Vergabeverfahren unberiihrt. Der Antrag auf gemeinsame Beschaffung enthélt die
Griinde, auf die er sich stiitzt, und wird ausschlieBlich zur Behebung von Stérungen
der Halbleiterlieferkette, die zur Krise gefiihrt haben, genutzt.

Die Kommission bewertet unter Beriicksichtigung der Standpunkte des Européischen
Halbleitergremiums den Nutzen, die Notwendigkeit und die VerhdltnisméBigkeit des
Antrags. Beabsichtigt die Kommission, dem Antrag nicht nachzukommen, so
unterrichtet sie die betreffenden Mitgliedstaaten und das Europdische
Halbleitergremium und nennt die Griinde fiir ihre Ablehnung.

Die Kommission arbeitet einen Vorschlag fiir eine Vereinbarung aus, die von den
teilnehmenden Mitgliedstaaten zu unterzeichnen ist. Diese Vereinbarung regelt die in
Absatz 1 genannte gemeinsame Beschaffung im Einzelnen; sie enthélt die Griinde fiir
die Verwendung des Mechanismus der gemeinsamen Beschaffung und der
einzugehenden Verbindlichkeiten und legt das Mandat der Kommission fest, im
Namen der teilnehmenden Mitgliedstaaten zu handeln.

Die Beschaffung im Rahmen der vorliegenden Verordnung wird von der
Kommission im Einklang mit den fiir ihre eigenen Beschaffungsverfahren geltenden
Vorschriften der Verordnung (EU, Euratom)2024/2509 durchgefiihrt. Die
Kommission kann die Befugnis und Zustdndigkeit erhalten, im Namen aller
teilnehmenden Mitgliedstaaten Vertrige mit Wirtschaftsteilnehmern, auch einzelnen
Herstellern krisenrelevanter Produkte, iiber den Erwerb solcher Produkte oder iiber
die Finanzierung der Herstellung oder Entwicklung solcher Produkte im Gegenzug
fiir ein vorrangiges Zugriffsrecht auf das Ergebnis zu schlieflen.

Umfasst die Beschaffung krisenrelevanter Produkte eine Finanzierung aus dem
Unionshaushalt, so  konnen in  besonderen  Vereinbarungen = mit
Wirtschaftsteilnehmern besondere Bedingungen festgelegt werden.

Die Kommission fiihrt die Beschaffungsverfahren durch und schlieit die Vertrige
mit Wirtschaftsteilnehmern im Namen der teilnehmenden Mitgliedstaaten. Die
Kommission fordert die teilnehmenden Mitgliedstaaten auf, Vertreter zu benennen,
die an der Vorbereitung der Beschaffungsverfahren teilnehmen. Fiir die Einfiihrung,
die Verwendung oder den Weiterverkauf der erworbenen Produkte bleiben im
Einklang mit der in Absatz3 genannten Vereinbarung die teilnehmenden
Mitgliedstaaten zusténdig.

Die Durchfiihrung der gemeinsamen Beschaffung gemal3 diesem Artikel 14dsst andere
in der Verordnung (EU, Euratom) 2024/2509 vorgesehene Instrumente unberiihrt.
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KAPITEL V
Governance

ABSCHNITT 1
EUROPAISCHES HALBLEITERGREMIUM

Artikel 44
Aufgaben des Europdischen Halbleitergremiums

Das Europdische Halbleitergremium unterstiitzt die Kommission in Fragen der
Halbleiterpolitik der Union und insbesondere durch

a)

b)

c)

d)

2

h)

)

k)

die Beratung des Rates der oOffentlichen Korperschaften des Gemeinsamen
Unternehmens fiir Chips in Bezug auf die Initiative ,,Chips fiir Europa 2.0%;

die Beratung der Kommission in strategischen Technologiebereichen innerhalb
der Halbleiterwertschdpfungskette;

die Beratung der Kommission bei der Bewertung der Antriage auf Anerkennung
als europdische Halbleitertechnologieinitiativen und strategische Projekte;

die Aufnahme eines strukturierten Dialogs mit dem Lenkungsausschuss der
Industrieallianz fiir Halbleiter im Hinblick auf die Festlegung einer
gemeinsamen Halbleiterstrategie;

den Gedankenaustausch mit der Kommission iliber die Fortschritte bei der
Umsetzung der Investitionspldne der Halbleiterexzellenzregionen;

den Gedankenaustausch mit der Kommission iiber die besten Wege, um im
Einklang mit dem Unionsrecht und dem nationalen Recht einen wirksamen
Schutz und eine wirksame Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums,
vertraulichen Informationen und Geschéftsgeheimnissen unter gebiihrender
Einbeziechung von Interessentrigern in Bezug auf den Halbleitersektor
sicherzustellen;

die Erorterung und Vorbereitung der Ermittlung spezifischer Sektoren und
Technologien mit potenziell hoher sozialer oder dkologischer Wirkung oder
Bedeutung fiir die Sicherheit, fiir die daher eine Zertifizierung als griine,
vertrauenswiirdige und sichere Produkte notig ist;

die Befassung mit Fragen der strategischen Kartierung, Uberwachung,
Warnung sowie PraventivmaBnahmen und Krisenreaktion;

die Beratung zu den Instrumenten fiir die Krisenstufe gemif3 den Artikeln 40
bis 43;

die Beratung und Abgabe von Empfehlungen beziiglich der einheitlichen
Durchfiithrung dieser Verordnung, die Erleichterung der Zusammenarbeit
zwischen den Mitgliedstaaten und des Informationsaustauschs iiber Fragen im
Zusammenhang mit dieser Verordnung;

die Beratung der Kommission in Fragen der internationalen Zusammenarbeit
im Zusammenhang mit Halbleitern.
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Das Gremium berdt und unterrichtet die Kommission iiber die Priorititen der
Mitgliedstaaten im Halbleitersektor und stellt dazu insbesondere regelméBig aktuelle
Informationen iiber Folgendes bereit:

a) ihre nationale Halbleiterpolitik,

b) einschldgige offentliche und private Investitionen im Hoheitsgebiet des von
ihnen vertretenen Mitgliedstaats,

c) internationale Verpflichtungen, einschlieBlich Forschung und Entwicklung
sowie Innovations- und Kompetenzaustauschprogramme mit Drittlindern.

Das  Europdische  Halbleitergremium  gewéhrleistet  gegebenenfalls  die
Koordinierung, die Zusammenarbeit und den Informationsaustausch mit den
einschldgigen Krisenreaktions- und Krisenvorsorgestrukturen, die nach Unionsrecht
geschaffen wurden.

Artikel 45
Struktur des Europdischen Halbleitergremiums

Das Europdische Halbleitergremium setzt sich aus Vertretern aller Mitgliedstaaten
zusammen. Den Vorsitz im Europdischen Halbleitergremium fiihrt ein Vertreter der
Kommission.

Jeder Mitgliedstaat benennt einen hochrangigen Vertreter im Europdischen
Halbleitergremium. Soweit dies im Hinblick auf die Funktion und Sachkenntnis
zweckdienlich ist, kann ein Mitgliedstaat mehr als einen Vertreter in Bezug auf
verschiedene Aufgaben des Europdischen Halbleitergremiums haben. Jedes Mitglied
des Europdischen Halbleitergremiums hat einen Stellvertreter. Nur Mitgliedstaaten
sind stimmberechtigt. Jeder Mitgliedstaat hat unabhéngig von der Zahl seiner
Vertreter nur eine Stimme.

Der Vorsitz kann stdndige oder nichtstindige Untergruppen zur Priifung spezifischer
Fragen einsetzen.

Der Vorsitz  1ddt  gegebenenfalls  repridsentative  Organisationen  der
Halbleiterwertschopfungskette, den Lenkungsausschuss der Industrieallianz fiir
Halbleiter und dessen jeweilige Arbeitsgruppen, Gewerkschaften und
Halbleiteranwender auf Unionsebene ein, als Beobachter zu solchen Untergruppen
Beitridge zu liefern.

Artikel 46
Arbeitsweise des Europdischen Halbleitergremiums

Das Européische Halbleitergremium hélt mindestens einmal jéhrlich eine ordentliche
Sitzung ab. Es kann auf Antrag der Kommission oder eines Mitgliedstaats und zur
Erledigung seiner Aufgaben nach Artikel 37 und Artikel 39 auBlerordentliche
Sitzungen abhalten.

Das Europdische Halbleitergremium hélt gesonderte Sitzungen fiir seine in
Artikel 44 Absatz 1 genannten Aufgaben ab.

Der Vorsitz beruft die Sitzungen ein und bereitet die Tagesordnung im Einklang mit
den Aufgaben des Europdischen Halbleitergremiums gemal3 dieser Verordnung und
gemil seiner Geschiftsordnung vor.
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Die Kommission leistet gemdll Artikel 44 administrative und analytische
Unterstiitzung fiir die Tatigkeiten des Europédischen Halbleitergremiums.

Gegebenenfalls bezieht der Vorsitz représentative  Organisationen  des
Halbleitersektors ein, 1ddt Experten mit besonderer Sachkenntnis im betreffenden
Fachgebiet, auch von Organisationen der Interessentriger wie dem Netz der
europdischen Halbleiterexzellenzregionen, ein und benennt — auch auf Vorschlag von
Mitgliedern — Beobachter zur Teilnahme an den Sitzungen. Der Vorsitz kann den
Austausch  zwischen dem Europdischen Halbleitergremium und anderen
Einrichtungen, Amtern, Agenturen und Experten- und Beratungsgruppen der Union,
auch der Industrieallianz fiir Halbleiter, fordern. Der Vorsitz gewéhrleistet, dass der
Lenkungsausschuss der Industrieallianz fiir Halbleiter zumindest einmal jdhrlich
eingeladen wird, den aktuellen Stand darzulegen und wichtige Aspekte des
europdischen strategischen Ansatzes fiir die Halbleitertechnik zu erdrtern.

Der Vorsitz lddt einen Vertreter des Europdischen Parlaments als stindigen
Beobachter in das Europdische Halbleitergremium ein, insbesondere zu Sitzungen,
die Kapitel IV zur Uberwachung und Krisenreaktion betreffen. Der Vorsitz
gewihrleistet die Teilnahme anderer einschldgiger Organe und Einrichtungen der
Union als Beobachter im Europdischen Halbleitergremium im Hinblick auf
Sitzungen, die Kapitel IV zur Uberwachung und Krisenreaktion betreffen.

Beobachter und Experten haben kein Stimmrecht und nehmen nicht an der
Ausarbeitung von  Stellungnahmen, Empfehlungen oder Ratschligen des
Europédischen Halbleitergremiums und seiner Untergruppen teil. Gegebenenfalls
kann das Europdische Halbleitergremium diese Beobachter und Experten einladen,
Informationen und Erkenntnisse beizusteuern.

Das Européische Halbleitergremium trifft die erforderlichen Maflnahmen, um die
sichere Behandlung und Verarbeitung vertraulicher Informationen gemaf3 Artikel 50
zu gewéhrleisten.

Artikel 47
Internationale Zusammenarbeit und strategische Halbleiterpartnerschaften

Das Europdische Halbleitergremium berdt die Kommission in Fragen der
internationalen Zusammenarbeit im Zusammenhang mit Halbleitern. Dazu erortert
das Européische Halbleitergremium regelméBig Folgendes:

a) das AusmaB, in dem die internationale Zusammenarbeit der Union im
Halbleiterbereich und strategische Halbleiterpartnerschaften zu Folgendem

beitragen:

— Verbesserung der Unumgénglichkeit, der Resilienz und des Erfolgs der
Union,

—  Verbesserung der Zusammenarbeit entlang der

Halbleiterwertschopfungskette zwischen der Union und internationalen
Partnern, auch im Bereich Forschung und Innovation,

— Bewiltigung des Wissens- und Fachkriftemangels und des
Missverhéltnisses zwischen Qualifizierungsangebot und -nachfrage durch
Anwerbung, Mobilisierung und Bindung neuer Talente fiir die Union,;

b) die Abstimmung und potenzielle Synergien zwischen der bilateralen
Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten mit einschldgigen internationalen
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Partnern und den MaBnahmen im Rahmen ihrer internationalen
Zusammenarbeit im  Halbleiterbereich,  einschlieBlich  strategischer
Halbleiterpartnerschaften;

c) die Frage, welche internationalen Partner mit Blick auf den Abschluss
strategischer Halbleiterpartnerschaften Vorrang haben sollten, wobei folgende
Kriterien zu beriicksichtigen sind:

— der potenzielle Beitrag zu Versorgungssicherheit, Unumgénglichkeit,
Resilienz und Erfolg unter Beriicksichtigung der potenziellen
Kapazititen eines Partners im Zusammenhang mit Halbleitern, der
Diversifizierung und der Abhéngigkeiten,

— ob der Rechtsrahmen eines Partners die Uberwachung und Minimierung
von Umweltauswirkungen, die Anwendung sozial verantwortlicher
Verfahren, die Anwendung transparenter Geschiftspraktiken und die
Vermeidung nachteiliger Auswirkungen auf das ordnungsgeméle
Funktionieren der offentlichen Verwaltung und die Rechtsstaatlichkeit
gewdhrleistet,

— ob es bestehende Kooperationsabkommen zwischen einem Drittland oder
Gebiet und der Union gibt, und — im Falle von Schwellen- und
Entwicklungsldndern — das Potenzial fiir die Einfiihrung von Global-
Gateway'-Investitionsprojekten,

— ob der Rechtsrahmen des Partners oder der einschligige anwendbare
Rahmen die Anwendung von Ausfuhrkontrollen fiir Technologien
vorsieht, die den Zugang zu Giitern und Technologien, die fiir die
Konzeption, Entwicklung, Herstellung oder Verwendung von Giitern in
der EU erforderlich sind, oder die Ausfuhr von Giitern und
Technologien, die in der EU konzipiert, entwickelt oder hergestellt
wurden, beschrianken konnten.

Die Kommission ermdglicht und unterstiitzt die Zusammenarbeit des Europdischen
Halbleitergremiums mit anderen einschldgigen Koordinierungsforen, einschlieBlich
derjenigen, die im Rahmen des Global Gateway’® eingerichtet wurden.

Die Mitgliedstaaten gewéhrleisten die Kohédrenz zwischen ihrer bilateralen
Zusammenarbeit mit internationalen Partnern und der internationalen
Zusammenarbeit der Union im Halbleiterbereich, einschlieBlich nicht verbindlicher
strategischer Partnerschaften. Sie unterstiitzen die Kommission auch bei der
Durchfiihrung der Kooperationsmafinahmen im Rahmen der internationalen
Zusammenarbeit der Union im Halbleiterbereich, einschlieBlich strategischer
Halbleiterpartnerschaften.

72

73

Europdische Kommission: Generaldirektion fiir internationale Partnerschaften, The Global Gateway
strategy, Amt fiir Ver6ffentlichungen der Européischen Union, 2025,
https://data.europa.eu/doi/10.2841/5607451.
Europédische Kommission: Generaldirektion fiir internationale Partnerschaften, The Global Gateway
strategy, Amt fir Veroftentlichungen der Européischen Union, 2025,
https://data.europa.eu/doi/10.2841/5607451.
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ABSCHNITT 2
Z.USTANDIGE NATIONALE BEHORDEN

Artikel 48

Benennung zustdndiger nationaler Behorden und nationaler zentraler Anlaufstellen

Jeder Mitgliedstaat benennt eine oder mehrere zustindige nationale Behorden zur
Gewdéhrleistung der Anwendung und Durchfiihrung dieser Verordnung auf nationaler
Ebene.

Benennt ein Mitgliedstaat mehr als eine zustdndige nationale Behorde, so legt er die
jeweiligen Zustidndigkeiten der betreffenden Behorden eindeutig fest und stellt
sicher, dass sie wirksam und effizient zusammenarbeiten, um ihre Aufgaben im
Rahmen dieser Verordnung zu erfiillen, auch beziiglich der Benennung und der
Tatigkeiten der in Absatz 3 genannten nationalen zentralen Anlaufstelle.

Jeder Mitgliedstaat benennt eine nationale zentrale Anlaufstelle, die als
Verbindungsstelle zur Gewéhrleistung der grenziibergreifenden Zusammenarbeit mit
den zustdndigen nationalen Behorden anderer Mitgliedstaaten, mit der Kommission
und mit dem Europdischen Halbleitergremium fungiert. Benennt ein Mitgliedstaat
nur eine zustiandige nationale Behdrde, so ist diese zustindige nationale Behdrde
auch die zentrale Anlaufstelle.

Jeder Mitgliedstaat teilt der Kommission die Benennung der zustédndigen nationalen
Behorde oder von mehr als einer zustdndigen nationalen Behorde und die Benennung
der nationalen zentralen Anlaufstelle mit, einschlieBlich ihrer genauen Aufgaben und
Zustandigkeiten gemél dieser Verordnung, ihrer Kontaktangaben und etwaiger
spiterer Anderungen. Die nationale zentrale Anlaufstelle teilt der Kommission eine
Funktionsmailbox mit.

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zustindigen nationalen Behdrden,
einschlieBlich der benannten nationalen zentralen Anlaufstelle, ihre Befugnisse
unparteiisch, transparent und zeitnah ausiiben und dass ihnen die nétigen Befugnisse
verliechen und angemessene technische, finanzielle und personelle Ressourcen zur
Erfiillung ihrer Aufgaben gemil dieser Verordnung zur Verfiigung gestellt werden.

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zustindigen nationalen Behorden im
Einklang mit dem Unionsrecht und dem nationalen Recht, wenn dies zweckmafBig
ist, andere einschlégige nationale Behdrden sowie einschligige interessierte Parteien
konsultieren und mit ihnen zusammenarbeiten.

Die Kommission fordert den Erfahrungsaustausch zwischen den zustidndigen
nationalen Behorden.

ABSCHNITT 3
INDUSTRIEALLIANZ

Artikel 49
Industrieallianz fiir Halbleiter

Es wird eine Industrieallianz fiir Halbleiter (im Folgenden ,,Allianz*) eingerichtet.
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Die Allianz bringt einschldgige Interessentrager zusammen, um die Kommission und
die Mitgliedstaaten in Fragen zu unterstiitzen, die fiir die Halbleiterbranche der
Union von Belang sind, beispielsweise:

a)  aktuelle Markt- und Branchentrends,
b) die Halbleiterentwurfs- und -fertigungskapazititen der Union,
c) neu entstehende Halbleitertechnologien und ihre Auswirkungen,

d)  Feststellungen und Empfehlungen im Hinblick auf die Bewiltigung der
industriellen Starken und Schwéchen der Union,

e)  Strategien zur Beschleunigung der Industrialisierung von Innovationen,
f)  geopolitische Entwicklungen, die sich auf die Branche auswirken,

g)  Steigerung der globalen Wettbewerbsfahigkeit der Union,

h)  Beitrdge zur Funktionsweise der Nachfragebeschleuniger,

1)  Beitrdge zur Funktionsweise des Nachfrageforums.

Mitglieder der Allianz sind Vertreter der Halbleiterwertschopfungskette der Union,
darunter Unternehmen, Start-up-Unternehmen, Forschungs- und
Technologieorganisationen und Anwendersektoren, die die folgenden Kriterien
erfiillen:

a) Sie haben nachgewiesene Erfahrung, Kenntnisse und Fahigkeiten im
Halbleiterbereich;

b) sie tragen zur Halbleiterversorgungssicherheit der Union bei oder haben des
zugesagt;

c) sie sind auf dem europdischen Markt einschligig prasent oder haben zugesagt,
eine solche Priasenz in der Union aufzubauen.

Die Kommission ernennt die Mitglieder der Allianz anhand der in Absatz 4
festgelegten Kriterien.

Den Vorsitz in der Allianz fiihrt ein Vertreter der Kommission.

Die Allianz hélt mindestens einmal jahrlich eine Generalversammlung ab. Sie kann
auf Antrag des Vorsitzes der Allianz oder auf Antrag eines Mitglieds des
Lenkungsausschusses mit Zustimmung des Vorsitzes aullerordentliche Sitzungen
abhalten.

Der Vorsitz beruft die Sitzungen ein und bereitet die Tagesordnung im Einklang mit
seiner Geschéftsordnung und den Aufgaben der Allianz gemidf3 dieser Verordnung
VOr.

Die Kommission setzt innerhalb der Allianz einen Lenkungsausschuss ein. Der
Lenkungsausschuss flihrt mindestens einmal jdhrlich einen strategischen Dialog mit
dem Europdischen Halbleitergremium gemaf3 Artikel 44.

Der Vorsitz der Allianz oder der Lenkungsausschuss mit Zustimmung des Vorsitzes
kann stidndige oder nichtstindige Arbeitsgruppen zur Priifung spezifischer Fragen
einsetzen.
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KAPITEL VI
Vertraulichkeit und Sanktionen

Artikel 50
Behandlung vertraulicher Informationen

Die im Zuge der Durchfiithrung dieser Verordnung erlangten Informationen diirfen
nur fiir die Zwecke dieser Verordnung verwendet werden und sind durch die
einschlidgigen Rechtsvorschriften der Union und der Mitgliedstaaten geschiitzt.

Nicht vertrauliche Informationen, die gemél dieser Verordnung erlangt werden,
werden den nationalen statistischen Stellen und FEurostat fiir die Zwecke der
Erstellung von Statistiken gemal3 der Verordnung (EU) 2024/3018 des Européischen
Parlaments und des Rates tibermittelt.

Informationen, die gemidl den Artikeln 14, 33, 35, 38 und 41 sowie Artikel 46
erlangt werden, fallen unter das Berufsgeheimnis und genieflen den Schutz, der durch
die fiir die Organe der Union geltenden Vorschriften und das einschldgige nationale
Recht gewéhrt wird, einschlieBlich des Auslosens der bei VerstdoBen gegen diese
Vorschriften anwendbaren Bestimmungen.

Die Kommission und die nationalen Behorden, ihre Beamten, ihre Bediensteten und
sonstige Personen, die unter Aufsicht dieser Behdrden tétig sind, gewdhrleisten die
Vertraulichkeit der bei der Durchfiihrung ihrer Aufgaben erlangten Informationen,
sodass insbesondere Rechte des geistigen FEigentums und sensible
Geschiftsinformationen oder Geschéftsgeheimnisse geschiitzt werden. Diese
Verpflichtung gilt fiir alle Vertreter der Mitgliedstaaten, Beobachter, Experten und
sonstige Personen, die an Sitzungen des Europdischen Halbleitergremiums geméf
Artikel 44 teilnehmen, sowie die Mitglieder des Halbleiterausschusses geméal
Artikel 56 Absatz 1.

Die Kommission sieht standardisierte und sichere Mittel fiir die Erhebung,
Verarbeitung und Speicherung der gemiB dieser Verordnung erlangten
Informationen vor.

Sofern erforderlich, kénnen die Kommission und die Mitgliedstaaten mit den
zustindigen Behorden von Drittlindern, mit denen sie bilaterale oder multilaterale
Vertraulichkeitsvereinbarungen getroffen haben, um ein angemessenes Niveau an
Vertraulichkeit zu gewihrleisten, die gemiB3 den Artikeln 35, 38 und 39 erlangten
Informationen ausschlieBlich in aggregierter Form austauschen, sodass verhindert
wird, dass Riickschliisse auf die spezifische Situation eines Unternehmens in einem
Mitgliedstaat gezogen werden konnen. Bevor die Kommission oder die
Mitgliedstaaten einen Informationsaustausch aufnehmen, teilen sie dem
Europédischen Halbleitergremium die Informationen, die weitergegeben werden
sollen, und die entsprechende Vertraulichkeitsvereinbarung mit.

Beim Austausch von Informationen mit den zustidndigen Behorden von Drittlandern
benennt und nutzt die Kommission eine zentrale Anlaufstelle in der Union, um die
vertrauliche Ubermittlung dieser Informationen oder Daten gemiB den einschligigen
Verfahren der Kommission zu erleichtern.

Die Kommission kann Durchfithrungsrechtsakte erlassen, um die praktischen
Modalititen der Behandlung vertraulicher Informationen im Rahmen des
Informationsaustauschs gemall dieser Verordnung festzulegen, sofern dies auf der
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Grundlage der Erfahrungen bei der Einholung von Informationen erforderlich ist.
Diese Durchfiihrungsrechtsakte werden geméll dem in Artikel 56 Absatz 2 genannten
Priifverfahren erlassen.

Artikel 51
Sanktionen

Wird es als erforderlich und verhdltnisméBig erachtet, so kann die Kommission einen
Beschluss erlassen um

a)  GeldbuBen zu verhidngen, wenn ein Unternehmen vorsitzlich oder grob
fahrldssig auf ein Ersuchen geméil Artikel 38 oder Artikel 41 unrichtige,
unvollstindige oder irrefiihrende Informationen bereitstellt oder die
Informationen nicht innerhalb der vorgeschriebenen Frist bereitstellt;

b)  GeldbuBen zu verhdngen, wenn ein Unternehmen vorsétzlich oder grob
fahrldssig der Verpflichtung zur Unterrichtung der Kommission {iber eine
Drittlandsverpflichtung gemél Artikel 38 Absatz 8, Artikel 41 Absatz 7 und
Artikel 42 Absatz 3 nicht nachkommt;

c)  Zwangsgelder zu verhdngen, wenn ein Unternehmen vorsdtzlich oder grob
fahrldssig einer Verpflichtung zur vorrangigen Herstellung krisenrelevanter
Produkte gemil3 Artikel 42 nicht nachkommt.

Bevor die Kommission einen Beschluss gemdll Absatz 1 erldsst, gibt sie den
Unternehmen Gelegenheit, sich gemil Artikel 54 dazu zu &duflern. Bei der
Feststellung, ob Geldbulen oder Zwangsgelder als erforderlich und verhéltnismaBig
erachtet werden, beriicksichtigt sie alle von diesen Unternehmen vorgebrachten
hinreichend substantiierten Griinde.

Die in den in Absatz 1 Buchstabe a genannten Féllen verhidngten GeldbuBlen diirfen
300 000 EUR nicht iibersteigen.

Die in den in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fillen verhdngten GeldbuBlen diirfen
150 000 EUR nicht iibersteigen.

Handelt es sich bei dem betreffenden Unternehmen um ein KMU, so diirfen die
verhdngten GeldbuBlen 50 000 EUR nicht tibersteigen.

Die in dem in Absatz 1 Buchstabe ¢ genannten Fall verhéngten Zwangsgelder diirfen
1,5 % des derzeitigen Tagesumsatzes fiir jeden Arbeitstag, an dem die Missachtung
der gemil Artikel 43 auferlegten Verpflichtung anhilt, gerechnet ab dem im
Beschluss zur Erteilung des vorrangigen Auftrags festgelegten Tag, nicht
iibersteigen.

Handelt es sich bei dem betreffenden Unternehmen um ein KMU, so diirfen die
verhdngten Zwangsgelder 0,5 % des derzeitigen Tagesumsatzes nicht libersteigen.

Bei der Festsetzung der Hohe der GeldbuBle oder des Zwangsgelds beriicksichtigt die
Kommission die Art, Schwere und Dauer des VerstoBes, auch in Fillen der
Missachtung der Verpflichtung gemal3 Artikel 43, einen Auftrag anzunehmen und
vorrangig zu behandeln und ob das Unternehmen den vorrangigen Auftrag teilweise
erfiillt hat, wobei den Grundsédtzen der VerhéltnismiBigkeit und Angemessenheit
gebiihrend Rechnung getragen wird.

Hat das Unternehmen die Anforderung, zu deren Durchsetzung das Zwangsgeld
verhidngt wurde, erfiillt, so kann die Kommission die endgiiltige Hohe des
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Zwangsgelds auf einen Betrag festsetzen, der unter demjenigen Betrag liegt, welcher
sich aus dem urspriinglichen Beschluss ergeben wiirde.

Der Gerichtshof hat die unbeschrinkte Befugnis zur Uberpriifung von Beschliissen
der Kommission zur Verhdngung von GeldbuBlen oder Zwangsgeldern. Er kann die
verhdngten GeldbuBlen oder Zwangsgelder autheben, herabsetzen oder erhdhen.

Artikel 52
Verjihrungsfrist fiir die Verhdngung von Sanktionen

Die der Kommission mit Artikel 51 iibertragenen Befugnisse unterliegen folgenden
Verjdhrungsfristen:

a)  zwel Jahre bei Verstdfen gegen Bestimmungen liber Auskunftsersuchen geméif
Artikel 38 oder 41,

b) zwei Jahre bei VerstoBen gegen Bestimmungen iiber die Verpflichtung zur
Unterrichtung geméall Artikel 38 Absatz 8, Artikel 41 Absatz 7 und Artikel 42
Absatz 3,

c) drei Jahre bei Verstoen gegen Bestimmungen iiber die Verpflichtung zur
vorrangigen Herstellung krisenrelevanter Produkte gemaf Artikel 42.

Die Verjahrungsfrist gemdll Absatz 1 lduft ab dem Tag, an dem der Verstol3
begangen wurde. Bei anhaltenden oder wiederholten Verstofen lauft die
Verjdahrungsfrist ab dem Tag, an dem der letzte Verstoll begangen wurde.

Jedes Tétigwerden der Kommission oder der zustdndigen nationalen Behorden der
Mitgliedstaaten, das dazu dient, die Einhaltung dieser Verordnung sicherzustellen,
unterbricht die Verjahrungsfrist.

Die Unterbrechung der Verjdhrungsfrist gilt fiir alle Parteien, die sich fiir eine
Beteiligung an dem Verstofl verantworten miissen.

Nach jeder Unterbrechung beginnt die Frist von Neuem. Die Verjdhrung tritt jedoch
spétestens mit dem Tag ein, an dem die doppelte Verjdhrungsfrist verstrichen ist,
ohne dass die Kommission eine Geldbule oder ein Zwangsgeld verhingt hat. Diese
Frist verlangert sich um den Zeitraum, in dem die Verjédhrungsfrist gehemmt ist, weil
gegen den Beschluss der Kommission ein Verfahren vor dem Gerichtshof anhidngig
1st.

Artikel 53
Verjahrungsfrist fiir die Durchsetzung von Sanktionen

Die Befugnis der Kommission zur Durchsetzung von gemill Artikel 51 gefassten
Beschliissen unterliegt einer Verjdhrungsfrist von drei Jahren.

Die Frist 1auft ab dem Tag, an dem der Beschluss rechtskraftig wird.

Die Verjahrungsfrist flir die Durchsetzung von GeldbuBlen und Zwangsgeldern wird
unterbrochen durch

a) die Bekanntgabe eines Beschlusses, durch den der urspriingliche Betrag der
GeldbuBle oder des Zwangsgelds gedndert oder ein Antrag auf eine solche
Anderung abgelehnt wird,
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b) jede auf die Durchsetzung der Geldbulle oder des Zwangsgelds gerichtete
MaBnahme der Kommission oder eines Mitgliedstaats, der auf Ersuchen der
Kommission handelt.

Nach jeder Unterbrechung beginnt die Frist von Neuem.

Die Verjdhrungsfrist fiir die Durchsetzung von GeldbuBlen und Zwangsgeldern wird
gehemmt, solange

a)  eine Zahlungsfrist bewilligt ist,

b)  die Durchsetzung aufgrund einer Entscheidung des Gerichtshofs ausgesetzt ist.

Artikel 54
Anspruch auf rechtliches Gehor vor der Verhdngung von Sanktionen

Bevor die Kommission einen Beschluss nach Artikel 51 erldsst, gibt sie dem
betreffenden Unternehmen Gelegenheit, sich zu Folgendem zu &uf3ern:

a) der vorlaufigen Beurteilung der Kommission, einschlielich der
Beschwerdepunkte,

b) den MaBnahmen, die die Kommission in Anbetracht der vorldufigen
Beurteilung nach Buchstabe a gegebenenfalls zu treffen beabsichtigt.

Die betreffenden Unternehmen konnen sich innerhalb einer Frist, die von der
Kommission in ihrer vorldufigen Beurteilung nach Absatz 1 Buchstabe a gesetzt wird
und mindestens 14 Tage betrdgt, zur vorldufigen Beurteilung der Kommission
dulern.

Die Kommission stiitzt ihre Beschliisse nur auf Beschwerdepunkte, zu denen sich die
betreffenden Unternehmen &uBlern konnten.

Die Verteidigungsrechte des betreffenden Unternechmens werden wéhrend des
Verfahrens in vollem Umfang gewahrt. Das betreffende Unternehmen hat
vorbehaltlich des berechtigten Interesses von Unternehmen an der Wahrung ihrer
Geschiftsgeheimnisse das Recht auf Einsicht in die Akte der Kommission im
Rahmen einer einvernehmlichen Einsichtnahme. Vom Recht auf Akteneinsicht
ausgenommen sind vertrauliche Informationen sowie interne Unterlagen der
Kommission oder der Behorden der Mitgliedstaaten. Insbesondere die
Korrespondenz zwischen der Kommission und den Behorden der Mitgliedstaaten ist
vom Recht auf Einsicht ausgenommen. Dieser Absatz steht der Offenlegung und
Verwendung der fiir den Nachweis einer Zuwiderhandlung erforderlichen
Informationen durch die Kommission in keiner Weise entgegen.

KAPITEL VII
Befugnisiibertragung und Ausschussverfahren

Artikel 55
Ausiibung der Befugnisiibertragung

Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in
diesem Artikel festgelegten Bedingungen iibertragen.
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Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemédll den Artikeln 12 und 17 wird
der Kommission auf unbestimmte Zeit ab dem [OP: bitte Datum des Inkrafttretens
einfiigen] libertragen.

Die Befugnisiibertragung geméf Artikel 12 und Artikel 17 kann vom Européischen
Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss iiber den
Widerruf beendet die Ubertragung der in diesem Beschluss genannten Befugnis. Er
wird am Tag nach seiner Veroffentlichung im Amtsblatt der Europdischen Union
oder zu einem in dem Beschluss iiber den Widerruf angegebenen spéteren Zeitpunkt
wirksam. Die Giiltigkeit delegierter Rechtsakte, die bereits in Kraft sind, wird von
dem Beschluss tiber den Widerruf nicht beriihrt.

Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von den
einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverstindigen im Einklang mit den in der
Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 {iber bessere Rechtsetzung
enthaltenen Grundsétzen.

Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erldsst, iibermittelt sie ihn
gleichzeitig dem Européischen Parlament und dem Rat.

Ein delegierter Rechtsakt, der gemal3 Artikel 12 oder Artikel 17 erlassen wurde, tritt
nur in Kraft, wenn weder das Europédische Parlament noch der Rat innerhalb einer
Frist von zwei Monaten nach Ubermittlung dieses Rechtsakts an das Europiische
Parlament und den Rat Einwéinde erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist
das Europdische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass
sie keine Einwédnde erheben werden. Auf Initiative des Europidischen Parlaments
oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlédngert.

Artikel 56
Ausschussverfahren

Die Kommission wird von einem Ausschuss (im Folgenden ,,Halbleiterausschuss®)
unterstiitzt. Dieser Ausschuss ist ein Ausschuss im Sinne der Verordnung (EU)
Nr. 182/2011.

Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung (EU)
Nr. 182/2011.

Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 8 der Verordnung (EU)
Nr. 182/2011 in Verbindung mit deren Artikel 5.

KAPITEL VIII
Schlussbestimmungen

Artikel 57
Bewertung und Uberpriifung

Bis zum [OP: Datum einfiigen = vier Jahre nach dem Inkrafitreten] und danach alle
vier Jahre legt die Kommission dem Europdischen Parlament und dem Rat einen
Bericht iiber die Bewertung und Uberpriifung dieser Verordnung vor. Die Berichte
werden veroffentlicht.
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(2) Fiir die Zwecke der Bewertung und Uberpriifung dieser Verordnung stellen das
Européische Halbleitergremium, die Mitgliedstaaten und die zustdndigen nationalen
Behorden der Kommission auf deren Ersuchen Informationen zur Verfiigung.

3) Bei der Durchfiihrung der Bewertung und Uberpriifung dieser Verordnung
beriicksichtigt die Kommission die Standpunkte und Feststellungen des
Europédischen Halbleitergremiums, des Europdischen Parlaments, des Rates und
anderer einschligiger Einrichtungen oder Quellen.

Artikel 58
Aufhebung

(1) Die Verordnung (EU) 2023/1781 wird aufgehoben.

(2) Bezugnahmen auf die Verordnung (EU) 2023/1781 gelten als Bezugnahmen auf die
vorliegende Verordnung und sind nach Mallgabe der Entsprechungstabelle in
Anhang VII zu lesen.

) Artikel 59
Ubergangsbestimmungen

Die Verordnung (EU) 2023/1781 gilt weiterhin fiir integrierte Produktionsstétten und offene
EU-Fertigungsbetriebe geméall den Artikeln 13 und 14 der genannten Verordnung, denen ein
solcher Status geméf Artikel 15 Absatz 3 der genannten Verordnung zuerkannt wurde, fiir die
Geltungsdauer dieses Status oder den Zeitraum gemidll Artikel 15 Absatz 8 Satz2 der
Verordnung.

Artikel 60
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veroffentlichung im Amtsblatt der Europdischen
Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Geschehen zu Brissel am

Im Namen des Europdischen Parlaments — Im Namen des Rates
Die Prdsidentin Der Prisident/Die Prdsidentin
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1.2.

1.3.

1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

DE

RAHMEN DES VORSCHLAGS/DER INITIATIVE

Bezeichnung des Vorschlags/der Initiative

Verordnung des Europdischen Parlaments und des Rates iiber einen Rahmen fiir
MaBnahmen zur Stirkung des Halbleiterokosystems der Union und zur Authebung
der Verordnung (EU) 2023/1781 (Chip-Verordnung 2.0)

Politikbereich(e)

Ein neuer Plan fiir nachhaltigen Wohlstand und nachhaltige Wettbewerbsfahigkeit in
Europa

Ziel(e)
Allgemeine(s) Ziel(e)

Wie in der Begriindung dargelegt, werden mit der Chip-Verordnung 2.0 zwei
allgemeine Ziele verfolgt:

1. Steigerung der Wettbewerbsfahigkeit der europdischen
Halbleiterwertschdpfungskette zur Verbesserung ihrer technologischen Souverinitit
und Resilienz durch die Beschleunigung der industriellen Einfithrung von Forschung
und Innovation, die Gewihrleistung der Versorgungssicherheit und die Verringerung
strategischer Abhéngigkeiten bei hochmodernen und ausgereiften
Halbleitertechnologien.

2. Verbesserung der Krisenvorsorge zur Gewihrleistung der Versorgungssicherheit
der EU durch die Starkung der Resilienz der europdischen Halbleiterlieferkette und
den Schutz der wirtschaftlichen Sicherheit der EU.

Einzelziel(e)

Einzelziel Nr. 1

Steigerung der Kapazitit, Versorgungssicherheit und Wettbewerbsfahigkeit der
Halbleiterindustrie der EU entlang der gesamten Wertschopfungskette, einschlie8lich
modernster KI-Chips

Einzelziel Nr. 2

Entwicklung eines starken Anwendermarkts fiir alle wichtigen Industriezweige
Einzelziel Nr. 3

Ausbau der nachrichtendienstlichen Féhigkeiten fiir die Krisenvorsorge und
Krisenreaktion

Erwartete Ergebnisse und Auswirkungen

Bitte geben Sie an, wie sich der Vorschlag/die Initiative auf die Begiinstigten/Zielgruppen auswirken
sollte.

Die Halbleiterindustrie der Union sollte Unterstiitzung fiir einen umfangreichen
technischen Kapazititsaufbau im Bereich der hochmodernen Halbleitertechnologien
und Halbleitertechnologien der néchsten Generation erhalten, durch die die
Féhigkeiten der EU auf den Gebieten des fortgeschrittenen Entwurfs, der
Systemintegration und der Halbleiterproduktion gestirkt werden. Auch die Industrie

DE



DE

1.3.4.

1.4.

-121 - Drucksache 415/26

sollte von strategischen Projekten in den Bereichen Entwurf und Fertigung
profitieren. Halbleiterfertigungsstitten werden in den Genuss wirksamerer
Genehmigungsverfahren kommen.

Die Halbleiteranwender in der Union sollten in allen Sektoren von einer erhohten
Sicherheit der ungestorten Versorgung mit Halbleitern und von Bemiihungen zur
Forderung engerer Beziehungen zur Halbleiterindustrie profitieren. Dariiber hinaus
sollte zusidtzliche Halbleiterversorgungssicherheit fiir kritische Sektoren geschaffen
werden.

Endnutzer halbleiterabhéngiger Produkte sollen mehr Versorgungssicherheit bei
attraktiveren Marktpreisen erhalten.

Die Wettbewerbsfahigkeit des europdischen Halbleiterokosystems wird sich
verbessern.

Leistungsindikatoren

Bitte geben Sie an, anhand welcher Indikatoren die Fortschritte und Ergebnisse verfolgt werden
sollen.

Im Rahmen der Initiative ,,Chips fiir Europa 2.0 kommt Leistungsindikatoren grofte
Bedeutung zu. Anhang III enthélt erste Versionen messbarer Indikatoren fiir die
Uberwachung der Durchfiihrung und fiir die Berichterstattung iiber die Fortschritte
bei der Erreichung der allgemeinen Ziele der Initiative ,,Chips fiir Europa 2.0%:

1. Gesamte Zufliisse auslidndischer Direktinvestitionen (ADI) mit Halbleiterbezug in
die EU.

2. Qualifizierte Arbeitskrifte im Halbleiter- und Photonikbereich, einschlieBlich der
im Rahmen der Initiativen der nationalen Chip-Kompetenzzentren ausgebildeten
oder umgeschulten Arbeitskréfte.

3. Offentliche Unterstiitzung fiir Start-ups und Scale-ups.

4. Ausweitung der Finanzierung liber privates Beteiligungskapital und Risikokapital.

Der Vorschlag/Die Initiative betrifft
eine neue MaBBnahme

O eine neue MaBnahme im Anschluss an ein Pilotprojekt/eine vorbereitende
MaBnahme’™

die Verldngerung einer bestehenden Maflnahme

O die Zusammenfiihrung mehrerer Mafinahmen oder die Neuausrichtung mindestens
einer MaBBnahme

74

Im Sinne des Artikels 58 Absatz 2 Buchstabe a oder b der Haushaltsordnung.
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1.5.
1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

Begriindung des Vorschlags/der Initiative

Kurz- oder langfristig zu deckender Bedarf, einschlieflich einer detaillierten
Zeitleiste fiir die Durchfiihrung der Initiative

Die Verordnung soll sofort nach ihrer Annahme, also am Tag nach ihrer
Veroffentlichung im Amtsblatt der Europdischen Union uneingeschriankt anwendbar
werden.

Die Verordnung baut auf den derzeit geltenden Bestimmungen der Verordnung
(EU) 2023/1781 (Chip-Gesetz) auf.

Mehrwert aufgrund des Tdtigwerdens der EU (kann sich aus unterschiedlichen
Faktoren ergeben, z. B. Vorteile durch Koordinierung, Rechtssicherheit, grofere
Wirksamkeit oder Komplementaritdt). Fiir die Zwecke dieses Abschnitts bezeichnet
der Ausdruck ,, Mehrwert aufgrund des Tdtigwerdens der EU* den Wert, der sich aus
dem Tdtigwerden der EU ergibt und den Wert ergdnzt, der andernfalls allein von den
Mitgliedstaaten geschaffen worden wire.

Die Ziele der Starkung der Halbleiterentwurfs- und -fertigungskapazititen der EU
und der Verbesserung der Krisenvorsorge konnen auf Unionsebene wirksamer
erreicht werden, da das Ausmal und der systemische Charakter der
Herausforderungen die Kapazititen einzelner Mitgliedstaaten iibersteigen wiirden.
Betriachtliche GroBenvorteile ergeben sich durch die Koordinierung von
Investitionen in groBe Fertigungsanlagen, gemeinsame FuE-Infrastrukturen und
grenziiberschreitende Friilhwarn- und Uberwachungssysteme, was bedeutet, dass
durch MaBlnahmen auf EU-Ebene Ressourcen gebiindelt werden, Doppelarbeit
verringert wird und effizienter Ergebnissen erreicht werden konnen als durch ein
fragmentiertes Vorgehen auf nationaler Ebene. MaBBnahmen wie der Ausbau von
Produktionskapazititen, die Beschleunigung der Genehmigungsverfahren, die
Vergabe vorrangiger Auftrige und die gemeinsame Beschaffung zielen darauf ab,
eine abgestimmte Reaktion auf kiinftige Krisen zu gewahrleisten.

Ein gemeinsamer Rahmen bringt auch deshalb klare Vorteile mit sich, weil er
unterschiedliche  nationale  Anreize, Krisenreaktionsprotokolle und die
Berichterstattung durch gemeinsame Konzepte ersetzt, die Kohdrenz gewihrleisten,
den Verwaltungsaufwand verringern und Subventionswettldufe oder uneinheitliche
regulatorische Anforderungen vermeiden. Das Funktionieren des Binnenmarkts wird
verbessert, da koordinierte EU-MaBnahmen Verzerrungen minimieren, einen fairen
Wettbewerb beim Anwerben von Halbleiterprojekten gewéhrleisten, den
reibungslosen Verkehr kritischer Inputs und Chips erleichtern und die Resilienz
grenziiberschreitender Lieferketten stirken, die von einer nahtlosen Integration
zwischen den Mitgliedstaaten abhdngen.

Aus fritheren dhnlichen Mafsnahmen gewonnene Erkenntnisse

Aus der Bewertung des derzeitigen Chip-Gesetzes lassen sich mehrere Lehren
ziechen”. Erstens werden fiir die Umwandlung von Innovationen in
Industriekapazititen politische Mechanismen bendtigt, die ausdriicklich eine Briicke
zwischen den Infrastrukturen der Pilotanlagen zu Folgeinvestitionen in die Fertigung
schlagen. Mit dem Chip-Gesetz wurden zwar erfolgreich Forschungs- und
Validierungseinrichtungen von Weltrang geschaffen, die Erfahrung zeigt jedoch,
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dass technologische Fihigkeiten allein nicht automatisch zu einer marktgerechten
Fertigung fiihren. Kiinftigen Initiativen wiirde eine systematischere Einbettung von
Ubergangsmechanismen zugutekommen, die den Ubergang der Pilotanlage zur
industriellen Einfiihrung systematischer erleichtern.

Zweitens sollte die Nachfrageorientierung in den industriepolitischen Instrumenten
verankert werden. In der Bewertung wird hervorgehoben, dass angebotsseitige
Investitionen allein nicht unbedingt zu GroBenvorteilen oder Wettbewerbsvorteilen
fithren, wenn keine verldssliche Marktakzeptanz besteht. Instrumente zur Férderung
der Einfilhrung sollten daher mit Mallnahmen zur Steigerung der Nachfrage
einhergehen, wie z.B. einer koordinierten Auftragsvergabe oder mit
Verbrauchsanreizen.

Drittens muss der Zugang zu Finanzmitteln weiterhin im Mittelpunkt der
Industriepolitik stehen. Die Bewertung zeigt, dass der Rahmen fiir Neuartiges zwar
die Rechtssicherheit fiir groflere Investitionen verbessert hat, die Interessentriger
jedoch nach wie vor mit Verzogerungen infolge der Beihilfevorschriften,
langwierigen Anmeldungen und Unsicherheiten auf Projektebene konfrontiert sind.
Risikokapitalliicken in spdteren Phasen und Zwéinge im Zusammenhang mit
institutionellen Investitionen schrinken die Expansionsfinanzierung ebenfalls ein.
Diese Faktoren schwichen die Wettbewerbsfihigkeit Europas und bremsen das
Wachstum von Unternehmen, die an sich weltweit wettbewerbsfahig sind.

SchlieBlich hingt die Krisenvorsorge von der Verfiigbarkeit hochwertiger
Systeminformationen ab. Die Bewertung zeigt, dass eine wirksame Uberwachung
von einer stets aktuellen Informationserfassung in der  gesamten
Wertschopfungskette abhingt, die sich nicht nur auf die Fertigung, sondern auch auf
Materialien, Packaging, Entwurfswerkzeuge und nachgeschaltete Anwender
erstreckt. In kiinftigen Rahmen konnte daher einer verbesserten Datenerhebung,
gemeinsamen Dateninfrastrukturen und einer integrierten Berichterstattung Vorrang
eingerdumt werden, um eine zeitnahe Risikoerkennung und koordinierte Reaktionen
zu ermoglichen.

Vereinbarkeit mit dem Mehrjihrigen Finanzrahmen sowie moégliche Synergieeffekte
mit anderen geeigneten Instrumenten

Um ihre positiven Auswirkungen zu maximieren, wird die Initiative ,,Chips fiir
Europa 2.0 (Sdule I) weiterhin auf der soliden Wissensbasis aufbauen und
Synergien mit Malnahmen verstirken, die derzeit von der Union und den
Mitgliedstaaten durch Programme und MaBBnahmen im Bereich Halbleiterforschung
und -innovation und bei der Entwicklung eines Teils der Lieferkette unterstiitzt
werden. Dies sind insbesondere das Rahmenprogramm Horizont Europa und das
Programm Digitales Europa, mit denen das Ziel verfolgt wird, Europa als globalen
Akteur in der Halbleitertechnik und deren Anwendung zu stirken und bis 2030
weltweit einen wachsenden Anteil der Fertigung zu erreichen. Ergidnzend zu diesen
Tatigkeiten wird es eine engere Zusammenarbeit der Initiative ,,Chips fiir
Europa 2.0 mit der Industrieallianz fiir Halbleiter geben.

Bewertung der verschiedenen verfiigharen Finanzierungsoptionen, einschlieflich der
Moglichkeiten fiir eine Umschichtung

Unbeschadet des Ausgangs der Verhandlungen iiber den nichsten MFR handelt es
sich bei den ab 2028 vorgesehenen Mitteln lediglich um Richtwerte.
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1.6. Laufzeit der vorgeschlagenen Maflnahme/der Initiative und Dauer der
finanziellen Auswirkungen

befristete Laufzeit

- in Kraft ab dem Tag der Annahme der Verordnung des Europidischen
Parlaments und des Rates zur Schaffung eines Rahmens fiir MaBnahmen zur Starkung des
europdischen Halbleiter-Okosystems (Chip-Verordnung 2.0)

— Finanzielle Auswirkungen auf die Mittel fiir Verpflichtungen von 2028 bis
2034 und auf die Mittel fiir Zahlungen von 2028 bis 2038

O] unbefristete Laufzeit
- O Anlaufphase von JJJJ bis JJJJ
— [] anschlieBend reguldare Umsetzung
1.7. Vorgeschlagene Haushaltsvollzugsart(en)
Direkte Mittelverwaltung durch die Kommission
— iiber ihre Dienststellen, einschlieBlich ihres Personals in den EU-Delegationen
- [ iber die Exekutivagenturen
O Geteilte Mittelverwaltung mit Mitgliedstaaten

Indirekte Mittelverwaltung durch Ubertragung von Haushaltsvollzugsaufgaben
an:

— ] Drittlander oder die von ihnen benannten Einrichtungen

— [l internationale Einrichtungen und deren Agenturen (bitte angeben)

— [] die Europdische Investitionsbank und den Europdischen Investitionsfonds
— Einrichtungen im Sinne der Artikel 70 und 71 der Haushaltsordnung

— [0 o6ffentlich-rechtliche Korperschaften

— O privatrechtliche Einrichtungen, die im oOffentlichen Auftrag titig werden,
sofern ihnen ausreichende finanzielle Garantien bereitgestellt werden

— O privatrechtliche Einrichtungen eines Mitgliedstaats, die mit der Einrichtung
einer Offentlich-privaten Partnerschaft betraut werden und denen ausreichende finanzielle
Garantien bereitgestellt werden

— [0 Einrichtungen oder Personen, die mit der Durchfiihrung bestimmter
MaBnahmen im Bereich der Gemeinsamen AuBlen- und Sicherheitspolitik im Rahmen des
Titels V des Vertrags liber die Europédische Union betraut und die in dem maBgeblichen
Basisrechtsakt benannt sind

— [0 in einem Mitgliedstaat ansdssige Einrichtungen, die dem Privatrecht eines
Mitgliedstaats oder dem Unionsrecht unterliegen und im Einklang mit sektorspezifischen
Vorschriften fiir die Betrauung mit der Ausfiihrung von Unionsmitteln oder mit der Erteilung
von Haushaltsgarantien in Betracht kommen, insofern diese Einrichtungen von
privatrechtlichen, im 6ffentlichen Auftrag titig werdenden Einrichtungen kontrolliert und von
den Kontrollstellen mit angemessenen finanziellen Garantien mit gesamtschuldnerischer
Haftung oder gleichwertigen finanziellen Garantien ausgestattet werden, die bei jeder
MafBnahme auf den Hochstbetrag der Unionsunterstiitzung begrenzt sein konnen.
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Bemerkungen

Mit Ausnahme von a) Tatigkeiten und Haushaltsmitteln im Zusammenhang mit dem Chip-
Fonds und b) Titigkeiten und Haushaltsmitteln, die im Rahmen des Europdischen
Innovationsrats vorgesehen sind, wird die Initiative ,,Chips fiir Europa 2.0“ weiterhin im
Wege der indirekten Mittelverwaltung durchgefiihrt, indem das Gemeinsame Unternehmen
fiir Chips und gegebenenfalls das gemeinsame Unternehmen oder eine andere &hnliche
Einrichtung oder Initiative, die an dessen Stelle tritt und durch Unionsrecht im Rahmen eines
nachfolgenden mehrjihrigen Finanzrahmens eingerichtet wird, mit der
Aufgabendurchfiihrung betraut wird. Die Mitgliedstaaten und andere teilnehmende Staaten
werden indirekte MaBBnahmen kofinanzieren.

Andere Teile, wie die MaBlnahmen im Rahmen der Sdulen 2 und 3, unterliegen der direkten
Mittelverwaltung. Sie betreffen Aufgaben, mit denen die Kommission zwecks
Beaufsichtigung des GU fiir Chips betraut wird, sowie fiir die Priifung und Bewilligung von
Antrdgen fiir Halbleitertechnologieanlagen, die Unterstiitzung des Européischen
Halbleitergremiums, die  Unterstiitzung  der  Unternehmensplattform  fir  die
Halbleiterlieferkette und — gemeinsam mit den Mitgliedstaaten — die Uberwachung der
Halbleiterlieferketten sowie ggf. Entscheidungen iiber Maflnahmen.
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2.2.
2.2.1.

VERWALTUNGSMAGBNAHMEN

Uberwachung und Berichterstattung

Diese Ubersicht enthilt Ausgaben fiir Kommissionspersonal. Es gelten die
Standardvorschriften fiir diese Art von Ausgaben. Die Kommission wird die
Leistungen, Outputs und Auswirkungen dieses Vorschlags alle vier Jahre nach
seinem Inkrafttreten bewerten.

Zudem unterliegt das Gemeinsame Unternehmen fiir Chips als Einrichtung der
Union strengen Uberwachungsregeln. Die Uberwachung erfolgt durch:

— seine eigene interne Auditstelle und den Auditdienst der Kommission;

— die Beaufsichtigung durch den Verwaltungsrat. Der Exekutivdirektor
beaufsichtigt intern den Betrieb des Gemeinsamen Unternehmens;

— verschiedene quantitative und qualitative Leistungsindikatoren, die zur
Uberwachung der Umsetzung der Initiative und zur Messung seiner Wirkung
festgelegt werden;

— Zwischen- und Abschlussbewertungen der Initiative durch externe
Sachverstindige unter Aufsicht der Kommission;

— das Arbeitsprogramm und den jdhrlichen Tatigkeitsbericht des Gemeinsamen
Unternehmens.

Verwaltungs- und Kontrollsystem(e)

Begriindung der Haushaltsvollzugsart(en), des Durchfiihrungsmechanismus/der
Durchfiihrungsmechanismen fiir die Finanzierung, der Zahlungsmodalitditen und der
Kontrollstrategie, wie vorgeschlagen

Mit der Verordnung wird ein {iberarbeiteter Politikrahmen eingefiihrt, um
Investitionen in Verbesserungen in der fortgeschrittenen Halbleiterfertigung in der
Union anzuziehen und die Nachfrage anzuregen, und es werden {iberarbeitete
Vorschriften fiir ein koordiniertes Vorgehen bei der Uberwachung und
Krisenreaktion bei Halbleiterengpissen eingefiihrt. Wichtige Instrumente wie die
GroBBen Herausforderungen, strategische Projekte, das Nachfrageforum, die
Nachfragebeschleuniger und die Unternehmensplattform fiir die Halbleiterlieferkette
sind ebenso neue FElemente wie die Anerkennung  europdischer
Halbleiterexzellenzregionen.

Diese Vorschriften erfordern ein Kohirenzverfahren fiir die grenziiberschreitende
Anwendung der Verpflichtungen aus dieser Verordnung und die Koordinierung der
Tétigkeiten der nationalen Behorden und der Kommission mithilfe des Europdischen
Halbleitergremiums.

Damit die Kommission diese ihr iibertragenen Aufgaben erfiillen kann, miissen die
Dienststellen der Kommission angemessen mit Ressourcen ausgestattet werden.

Bei anderen Teilen ist die indirekte Mittelverwaltung gerechtfertigt, da das
Gemeinsame Unternehmen fiir Chips eine 6ffentlich-private Partnerschatft ist, bei der
ein Teil der Kofinanzierung durch Beitrdge der Teilnehmerstaaten und durch
Beitriage privater Mitglieder in Form von Sachleistungen erfolgt.
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Die Entscheidung iiber den EU-Beitrag zum Gemeinsamen Unternehmen fiir Chips
wird jedes Jahr auf der Grundlage des fiir das betreffende Jahr angenommenen EU-
Haushaltsplans getroffen.

In einer Finanzpartnerschaftsrahmenvereinbarung zwischen der Europdischen
Kommission und dem Gemeinsamen Unternehmen fiir Chips wird festgelegt, dass
die Kommission fiir die jdhrlich durchzufithrenden Aufgaben einen Beitrag leistet,
sobald sie eine Beitragsvereinbarung mit dem Gemeinsamen Unternehmen fiir Chips
geschlossen hat und dieses entsprechende Zahlungsantrige an die anderen Mitglieder
als die Union gerichtet hat.

Die Kommission wird sicherstellen, dass die fiir das Gemeinsame Unternehmen fiir
Chips geltenden Vorschriften den Anforderungen der Haushaltsordnung in vollem
Umfang entsprechen. Das Gemeinsame Unternehmen hédlt den Grundsatz der
Wirtschaftlichkeit der Haushaltsfiihrung nach Artikel 71 der Verordnung (EU,
Euratom) 2024/2509 ein. Das Gemeinsame Unternehmen fiir Chips hélt ferner die
fir das  Gemeinsame  Unternechmen  geltenden  Bestimmungen  der
Musterfinanzregelung ein. Jede Abweichung von dieser Musterfinanzregelung, die
fiir den besonderen Bedarf des Gemeinsamen Unternehmens erforderlich ist,
erfordert die vorherige Zustimmung der Kommission.

Durch Uberwachungsmodalititen, unter anderem durch die Vertretung der Union im
Verwaltungsrat und im Rat der Offentlichen Korperschaften des Gemeinsamen
Unternehmens fiir Chips sowie durch Berichterstattungsmodalititen wird
sichergestellt, dass die Kommissionsdienststellen den Anforderungen an die
Rechenschaftspflicht sowohl gegeniiber dem Kollegium als auch gegeniiber der
Haushaltsbehorde nachkommen kdnnen.

Der Rahmen fiir die interne Kontrolle des Gemeinsamen Unternehmens fiir Chips
stiitzt sich auf:

- die Anwendung der internen Kontrollstandards, die Garantien bieten, die denen
der Kommission zumindest gleichwertig sind;

— Verfahren fiir die Auswahl der besten Projekte durch eine unabhingige
Bewertung und fiir deren Umsetzung in Rechtsinstrumente;

— projektbegleitendes Projekt- und Vertragsmanagement;

— Ex-ante-Priifungen samtlicher Antrdge, einschlieBlich Beriicksichtigung der
Priifbescheinigungen und der  Ex-ante-Bescheinigungen iiber die
Kostenmethodik;

— Ex-post-Audits einer Stichprobe von Antragen im Rahmen der Ex-post-Audits
von Horizont Europa;

— die wissenschaftliche Bewertung der Projektergebnisse.

Angaben zu den ermittelten Risiken und dem/den zu deren FEinddmmung
eingerichteten System(en) der internen Kontrolle

Diesem Vorschlag ist ein Folgenabschidtzungsbericht beigefiigt, der die Analysen
enthdlt, die dem gewihlten politischen Ansatz zugrunde liegen. Die Vorbereitung der
Initiative umfasste auch eine 6ffentliche Konsultation sowie gezielte Konsultationen
von Interessentrdgern aus der Industrie, der Mitgliedstaaten und von
Handelsverbdnden, wodurch die Zusammenstellung einschldgiger Daten,
Informationen und Riickmeldungen sichergestellt wurde. Dennoch kénnen wihrend
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der Durchfiihrung unbeabsichtigte Folgen oder unvorhergesehene Auswirkungen
auftreten. Diese werden im Rahmen der in der Verordnung festgelegten
Uberwachungsverfahren ermittelt, sodass die Kommission angemessen und
rechtzeitig darauf reagieren kann.

Zusétzlich wurden verschiedene MafBlnahmen ergriffen, um das inhdrente Risiko von
Interessenkonflikten innerhalb des Gemeinsamen Unternehmens zu mindern,
insbesondere:

— gleiche Anzahl an Stimmen (ein Drittel) fiir die Kommission, die beteiligten
Staaten (gemeinsam) und private Mitglieder (gemeinsam) im Verwaltungsrat
fiir die standardméBige Beschlussfassung; gleiche Stimmen (die Hilfte) fiir die
Kommission und die beteiligten Staaten (gemeinsam) im Rat der 6ffentlichen
Korperschaften;

— hochrangige Beschliisse iiber Tétigkeiten/Haushaltsmittel im Rahmen der
Initiative  ,,Chips fiir ~Europa 2.0 (Kapazititsautbau in kiinftigen
Arbeitsprogrammen) werden ausschlielich mit den Mitgliedstaaten vom Rat
der 6ffentlichen Korperschaften gefasst;

— der Teil des Arbeitsprogramms, der sich mit MaBnahmen zum
Kapazititsaufbau befasst, wird vom Rat der offentlichen Korperschaften
ausschlieBlich mit den Mitgliedstaaten angenommen;

— Auswahl des Exekutivdirektors durch den Verwaltungsrat auf Vorschlag der
Kommission;

— Unabhéngigkeit des Personals;

— Bewertungen durch unabhingige Sachverstindige auf der Grundlage
veroffentlichter Bewertungskriterien in Kombination mit
Beschwerdemechanismen und vollstindigen Interessenerkldrungen;

— Verpflichtung des Verwaltungsrats, im Einklang mit der Finanzregelung des
Gemeinsamen Unternehmens und dem Beamtenstatut Regeln zur Pravention,
Vermeidung und Bewiltigung von Interessenkonflikten im Gemeinsamen
Unternehmen zu erlassen.

Die fortlaufende Wahrung ethischer und organisatorischer Werte wird zu den
wichtigsten Aufgaben des Gemeinsamen Unternehmens gehoren und von der
Kommission liberwacht werden.

Der Exekutivdirektor des Gemeinsamen Unternehmens fiir Chips ist als
Anweisungsbefugter verpflichtet, ein kosteneffizientes System der internen Kontrolle
und Verwaltung einzufiihren. Das GU-Biiro muss der Kommission iiber den
angenommenen internen Kontrollrahmen Bericht erstatten.

Die Kommission wird das Risiko von Verstoen im Rahmen des von ihr zu
entwickelnden Berichterstattungssystems sowie der Ergebnisse von Ex-post-Audits
der Empfanger von EU-Mitteln des Gemeinsamen Unternehmens fiir Chips im
Rahmen der Ex-post-Audits fiir die gesamten Programme Horizont Europa und
Digitales Europa iiberwachen.

Die Haushaltsmittel miissen effizient und wirksam verwaltet werden, und Betrug und
Mittelverschwendung miissen vermieden werden. Mit dem Kontrollsystem muss
jedoch ein ausgewogenes Verhéltnis zwischen der Einhaltung einer akzeptablen
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Fehlerquote und dem erforderlichen Kontrollaufwand hergestellt und die
Attraktivitit der Unionsprogramme unbeeintréchtigt bleiben.

Schdétzung und Begriindung der Kosteneffizienz der Kontrollen (Verhdltnis zwischen
den Kontrollkosten und dem Wert der betreffenden verwalteten Mittel) sowie

Bewertung des erwarteten Ausmafes des Fehlerrisikos (bei Zahlung und beim
Abschluss)

Da die fiir das Gemeinsame Unternehmen fiir Chips geltenden Regeln fiir die
Teilnahme am Programm Horizont Europa und am Programm Digitales Europa
denen dhneln, die die Kommission in ihren Arbeitsprogrammen anwenden wird, und
der Begiinstigtenkreis ein dhnliches Risikoprofil wie bei Programmen mit direkter
Mittelverwaltung aufweist, kann davon ausgegangen werden, dass die Fehlermarge
in etwa derjenigen entspricht, die die Kommission fiir Horizont Europa und
Digitales Europa vorgesehen hat. Das heil3t, es diirfte hinreichend gewéhrleistet sein,
dass das Fehlerrisiko im mehrjédhrigen Ausgabenzeitraum auf Jahresbasis innerhalb
einer Spanne von 2-5 % liegen wird — mit dem letztendlichen Ziel, beim Abschluss
der Mehrjahresprogramme eine Restfehlerquote von mdglichst nahe bei 2 % zu
erreichen, wenn die finanziellen Auswirkungen aller Audits und Korrektur- und
Wiedereinziehungsmafinahmen berticksichtigt sind.

Privention von Betrug und Unregelmiafligkeiten

Die Kommission wird sicherstellen, dass das Gemeinsame Unternehmen fiir Chips in
allen Phasen des Managementprozesses die Verfahren zur Betrugsbekdmpfung
anwendet.

Die Kommission gewihrleistet bei der Durchfiihrung der nach dieser Verordnung
finanzierten Maflnahmen den Schutz der finanziellen Interessen der Union durch
geeignete Priventivmaflnahmen gegen Betrug, Korruption und sonstige
rechtswidrige Handlungen, durch wirksame Kontrollen und — bei Feststellung von
UnregelméBigkeiten — durch Riickforderung zu Unrecht gezahlter Betrige sowie
gegebenenfalls durch wirksame, verhiltnismaBige und abschreckende Sanktionen.

Der Rechnungshof ist befugt, bei allen Begiinstigten, bei Auftragnehmern und
Unterauftragnehmern, die Unionsmittel aus dem Programm erhalten haben,
Rechnungspriifungen anhand von Belegkontrollen und Kontrollen vor Ort
durchzufiihren.

Das Europédische Amt fiir Betrugsbekampfung (OLAF) kann gemal3 der Verordnung
(Euratom, EG) Nr. 2185/96 bei allen direkt oder indirekt durch Finanzierungen aus
Unionsmitteln betroffenen Wirtschaftsteilnehmern Kontrollen und Uberpriifungen
vor Ort durchfilhren, um festzustellen, ob im Zusammenhang mit einer
Finanzhilfevereinbarung, einem Finanzhilfebeschluss oder einem Vertrag iiber eine
Finanzierung aus Unionsmitteln ein Betrugs- oder Korruptionsdelikt oder eine
sonstige rechtswidrige Handlung zum Nachteil der finanziellen Interessen der Union
vorliegt. Die gemeinsamen Unternehmen werden auch der Interinstitutionellen
Vereinbarung vom 25. Mai 1999 zwischen dem Europidischen Parlament, dem Rat
der Europidischen Union und der Kommission der Europdischen Gemeinschaften
iiber die internen Untersuchungen des Europdischen Amtes fiir Betrugsbekdmpfung
(OLAF) beitreten miissen.

Die Europdische Staatsanwaltschaft (EUStA) kann geméfl den Bestimmungen und
Verfahren der Verordnung (EU) 2017/1939 des Rates Ermittlungen in Bezug auf
Straftaten zum Nachteil der finanziellen Interessen der Union durchfiihren.
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3. GESCHATZTE FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN DES
VORSCHLAGS/DER INITIATIVE
3.1. Betroffene Rubrik(en) des Mehrjihrigen Finanzrahmens und Ausgabenlinie(n)
im Haushaltsplan
e Bestehende Haushaltslinien
In _der Reihenfolge der Rubriken des Mehrjihrigen Finanzrahmens und der
Haushaltslinien.
Haushaltslinie Aﬁ;tg:}jzn Beitrage
Rubrik des von
Mehrjahrig Kandidaten on
en lindern und v d
Finanzrahm | Ap75h1 GM/NGM E;:%r;\— ggteerfgislrlle aI}defen zweclilgjegisldene
ens 7 Lindern”’ n Drittlande Einnahmen
Kandidaten m
78
[XX.YY.YY.YY] GM/NG | JANEL | N | PANED L NEIN
M N N
[XX.YY.YY.YY] GMl\i[NG JA/IE]EI JA/NEIN JA/IEIEI JA/NEIN
[XX.YY.YY.YY] GM/NG | JANEL | Np | PANED | NEIN
M N N
¢ Neu beantragte Haushaltslinien
In_der Reihenfolge der Rubriken des Mehrjihrigen Finanzrahmens und der
Haushaltslinien.
Haushaltslinie Aﬁ;tg:}jzn Beitrdge
Rubrik des
Mehrjahrig von
en von Kandidaten von andere
Finanzrahm | Apzqph] GM/NGM EFTA- léin;iern.ulrlld Da ngfreg zweckgebundene
ens Landern | P° er:lzw ¢ m Him ¢ Einnahmen
Kandidaten
[XX.YY.YY.YY] GM/NG | JANEL | \p | IANED | NEIN
M N N
[XX.YY.YY.YY] GM/NG | JANEL | np | JANED | NEIN
M N N
[XX.YY.YY.YY] GMl\ﬁlNG IANEL L pame | IATED | aNEN

76
77
78

DE

GM = Getrennte Mittel/NGM = Nichtgetrennte Mittel.
EFTA: Européische Freihandelsassoziation.

Kandidatenldnder und — sofern zutreffend — potenzielle Kandidaten des Westbalkans.
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3.2.3.  Ubersicht iiber die geschiitzten Auswirkungen auf die Verwaltungsmittel
— [ Fiir den Vorschlag/die Initiative werden keine Verwaltungsmittel benotigt.

— Fiir den Vorschlag/die Initiative werden die folgenden Verwaltungsmittel
benotigt:

3.2.3.1. Mittel aus dem verabschiedeten Haushaltsplan

Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr 2028-2034
BEWILLIGTE MITTEL
2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | INSGESAMT
RUBRIK 4
Personalausgaben 2,853 2,853 2,853 2,853 2,853 2,853 2,853 19,971
Sonstige Verwaltungsausgaben 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Zwischensumme RUBRIK 4 2,853 2,853 2,853 2,853 2,853 2,853 2,853 19,971
Auflerhalb der RUBRIK 4

Personalausgaben 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Sonstige Verwaltungsausgaben 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZWische“s;‘I‘J‘]‘;‘EIi‘ﬁerhalb der 0,000 [ 0,000 [ 0,000 [ 0,000 [ 0,000 0,000 | 0,000 0,000
INSGESAMT | 2,853 | 2,853 | 2,853 | 2,853 | 2,853 | 2,853 | 2,853 | 19,971

Zur Unterstiitzung der Uberwachungs- und Krisenmanagementarbeiten kann die GD CNECT
vorbehaltlich der Verfiigbarkeit von Ressourcen und Sachkenntnis eine Verwaltungsvereinbarung mit
der JRC iiber etwa 2 VZA (VZA) schlieBen. Dieses Finanz- und Digitalbogen enthilt keine Mittel fiir
eine solche mdgliche Verwaltungsvereinbarung.

Die geschitzten Auswirkungen auf die Ausgaben und die Personalausstattung fiir 2028 und dariiber
hinaus dienen lediglich der Veranschaulichung und greifen dem néchsten Mehrjéhrigen Finanzrahmen
nicht vor. Die Finanzierungsquelle und der Umfang der finanziellen Verpflichtung der Union in der
Zeit nach 2027 hiangen weiterhin vom Ergebnis der interinstitutionellen Verhandlungen {iber den
MFR 2028-2034 ab und werden danach durch das jéhrliche Haushaltsverfahren bestimmt. Alle Mittel-
und Personalzuweisungen ab 2028 sind vorldufig.

3.2.4.  Geschitzter Personalbedarf
— [ Fiir den Vorschlag/die Initiative wird kein Personal benétigt.
— Fiir den Vorschlag/die Initiative wird das folgende Personal benotigt:

3.2.4.1. Finanziert aus dem verabschiedeten Haushalt

Schiitzung in Vollzeitiquivalenten (VZA)*

Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr
2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

BEWILLIGTE MITTEL

* Planstellen (Beamte und Bedienstete auf Zeit)

20 01 02 01 (Zentrale Dienststellen

und Vertretungen der Kommission) 12 12 12 12 12 12 12
20 01 02 03 (EU-Delegationen) 0 0 0 0 0 0 0
(indirekte Forschung) 0 0 0 0 0 0 0

83 Bitte unter der Tabelle angeben, wie viele der aufgefiihrten VZA bereits der Verwaltung der MaBnahme

zugeordnet sind und/oder durch Personalumschichtung innerhalb der GD dieser Aufgabe zugeteilt
werden konnen. Den Nettobedarf beziffern.
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(direkte Forschung) 0
Sonstige Haushaltslinien (bitte
angeben)
e Externes Personal (in VZA)
2002 01 (VB und ANS der
Globaldotation) 2 2 2 2 : 2 2
20 02 03 (VB, OB, ANS und JPD in
den EU-Delegationen) 0 0 0 0 0 0 0
Haushaltslinie ¢ m dtenl
administr. zenra‘en 0 0 0 0 0 0 0
. Dienststelle
Unterstiitzung n
e in den EU-
[XX.0L.YY.YY] Delegation 0 0 0 0 0 0 0
en
(VB und ANS - indirekte 0 0 0 0 0 0 0
Forschung)
(VB und ANS — direkte 0 0 0 0 0 0 0
Forschung)
Sonstige Haushaltslinien (bitte
angeben) — Rubrik 4 v W v v v v v
Sonstige Haushaltslinien (bitte
angeben) — auBBerhalb der Rubrik 4 L 0 L 2 2 2 2
INSGESAMT 17 17 17 17 17 17 17

Die geschitzten Auswirkungen auf die Ausgaben und die Personalausstattung fiir 2028 und dariiber
hinaus dienen lediglich der Veranschaulichung und greifen dem néchsten Mehrjéhrigen Finanzrahmen
nicht vor. Die Finanzierungsquelle und der Umfang der finanziellen Verpflichtung der Union in der
Zeit nach 2027 hiangen weiterhin vom Ergebnis der interinstitutionellen Verhandlungen iiber den
MFR 2028-2034 ab und werden danach durch das jahrliche Haushaltsverfahren bestimmt. Alle Mittel-
und Personalzuweisungen ab 2028 sind vorldufig.

Fiir die Durchfiihrung des Vorschlags bendtigtes Personal (in VZA):

Personal aus den Zusatzpersonal (ausnahmsweise)*
Dienststellen der
Kommission
Zu finanzieren Zu finanzieren Zu finanzieren
aus Rubrik 4 oder aus einer aus Gebiihren
Forschung Haushaltslinie fiir
administrative
Unterstiitzung
Planstellen 5 7 Nicht zutreffend
Externes Personal ) 3
(VB, ANS, LAK)

Beschreibung der Aufgaben, die ausgefiihrt werden sollen durch:

Beamte und Zeitbedienstete

Einige der Aufgaben konnen durch Umschichtung von Personal erfiillt werden, das
derzeit mit dhnlichen Aufgaben befasst ist, z. B. im Zusammenhang mit der
Programmiiberwachung, der Pflege von Kontakten mit Interessentragern und der
Berichterstattung iiber Tétigkeiten der Forschung und Entwicklung und des
Kapazititsauftbaus im Rahmen der Saule 1.

Zusitzliche Aufgaben im Rahmen des Vorschlags sollten von zusitzlichem Personal
erfilllt werden, z.B. Festlegung und Uberwachung strategischer Projekte,

DE
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einschlieBlich der Uberwachung von Etappenzielen und zu erbringenden Leistungen;
Konformitétspriifungen (staatliche Beihilfen, Vergabe o6ffentlicher Auftrige);
grenziibergreifende Koordinierung mit den Mitgliedstaaten; Festlegung der Grofen
Herausforderungen und Uberwachung ihrer Umsetzung; Koordinierung der
administrativen (nichtfiskalischen) Aufsicht; Bewertung regionaler Investitionspline;
Bewertung der Eigentumsverhédltnisse und Kontrolle inlédndischer Unternehmen;
Konsultation des Europidischen Halbleitergremiums zu strategischen Projekten,
Empfehlungen fiir Chips inléndischer Unternehmen bei der Vergabe oOffentlicher
Auftrage, Konsultationen mit der Allianz im Hinblick auf die Festlegung einer
gemeinsamen Strategie fiir Halbleitertechnologien, Beratung in Bezug auf
risikoanfillige Sektoren; Aufbau strategischer Partnerschaften mit Drittlindern;
Herausgabe von Leitlinien fiir die Vergabe &ffentlicher Auftrage durch Mitgliedstaaten
und Offentliche Auftraggeber; Formulierung methodischer Empfehlungen fiir die
Durchfiihrung von Risikobewertungen fiir die Versorgungssicherheit; Durchfiihrung
von Krisenvorsorgelibungen; Einrichtung und Forderung von Nachfrageforen;
Unterstiitzung von Mitgestaltungstitigkeiten zwischen Halbleiterherstellern und
nachgeschalteten industriellen Anwendern; Herausgabe technischer und rechtlicher
Leitlinien fiir die Beschaffung von Systemen, die innovative Halbleiterentwiirfe und -
l6sungen beinhalten; Gewéhrleistung der Kohdrenz zwischen der Initiative 2.0 und
nationalen/regionalen  Strategien; ~ Uberwachung  der  Organisation  und
Berichterstattung an den Rat/das Parlament.

Dariiber hinaus beinhaltet der Vorschlag zusétzliche Aufgaben im Zusammenhang mit
der Unternehmensplattform fiir die Halbleiterlieferkette, z. B. die Uberwachung der
Halbleiterlieferketten, Analyse- und Krisenvorsorgefunktionen, die Erstellung und
Bearbeitung von Auskunftsersuchen (RFIs) und die Uberpriifung und Aggregation von
Daten in der Vorkrisenphase sowie die sektoreniibergreifende Koordinierung mit
Interessentragern aus der Industrie.

Ein erheblicher Teil der oben genannten zusdtzlichen Aufgaben kann durch eine
Umschichtung des vorhandenen Personals erfiillt werden.

Externes Personal

Ebenda

3.2.5. Ubersicht

tiber die geschdtzten Auswirkungen auf die Investitionen im

Zusammenhang mit digitalen Technologien

DE

Obligatorisch: In die Tabelle unten ist die bestmogliche Einschitzung der fiir den
Vorschlag/die Initiative erforderlichen Investitionen in digitale Technologien
einzutragen.

Wenn dies fiir die Durchfiithrung des Vorschlags/der Initiative erforderlich ist, sollten
die Mittel unter Rubrik 4 ausnahmsweise in der dafiir vorgesehenen Haushaltslinie
ausgewiesen werden.

Die unter die Rubriken 1 bis 3 fallenden Mittel sollten als ,,IT-Ausgaben zur
Politikunterstiitzung fiir operationelle Programme* aufgefiihrt werden. Diese
Ausgaben beziehen sich auf die operativen Mittel, die fiir die
Wiederverwendung/den Erwerb/die Entwicklung von IT-Plattformen/Instrumenten
verwendet werden, welche in direktem Zusammenhang mit der Durchfiihrung der
Initiative und den damit verbundenen Investitionen stehen (z. B. Lizenzen, Studien,
Datenspeicherung usw.). Die in dieser Tabelle dargelegten Informationen sollten mit
den Angaben in Abschnitt 4 ,,Digitale Aspekte* vereinbar sein.

22
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Mittel INSGESAMT
fiir Digitales und IT

RUBRIK 4

Jahr
2028

Jahr
2029

Jahr
2030

Jahr
2031

Jahr
2032

Jahr
2033

Jahr
2034

MFR 2028-
2034
INSGESAMT

IT-Ausgaben
(intern)

Zwischensumme
RUBRIK 4

Auflerhalb der RUBRIK

IT-Ausgaben zur
Politikunterstiitzung
fiir operationelle
Programme

Zwischensumme
aufBierhalb der
RUBRIK 4

INSGESAMT |

0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0

3.2.6.

Vereinbarkeit mit dem derzeitigen Mehrjihrigen Finanzrahmen
Der Vorschlag/Die Initiative

— kann durch Umschichtungen innerhalb der entsprechenden Rubrik des
Mehrjihrigen Finanzrahmens (MFR) in voller Hohe finanziert werden.

— [ erfordert die Inanspruchnahme des verbleibenden Spielraums unter der
einschlidgigen Rubrik des MFR und/oder den Einsatz der besonderen Instrumente
im Sinne der MFR-Verordnung.

— 0O erfordert eine Anderung des MFR.

Die geschdtzten Auswirkungen auf die Ausgaben und die Personalausstattung fiir
2028 und dariiber hinaus dienen lediglich der Veranschaulichung und greifen dem
ndchsten Mehrjdhrigen Finanzrahmen nicht vor. Die Finanzierungsquelle und der
Umfang der finanziellen Verpflichtung der Union in der Zeit nach 2027 hidngen
weiterhin vom Ergebnis der interinstitutionellen Verhandlungen iiber den
MFR 2028-2034 ab und werden danach durch das jéhrliche Haushaltsverfahren
bestimmt. Alle Mittel- und Personalzuweisungen ab 2028 sind vorldufig.

3.2.7.  Beitrdge Dritter
Der Vorschlag/Die Initiative
— sieht keine Kofinanzierung durch Dritte vor.
— [ sieht folgende Kofinanzierung durch Dritte vor:
Mittel in Mio. EUR (3 Dezimalstellen)
Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr
Insgesamt
2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
Kofinanzierende
Einrichtung
Kofinanzierung
INSGESAMT
23
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3.3. Geschitzte Auswirkungen auf die Einnahmen
— Der Vorschlag/Die Initiative wirkt sich nicht auf die Einnahmen aus.
— [ Der Vorschlag/Die Initiative wirkt sich auf die Einnahmen aus, und zwar:
— 0O auf die Eigenmittel.
— [ auf die tibrigen Einnahmen.

— [ Bitte geben Sie an, ob die Einnahmen bestimmten Ausgabenlinien
zugeordnet sind.

in Mio. EUR (3 Dezimalstellen)

Fiir das Auswirkungen des Vorschlags/der Initiative®*
laufende
Einnahmenlinie: Haushalt'SJ ahr Jahr Jahr Jahr
zur Verfiigung Jahr Jahr Jahr Jahr 2032 2033 2034
stehende 2028 2029 2030 2031
Mittel
Artikel ...

Bitte geben Sie fiir die sonstigen zweckgebundenen Einnahmen die betreffende(n)
Ausgabenlinie(n) im Haushaltsplan an.

Sonstige Anmerkungen (bei der Ermittlung der Auswirkungen auf die Einnahmen
verwendete Methode/Formel oder weitere Informationen).

4. DIGITALE ASPEKTE

In diesem Abschnitt wird auf transeuropdische digitale Offentliche Dienste und ihre
Anforderungen an die grenziiberschreitende Interoperabilitit eingegangen.

4.1. Anforderungen von digitaler Relevanz

Allgemeine Beschreibung der Anforderungen von digitaler Relevanz und der damit
verbundenen Kategorien (Daten, Digitalisierung und Automatisierung von Prozessen, digitale
Losungen und/oder digitale 6ffentliche Dienste)

Von der
Anforderung
Anforder Beschreibung der betroffene(r) Allgemeines Katesorien
ung Anforderung oder Verfahren &
betreffende(r)
Akteur(e)
Beantragung des Status
. einer europdischen Europdische
Artikel 1 . .. . Beantragun Daten
el 15 Halbleitertechnologiein | Kommission cantragung ©
itiative
84 Bei den traditionellen Eigenmitteln (Z6lle, Zuckerabgaben) sind die Betrige netto, d. h. abziiglich 20 %
fiir Erhebungskosten, anzugeben.
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Die Mitgliedstaaten
schaffen ein
einheitliches
Genehmigungsverfahre
n mit einer einzigen
Beantragung, die alle
Genehmigungen
umfasst, die fiir
europdische
Halbleitertechnologiein
itiativen und
strategische Projekte
erforderlich sind.

Artikel 22

Mitgliedstaate
n

Zusténdige
nationale
Behorden

Genehmigungser
teilung

Daten
Digitale Losung

Prozessdigitalisi
erung und -
automatisierung

Die Mitgliedstaaten
richten auf nationaler
Ebene ein zentrales
Zugangsportal fiir die
Einreichung des
einheitlichen
Genehmigungsantrags
fiir europdische
Halbleitertechnologiea
nlagen und strategische
Projekte ein.

Artikel 24

Mitgliedstaate
n

Zusténdige
nationale
Behorden

Genehmigungser
teilung

Prozessdigitalisi
erung und -
automatisierung

Strategische Kartierung
des Halbleitersektors
der Union

Artikel 33

Europdische
Kommission

Uberwachung

Daten

Einrichtung der
Unternehmensplattform
fiir die
Halbleiterlieferkette

Artikel 34

Private
Betreiber

Gemeinsame
Datennutzung

Digitale Losung
Daten

Die Kommission fiihrt
in Abstimmung mit
dem Europiischen
Halbleitergremium eine
regelmaBige
Uberwachung der
Halbleiterwertschopfun
gskette durch, um
Faktoren zu ermitteln,
die die Versorgung mit
Halbleitern oder den
Handel mit Halbleitern
storen, beeintrachtigen
oder nachteilig
beeinflussen konnen.

Artikel 35

Européische
Kommission

Uberwachung

Daten

25
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Praventive Europdische
Artikel 38 | Informationsbeschaffun palse Berichterstattung Daten
g Kommission
Artikel 41 Inf ormatlol?sbeschaffun Europqlsqhe Berichterstattung Daten
g in der Krisenstufe Kommission
4.2. Daten
Allgemeine Beschreibung der erfassten Daten
Standard bzw. Norm
Art der Daten Anforderung(en) und/oder Spezifikation
(falls zutreffend)
Daten im Zusammenhang mit der
Beantragung des Status einer européischen Artikel 15 Nicht zutreffend
Halbleitertechnologieinitiative
Genehmigungsantrage Artikel 22 Nicht zutreffend
Fiir eine strategische Kartierung des
Halbleitersektors der Union bendtigte Artikel 33 Nicht zutreffend
Daten
Daten im Zusammenhang mit der
Einrichtung der Unternehmensplattform Artikel 34 Nicht zutreffend
fiir die Halbleiterlieferkette
Fiir die Uberwachung der
Halbleiterwertschopfungskette benotigte Artikel 35 Nicht zutreffend
Daten
Priaventive Informationsbeschaffung Artikel 38 Nicht zutreffend
Informatlonsbeschaffung in der Artikel 41 Nicht zutreffend
Krisenstufe
Datenstrome
Allgemeine Beschreibung der Datenstrome
Art der Daten Anforderung | Akteure, | Akteure, Ausloser Haufigk
(en) die die | die die | fiir den | eit (falls
Daten Daten Datenausta | zutreffe
bereitstel | empfangen | usch nd)
len
Daten im Europiisch .
. . Nicht
Zusammenhang mit der Artikel 15 Industrie © Nicht zutreffen
Beantragung des Status Kommissio | zutreffend d
einer europdischen n
26
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Halbleitertechnologiein
itiative
Genehmigungsantrige L ) Nicht
Artikel 22 Industrie Mitgliedsta Nicht zutreffen
aten zutreffend d
Fiir eine strategische Europiisch ;
Kartierung des e Nicht Nicht
Halbleitersektors der Artikel 33 Industrie Kommissio zutreffend zutreien
) . d
Union benétigte Daten n
Daten im
Zusammenhang mit der Européisch .

L . Nicht
Einrichtung der Artikel 34 Industrie N Nicht zutreffen
Unternehmensplattform Kommissio zutreffend d
fur die n
Halbleiterlieferkette
gzrr die Uberwachung Eurogalsch Nicht Nicht
Halbleiterwertschopfun Artikel 35 Industrie Kommissio zutreffend zutrszen
gskette benotigte Daten n
Praventive Europiisch Nicht
Informationsbeschaffun Artikel 38 Industrie e Vorkrisenph sutreffen
g Kommissio ase d

n
Informationsbeschaffun Europiisch .

in der Krisenstufe € Nicht

£ . Artikel 41 Industrie o Krisenstufe | zutreffen
Kommissio d
n

Vereinbarkeit mit der europiischen Datenstrategie

Erlauterung, inwiefern die Anforderung(en) mit der Europédischen Datenstrategie vereinbar
ist/sind.

Diese Gesetzgebungsinitiative steht im Einklang mit der Nutzung privater Daten durch
staatliche Behorden (Business-to-Government — B2G), um faktengestiitzte politische
Entscheidungen zu gewéhrleisten. Das digitale Genehmigungssystem wird so konzipiert, dass
die Interoperabilitit und der automatisierte Datenaustausch zwischen den zustindigen
Behorden, die Weiterverwendung von Daten und Dokumenten, die sich bereits im Besitz von
Behorden befinden, ein hohes Mall an Cybersicherheit und Informationsintegritit sowie
Transparenz und Rechenschaftspflicht im Genehmigungsverfahren gewihrleistet sind.

Vereinbarkeit mit dem Grundsatz der einmaligen Erfassung

Artikel 22 sieht die Schaffung eines einheitlichen Genehmigungsverfahrens mit einer einzigen
Beantragung, die alle  Genehmigungen  umfasst, die  fiir  europdische
Halbleitertechnologieinitiativen und strategische Projekte erforderlich sind.
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Bitte geben Sie fiir jede digitale Losung die sie betreffende(n) Anforderung(en) von digitaler
Relevanz, eine Beschreibung der vorgeschriebenen Funktionalitdt der digitalen Losung, die
Stelle, die dafiir zustindig sein wird, und andere relevante Aspekte wie Wiederverwendbarkeit
und Zugdnglichkeit an. Erldutern Sie bitte abschlieffend, ob bei der digitalen Losung der
Einsatz von KI-Technologien vorgesehen ist.

Digitale | Anforder Wichtigste Zustind Wie wird die Wie wird die Einsatz
Losung ung(en) | vorgeschriebene ige barrierefreie Wiederverwen | von KI-
Funktionen Stelle Zuginglichkeit dbarkeit Technol
gewihrleistet? | beriicksichtigt? | ogien
Die
Genehmigungsverf
ahren werden
vollstindig digital
abgewickelt.
Das System bietet Das digitale Das dicitale
eine einzige Genehmigungssyste Genehmi ungss s
Benutzerschnittstell m sollte so EUNESSY
) . . tem sollte so
e, die die o konzipiert werden, .
Interaktion mit den | Mitglieds | gagg die l\?voe?czilerilleriiass die
Digitales einschligigen taaten Benutzerfreundlich Weiter\;erwen dun
G | Artikel 22 | dffentlichen Zustindig | keit und | S | /)
nossyste rﬁ und 24 Diensten e barrierefreie gDokumenten die
£55Y ermdglicht. nationale | Zugénglichkeit fiir sich bereits’ im
Das digitale | Behorden aue Antr.agsteller, Besitz von
. einschlieBlich N
Genehmigungssyst .. | Behorden
o . Menschen mit
em ermoglicht die . befinden,
apierlose Behinderungen, ewihrleistet ist
%irl;)reichung gewihrleistet ist. & '
Nachverfolgung
und Entscheidung
von
Genehmigungsantr
agen.
Die Plattform sollte
Die Plattform sollte S0 konzip fert
Daten von werden, dass die
. Benutzerfreundlich
Unternehme beteiligten .
keit und
nsplattform Unternehmen . . .
. . . . | Private barrierefreie
flir die | Artikel 34 | erheben, um die . 1 . . /!
- Betreiber | Zugénglichkeit fiir
Halbleiterlie Transparenz ~ und alle  Antracsteller
ferkette Resilienz der einschlieBlic%l ’
Halbleiterlieferkett .
e zu erhdhen Meqschen mit
’ Behinderungen,
gewidhrleistet ist.

Digitales Genehmigungssystem

Digitalpolitik
sektorspezifische

(falls anwendbar)

und/oder
Politik

Erliuterung der Vereinbarkeit
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EU-Rahmen fur

Das nationale digitale Genehmigungssystem sollte so

Cybersicherheit konzipiert werden, dass ein hohes Mal} an Datenschutz,
Cybersicherheit und Informationsintegritit gewéhrleistet ist.
Europdische Der zentrale Zugangspunkt des nationalen digitalen

Unternehmensbrieftaschen

Genehmigungssystems verwendet die europdischen
Unternehmensbrieftaschen.

Unternehmensplattform fiir die Halbleiterlieferkette

Digitalpolitik und/oder
sektorspezifische Politik
(falls anwendbar)

Erliuterung der Vereinbarkeit

EU-Rahmen fiir
Cybersicherheit

Die Unternehmensplattform fiir die Halbleiterlieferkette sollte
so konzipiert werden, dass ein hohes Mal3 an Datenschutz,
Cybersicherheit und Informationsintegritit gewéhrleistet ist.

4.4. Interoperabilititsbewertung

Nicht zutreffend

4.5. UnterstiitzungsmafBnahmen fiir die digitale Umsetzung

Nicht zutreffend
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* K

£ EUROPAISCHE
il KOMMISSION
Briissel, den 3.6.2026
COM(2026) 504 final
ANNEXES 1 to 7
ANHANGE

des

VORSCHLAGS FUR EINE VERORDNUNG DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS
UND DES RATES

iiber einen Rahmen fiir Maflnahmen zur Stirkung des Halbleiterokosystems der Union
und zur Aufhebung der Verordnung (EU) 2023/1781 (Chip-Verordnung 2.0)

{SEC(2026) 504 final} - {SWD(2026) 504 final} - {SWD(2026) 505 final}
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ANHANG I — Mafinahmen im Rahmen der Initiative .,Chips fiir Europa 2.0

Technische Beschreibung der Initiative ,, Chips fiir Europa 2.0 Tdtigkeitsbereich

Die im Rahmen der Initiative ,,Chips fiir Europa 2.0 unterstiitzten MaBBnahmen werden,
soweit angezeigt, im Einklang mit den folgenden technischen Beschreibungen durchgefiihrt:

1. Entwurfskapazititen fiir integrierte Halbleitertechnik

Kontext

Mit der Initiative ,,Chips fiir Europa 2.0 sollen iiber eine cloudbasierte Entwurfsplattform,
die in der gesamten Union zur Verfiigung steht, umfangreiche innovative Entwurfskapazititen
fir Halbleitertechnik gefordert werden. Die Entwurfsplattform soll innovative
Entwurfsumgebungen mit erweiterten Bibliotheken und Werkzeugen bieten und viele
bestehende und neue Technologien, darunter autkommende Technologien wie die integrierte
Photonik, Quantentechnik sowie Kl/neuromorphe Technologien, zusammenbringen. In
Verbindung mit bestehenden Werkzeugen der elektronischen Entwurfsautomatisierung soll
sie den Entwurf innovativer Komponenten und neuer Systemkonzepte ermoglichen, und sie
demonstriert wesentliche Funktionen, wie z. B. neue Ansitze in Bezug auf Hochleistung,
Energieeffizienz, Sicherheit und neue dreidimensionale und heterogene Systemarchitekturen.

Die Plattform bietet als strategisches Riickgrat der Initiative ,,Chips fiir Europa 2.0 eine
zentrale Anlaufstelle, die Anwender vom Entwurf iiber die Prototypenentwicklung bis hin zur
Fertigung begleitet und Forschung, Bildung und Industrie zusammenfiihrt. Thr oberstes Ziel ist
die Forderung einer neuen Generation von Start-ups, die in der Union tétig sind, aber iiber
keine eigenen Fertigungsanlagen verfliigen (fabless). Diese Unternehmen tragen zur
Entwicklung innovativer Chips fiir die Anwenderbranchen der Union bei, erzielen den
hochsten Wert entlang der Halbleiterwertschopfungskette, fordern Innovationen auf schnell
wachsenden Mirkten und verringern die Abhéngigkeit der Union von auslidndischen
Entwurfsékosystemen.

Stand

Zum Stand Mai 2026 ist ein breites Spektrum von Akteuren beteiligt, darunter ein
Plattformkoordinierungsteam (PCT)!, Entwurfsbegleitungsteams®, Cloudanbieter, Anbieter
elektronischer Entwurfsautomatisierung (EDA) und Anbieter geistigen Eigentums. Die
Entwurfsplattform wird schrittweise eingefiihrt: Zunichst wurde ein
Plattformkoordinierungsteam ausgewahlt und eingerichtet, um die Plattform zu betreiben, die
zentrale Cloud-Infrastruktur aufzunehmen und die Anwenderunterstiitzungsdienste zu
koordinieren. Zudem wurden die Entwurfsbegleitungsteams ausgewéhlt, um den Anwendern
wihrend des gesamten Chip-Entwicklungsprozesses malgeschneiderte, durchgéngige

! Das Plattformkoordinierungsteam (Platform Coordination Team) {iibernimmt die Rolle als
Aufnahmeeinrichtung fiir die virtuelle Infrastruktur und die zentralen Dienste der Entwurfsplattform, es
koordiniert den Zugang zu einem breiten Spektrum von Instrumenten, Ressourcen und Diensten und
unterstiitzt das Gemeinsame Unternehmen fiir Chips (GU Chips) bei der Beschaffung der Cloud-
Plattform.

Entwurfsbegleitungsteams (Design Enablement Teams) unterstiitzen die Anwender bei der Einrichtung
und Anpassung von Entwurfsumgebungen und -abldufen sowie beim Einsatz von Werkzeugen der
elektronischen Entwurfsautomatisierung (EDA-Werkzeugen) in der Cloud.
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Unterstiitzung zu leisten. Dariiber hinaus wurde ein Auftragnehmer fiir die zentrale Cloud-
Infrastruktur ausgewihlt, der das geistige Eigentum, die Process Design Kits der Pilotanlagen
und quelloffene EDA-Werkzeuge autnehmen wird.

Derzeit laufen Verhandlungen iiber die Auswahl und Einbindung wichtiger Anbieter von
EDA-Werkzeugen. Diese Verhandlungen sollen bis Herbst 2026 geschlossen werden. Die
ersten voll ausgebauten Grofanlagen werden voraussichtlich bis Ende 2026 in Betrieb
genommen.

Die Entwurfsplattform wird durch weitere Mallnahmen ergénzt, um Entwurfskompetenzen in
der Union zu fordern. Dazu gehoren die Verwaltung von Finanzhilfen fiir Start-ups und
KMU, die die Plattform nutzen, die Unterstiitzung der Entwicklung quelloffener EDA-
Werkzeuge und fiir die EUROPRACTICE-Dienste, die mehr als 600 europdischen
Hochschulen Zugang zu EDA-Werkzeugen filir Ausbildungszwecke zu symbolischen Preisen
sowie Zugang zur Fertigung fithrender Fertigungsbetriebe bieten.

Ausblick

Indem immer mehr Technologien und Entwiirfe in die Entwurfsplattform integriert werden,
entstehen auf der Plattform zunehmend neue Entwurfsmoglichkeiten. Dazu konnen auch
quelloffene Prozessorarchitekturen und andere innovative Architekturen, Chiplets,
programmierbare Chips, neue Arten von Speichern, Prozessoren, Beschleunigern oder Chips
mit niedrigem Stromverbrauch gehoren.

Die Plattform bindet dariiber hinaus auch Photonik und Quantenchips, geistiges Eigentum,
Bibliotheken und Entwurfsautomatisierungswerkzeuge in ein vollstindig integriertes
Systemkonzept ein (siche auch die nachstehenden Nummern 3 und 5). Ferner werden die
Process Design Kits (PDKs) der wichtigsten Pilotanlagen der Initiative ,,Chips fiir
Europa 2.0 sowie die PDKs der industriellen Fertigungsanlagen (mit vorheriger
Zustimmung) integriert, um den Entwurf von Chips zu erleichtern, die fiir die
Produktionsiibergabe (das sogenannte Tape-out) zu solchen Pilotanlagen und industriellen
Fertigungsanlagen bereit sind.

Die Dienste der Plattform sollen iiber die Cloud angeboten werden, um durch die Vernetzung
bestehender und neuer Entwicklungszentren in den Mitgliedstaaten den Zugang und die
Offenheit fiir die gesamte Gemeinschaft zu maximieren. Insbesondere soll die Plattform
Unterstiitzung  fiir  Start-ups, Scale-ups und KMU bieten. Sie erweitert das
Halbleiterokosystem der Union durch Einbindung verschiedener Marktsektoren wie
Gesundheit, Mobilitdt, Energie, Telekommunikation, Sicherheit, Verteidigung und Weltraum.
Der Industrialisierung innovativer Komponenten, die auf der Plattform entworfen und in
Leitsektoren eingefiihrt werden, wird groBBere Aufmerksamkeit gewidmet.

2. Pilotanlagen zur Vorbereitung auf innovative Produktion, Erprobung und
Validierung

Kontext

Die Initiative ,,Chips flir Europa 2.0* soll Pilotanlagen fiir die Produktion, Erprobung und
Validierung unterstiitzen, die die Liicke zwischen Labor und Fertigung bei der
fortgeschrittenen Halbleitertechnik schlieen, darunter Architekturen und Werkstoffe fiir
Leistungselektronik, neuromorphe und eingebettete KI-Chips, integrierte Photonik, Graphen
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und andere auf 2D-Material basierende Technologien, die Elektronik und Mikrofluidik in
heterogene Systeme integrieren.

Stand

Zum Stand Mai 2026 sind bereits fiinf Pilotanlagen in unterschiedlichen Stadien in Betrieb,
wiéhrend gleichzeitig weitere Ausriistungen, Maschinen und Werkzeuge implementiert
werden, um die Fihigkeiten und Kapazititen der Pilotanlagen zu erhdhen. Die
Technologiebereiche der Pilotanlagen wurden ausgewidhlt, um die kritischsten Liicken der
Union im Halbleiterbereich zu schlieBen und gleichzeitig auf bestehenden Stérken aufzubauen
und die langfristige Wettbewerbsfahigkeit, Versorgungssicherheit und industrielle Resilienz
zu gewdhrleisten. Bei diesen fiinf Pilotanlagen handelt es sich um:

o Logiktechnologie unter 2nm, die die Stellung der Union hinsichtlich
fortgeschrittener Technologieknoten sichern, die in KI, HPC, Rechenzentren und
Kommunikation der nichsten Generation zu finden sind,

o FD-SOI-Technologien, bei denen die Union bereits eine filhrende Rolle einnimmt
und die hochzuverldssige Chips mit niedrigem Stromverbrauch flir die
Automobilindustrie, Mobilitdt, industrielle Automatisierung und das Internet der
Dinge ermoglichen,

o fortgeschrittenes Packaging und heterogene Integration, die der Erkenntnis
Rechnung tragen, dass kiinftige Leistungssteigerungen von der Integration auf
Systemebene abhdngen; die Union weist im Bereich des Packaging zwar eine
strategische Schwiche auf, gleichzeitig bietet sich ihr die grofe Chance, eine
fithrende Rolle bei Chiplets, 3D-Stacking sowie der gemeinsamen Integration von
Logik-, Speicher-, Sensor- und Konnektivititskomponenten zu iibernehmen,

o Werkstoffe mit grofler Bandliicke (wie SiC und GaN) zdhlen zu den Stirken der
Union im Bereich der Leistungselektronik und sind flir die Energiewende, die
Elektromobilitdt, die Infrastruktur fiir erneuerbare Energien und hocheffiziente
Industriesysteme von entscheidender Bedeutung und

o photonisch integrierte Schaltungen, die fiir die Dateniibertragungs-, Sensor- und
Hochleistungsrechenarchitekturen mit  hoher  Bandbreite und niedrigem
Stromverbrauch in Telekommunikations- und Rechenzentren immer wichtiger
werden.

Dariiber hinaus sollen sogenannte ,,L.ab-to-Fab-Beschleuniger* eine rasche Ubernahme der im
Rahmen der Pilotanlagen entwickelten Technologien durch die Industrie der EU erreichen,
insbesondere von Technologien im Zusammenhang mit fortgeschrittenem Packaging und
heterogener Integration.

Ausblick

Pilotanlagen sollen weiterhin dabei unterstiitzen, die Leistungsfahigkeit von IP-Blocken,
virtuellen Prototypen, neuen Entwiirfen und neuartigen integrierten heterogenen Systemen
u. a. mittels Process Design Kits (PDKs) und auf offene und zugingliche Weise zu erproben,
zu testen und zu validieren. Thre PDKs sollen in die Entwurfsplattform integriert werden, um
den Zugang zu Entwurfs- und (virtuellen) Prototypprojekten zu ermoglichen.

Bei den derzeitigen Pilotanlagen soll der Schwerpunkt zunehmend auf der Industrialisierung
und dem Einsatz von Pilotanlagentechnologien zur Unterstiitzung des Halbleiterokosystems
der Union liegen.
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Neue oder modernisierte Pilotanlagen konnen im Hinblick auf neu entstehende
Herausforderungen gefordert werden, etwa in Bezug auf energieeffiziente KI-Chips,
Spitzentechnologien wie komplementdre Feldeffekttransistoren-Gerdte (CFET-Gerdte) und
monolithische integrierte 3D-Schaltungen fiir eine hohere Leistung und einen niedrigem
Stromverbrauch sowie ferroelektrische, resistive und ladungsbasierte Speicher, die einen
extrem schnellen Betrieb bei extrem niedrigem Stromverbrauch ermdglichen.

Dartiber hinaus konnen neue oder modernisierte Pilot-Testumgebungen unterstiitzt werden,
wenn verschiedene innovative Technologien oder Produkte fiir die Entwicklung und
Validierung neuer Geréte fiir wichtige Anwendungen und Anwenderbranchen kombiniert und
integriert werden. Ein Beispiel hierfiir ist eine Testumgebungen fiir Miniaturisierungs-,
fortgeschrittene  Optik- und Laserprojektionstechnologien im Zusammenhang mit
Datenbrillen. Pilot-Testumgebungen sollen dazu beitragen, vor einer vollstandigen
Einfiihrung im industriellen Mal3stab Risiken zu ermitteln, die Leistung zu validieren und die
Durchfiihrbarkeit unter realen Bedingungen sicherzustellen.

3. Fortgeschrittene technologische und ingenieurstechnische Kapazititen fiir
Quantenchips

Kontext

Die Initiative ,,Chips fiir Europa 2.0“ soll die Entwicklung von Quantenchips und damit
verbundenen Technologien unterstiitzen, einschlieBlich solcher, die auf Halbleiterwerkstoffen
basieren oder in die Photonik integriert ist. Zu den gezielten MaBnahmen gehoren
Entwurfsbibliotheken fiir Quantenchips, Pilotanlagen fiir die Herstellung von Quantenchips
und Anlagen fiir die Priifung und Validierung der in den Pilotanlagen hergestellten
Quantenchips. Ziel ist es, Forschenden, Start-ups und der Industrie in der Union zuverlassigen
Zugang zu Anlagen zu verschaffen, in denen die wichtigsten Quantenchiptechnologien
hergestellt und validiert werden kénnen.

Stand

Zum Stand Mai 2026 wurden sechs Pilotanlagen fiir Quantenchips eingerichtet, eine fiir jede
der fiithrenden Technologieplattformen der Union: supraleitende, Spin-, Photonik-, Diamant-,
Neutralatom- und Ionenfallen-Chips. Die Projekte konzentrieren sich auf die Einrichtung
stabiler Fertigungsprozesse im Pilotmaflstab, die Integration von Erprobungs- und
Versuchseinrichtungen, die Entwicklung von Fahrplinen fiir eine friihzeitige
Industrialisierung und die Schaffung der Grundlagen fiir die kiinftige Skalierung.
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Pilotanlage Bezeichnung Koordinator
Supraleitend SUPREME VTT (FI)

Spin SPINS IMEC (BE)

Photonik P4Q Universitiat Twente (NL)
Diamant DIREQT CNR (IT)

Neutralatome Q-PLANET PASCAL (FR)

CHAMPION-
Tonenfalle ION SAL (AT)

Dartiber hinaus wird den Tétigkeiten zur Unterstiitzung des Entstehens einer europaweiten
Quantenentwurfsgemeinschaft im Hinblick auf Bibliotheken und Werkzeuge fiir Entwurf,
Simulation und Uberpriifung von Quantenchips Rechnung getragen. Ferner werden
grundlegende Technologien unterstiitzt, darunter auch Teilsysteme fiir Elektronik, Kryogenik,
Packaging und Schnittstellen, die zentrale Quantengerdte vorbereiten, schiitzen, steuern,
verbinden und auslesen.

Ausblick

Fortgeschrittene technologische und ingenieurtechnische Kapazititen fiir Quantenchips
werden  weiterhin  auf- und ausgebaut. Dies umfasst Entwurfsfidhigkeiten,
Entwurfsbibliotheken fiir Quantenchips, Pilotanlagen, Erprobungs- und
Versuchseinrichtungen und grundlegende Technologien. Dariiber hinaus sollen erste
Bemiihungen fiir eine industrielle Umsetzung der am weitesten entwickelten Technologien
unterstiitzt werden. Die Unterstiitzung soll nach den jeweiligen Technologieplattformen
differenziert ausgestaltet werden. Mit der technologischen Ausreifung von Quantenchips soll
auch eine entsprechende Industrialisierung weiter voranschreiten.

4. Netz der Kompetenzzentren und Kompetenzentwicklung im Halbleiterbereich

Kontext

Die Initiative ,,Chips fiir Europa 2.0 soll den Betrieb eines Netzes der Halbleiter-
Kompetenzzentren unterstiitzen. Diese Zentren sollen einen strukturierten Zugang zu
technischer Sachkenntnis, Testeinrichtungen und Beratungsdiensten bieten und Unternehmen
(insbesondere KMU und Start-ups) dabei unterstiitzen, ihre Entwurfsfahigkeiten auszubauen,
neue Technologien zu erproben und spezialisierte Kompetenzen zu entwickeln. Die
Kompetenzzentren sollen eine Schliisselrolle dabei spielen, Qualifikationsdefiziten in der
Union in Bezug auf Halbleitertechnik entgegenzuwirken.

Stand

Zum Stand Mai 2026 wurden in allen Mitgliedstaaten sowie in Norwegen Halbleiter-
Kompetenzzentren eingerichtet. Dariiber hinaus wurde eine Unterstiitzungsmallnahme zur
Einrichtung und Koordinierung der Arbeit der nationalen Kompetenzzentren festgelegt. Im
Rahmen der UnterstiitzungsmaBBnahme wurde eine Fokusgruppe fiir Ausbildung und
Kompetenzentwicklung  eingerichtet, die die Zusammenarbeit zwischen den
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Kompetenzzentren fordert, um Bildungs- und Weiterbildungsinitiativen umzusetzen,
Schulungskonzepte zu entwickeln und spezifische Schulungen und den Zugang zur
Entwurfsplattform und zu Pilotanlagen bereitzustellen.

Ausblick

Die Halbleiter-Kompetenzzentren werden weiterhin unterstiitzt. Es wird gepriift, ob
angesichts der Markt- und Technologieentwicklungen neue Kompetenzzentren eingerichtet
oder bestehende Kompetenzzentren neu ausgerichtet werden sollten. Die Zusammenarbeit
zwischen den Kompetenzzentren im Gesamtnetz soll nach Moglichkeit verstirkt werden.
Dartiber hinaus soll die Unterstiitzung der Kompetenzzentren fiir die Kompetenzentwicklung
verstdrkt werden, unter anderem durch die Férderung der Zusammenarbeit mit Hochschulen
und Anbietern der beruflichen Aus- und Weiterbildung, durch eine enge Zusammenarbeit im
Rahmen des Kompetenzpakts und mit der Arbeitsgruppe ,,Kompetenzen* der Industrieallianz
sowie durch mehr Sichtbarkeit und Attraktivitit des Halbleitersektors.

5. Fortgeschrittene Kapazitiiten fiir den Entwurf, die Prototypentwicklung und die
industrielle Einfithrung photonisch integrierter Schaltungen

Kontext

Mit dieser neuen Komponente der Initiative ,,Chips fiir Europa®“ wird die Entwicklung
photonisch integrierter Schaltungen und zugehdriger Technologien unterstiitzt. Zu den
Malnahmen gehoren die Entwicklung von Entwurfsbibliotheken und
Entwurfsautomatisierungswerkzeugen fiir photonisch integrierte Schaltungen sowie der
Ausbau bestehender und/oder die Einrichtung neuer Pilotanlagen fiir die Entwicklung von
Prototypen und die Herstellung photonisch integrierter Schaltungen. Die Féhigkeiten im
Bereich der Produktionstechnologien, einschlieflich Co-Packaging und der heterogenen
Integration mit Elektronikchips, Fertigungsausriistungen und Werkstoffplattformen fiir
photonisch integrierte Schaltungen, werden gestérkt.

Stand

Zum Stand Mai 2026 wurde eine Pilotanlage fiir photonisch integrierte Schaltungen
eingeweiht. Diese Pilotanlage bietet frei zugéngliche Fertigungsdienste an 14 Standorten und
umfasst mehrere Photonik-Werkstoffplattformen von Silizium und Siliziumnitrid bis hin zu
Indiumphosphid. Zu den Diensten gehdren Chip-Fertigungsldufe, hybride Integration,
Packaging, Tests und Einstufung der Zuverldssigkeit. Ferner sind Technologiedemonstratoren
vorgesehen, darunter Co-Packaged-Optik fiir KI-Rechenzentren, LiDAR-Sensoren,
Erzeugung und Steuerung sichtbaren Lichts (Visible Light Engines) fir AR/VR und
programmierbare photonische Prozessoren. Neben der Pilotanlage werden auBlerdem
Industrie-Demonstratoren  fiir fortgeschrittene Photoniktechnologien entwickelt, die
Skalierbarkeit, Zuverldssigkeit und Integrationsfahigkeit aufzeigen sollen.

Ausblick

Photonisch integrierte Schaltungen und zugehorige Technologien werden weiterhin
unterstiitzt. Dies umfasst Entwurfswerkzeuge, Entwurfsbibliotheken, Pilotanlagen,
Demonstratoren und Schulungsdienste. Besonderes Augenmerk gilt dem Transfer und der
industriellen Einfithrung von Technologien, die im Rahmen dieser Komponente der Initiative
,,Chips fiir Europa 2.0* entwickelt werden.

DE



DE

Drucksache 415/26 -154 -

6. Titigkeiten im Rahmen des ,,Chip-Fonds“ fiir den Zugang von Start-ups, Scale-
ups und KMU zu Kapital,

Kontext

Mit der Initiative ,,Chips fiir Europa 2.0 wird die Schaffung eines florierenden Halbleiter-
und Quanteninnovations-Okosystems unterstiitzt, indem der Zugang zu Risikokapital fiir
Start-ups, Scale-ups und KMU gefordert wird, damit sie wachsen und ihre Marktprésenz
nachhaltig ausbauen konnen.

Stand

Zum Stand Mai 2026 wird der Chip-Fonds iiber zwei thematische Investitionsfazilititen
umgesetzt: das Accelerator-Programm des Europdischen Innovationsrats, das im Rahmen von
Horizont Europa risikoreichen technologieintensiven Start-ups eine Mischfinanzierung aus
Zuschiissen und Eigenkapital bereitstellt sowie den vom Europdischen Investitionsfonds
verwalteten Fonds ,,InvestEU* — der durch eine Garantie des Programms ,,Digitales Europa“
abgesichert wird — fiir Eigenkapitalinvestitionen liber Finanzintermedidre von der Griindungs-
bis zur Wachstumsphase. Die fiir das Accelerator-Programm bereitgestellten Mittel in Hohe
von 300 Mio. EUR wurden in nur zwei Jahren vollstindig eingesetzt; insgesamt werden
dadurch 24 hochinnovative Start-ups mit insgesamt 62 Mio. EUR an Zuschiissen und
238 Mio. EUR an empfohlenen Beteiligungsinvestitionen unterstiitzt. Im Rahmen der
InvestEU-Komponente des Chip-Fonds wurden vier Finanzpartner ausgewihlt und mit ihnen
68 Mio. EUR an Mitteln unterzeichnet oder genehmigt; dadurch erhielten bislang
31 Unternehmen von der Frithphase bis zur Wachstumsphase Beteiligungsinvestitionen in
Hoéhe von 116 Mio. EUR.

Ausblick

Die Unterstiitzung fiir Start-ups wird fortgesetzt. Gleichzeitig wird der Schwerpunkt vermehrt
auf Scale-ups und Finanzierungen in spiteren Phasen gelegt. Es werden zunehmend
erhebliche Mittel aus dem ,,Scaleup Europe Fund®“ fiir technologieintensive Scale-ups
bereitgestellt, um zusédtzliches privates Risikokapital zu mobilisieren.

7. Grofle Herausforderungen
Kontext

Diese neue Komponente der Initiative ,,Chips fiir Europa 2.0 unterstiitzt grofl angelegte,
sektoreniibergreifende Initiativen zur Bewailtigung groBler technologischer und industrieller
Herausforderungen, die fiir die Union von strategischer Bedeutung sind (im Folgenden
,,GroBe Herausforderungen®), die sich potenziell auf mehrere Okosysteme auswirken. Die
GroBlen Herausforderungen diirften zu technologischen Fortschritten sowohl bei den
etablierten und als auch bei Spitzentechnologien, zur durchgingigen Produktintegration tliber
den gesamten Produktentwicklungszyklus hinweg und zu deren vorkommerzieller
Industrialisierung fiihren.

Stand

Zum Stand Mai 2026 wurden im Rahmen der Initiative keine friiheren Tatigkeiten unter dem
Motto ,,GrolBe Herausforderungen* durchgefiihrt.
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Ausblick

Mogliche GroBe Herausforderungen, die gezielt angegangen werden konnen, sind unter
anderem die Entwicklung neuer Rechentechnik, bei der sich der Energieverbrauch drastisch —
beispielsweise um dasl 000-Fache — senken ldsst. Eine solche Gro3e Herausforderung wiirde
zu energieeffizienten, sicheren und verteilten Kl-Infrastrukturen fithren, die Hochleistungs-
KI-Beschleuniger (wie Speicher auf HBM-Niveau, gestapelte Logikchips (stacked logic),
optische und HF-Verbindungen), agentische und eingebettete KI-Systeme, kontextbezogene
Intelligenz am Netzrand (contextual edge intelligence) und sichere Infrastrukturen mit
niedrigem Stromverbrauch ermoglichen. Die Entwicklung energieeffizienter Chips,
einschlieBlich KI-Chips, soll aulerdem zur Bewéltigung der im Rahmen der Verordnung zur
Cloud- und KI-Entwicklung (CADA) festgelegten GroBlen Herausforderung beitragen,
ndmlich eine Vorreiterrolle bei energie- und ressourceneffizienten Recheninfrastrukturen
einzunehmen, um deren Nachhaltigkeit in groBem MaBstab zu verbessern®. Zwischen den
FuE-Tétigkeiten zur Bewiltigung dieser beiden komplementéren Herausforderungen soll eine
enge Verkniipfung hergestellt und die Moglichkeit vorgesehen werden, koordinierte
Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlidgen zu verdffentlichen.

Eine weitere Grole Herausforderung ist die Entwicklung von Prozessoren und
Beschleunigern, die in der EU konzipiert und gegebenenfalls hergestellt werden und Teil
eines Cloud- und KI-Stacks wiirden. Diese GroB3e Herausforderung wird wiederum mit einer
im Rahmen des CADA definierten Grofen Herausforderung verkniipft sein und zu deren
Bewiltigung beitragen, ndmlich der Verwirklichung der Autonomie auf allen Ebenen des
Cloud- und KI-Stacks mit dem Ziel, Abhingigkeiten bei kritischen Technologien zu
beseitigen®. Die GroBe Herausforderung kann insbesondere auf Losungen abzielen, die von
aufstrebenden  Start-ups entwickelt werden, und kann die innovationsférdernde
Auftragsvergabe umfassen. Auch diesbeziiglich soll zwischen den FuE-Titigkeiten zur
Bewiltigung dieser beiden komplementdren Herausforderungen eine enge Verkniipfung
hergestellt und die Maoglichkeit vorgesehen werden, koordinierte Aufforderungen zur
Einreichung von Vorschlidgen zu verdffentlichen.

Eine dritte Grofle Herausforderung kann im Bereich der physischen KI angesiedelt sein, um
die grundlegenden Technologien bereitzustellen, die ein breites Spektrum kiinftiger
Anwendungen, Dienste und autonomer Systeme ermdglichen sollen, die beispielsweise von
humanoiden Robotern bis hin zu Industrierobotern und deren Einsatz insbesondere in den
Bereichen Medizintechnik, Gesundheitswesen, Fertigung, Luftfahrt, Weltraum und
Verteidigung reichen. Ful im Bereich der physischen KI sollen zu Fortschritten bei etablierten
Technologien wie Leistungshalbleitern, Mikrocontrollern sowie Analog-/Mixed-Signal- und
Sensortechnik fiihren. Auf die Ful-Tétigkeiten sollen die industrielle Fertigung und die
Kommerzialisierung eingebetteter fortgeschrittener KI in autonomen Maschinen, Robotern,
Breitbandnetzen und vernetzten Geriten der nidchsten Generation folgen.

Eine vierte Grofle Herausforderung konnte Datenbrillen und virtuelle Welten zum Gegenstand
haben. In einer kiirzlich veréffentlichten Mitteilung der Kommission werden die Strategie und
die vorgeschlagenen MaBnahmen fiir virtuelle Welten und das Web 4.0 dargelegt’. In diesem
Zusammenhang sind Optik, Photonik und Halbleitertechnik von entscheidender Bedeutung
fiir die Entwicklung von Sensor- und Visualisierungsgeréten, die Anwendungen der virtuellen

3 Siehe Artikel 4 der Verordnung zur Cloud- und KI-Entwicklung.

4 Siehe Artikel 5 der Verordnung zur Cloud- und KI-Entwicklung.

3 Mitteilung der Kommission an das Européische Parlament, den Rat, den européischen Wirtschafts- und
Sozialausschuss und den Ausschuss und den Ausschuss der Regionen ,,EU-Initiative fiir das Web 4.0
und virtuelle Welten: mit Vorsprung in den néchsten technologischen Wandel®, COM(2023) 442 final
vom 11. Juli 2023.
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Welten wie intelligente Brillen unterstiitzen. Ful-Téatigkeiten sollen zu erheblichen
Verbesserungen der Qualitdt, Leistungsfahigkeit und Effizienz der Verarbeitung und
Kommunikation von Inhalten virtueller Welten fiihren. Eine Grofle Herausforderung im
Bereich der Datenbrillen soll darauf abzielen, einschligige Komponenten mit extrem
niedrigem Stromverbrauch, wie Leistungselektronik, Sensoren, Kameras, Audiogerite, Laser,
Spezialbrillen, Displays, neuromorphe Chips oder KI-Chips, in funktionsfihige Prototypen
und Demonstratoren zu integrieren.

GroBe Herausforderungen konnen sich auch auf Marktziele beziehen, z.B. die
Produktionsiibergabe der Chips von 100 Start-ups ohne eigene Fertigungsanlagen, darunter
von 10 Einhérnern, bis 2035. Eine weitere Art GroBer Herausforderungen kann sich mit
Leitmérkten und der Ankurbelung der Nachfrage befassen, z. B. durch die Entwicklung von
Hardwareplattformen fiir die Automobilindustrie oder des vollstdndigen Stacks fiir KI-(Giga-
)Fabriken. Grofle Herausforderungen konnen auch neue Halbleiterproduktionstechnik
betreffen, z. B. mehr Recycling und die Forderung der Kreislauffahigkeit von Werkstoffen
oder die Entwicklung fortgeschrittener Technik zur Kiihlung von Halbleitern.

Die Industrialisierung neuer Technik soll ein wesentlicher Bestandteil der GrofBen
Herausforderungen sein.
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Anhang II — Vorrangige Bereiche fiir strategische Projekte

Technische Beschreibung moglicher vorrangiger Bereiche fiir strategische Projekte:
Tdtigkeitsbereich

1. Europiische Fertigung fortgeschrittener Halbleiter¢

Die Mallnahmen zur Schaffung einer nachhaltigen Nachfrage nach fortgeschrittenen
Halbleitern sollen durch den Aufbau eines europdischen Okosystems fiir fortgeschrittene
Technologien verstirkt werden. Die Souverédnitit und Versorgungssicherheit der EU im
Bereich der fortgeschrittenen Chipproduktion und Innovation sind von entscheidender
Bedeutung, um ein florierendes und wettbewerbsfiahiges Halbleiterokosystem in der EU zu
fordern, das zur Verringerung der Abhéngigkeit von auslédndischen Lieferketten beitrdgt. Dies
ist besonders wichtig, um der gestiegenen Nachfrage nach KI- und Cloud-Infrastrukturen
gerecht werden zu konnen. Dariiber hinaus sind fortgeschrittene Chips fiir strategische
Industriesektoren wie Verteidigung, Gesundheit, Weltraum, Robotik, Gesundheitswesen,
sichere Kommunikation, Drohnen und autonome Fahrzeuge unerldsslich. Sie sind zudem
kritische Inputs fiir neu entstehende hochwertige Bereiche wie Photonik und Quantenchips.

Ziel dieses strategischen Projekts ist die Errichtung einer Halbleiterfertigungsanlage in der
EU, in dem die Herstellung von Spitzenknotenchips mit Chiplet-Integration und 2,5D/3D-
Packaging kombiniert wird. Es baut auf einer soliden Forschungsgrundlage auf, die mit der
Initiative ,,Chips flir Europa® im Rahmen des Chip-Gesetzes validiert wurde. Die
Fertigungsanlage steht im Einklang mit den europdischen Werten und wahrt somit auch die
Garantien fiir die Vertraulichkeit, Integritit und Riickverfolgbarkeit von Chips, insbesondere
fiir sensible und strategische Anwendungen und Infrastrukturen. Europdische Unternehmen
konnten zur Schaffung von Nachfrage beitragen, indem sie Wachstumsanreize noch nicht aus
eigener Fertigung stammende Chips und fiir den KI-gestiitzten Systementwurf bieten. Je nach
gewahlter Option werden die 6ffentlichen und privaten Investitionen auf 20 bis 40 Mrd. EUR
geschitzt. Es konnten 3 bis 4 Mrd. EUR an 6ffentlichen und privaten Investitionen mobilisiert
werden, um das Wachstum von Chipentwurfsunternehmen ohne eigene Fertigungsanlagen in
der gesamten EU durch Mittel aus dem ndchsten MFR, von den Mitgliedstaaten sowie von
einschldgigen Industriezweigen und privaten Investoren zu fordern.

Dieses Projekt soll in enger Zusammenarbeit mit innereuropéischen und aullereuropdischen
Interessentrdgern, darunter vertrauenswiirdigen Technologie- und Fertigungspartnern,
entwickelt werden, und es soll den Aufbau von Spitzenkapazititen ermoglichen, die
strukturelle ~ Abhédngigkeiten von Lieferanten aus Drittlindern verringern, die
Versorgungssicherheit beispielsweise in den Bereichen KI, Verteidigung, Weltraum,
Gesundheitswesen, Telekommunikation und Automobilindustrie erhohen wund die
technologische Souverinitit der EU stérken.

Als erster Schritt konnte eine informelle Aufforderung zur Interessenbekundung verotfentlicht
werden. Im Anschluss an die Auswertung der eingegangenen Interessenbekundungen konnte
eine Aufforderung zur Einreichung von Vorschlidgen folgen.

2. KI-Chips und KI-Systeme fiir EU-Recheninfrastrukturen

In diesem Abschnitt wird eine mogliche Anwendung Artikels 19 weiter ausgefiihrt.
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Die Union ist derzeit auf KI-Chips und integrierte Systeme aus Drittstaaten angewiesen; dies
fihrt bei der Einfuhr kritischer KI-Technologien aus Drittstaaten zu erheblichen
Kapitalabfliissen. Zur Stiarkung der technologischen Souverdnitdt der Union miissen daher
wettbewerbsfahige heimische Kapazititen sowohl auf Chipebene als auch auf allen Ebenen
des Rechenstacks aufgebaut werden.

Ziel dieses strategischen Projekts ist es, auf der Grundlage fortgeschrittener europiischer
Technologien KI-Chips und Rechensysteme zu entwerfen, zu entwickeln, als Prototypen zu
erstellen und in die Produktion zu iibergeben (7ape-out). Der Entwurf von KI-Chips soll zur
Entwicklung von Demonstratoren und Prototypen fiihren, die in einer gemeinsamen
Testumgebung anhand klarer Vergleichswerte bewertet werden konnen. Es werden
Prototypen vollstindig integrierter KI-Racksysteme entwickelt, einschlieBlich KI-
Beschleunigern, Speichern mit hoher Bandbreite (HBM-Speichern), Leiterplatten,
Netzwerken mit extrem niedriger Latenz und vollstindigem Software-Stack, und fiir eine
vergleichende Bewertung der vereinbarten Arbeitsbelastung bereitgestellt. Prototypen von
Systemen auf Rack-Ebene werden in einer gemeinsamen EU-Testumgebung demonstriert.
Die abschlieBenden Tests und Bewertungen sollen anhand klar definierter zentraler
Leistungsindikatoren in gemeinsamen EU-Testumgebungen erfolgen, die von einer neutralen
Einrichtung betrieben werden.

Dieses strategische Projekt soll die Abhingigkeit von Lieferanten aus Drittlandern verringern
und die technologische Souverénitit entlang des gesamten KI-Stacks erh6hen. Es soll das EU-
Okosystem fiir den Entwurf, die Integration und Optimierung von Hochleistungs-KI-
Systemen stirken, indem FuE-Tétigkeiten, Datenverarbeitung und Tests in der Union
durchgefiihrt werden und dadurch Kompetenzen, Know-how und Lieferketten in Europa
verankert werden. Die Einflihrung der KI-Systeme soll eine zusitzliche Nachfrage schaffen,
um weitere Investitionen in die Fertigung in Europa zu rechtfertigen.

Als erster Schritt kdnnte eine informelle Aufforderung zur Interessenbekundung ver6ffentlicht
werden. Im Anschluss an die Auswertung der eingegangenen Interessenbekundungen konnte
eine Aufforderung zur Einreichung von Vorschldgen folgen.

3. Fahrzeug-Anwendungsprozessoren fiir autonomes Fahren

Die Automobilindustrie befindet sich derzeit in einem grundlegenden Wandel, der in erster
Linie durch das Aufkommen elektrischer, vernetzter und autonomer Fahrzeuge
vorangetrieben wird. Dieser Wandel erfordert eine stirker zentralisierte, integrierte und
flexiblere elektrische/elektronische (E/E-)Architektur, um dem hohen Rechenbedarf
autonomer Fahrsysteme gerecht zu werden, eine reibungslose Fahrzeugkonnektivitit zu
gewihrleisten, das Energiemanagement von Elektrofahrzeugen zu unterstiitzen und neue
Mobilitdtsdienste zu ermdglichen. Derzeit sind die europdischen Originalgeritehersteller
(OEMs) der Automobilindustrie hinsichtlich der Anwendungsprozessoren fiir das autonome
Fahren auf auBereuropdische Lieferanten angewiesen, wodurch Abhéngigkeiten, potenziell
ausnutzbare Schwachstellen sowie mogliche Sicherheitsrisiken entstehen.

Ziel dieses  strategischen  Projekts ist es, RISC-V-basierte = Hochleistungs-
Anwendungsprozessoren flir Fahrzeuge zu entwerfen, zu entwickeln, als Prototypen zu
erstellen und in die Produktion zu iibergeben (7ape-out). Diese Prozessoren sollen
fortgeschrittene  Rechnerarchitektur-Techniken, = Mehrkern-Konfigurationen und die
Unterstiitzung von Speicherschnittstellen mit hoher Bandbreite umfassen, die den komplexen
Rechenanforderungen der Systeme fiir autonomes Fahren gerecht werden. Dariiber hinaus
sollen KI- und ML-Beschleuniger mit speziellen Erweiterungen der Befehlssatzarchitektur
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(Instruction Set Architecture, ISA) fiir effiziente datenintensive Berechnungen entwickelt
werden. Diese Beschleuniger werden fiir die Anwendung in Fahrzeugen optimiert und
unterstiitzen fortgeschrittene KI-Modelle, deren Schwerpunkt auf Energieeffizienz,
verringerter Latenz und Echtzeitverarbeitung liegt. Das Endergebnis soll dabei die Chip-
Produktionsiibergabe im industriellen Maf3stab sein, wobei ein wettbewerbsfahiger RISC-V-
Anwendungsprozessor zusammen mit Speicher, Beschleunigern und weiteren relevanten IP-
Blocken unter Nutzung fortschrittlicher Packaging-Technologien integriert wird. Die
Hardwareentwicklung wird durch ein ausgereiftes Toolset unterstiitzt. Automobilhersteller
sollen die Entwicklungsergebnisse in einer Betriebsumgebung als qualifizierte Gerite
einsetzen konnen.

Das strategische Projekt soll dem Aspekt der technologischen Souverénitidt Europas in Bezug
auf KI-Prozessoren und -Beschleuniger in der Automobilindustrie Rechnung tragen. Dadurch
soll die Abhédngigkeit europdischer Originalgerdtehersteller der Automobilindustrie von
ausliandischen Lieferanten verringert werden. Die Einfilhrung der Anwendungsprozessoren
und Beschleuniger soll eine zusitzliche Nachfrage schaffen, um weitere Investitionen in die
Fertigung in Europa zu rechtfertigen.

Als erster Schritt konnte eine informelle Aufforderung zur Interessenbekundung verdffentlicht
werden. Im Anschluss an die Auswertung der eingegangenen Interessenbekundungen konnte
eine Aufforderung zur Einreichung von Vorschliagen folgen.

4. Europiische Speicherchipfertigungsanlange

Speicherchips wie DRAM, NAND und neu entstehende nichtfliichtige Speicher sind
wesentliche Komponenten, die in Rechenzentren, KI-Systemen, in Automobilelektronik,
Telekommunikationsausriistung, industrieller Automatisierung und
Verteidigungsanwendungen benétigt werden. Derzeit konzentriert sich der globale
Speichermarkt weitgehend auf Asien (Siidkorea, Taiwan, China) sowie die Vereinigten
Staaten. Der EU fehlen eigene Speicherfertigungskapazititen, wodurch kritische europédische
Lieferketten in hohem Mafle anfillig fiir geopolitische Schocks, Handelskonflikte und
Naturkatastrophen sind. Diese Abhédngigkeit ist 2026 in kritischer Weise zutage getreten, da
die steigende Nachfrage nach KI-fahigen Speicherchips mit hoher Bandbreite (High-
bandwidth Memory, HBM) die Hersteller dazu veranlasst hat, Fertigungskapazititen von
Standard-DRAM und NAND umzuverteilen, was zu Preissteigerungen in einigen
Marktsegmenten und infolge von Kontingentierungen zu gravierenden Lieferengpédssen fiir
die  europdische Industrie  gefiihrt hat. Das  Fehlen einer europiischen
Speicherfertigungsanlage stellt daher eine strategische Schwachstelle fiir die digitale
Souverénitit, die wirtschaftliche Resilienz und die Verteidigungsbereitschaft der EU dar. Ein
strategisches Projekt fiir eine europdische Speicherfertigungsanlage wére nicht nur
erforderlich, um die Versorgung wichtiger Industriezweige zu sichern, sondern auch, um
fortgeschrittenes Fertigungs-Know-how in Europa zu verankern, Innovationen entlang der
gesamten Halbleiterwertschopfungskette zu fordern und die libergeordneten Ziele der EU in
den Bereichen Industrie, Digitales und wirtschaftliche Sicherheit zu unterstiitzen.

Das strategische Projekt fiir den Aufbau europidischer Speicherfertigungsanlagen erfordert
einen Konsortialansatz, bei dem oOffentliche Mittel der EU und der teilnehmenden
Mitgliedstaaten mit erheblichen privaten Investitionen kombiniert werden, die angesichts der
Kapitalintensitdt moderner Speicherfertigungsanlagen zwischen 15 und 30 Mrd. EUR liegen
diirften. Zur Schaffung einer differenzierten Marktposition konnte ein europdisch gefiihrtes
Gemeinschaftsunternehmen in Betracht gezogen werden, das sich beispielsweise auf
eingebettete Speicher, Speicher mit niedrigem Stromverbrauch oder neu entstehende
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Speichertechnologien fiir KI- und Edge-Computing-Anwendungen konzentriert. Dabei konnte
schrittweise vorgegangen werden, um die Risiken zu verringern und die erforderlichen
Féahigkeiten schrittweise aufzubauen, etwa beginnend mit einer Pilot-/FuE-Anlage, gefolgt
von einer Skalierung bis zur Produktion im gro3en Maf3stab.

Eine Aufforderung zur Interessenbekundung konnte ausgearbeitet werden, um industrielle
Partner, Technologieanbieter und an einer Aufnahme interessierte Mitgliedstaaten zu finden,
die bereit sind, sich an dieser strategischen Initiative zu beteiligen.

5. Entwurf modernster Chips

Der Bau von Fertigungsanlagen ist zwar unerlésslich, ein erheblicher Teil des wirtschaftlichen
Mehrwerts, der Gewinnmargen und der technologischen Kontrolle in der Halbleiterlieferkette
entfillt jedoch auf Chipentwurf, Architektur und geistiges Eigentum. Europa verfiigt iiber
bedeutende Stirken in den Bereichen Forschung, Halbleiter fiir die Automobilindustrie und
Halbleiterausriistungen; beim Entwurf fortgeschrittenster Logikchips im groBen Mafstab,
insbesondere auf der Grundlage modernster Architekturen und Prozessknoten, ist es jedoch
vergleichsweise schwach aufgestellt. Infolgedessen ist die EU bei fortgeschrittenen Rechen-
und KI-Fihigkeiten in hohem Mafle auf auBereuropdische Unternehmen angewiesen. Ohne
eigene Kapazititen fiir einen hochmodernen Chipentwurf lduft Europa Gefahr, von
ausldandischen Architekturen abhédngig zu bleiben, sodass kritische Infrastrukturen, der
Verteidigungssektor und  Kl-bezogene Industriezweige  weiterhin  geopolitischen
Beschrinkungen, Lieferabhdngigkeiten und Anbieterbindungen ausgesetzt sind. Eine
Starkung der Chipentwurfsfahigkeiten wiirde es der EU nicht nur ermoglichen, selbst einen
grofBeren Anteil der Wertschopfung innerhalb der Halbleiterwertschopfungskette zu erzielen,
sondern auch europdische Prioritditen wie Sicherheit, Datenschutz, Resilienz und
Energieeffizienz unmittelbar in fortgeschrittene Hardware zu integrieren.

Mit einem strategischen Projekt fiir den Entwurf modernster Chips sollen souverine
Féahigkeiten von Weltrang innerhalb der EU fiir den Entwurf modernster Logikchips
geschaffen werden. Der Schwerpunkt soll dabei mehr auf geistigem Eigentum, Architektur
und Uberpriifung als auf der eigentlichen Fertigung liegen. Zu den Schwerpunktbereichen
konnten gehoren:

J Fortgeschrittene KI-Beschleuniger fiir Cloud-, Edge- und industrielle Anwendungen
(auch fiir Geomodellierung und digitale Zwillinge)

o Hochleistungsprozessoren fiir Hochleistungsrechnen und Rechenzentren

o Konzeptionsintegrierte Sicherheit fiir Chips (Secure-by-design-Chips) in den
Bereichen kritische Infrastrukturen, Verteidigung, Luftfahrt und Weltraum

o Bereichsspezifische Prozessoren fiir autonome Fahrzeuge, Robotik und industrielle
Automatisierung

o Anwendungsspezifische integrierte Schaltungen (ASIC) und Ein-Chip-Systeme
(SoC) fiir die 5G/6G-Telekommunikation

o RISC-V-Prozessoren mit offener Architektur fiir Spitzenknoten

o Fortgeschrittene Chiplet-Plattformen fiir die 2,5D/3D-Integration in Automobil-,

Luftfahrt-, Weltraum- und Telekommunikationsanwendungen

Die Umsetzung kann in Form einer grofl angelegten oOffentlich-privaten Partnerschaft
erfolgen, in deren Rahmen Mittel in Hohe von insgesamt 8 bis 12 Mrd. EUR von der EU, den
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Mitgliedstaaten und dem Privatsektor mobilisiert werden, die in Konsortien organisiert
werden, deren Schwerpunkt auf Halbleiterherstellern ohne eigene Fertigungsanlagen liegt und
an denen ASIC-Entwurfshéuser, Anbieter elektronischer
Entwurfsautomatisierungswerkzeuge, Anbieter geistigen Eigentums, Forschungsinstitute und
Endanwenderbranchen (Originalgerdtehersteller der Automobil- und Luftfahrtindustrie,
Telekommunikationsbetreiber und filhrende Verteidigungsunternehmen) beteiligt sind. Die
Investitionen  sollen  Chip-Architektur- und  -Entwurfsteams, fortgeschrittene
Entwurfswerkzeuge und IP-Bibliotheken, Prototypentwicklung, Uberpriifung, Software-
Stacks und Industrialisierung abdecken. Das Projekt soll durch Partnerschaften mit fithrenden
Fertigungsbetrieben oder europdischen Pilotanlagen (mindestens 2 nm-Technik) einen
garantierten Zugang zur fortgeschrittenen Fertigung erhalten. Ein schrittweises Vorgehen
konnte mit der Erfassung bestehender Fihigkeiten und der Auswahl von Zielanwendungen
beginnen, gefolgt von Entwurfs- und Validierungsprogrammen, Pilot-Produktionsiibergaben,
Entwicklung von Okosystemen und kommerzieller Einfiihrung sowie gezielten MaBnahmen
zur Ausbildung von Fachkréften und zur Gewinnung von erstklassigen Ingenieuren.

Im Rahmen einer Aufforderung zur Interessenbekundung konnten Industriekonsortien
aufgefordert werden, Vorschldge fiir Projekte zum Entwurf modernster Chips mit klarer
strategischer Bedeutung einzureichen, wobei die Antragsteller den Zielanwendungsbereich,
die erwartete technologische Differenzierung, die erforderlichen Investitionen, den Zugang zu
Entwurfs- und Fertigungsinfrastrukturen, den Zeitplan fiir Prototypenerstellung und
Vermarktung sowie den Beitrag zur Resilienz und Wettbewerbsfahigkeit Europas darlegen
sollten.

6. Stirkung zentraler Segmente der Wertschopfungskette

Die Union hat eine Reihe von Schwachstellen entlang der Halbleiterwertschopfungskette.
Viele dieser Schwachstellen sind bereits bekannt, wie z. B. die oben bereits erwihnten,
wiéhrend andere weniger offensichtlich sind und/oder als weniger wichtig eingestuft werden.
Letztere konnen jedoch infolge bestimmter Ereignisse zutage treten, wodurch ihre
tatsdchlichen Auswirkungen und die bestehenden Abhéngigkeiten sichtbar werden, wie der
Fall Nexperia gezeigt hat (siche Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen).

Es wird weder moglich noch zweckmifig sein, simtliche potenziellen Schwachstellen entlang
der Halbleiterwertschopfungskette Rechnung zu beheben. Die Union sollte jedoch die
Moglichkeit haben, manche Schwachstellen zu verringern und zentrale Bereiche der
Wertschopfungskette zu stirken, insbesondere wenn Storungen bestehende Abhéngigkeiten
sichtbar gemacht haben oder das Risiko solcher Storungen fortbesteht.

Diese Art strategischer Projekte zielt darauf ab, einen bestimmten zentralen Bereich der
Halbleiterwertschopfungskette zu stirken. Solche Mallnahmen sind nicht auf die
fortgeschrittensten Teile der Wertschopfungskette beschriankt und konnen beispielsweise die
Produktion von handelsiiblichen Chips, Back-End-Prozesse, die Montage von Leiterplatten
sowie Werkstoffe und Ausriistungen betreffen. Ein Beispiel fiir ein mogliches strategisches
Projekt konnte die Einrichtung einer OSAT’-Anlage sein, die iiberwiegend den Bedarf
europdischer Anwenderbranchen deckt. Ein weiteres Beispiel wire der Aufbau einer Anlage
fiir fortgeschrittenes Packaging, die (neue) Front-End-Fertigungsanlagen ergidnzt. Die
Hauptbeteiligten an strategischen Projekten sollen Unternehmen mit Sitz in der Union sein,

7 Bei OSAT-Unternehmen (Outsourced Semiconductor Assembly and Test, d.h. Auslagerung der

Halbleitermontage und -priifung) sind spezialisierte externe Dienstleister, die die abschlieBenden, fiir
die Chipherstellung entscheidenden Arbeitsschritte iibernehmen, d.h. auf das Packaging von
Halbleiterchips und auf das Testen ihrer Funktionalitit vor der Auslieferung an die Kunden.
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und die wichtigsten Investitionen sollen in der Regel, wenn auch nicht zwingend, in der
Union getétigt werden.

Gegenstand dieser Art strategischer Projekte sollen vermutete und nachgewiesene
Schwachstellen entlang der Halbleiterwertschopfungskette sein. Durch gezielte Mafinahmen
zur Stirkung zentraler Segmente der Wertschopfungskette sollen die technologische
Souverdnitit Europas gestdrkt und die Abhdngigkeiten von auBereuropidischen Akteuren
verringert werden.

Der Europdische Halbleiterausschuss soll eine zentrale Rolle bei der Festlegung der Teile der
Wertschopfungskette spielen, die gestidrkt werden miissen. Als nédchster Schritt konnte eine
informelle Aufforderung zur Interessenbekundung veréffentlicht werden. Im Anschluss an die
Auswertung der eingegangenen Interessenbekundungen konnte eine Aufforderung zur
Einreichung von Vorschlidgen folgen.
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ANHANG III — Messbare Indikatoren fiir die Uberwachung der Durchfiihrung und die
Berichterstattung iiber die Fortschritte bei der Verwirklichung der Ziele dieser

Verordnung

Die Kommission ist fiir die regelmiBige Uberwachung der Durchfiihrung dieser Verordnung
verantwortlich und kann sich dabei womdglich auf externe Studien sowie auf Daten der
Mitgliedstaaten und Marktdaten stiitzen. Die Kommission soll eine umfassende Bewertung
der Wirksamkeit, Effizienz, Kohédrenz, VerhiltnisméaBigkeit und Subsidiaritit dieser
Verordnung durchfithren. Dem Europédischen Parlament, dem Rat, dem Europdischen
Wirtschafts- und Sozialausschuss und dem Ausschuss der Regionen wird gemél Artikel 60
dieser Verordnung ein Bewertungsbericht mit den wichtigsten Ergebnissen vorgelegt. Die
Kommission kann diesem Bericht gegebenenfalls Vorschlige zur Verbesserung oder
Anpassung der Verordnung beifiigen.

Die Kommission wird in enger Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten die Umsetzung und
Anwendung der Rechtsvorschriften regelméBig iiberwachen und dabei besonders auf die
Wirksamkeit der erlassenen MaBnahmen achten. Die Uberwachungstitigkeiten werden sich
auf quantitative und qualitative Indikatoren auf der Grundlage von Daten stiitzen, die von
Interessentrdgern der gesamten Halbleiterwertschopfungskette, den Mitgliedstaaten und den
einschldgigen Einrichtungen der Union bereitgestellt werden.

Die messbaren Indikatoren bauen auf den beiden allgemeinen Zielen dieser Verordnung auf.

Allgemeine Uberwachungsindikatoren:

° Gesamte Zufliisse ausldndischer Direktinvestitionen (ADI) mit Halbleiterbezug in
die Union,
° Qualifizierte Arbeitskrifte im Halbleiter- und Photonikbereich, einschlielich der im

Rahmen der Initiativen der nationalen Chip-Kompetenzzentren ausgebildeten oder
umgeschulten Arbeitskrifte,

° Offentliche Unterstiitzung fiir Start-ups und Scale-ups und
° Ausweitung der Finanzierung iiber privates Beteiligungskapital und Risikokapital.

Spezifische Uberwachungsindikatoren:

Erste spezifische —Uberwachungsindikatoren fiir die Steigerung der Kapazitit,
Versorgungssicherheit und Wettbewerbsfahigkeit der Halbleiterindustrie der EU entlang der
gesamten Wertschopfungskette, einschlieBlich modernster KI-Chips:

o Anteil der Union am globalen Halbleitermarktvolumen (in EUR) in den
verschiedenen Bereichen der Wertschopfungskette:

o Entwurf, geistiges Eigentum und EDA,
o Fertigung,

o Herstellung von Ausriistungen,

o OSAT (Packaging),

° Werkstoffe/Gase,

° Fihrende Unternehmen aus der Union in den einzelnen Bereichen der
Wertschopfungskette,
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o Installierte Waferherstellungskapazitit in der Union (wpm).

Zweiter spezifischer Uberwachungsindikator fiir die Entwicklung eines starken
Anwendermarkts fiir alle wichtigen Industriezweige: Chipverbrauch nach Schliisselsektoren
(Automobilindustrie, Energie, Gesundheit, Verteidigung, Telekommunikation,
KI/Rechenzentren/Cloud) (in EUR).

Dritter spezifischer Uberwachungsindikator fiir den Ausbau der nachrichtendienstlichen
Kapazititen fiir die Krisenvorsorge und Krisenreaktion: Abdeckung (in %) der
Halbleiterwertschopfungskette der Union, die von der Unternehmensplattform fiir die
Halbleiterlieferkette tiberwacht wird.
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ANHANG IV — Synergien dieser Verordnung mit anderen Programmen

Synergien zwischen der Initiative ,,Chips fiir Europa 2.0 und den spezifischen
Zielen 1 bis 5 des Programms ,,Digitales Europa“ sollen sicherstellen, dass

a)

b)

der angestrebte thematische Schwerpunkt der Initiative ,,Chips fiir Europa 2.0*
auf Halbleiter- und Quantentechnologien komplementir ist;

die spezifischen Ziele 1 bis 5 des Programms ,,Digitales Europa* den Aufbau
digitaler Kapazititen im Bereich fortschrittlicher digitaler Technologien,
einschlielich ~ Hochleistungsrechnen, kiinstlicher  Intelligenz  und
Cybersicherheit unterstiitzen, und dass sie auch fortgeschrittene digitale
Fertigkeiten unterstiitzen;

die Initiative ,,Chips fiir Europa 2.0 in den Kapazitatsaufbau investieren wird,
um fortschrittliches Entwurfs-, Produktions- und Systemintegrationsvermégen
in Bezug auf hochmoderne Halbleitertechnologien, Halbleitertechnologien der
ndchsten Generation und Quantentechnologien der néchsten Generation fiir die
innovative Unternehmensentwicklung zu stirken, damit die Halbleiterliefer-
und -Wertschopfungsketten in der Union verbessert, wichtige Industriesektoren
unterstiitzt und neue Mérkte geschaffen werden.

Synergien mit Horizont Europa miissen Folgendes sicherstellen:

a)

b)

Auch wenn sich bestimmte thematische Bereiche der Initiative ,,Chips fiir
Europa 2.0“ und von Horizont Europa {iberschneiden, unterscheiden und
erginzen sich die Art der zu unterstiitzenden MaBnahmen, die jeweils
erwarteten Ergebnisse sowie die jeweilige Interventionslogik;

Horizont Europa bietet umfangreiche Unterstiitzung fiir Forschung,
technologische Entwicklung, Demonstrationsprojekte, Pilotprojekte,
Konzeptnachweise, Tests und Prototypentwicklung, einschlieBlich der
vorkommerziellen  Einfiihrung  innovativer  digitaler =~ Technologien,
insbesondere durch

1) ein eigenes Budget fiir den Cluster ,Digitalisierung, Industrie und
Weltraum®“ im Rahmen der Séule ,,Globale Herausforderungen und
industrielle ~ Wettbewerbsfahigkeit  Europas®“ zur  Entwicklung
grundlegender Technologien (KI und Robotik, Internet der nichsten
Generation,  Hochleistungsrechnen und  Big  Data, digitale
Schliisseltechnologien (einschlieBlich Mikroelektronik), Kombination
digitaler und anderer Technologien),

ii) die Forderung von Forschungsinfrastrukturen im Rahmen der Siule
., Wissenschaftsexzellenz®,

iii) die Integration digitaler Technologien in allen ,,Globalen
Herausforderungen® (Gesundheit, Sicherheit, Energie und Mobilitét,
Klima usw.) und

iv)  Unterstiitzung flir bahnbrechende Innovationen durch Scale-ups (von
denen viele digitale und andere Technologien kombinieren werden) im
Rahmen der Saule ,,Innovatives Europa®.

die Initiative ,,Chips fiir Europa 2.0“ konzentriert sich ausschlieflich auf den
Aufbau groB3flichiger Kapazititen im Bereich der Halbleiter- und
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3)

d)

2

Quantentechnologien in der gesamten Union. Sie wird in Folgendes
investieren:

1) die Forderung von Innovation durch die Unterstiitzung zweier eng
miteinander verkniipfter technologischer Kapazititen, die den Entwurf
neuartiger Systemkonzepte und deren Priifung und Validierung in
Pilotanlagen ermdglichen,

i1)  die gezielte Unterstiitzung fiir den Aufbau von Schulungskapazititen und
die Verbesserung angewandter fortgeschrittener digitaler Kompetenzen
und Fertigkeiten, um die Entwicklung und Einfithrung von Halbleitern
durch technologische Entwicklung und Endanwenderbranchen zu
unterstiitzen, und

iil) ein Netz nationaler Kompetenzzentren, die Expertise und
Innovationsdienste fiir Endanwendergemeinschaften und -industrien
bereitstellen und den Zugang dazu erleichtern, um neue Produkte und
Anwendungen zu entwickeln und Marktversagen zu beheben.

die technologischen Kapazititen der Initiative ,,Chips fiir Europa 2.0“ werden
der Forschungs- und Innovationsgemeinschaft zur Verfligung gestellt werden,
auch fiir Maflnahmen, die im Rahmen von Horizont Europa unterstiitzt werden;

sobald die im Rahmen von Horizont Europa entwickelten neuartigen digitalen
Technologien im Halbleiterbereich zur Reife kommen, werden diese
Technologien soweit moglich schrittweise mithilfe der Initiative ,,Chips fiir
Europa 2.0 aufgegriffen und eingefiihrt werden,;

Die im Rahmen von Horizont Europa (Verordnung (EU)2021/695)
aufgestellten Programme zur Entwicklung von Lehrplénen fiir Fertigkeiten und
Kompetenzen, darunter solche, die von den Kolokationszentren der Wissens-
und Innovationsgemeinschaften des FEuropdischen Innovations- und
Technologieinstituts durchgefiihrt werden, werden durch Kapazititsaufbau in
Bezug auf angewandte fortgeschrittene digitale Fertigkeiten im Bereich der
Halbleiter- und Quantentechnologien ergénzt, die im Rahmen der Initiative
,,Chips fiir Europa 2.0* unterstiitzt werden;

es werden starke Koordinierungsmechanismen fiir die Planung und
Durchfiihrung eingerichtet, sodass alle Verfahren fiir Horizont Europa wie fiir
die Initiative ,,Chips fiir Europa 2.0 so weit wie moglich aufeinander
abgestimmt werden; alle betreffenden Kommissionsdienststellen werden in
ihre Governance-Strukturen einbezogen sein.

Synergien mit der vorgeschlagenen Verordnung zur Cloud- und KI-Entwicklung
(CADA) tragen zu einem kohidrenten Ansatz zur Stirkung der technologischen
Souverénitit der Union bei, indem sowohl dem Angebot an als auch der Nachfrage
nach fortgeschrittener Halbleitertechnik Rechnung getragen werden, insbesondere
durch:

a)

Nutzbarmachung der durch die Cloud- und KI-Entwicklung entstehenden
Nachfrage nach Halbleitern: Mit dieser Verordnung wird die Féhigkeit der
Union gestirkt, der durch den Ausbau der Cloud- und KlI-Infrastrukturen,
einschlieBlich Rechenzentren und grofer Rechenanlagen, entstehenden
Nachfrage nach hochleistungsfahigen und energieeffizienten Halbleitern
gerecht zu werden;
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b)  Unterstiitzung der Einfilhrung von Kl-Fabriken und KI-Gigafabriken: Diese
Verordnung fordert die Verfligbarkeit fortgeschrittener und spezialisierter
Halbleiter, die fiir Hochleistungsrechnen und Anwendungen der kiinstlichen
Intelligenz erforderlich sind, um so die Einfiihrung und den Ausbau von KI-
Fabriken und KI-Gigafabriken in der Union zu ermdglichen und zur
Entwicklung von KI im industriellen Mafstab und zu wissenschaftlichen
Féhigkeiten beizutragen;

c)  Forderung sicherer und resilienter digitaler Infrastrukturen: Diese Verordnung
soll dazu beitragen, die Verfiigbarkeit der Komponenten sicherzustellen, die
fiir die Entwicklung vertrauenswiirdiger und souverdner Cloud- und KI-
Umgebungen fiir kritische Anwendungstille erforderlich sind, und die Nutzung
sicherer und zuverldssiger Hardwarekomponenten durch die Stirkung der
Resilienz und Sicherheit der Halbleiterwertschopfungsketten zu fordern;

d)  Unterstiitzung des Aufbaus digitaler Infrastrukturen auf der Grundlage der
technischen  Féhigkeiten der Union sowie Verringerung externer
Abhingigkeiten;

e) Beitrag zu den Nachhaltigkeitszielen fiir den Ausbau der digitalen
Infrastruktur: Diese Verordnung unterstiitzt die Entwicklung und Herstellung
ressourcen- und energieeffizienter Halbleiter, um dem zunehmenden Einsatz
von Rechenzentren und Cloud-Infrastrukturen Rechnung zu tragen, der
voraussichtlich zu einer steigenden Nachfrage nach energieeffizienten digitalen
Technologien fiihren wird.

Synergien mit Unionsprogrammen mit geteilter Mittelverwaltung, einschlieBlich des
Europiischen Fonds fiir regionale Entwicklung, des Europiischen Sozialfonds+,
des Europiischen Landwirtschaftsfonds fiir die Entwicklung des lidndlichen
Raums und des Europidischen Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds,
gewihrleisten die Entwicklung und Stiarkung regionaler und lokaler
Innovationsdkosysteme, den industriellen Wandel sowie den digitalen Wandel der
Gesellschaft und der offentlichen Verwaltungen. Das umfasst die Unterstiitzung des
digitalen Wandels der Industrie und der Verbreitung von Ergebnissen sowie die
Einfiihrung neuartiger Technologien und innovativer Losungen. Die Initiative ,,Chips
fiir Europa 2.0* wird die transnationale Vernetzung und Kartierung von Kapazititen
ergdnzen und unterstiitzen und sie KMU und Endanwenderbranchen in allen
Regionen der Union zugdnglich machen.

Synergien mit der Fazilitit ,,Connecting Europe“ miissen Folgendes sicherstellen:

a) Der Schwerpunkt der Initiative ,,Chips fiir Europa2.0“ liegt auf dem
grofflichigen Aufbau digitaler Kapazititen und Infrastrukturen im
Halbleiterbereich; sie zielt dabei auf eine breite unionsweite Aufnahme und
Einfiihrung entscheidender bestehender oder getesteter innovativer digitaler
Losungen innerhalb eines Unionsrahmens in Bereichen von o&ffentlichem
Interesse oder von Marktversagen ab. Die Initiative ,,Chips fiir Europa 2.0* soll
hauptsidchlich durch koordinierte und strategische Investitionen mit den
Mitgliedstaaten in den Aufbau digitaler Kapazitdten fiir Halbleitertechnik, die
unionsweit gemeinsam genutzt werden sollen, und in unionsweite Mallnahmen
umgesetzt werden. Dies ist besonders wichtig fiir die Elektrifizierung und
autonomes Fahren und zielt darauf ab, die Entwicklung wettbewerbsfahigerer
Endanwenderbranchen, insbesondere in den Sektoren Mobilitdt und Verkehr,
zu begiinstigen und zu erleichtern;
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b)

c)

die Kapazititen und Infrastrukturen der Initiative ,,Chips fiir Europa 2.0* sind
fiir die Priifung innovativer neuer Technologien und Losungen zur Verfiigung
zu stellen, die in den Sektoren Mobilitdt und Verkehr genutzt werden kdnnen.
Die Fazilitidt ,,Connecting Europe® soll die Verbreitung und Einfiihrung
innovativer neuer Technologien und Losungen im Bereich Mobilitit und
Verkehr sowie in anderen Bereichen unterstiitzen;

es sind Koordinierungsmechanismen zu schaffen, insbesondere durch
geeignete Verwaltungsstrukturen.

Synergien mit dem Programm ,,InvestEU“ miissen Folgendes sicherstellen:

a)

b)

Im Rahmen der Verordnung (EU)2021/523 ist eine Unterstiitzung durch
marktgestiitzte Finanzierung vorgesehen, auch zur Verfolgung der politischen
Ziele der Initiative ,,Chips fiir Europa2.0“; eine solche marktgestiitzte
Finanzierung konnte mit der Gewdhrung von Finanzhilfen kombiniert werden;

eine Mischfinanzierungsfazilitit im Rahmen des Fonds ,,InvestEU* wird durch
Mittel aus dem Programm ,Horizont Europa®“ oder dem Programm
,Digitales Europa® in Form von Finanzierungsinstrumenten im Rahmen von
MischfinanzierungsmalBBnahmen unterstiitzt.

Synergien mit Erasmus+ miissen Folgendes sicherstellen:

a)

b)

Die Initiative ,,Chips fiir Europa 2.0° unterstiitzt die Entwicklung und den
Erwerb fortgeschrittener digitaler Kompetenzen, die fiir die Entwicklung und
Einfiihrung hochmoderner Halbleitertechnik in Zusammenarbeit mit den
einschligigen Industrien erforderlich sind;

der den fortgeschrittenen Kompetenzen gewidmete Teil von Erasmus+ ergédnzt
die Interventionen im Rahmen der Initiative ,,Chips fiir Europa 2.0, indem der
Kompetenzerwerb in allen Bereichen und auf allen Ebenen durch
Mobilitatserfahrungen bereichert wird.

Synergien mit anderen Programmen und Initiativen der Union zu Kompetenzen
und Qualifikationen miissen sichergestellt werden.

Synergien mit den Rechtsvorschriften der Union zur Cybersicherheit miissen
Folgendes sicherstellen:

a)

b)

Investitionen, die im Rahmen der Initiative ,,Chips fiir Europa 2.0* unterstiitzt
werden, tragen zur Stirkung der Sicherheit und Resilienz der
Halbleiterlieferketten in der Union bei;

die Initiative ,,Chips fiir Europa 2.0“ erginzt die Ziele der
Cyberresilienzverordnung und der Cybersicherheitsverordnung, indem sie die
Entwicklung und Einfithrung vertrauenswiirdiger Halbleitertechnik fordert;

die Koordinierung mit der Umsetzung der Richtlinie (EU)2022/2555
(Richtlinie iiber Netz- und Informationssicherheit, NIS2) wird gewihrleistet,
gegebenenfalls auch durch die Forderung vertrauenswiirdiger Chips in
kritischen Sektoren.

Synergien mit wichtigen Vorhaben von gemeinsamem europiischem Interesse
(IPCEI) und den einschligigen Rahmen fiir staatliche Beihilfen miissen
Folgendes sicherstellen:
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Die im Rahmen der Initiative ,,Chips fiir Europa 2.0“ unterstiitzten
MaBnahmen stehen weiterhin im Einklang mit den bestehenden Beihilfe- und
Wettbewerbsvorschriften, einschliefSlich des FEI-Rahmens und der IPCEI-
Mitteilung;

IPCEIs, einschlieBlich des IPCEI-Kandidaten fiir  fortgeschrittene
Halbleitertechnik (Advanced Semiconductor Technologies, AST), konnen dazu
beitragen, Forschungs- und Innovationstitigkeiten mit der industriellen
Einfiihrung und Herstellungskapazititen zu verbinden und so die Verfolgung
der Ziele der Initiative ,,Chips fiir Europa 2.0 zu ergidnzen,;

mit der Initiative ,,Chips fiir Europa 2.0“ werden Liicken hinsichtlich
ergédnzender Investitionen zur Unterstiitzung neuartiger
Halbleiterfertigungsanlagen und damit verbundener technischer Kapazititen
geschlossen.

Synergien mit den nationalen Strategien, Fahrplinen und Investitionspléinen im
Halbleiterbereich miissen Folgendes sicherstellen:

a)

b)

Die nationalen Strategien und Investitionspline der Mitgliedstaaten im
Halbleiterbereich sind auf die Ziele der Initiative ,,Chips fiir Europa 2.0%
abgestimmt;

nationale Investitionen und Investitionen der Union tragen zur Stirkung
regionaler und grenziiberschreitender Halbleiterokosysteme in der gesamten
Union bei;

Koordinierungsmechanismen unterstiitzen die Erfassung der
Halbleiterkapazititen und erleichtern die Zusammenarbeit zwischen den
Mitgliedstaaten, um die Resilienz der Halbleiterwertschopfungsketten der
Union zu stirken und unnétige Doppelinvestitionen zu vermeiden.
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ANHANG V — Kritische Sektoren

Energie

Verkehr

Banken
Finanzmarktinfrastruktur
Gesundheit

Trinkwasser

Abwasser

Digitale Infrastruktur
Offentliche Verwaltung
Weltraum

Produktion, Verarbeitung und Vertrieb von Lebensmitteln
Verteidigung

Sicherheit
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ANHANG VI — Industriezweige, in denen Halbleiter verwendet werden

Automobilindustrie

Rechenzentren, Cloud und KI

Industrielle Automatisierung und Robotik

Luftfahrt

Weltraum, Verteidigung und Sicherheit

Infrastrukturen fiir die elektronische Kommunikation

Rechner in anspruchsvollen Industrieumgebungen und Internet der Dinge
Gesundheitswesen und medizinische Gerite

Anbieter von Fertigungsdienstleistungen im Elektronikbereich und Handler

(10) Systeme fiir erneuerbare und COz-arme Energie
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ANHANG VII — Entsprechungstabelle

Verordnung (EU) 2023/1781

Vorliegende Verordnung

Artikel 1 Artikel 1
Artikel 2 Artikel 2
Artikel 3 Artikel 3
Artikel 4 Artikel 4
Artikel 5 Artikel 5
Artikel 6 Artikel 11
Artikel 7 -

Artikel 8 -

Artikel 9 -

Artikel 10 -

Artikel 11 Artikel 6
Artikel 12 Artikel 12
Artikel 13 bis 14 Artikel 14
Artikel 15 Artikel 15
Artikel 16 Artikel 13
Artikel 17 -

Artikel 18 Artikel 21
Artikel 19 Artikel 33
Artikel 20 Artikel 35
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Artikel 21 Artikel 36
Artikel 22 Artikel 37
Artikel 23 Artikel 39
Artikel 24 Artikel 40
Artikel 25 Artikel 41
Artikel 26 Artikel 42
Artikel 27 Artikel 43
Artikel 28 Artikel 44
Artikel 29 Artikel 45
Artikel 30 Artikel 46
Artikel 31 Artikel 48
Artikel 32 Artikel 50
Artikel 33 Artikel 51
Artikel 34 Artikel 52
Artikel 35 Artikel 53
Artikel 36 Artikel 54
Artikel 37 Artikel 55
Artikel 38 Artikel 56
Artikel 39 -

Artikel 40 Artikel 57
Artikel 41 Artikel 60
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